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Informacje prawne

Informacje prawne

Oswiadczenie dotyczace przeznaczenia

System BOND automatyzuje protokoty kliniczne immunobarwienia prébek patologicznych umieszczonych na
szkietkach mikroskopowych. Szkietka mikroskopowe sg nastepnie interpretowane przez wykwalifikowanego
pracownika stuzby zdrowia w celu utatwienia rozpoznania.

Znaki towarowe

Leica i logo Leica to zarejestrowane znaki towarowe firmy Leica Microsystems IR GmbH wykorzystywane
w ramach licencji. BOND, BOND-III, BOND-MAX, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine
Detection, Bond Polymer Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer i Oracle to znaki
handlowe Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008 582 401. Inne znaki towarowe stanowig wiasnos¢
ich wtascicieli.

Prawa autorskie

Firma Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd jest wtascicielem praw autorskich do tego dokumentu i
powigzanego oprogramowania. Zgodnie z prawem, nasze pisemne pozwolenie jest wymagane przed
kopiowaniem, przetwarzaniem, ttumaczeniem lub konwertowaniem niniejszego dokumentu w formie
elektronicznej lub innej w catosci lub w jego czesci.
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Wazne informacje dla wszystkich uzytkownikow

Termin ,Leica Biosystems” uzyty w tekscie niniejszego dokumentu odnosi sie do Leica Biosystems
Melbourne Pty Ltd.

Ze wzgledu na polityke ciggtego doskonalenia Leica Biosystems zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez uprzedzenia.

Roszczenia gwarancyjne mozna sktadac tylko wtedy, gdy system byt uzywany zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. Uszkodzenia wynikajgce z niewtasciwego postepowania z
produktem i/lub niewtasciwego uzytkowania produktu powodujg uniewaznienie gwarancji. Leica Biosystems
nie ponosi odpowiedzialno$ci za takie szkody.

Osoby obstugujace moduty przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX muszg by¢ odpowiednio przeszkolone
i ostrzezone przed wszelkimi potencjalnymi zagrozeniami lub niebezpiecznymi procedurami przed
uruchomieniem urzadzenia. Tylko przeszkolony personel moze usuwac ostony lub czesci z modutu
przetwarzania i wytgcznie w przypadku, gdy jest to zgodne z niniejszg instrukcja.
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Informacje prawne

Naprawy mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany personel serwisowy autoryzowany przez
Leica Biosystems.

Wszelkie powazne zdarzenia, ktore doprowadzity lub mogg prowadzi¢ do zgonu pacjenta lub uzytkownika,
badz do tymczasowego lub trwatego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub uzytkownika, nalezy zgtaszac
miejscowemu przedstawicielowi firmy Leica Biosystems i odpowiedniemu lokalnemu organowi
regulacyjnemu.

Historia zmian

Wer. | Wydano Zmienione czesci Szczegoty

A01 - - Nieopublikowany

A02 |- - Nieopublikowany

AO03 Marsz Wszystkie Opublikowane po raz pierwszy
2020r.

A04 | Listopad Informacje dotyczace przepiséw Zaktualizowano
2020r.

A05 | Grudzien Stowniczek symboli Zaktualizowano o nowe informacje w
2021 celu wsparcia IVDR.

Os$wiadczenie dotyczace przeznaczenia

Usuniecie 12.9.1 Ponowna inicjalizacja

Wazne informacje dla wszystkich czytnika ID.

uzytkownikéw

Oznakowanie CE i informacje Unii
Europejskiej

Wycofanie z eksploatadji i utylizacja
urzadzenia

Specyfikacje

Ostrzezenia ogolne

Dodanie instrukcji konfiguracji Zebra
DS2208.

MNMpemaxHaTn 18 RemoteCare.

Podtaczanie i inicjalizacja LIS

Reczny skaner koddw kreskowych Zebra
DS2208

Kontakt z Leica Biosystems

Aby uzyskac pomoc techniczng, nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem Leica Biosystems lub
odwiedzi¢ strone www. LeicAbiosystems.com
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Nalezy stosowac wszystkie srodki bezpieczenstwa w celu unikniecia obrazen ciata, uszkodzen, utraty lub
btednej identyfikacji probek pacjenta oraz uszkodzenia sprzetu.

Rodzaje informacji o bezpieczenstwie

Informacje dotyczace bezpieczenstwa w niniejszej instrukcji to ostrzezenia lub przestrogi.

Ostrzezenia

Ostrzezenia to informacje o zagrozeniach, ktére mogg prowadzi¢ do obrazen ciata lub utraty, uszkodzenia
lub btednej identyfikacji probek pacjenta.

Ostrzezenia wykorzystujg symbole z czarnym obramowaniem i zottym ttem, jak pokazano ponizej:

BB PP

Niebezpieczenstwo zgniecenia. Mozliwos¢ zmiazdzenia czesci dtoni lub ciata.

Niebezpieczenstwo zwigzane z wysokg temperaturg. Gorgce powierzchnie powodujg
oparzenia w przypadku dotkniecia.

Unika¢ dotykania czesci oznaczonych tym symbolem.

Zagrozenie chemiczne. Istnieje niebezpieczenstwo powaznego wptywu na zdrowie
w przypadku braku stosowania odpowiednich srodkdw ostroznosci.

Zawsze nosi¢ odziez ochronng i rekawice ochronne.

Natychmiast usungac rozlane ptyny stosujgc standardowa procedure laboratoryjna.

Niebezpieczenstwo zwigzane z laserem. Mozliwo$¢ powaznego urazu oczu. Unikac
bezposredniego kontaktu wzrokowego z laserem.

Uwaga. Nieprzestrzeganie instrukcji moze spowodowac uszkodzenie systemu lub
obrazenia ciata. Przed kontynuowaniem nalezy zapoznac sie z zatgczonym tekstem lub
odpowiednig dokumentacja.

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym. Nalezy przestrzegac instrukcji zawartych
w zatgczonej dokumentacji, aby unikng¢ urazéw lub uszkodzen.

Zagrozenie dotyczace substancji toksycznych. Istnieje niebezpieczenstwo powaznego
wptywu na zdrowie w przypadku braku stosowania odpowiednich procedur
obchodzenia sie z substancjami chemicznymi.

Podczas pracy z odczynnikami nalezy stosowac rekawiczki i okulary ochronne.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Zagrozenie dotyczace substancji fatwopalnych. W przypadku braku stosowania
& odpowiednich $rodkdw ostroznosci tatwopalne odczynniki moga ulec zaptonowi.

Przestrogi

Przestrogi to informacje o zagrozeniach, ktére mogg prowadzi¢ do uszkodzenia systemu BOND lub innych
niepozgdanych konsekwencji, ktére nie stanowig zagrozenia dla ludzi.

Ostrzezenia wykorzystujg symbole z czarnym obramowaniem i biatym ttem, jak pokazano ponizej:

VAN

Ostrzezenia ogoine

Ogodlne ostrzezenia dotyczace systemu BOND sg opisane ponizej. Inne ostrzezenia znajdujag sie
w odpowiednich czesciach instrukcji.

Obstuga urzadzenia

Aby unikng¢ zanieczyszczenia odczynnikdw i szkietek, urzadzenie powinno by¢ uzytkowane
w czystym $rodowisku, w miare mozliwosci wolnym od kurzu i czastek statych.

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie urzadzenia, nalezy umiesci¢ kazdy zbiorczy pojemnik
z odczynnikami w odpowiednim przedziale, zgodnie z 0znaczeniami kolorystycznymi.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze negatywnie wptynac¢ na barwienie.

> B>

Wiecej informacji znajduje sie w czesci 2.2.7 - Przedziat na pojemniki zbiorcze

Sprawdzi¢ poziomy pojemnikdw zbiorczych i napetnic¢ lub opréznic je, w zaleznosci od
potrzeb, na poczatku kazdego dnia (czesciej, jesli jest to konieczne — zob.

12.2.1 - Sprawdzanie poziomdw w pojemnikach). W przeciwnym razie konieczne moze by¢
przerwanie barwienia w celu usuniecia pojemnikow, co moze negatywnie wptyngé na
barwienie.

>

Jesli pojemnik zbiorczy wymaga napetnienia podczas przetwarzania, nalezy zawsze
sprawdzac ekran Protocol status (status protokotu) i upewnic sie, ze pojemnik nie jest
uzywany ani nie bedzie wkrdtce uzywany. Niezastosowanie sie do tego wymogu moze
skutkowaé pogorszeniem jakosci przetwarzania szkietek. Pojemnik nalezy umiescic
ponownie natychmiast po napetnieniu — zob. 12.2.2.5 - Podczas przebiegow.

>

Pojemniki zbiorcze BOND nie muszg by¢ wyjmowane w celu napetniania — zob.
12.2.2.1 - Napetnianie zbiorczego pojemnika na odczynniki — BOND-III.

Aby uniknac takiej sytuacji, nalezy codziennie sprawdzac poziomy cieczy w pojemnikach
zbiorczych (lub czesciej, jesli jest to wymagane —zob. 12.2.1 - Sprawdzanie poziomow
w pojemnikach).
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

>

Do funkcjonowania systemu BOND i uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem nie
potrzeba dostepu do sieci. Aby zapobiegac ztosliwemu lub nieautoryzowanemu dostepowi,
nalezy zainstalowa¢ BOND bez potaczenia z siecig/infrastruktura.

Jesli chce sie miec potaczenie sieciowe, najlepiej potgczy¢ BOND z wirtualng siecig lokalng
(VLAN) zabezpieczong zaporg sieciowg firewall. Mozna réwniez ustanowic i weryfikowaé
wilasne mechanizmy zabezpieczenia sieci zgodnie ze standardowymi procedurami
operacyjnymi. Wiecej informacji podano w Przewodniku po systemach informacyjnych
BOND 5.1+ (49.6062.811).

>

Zainfekowanie kontrolera oprogramowaniem ztosliwym moze powodowac nieoczekiwane
zachowania i dziatania systemu, z wytaczaniem przyrzadéw wiacznie. Przed przytgczeniem
pamieci USB do sterownika nalezy upewnic sig, ze jest wolna od wiruséw. PoniewazLeica
Biosystems nie instaluje programéw antywirusowych, zalecamy zainstalowanie wiasnego
oprogramowania antywirusowego. Wiecej informacji mozna uzyskac od miejscowych
przedstawicieli Leica Biosystems.

Kontrole

>

Nalezy opracowac i stosowac odpowiednie $rodki kontroli laboratoryjnej, aby zapewni¢
prawidtowy wynik barwienia dla kazdego szkietka. Leica Biosystems zdecydowanie zaleca
umieszczenie odpowiedniej tkanki kontrolnej na tych samych szkietkach, co tkanka
pacjenta.

Zagrozenia chemiczne

>

Niektdre odczynniki stosowane w immunohistochemii i hybrydyzacji in situ sg
niebezpieczne. Przed wykonaniem dalszych czynnosci nalezy odby¢ odpowiednie szkolenie
dotyczace bezpieczenstwa podczas tej procedury.

a. Podczas pracy z odczynnikami lub czyszczenia urzadzenia nalezy nosi¢ rekawiczki
lateksowe lub nitrylowe, okulary ochronne i inne odpowiednie $rodki ochronne.

b. Odczynniki i kondensat nalezy transportowac i utylizowa¢ zgodnie ze wszystkimi
procedurami i przepisami krajowymi obowigzujgcymi w laboratorium.

Pojemniki na odczynniki mogg przewrdcic sie podczas transportu, pozostawiajgc resztki

=) odczynnika wokét pokrywy. Podczas otwierania pojemnikdw na odczynniki nalezy zawsze
= nosi¢ zatwierdzone $rodki ochrony oczu, rekawice i odziez ochronna.

Potencjalnie niebezpieczne odczynniki mogg gromadzic sie wokdt zespotdw barwienia
% szkietek i zanieczyszczac tace na szkietka. Podczas pracy z tacami na szkietka nalezy

zawsze nosic¢ zatwierdzong odziez ochronng i rekawice ochronne.

>

Niektore z odczynnikdw uzywanych w modutach przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX
sg tatwopalne:

« Nie umieszczac ptomienia ani zrodta zaptonu w poblizu modutdw przetwarzania.
« Po ponownym napetnieniu lub oprdznieniu upewnic sie, ze wszystkie pokrywy
pojemnika zbiorczego sg prawidtowo zamkniete.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

/A\

Moduty przetwarzania wyposazone sg w podgrzewacze i gorgce powierzchnie, ktdre moga
tworzy¢ ryzyko zaptonu, jesli materiaty tatwopalne zostang umieszczone w bliskiej
odlegtosci:

« Nie umieszczac tatwopalnych materiatdw na podgrzewaczach ani w ich poblizu.

« Nie umieszcza¢ materiatéw tatwopalnych na jakichkolwiek gorgcych
powierzchniach modutu przetwarzania.

« Po ponownym napetnieniu lub oprdznieniu upewnic sie, ze wszystkie pokrywy
pojemnika zbiorczego sg prawidtowo zamkniete.

Zagrozenia mechaniczne

Nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas zamykania pokrywy urzgdzenia, aby unikng¢ urazu
dtoni.

> >

Podczas pracy gtowny robot, sonda aspiracyjna, pompy strzykawek i roboty odczynnikow
zbiorczych (BOND) moga poruszac sie bez ostrzezenia i z predkoscia, ktdéra moze
spowodowac obrazenia.

« Nie probowac otwiera¢ pokrywy urzadzenia w trakcie przebiegu.

« Nie nalezy podejmowac prdb obejscia blokady zatrzymujgcej urzadzenie po
otwarciu pokrywy.

« Upewnic sie, ze pokrywy pompy strzykawki znajdujg sie na swoich miejscach
podczas pracy.

Unika¢ kontaktu z zespotami barwienia szkietek i podzespotami znajdujgcymi sie w ich
poblizu. Mogg one by¢ bardzo gorgce i powodowac powazne oparzenia. Po wytgczeniu
odczekac dwadziescia minut, az zespoty barwienia szkietek i ich otoczenie ostygna.

Skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta w celu transportu modutu roboczego na duza
odlegtosc lub w celu naprawy lub utylizacji. Modut przetwarzania jest bardzo ciezki i nie
jest przeznaczony do przenoszenia przez uzytkownika.

Upewnic sie, ze drzwi strzykawki sg zamkniete (BOND-MAX) lub zamontowana jest
pokrywa strzykawki (BOND-III) podczas normalnej pracy. Jesli strzykawka lub ztacze
strzykawki ulegng poluzowaniu, odczynnik pod ci$nieniem moze wydostac sie ze
strzykawki.

Jezeli robot gtdwny i/lub roboty odczynnikéw zbiorczych nadal dziatajg przez ponad piec¢
sekund po otwarciu pokrywy modutu przetwarzania, nalezy natychmiast skontaktowac sie
Z dziatem obstugi klienta.

> B BB P

Nie przesuwac ramienia gtdwnego robota, gdy modut przetwarzania jest wtgczony. Moze
doj$¢ do zmiany ustawienia robota, co doprowadzi do nieprawidtowego barwienia.

Jesli ustawienie robota ulegto zmianie: wytgczy¢ urzadzenie, odczekac 30 sekund,
a nastepnie ponownie je uruchomic.

Vi
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Nalezy zawsze wytgcza¢ modut przetwarzania podczas czyszczenia lub konserwagji
(z wyjatkiem automatycznych zadan czyszczenia, takich jak czyszczenie sondy
aspiracyjnej).

Roboty odczynnikéw zbiorczych BOND przemieszczajg sie wzdtuz zespotdéw barwienia
szkietek, zapewniajgc dostep do czyszczenia. Procedura ta powinna by¢ wykonywana
wytgcznie przez operatordw, ktdrzy zostali ostrzezeni o potencjalnych zagrozeniach

i odbyli odpowiednie szkolenie.

Zespoty barwienia szkietek zawierajg ruchome czesci, ktére mogg spowodowac powazne
obrazenia. Podczas pracy urzadzenia trzymac palce z dala od otworu zespotu barwienia
szkietek.

Przed przystgpieniem do recznego odblokowania zespotdw barwienia szkietek: wylgczyc
modut przetwarzania za pomocg wytgcznika zasilania, wytgczy¢ zasilanie sieciowe i wyjgc
wtyczke zasilania sieciowego z gniazda Sciennego.

Modut pompy strzykawki (BOND-III) jest ciezki i moze przewrdcic sie w przéd po
zwolnieniu. Procedura ta powinna by¢ wykonywana wytgcznie przez operatordéw, ktérzy
zostali ostrzezeni o potencjalnych zagrozeniach i odbyli odpowiednie szkolenie.

> B> B P

Nie uzywac dwdch czarnych uchwytéw na tylnej ostonie BOND do podnoszenia
urzadzenia.

Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym.

Nie zdejmowac oston modutu przetwarzania ani nie probowac uzyskac dostepu do
wewnetrznych elementow. Wewnatrz modutu przetwarzania BOND znajduje sie prad
o wysokim napieciu i wytgcznie wykwalifikowani serwisanci zatwierdzeni przez Leica
Biosystems mogg wykonywac te czynnosci.

Nie nalezy zmienia¢ napiecia roboczego modutu przetwarzania. Jesli urzadzenie zostanie
podtgczone do niewtasciwego napiecia zasilania, moze doj$¢ do powaznych uszkodzen.
Skontaktowac sie dziatem obstugi klienta, aby zmieni¢ to ustawienie.

Modut roboczy musi by¢ podtgczony do uziemionego gniazda zasilania sieciowego
i ustawiony tak, aby personel magt tatwo odtaczy¢ przewdd zasilania bez koniecznosci
przemieszczania urzgdzenia.

> BB B

Nie omijac ani nie zwierac bezpiecznikéw.

Przed wymiang bezpiecznikdw wylgczy¢ urzadzenie i odigczy¢ przewdd zasilajacy.
Bezpieczniki nalezy wymieniac wytgcznie na standardowe czesci. Jesli bezpieczniki
wielokrotnie sie przepalajg, nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Przestrogi ogoine

Ogodlne przestrogi BOND opisano ponizej. Inne przestrogi znajdujg sie w odpowiednich czesciach instrukcji.

Zagrozenia zwigzane z instalacjg

>

Nie nalezy blokowa¢ otwordw wentylacyjnych znajdujacych sie na tylnej ostonie
urzadzenia. Nie nalezy réwniez zastaniac otworéw wentylacyjnych znajdujgcych sie na
drzwiach strzykawki (BOND-MAX).

Zagrozenia dotyczgce obstugi

Wszystkie czesci etykiety szkietka powinny znajdowac sie w obszarze ograniczonym
krawedziami szkietka. Odstonieta powierzchnia samoprzylepna moze spowodowac
przywarcie etykiety (i szkietka) do szkietka nakrywkowego Covertile lub innego elementu
i uszkodzenie szkietka.

Nie zdejmowac matej nakretki czujnika poziomu cieczy z pojemnika zbiorczego
(BOND-MAX), poniewaz moze ona ulec uszkodzeniu. Pojemniki zbiorcze nalezy oprdzniac
i napetniac wytgcznie przez duzy otwor do napetniania/oprdzniania.

Wszystkie wyjmowane elementy nalezy czysci¢ wytacznie recznie. Aby uniknac
uszkodzenia, nie nalezy my¢ zadnego elementu w zmywarce. Nie czysci¢ zadnych czesci
przy uzyciu rozpuszczalnikdw, Srodkdw czyszczgcych zawierajgcych substancje Scierne ani
szorstkich Sciereczek.

Nie uzywac patyczkdw do uszu ani innych aplikatoréw z bawetniang korcdwka do
czyszczenia otworow w bloku myjgcym lub stupkdw do odprowadzania wilgoci w zespole
barwienia szkietek, poniewaz koncéwka bawetniana moze sie oderwac i zablokowac
otwdr.

Nie uzywac sity podczas ponownego montazu pojemnikdw zbiorczych w odpowiedniej
pozycji, poniewaz moze dojs¢ do uszkodzenia pojemnika i czujnika cieczy.

Nie uzywac uszkodzonych szkietek. Przed zatadowaniem do modutu przetwarzania
upewnic sie, ze wszystkie szkietka sg prawidtowo ustawione na tacach na szkietka oraz ze
wszystkie szkietka nakrywkowe Covertile sg prawidtowo ustawione (zob. 2.6.2 - BOND
Universal Covertiles).

> BB B BB B

Upewni¢ sie, ze modut strzykawki (BOND-III) jest catkowicie zamkniety przed
rozpoczeciem przebiegu lub inicjalizacjg modutu przetwarzania (zob. 12.4.1 - Reczne
odblokowanie zespotéw barwienia szkietek). W przeciwnym razie moze doj$¢ do
uszkodzenia strzykawek podczas pracy.

viii
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

>

Przed czyszczeniem lub demontazem ptyty gornej nalezy upewnic sie, ze roboty
odczynnikdw zbiorczych (BOND-III) znajdujg sie w pozycji wyjsciowej w tylnej czesci
urzadzenia i nie sg umieszczone wzdtuz zespotdw barwienia szkietek.

Zagrozenia zwigzane z odczynnikiem

W przypadku kontaktu niekompatybilnych ze sobg roztworédw moze doj$¢ do uzyskania
niezadowalajgcych wynikéw barwienia i potencjalnego uszkodzenia modutu
przetwarzania. Skontaktowac sie z firmg Leica Biosystems, aby ustali¢, czy roztwory sg
kompatybilne.

Nie stosowac ksylenu, chloroformu, acetonu, silnych kwaséw (np. 20% HClI), silnych zasad
(np. 20% NaOH) w module przetwarzania BOND. Jesli ktérakolwiek z tych substancji
chemicznych zostanie rozlana na lub w poblizu urzadzenia BOND, nalezy natychmiast
wyczysci¢ wyciek za pomocg alkoholu o stezeniu 70%, aby zapobiec uszkodzeniu modutu
przetwarzania.

>|| B B>

W urzadzeniach BOND-III oraz BOND-MAX uzywac wytgcznie roztworu BOND Dewax
Solution. Nie uzywac ksylenu, zamiennikow ksylenu ani innych odczynnikdw, ktdre moga
rozktadac czesci systemu BOND i powodowac wyciek ptynu.
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Strona celowo pozostawiona pusta.
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Informacje dotyczace przepisow

Symbol diagnostyki in vitro

IVD

Zgodnosc¢ FCC

Niniejsze urzadzenie zostato sprawdzone i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urzadzen cyfrowych klasy
A zgodnie z czescig 15 podrozdziatem B zasad FCC. Ograniczenia te majg na celu zapewnienie odpowiedniej
ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami, gdy urzadzenie jest uzytkowane w Srodowisku komercyjnym. Ten
sprzet wytwarza, wykorzystuje i moze emitowac fale radiowe i, jesli nie jest zainstalowany i uzywany
zgodnie z instrukcjg obstugi, moze powodowac szkodliwe zaktdcenia komunikacji radiowej. Eksploatacja
tego urzadzenia w obszarze mieszkalnym moze powodowac szkodliwe zaktdcenia, ktdre uzytkownik bedzie
musiat usuna¢ na wtasny koszt.

Aby zachowac zgodno$¢ z przepisami, nalezy uzywac wylacznie kabli dostarczonych z urzagdzeniem.

Ostrzezenie: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, ktdre nie zostaty wyraznie zatwierdzone przez Leica
Biosystems moga uniewazni¢ uprawnienia uzytkownika do obstugi tego urzadzenia.

Oznakowanie CE i informacje Unii Europejskiej

Znak CE oznacza zgodnos¢ z obowigzujgcymi dyrektywami UE wymienionymi w
C E deklaracji zgodnosci producenta.

Instrukcja obstugi urzadzenia do diagnostyki in vitro do uzytku profesjonalnego

Niniejsze urzadzenie do diagnostyki in vitro spetnia wymogi normy IEC 61326, czesci 2-6, dot. emisji i
odpornosci.

Srodowisko elektromagnetyczne powinno zosta¢ sprawdzone przed uruchomieniem urzadzenia.

Nie uzywac tego urzadzenia w poblizu zrédet silnego promieniowania elektromagnetycznego (np.
nieekranowanych celowych Zzrédet fal radiowych), poniewaz mogg one zaktdcac jego prawidtowe dziatanie.

Ostrzezenie: Niniejsze urzadzenie zostato zaprojektowane i przetestowane pod katem CISPR 11, klasa A.
W $rodowisku domowym moze powodowac zaktdcenia radiowe, w przypadku ktdrych moze by¢ konieczne
podjecie dziatan majacych na celu ograniczenie zaktdocen.

Wymagania prawne dotyczgace komputeréw: Certyfikat UL (UL 60950), certyfikat IEC 60950.
Klasyfikacja urzadzenia zgodnie z CISPR 11 (EN 55011)

Niniejsze urzadzenie jest sklasyfikowane jako grupa 1 klasy A zgodnie z CISPR 11 (EN 55011). Grupy i klasy
opisano ponizej.

Grupa 1 — Dotyczy to wszystkich urzadzen, ktore nie sg sklasyfikowane jako sprzet grupy 2.
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Informacje dotyczace przepisow

Grupa 2 — Dotyczy to wszystkich urzgdzen RF ISM, w ktorych energia o czestotliwosci radiowej w zakresie
czestotliwosci od 9 Khz do 400 Ghz jest celowo generowana i uzywana lub uzywana wytacznie w formie
promieniowania elektromagnetycznego, indukcyjnego i/lub pojemnosciowego, do obrobki materiatéw lub
ich kontroli/analizy.

Klasa A — Dotyczy to wszystkich urzadzen, ktore nadajg sie do uzytku we wszystkich budynkach innych niz
mieszkalne i s3 bezposrednio podtgczone do sieci zasilania niskiego napiecia zasilajgcej budynki mieszkalne.

Klasa B — Dotyczy to wszystkich urzadzen, ktére nadajg sie do uzytku w budynkach mieszkalnych i sg
bezposrednio podtgczone do sieci zasilania niskiego napiecia zasilajgcej budynki mieszkalne.

ISM: Przemystowe, naukowe i medyczne

RF: Czestotliwos¢ radiowa

Stowniczek symboli

Symbole regulacyjne

Objasnienie symboli regulacyjnych stosowanych dla produktéw Leica Biosystems.

Uwaga: Niniejszy stownik zawiera obrazy symboli przedstawionych w odpowiednich normach,
jednak niektore z uzywanych symboli mogg sie réznic kolorem.

Ponizej znajduje sie lista symboli uzywanych na etykiecie produktu i ich znaczenie.

1SO 15223-1

Wyroby medyczne — symbole do stosowania na etykietach wyrobdw medycznych, w ich oznakowaniu i w
dostarczanych z nimi informacjach — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

Symbol Norma / Referencyjny Opis

Rozporzadzenie

ISO 15223-1 5.1.1 Producent
Producent danego wyrobu medycznego.

| Ec [REP| IS0 15223-1 5.1.2 Autoryzowany przedstawiciel we
Wspolnocie Europejskiej
Wskazuje autoryzowanego przedstawiciela we
Wspdlnocie Europejskiej.
IS0 15223-1 5.1.3 Data produkgcji
Data produkcji danego wyrobu medycznego.

ISO 15223-1 5.1.4 Uzy¢ do (data waznosci)
Data, po ktorej dany wyrdb medyczny nie moze
by¢ uzywany.
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Symbol

LOT

REF

IVD

Norma /

Rozporzadzenie

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

Referencyjny

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.3.1

534

5.3.7

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.5.1

Opis

Kod partii

Kod partii producenta, do identyfikacji partii lub
serii.

Numer katalogowy / Numer referencyjny

Numer katalogowy producenta, do identyfikacji
wyrobdw medycznych.

Numer seryjny

Numer seryjny producenta, do identyfikacji
wyrobdw medycznych.

Delikatny produkt, obchodzic sie ostroznie
Wyrdb medyczny, ktéry moze zostac¢ uszkodzony
lub zniszczony, jesli nie zachowano ostroznosci
przy obchodzeniu sie z nim.

Chronic przed deszczem

Opakowanie transportowe, ktére trzeba chronic¢
przed deszczem i przechowywac w suchych
warunkach.

Ograniczenie temperatury

Limity temperatury, na ktére mozna bezpiecznie
wystawi¢ wyrob medyczny.

Nie uzywac ponownie

Wyréb medyczny przeznaczony do jednorazowego
uzytku lub do uzycia u jednego pacjenta podczas
jednego zabiegu.

Zapoznac sie z instrukcjq uzycia
Wezwanie uzytkownika do zapoznania sie z dang
instrukcjg uzycia.

Przestroga

Wezwanie uzytkownika do zapoznania sie z
instrukcja uzycia, gdzie podano wazne informacje
ostrzegawcze, takie jak ostrzezenia i $rodki
ostroznosci, ktore z réznych powodow nie mogg
by¢ umieszczone na samym wyrobie medycznym.

Urzadzenie medyczne do diagnostyki in
vitro

Wyréb medyczny przeznaczony do stosowania
jako urzadzenie medyczne do diagnostyki in vitro.
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Symbol Norma / Referencyjny Opis
Rozporzadzenie
ISO 15223-1 5.1.8 Importer

Oznacza podmiot importujgcy dany wyrdb
medyczny do Unii Europejskiej.

ISO 7000

Symbole graficzne do stosowania na sprzecie — symbole zarejestrowane.

Symbol Norma / Referencyjny Opis
Rozporzadzenie
(XY 1507000 1135 Recykling

(-

<9 Oznaczony przedmiot lub jego materiat podlega
procesowi odzysku lub recyklingu.

ISO 7000 1640 Instrukcja techniczna; instrukcja
serwisowa

Wskazuje miejsce przechowywania podrecznika
lub informacje dotyczace instrukcji serwisowania
danego sprzetu. Wskazuje, ze przy serwisowaniu
danego wyrobu w poblizu miejsca umieszczenia
tego symbolu nalezy wzig¢ pod uwage instrukcje
serwisowg lub podrecznik serwisowy.

ISO 7000 2594 Wentylacja otwarta

Oznacza uktad sterowania, ktory wpuszcza
powietrze z zewnatrz do wnetrza.

ISO 7000 3650 UsB
Oznacza port lub wtyczke spetniajacg ogdine
wymagdania technologii uniwersalnej magistrali
szeregowej (USB). Oznacza, ze dany wyrdb jest
przytaczony do portu USB lub jest kompatybilny z
portem USB.

» W

ISO 7000 5016 Bezpiecznik

Oznacza skrzynki bezpiecznikéw lub ich
lokalizacje.

[
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4.0.0.1 IEC 60417

Symbole graficzne do stosowania na sprzecie.

Symbol Norma /

Rozporzadzenie

| IEC 60417
IEC 60417

IEC 60417

IEC 60417

IEC 60417

IEC 60417

> ( & O

&% IEC 60417

Referencyjny

5007

5008

5009

5019

5032

5134

5988

Opis

wi

Oznacza przytaczenie do sieci zasilajgcej, co
najmniej w przypadku przetgcznikow sieciowych
lub ich potozen oraz we wszystkich przypadkach,
w ktdrych chodzi o bezpieczenstwo.

Wyt

Oznacza odtaczenie od sieci zasilajgcej, co
najmniej w przypadku przetgcznikow sieciowych
lub ich potozen oraz we wszystkich przypadkach,
w ktdrych chodzi o bezpieczenstwo.

Tryb gotowosci

Oznacza przetacznik lub potozenie przefgcznika, za
pomocg ktorego wiacza sie cze$¢ danego wyrobu,
aby doprowadzi¢ je do stanu gotowosci.

Uziemienie ochronne

Zacisk przeznaczony do przyfaczenia do
zewnetrznego przewodu w celu ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym w przypadku
awarii lub zacisk uziomu ochronnego (masy).

Jednofazowy prad przemienny

Na tabliczce znamionowej oznacza, ze dany wyrdb
mozna zasila¢ wytacznie pragdem przemiennym;
oznacza odpowiednie zaciski.

Wyroby wrazliwe na wytadowania
elektrostatyczne

Opakowania zawierajgce wyroby wrazliwe na
wytadowania elektrostatyczne lub wyrdb albo
zlacze, ktdre nie zostato przetestowane pod katem
odpornosci na wytadowania elektrostatyczne.

Sie¢ komputerowa

Oznacza sama sie¢ komputerowg lub wskazuje
zaciski przytaczeniowe danej sieci komputerowe;j.
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Symbol Norma / Referencyjny Opis
Rozporzadzenie
IEC 60417 6040 Ostrzezenie: Promieniowanie
@ ultrafioletowe

Ostrzezenie o obecnosci Swiatta UV w obudowie
danego produktu, ktdre moze by¢ wystarczajgco
silne, aby stanowito ryzyko dla operatora. Przed
otwarciem wylgczy¢ lampe UV. Podczas
serwisowania nalezy stosowac ochrone oczu i
skory przed promieniowaniem UV.

IEC 60417 6057 Przestroga: czesci ruchome
Instrukcja, aby trzymac sie z dala od ruchomych

czesci.

® IEC 60417 6222 Informacje: ogdlne

Oznacza uktad sterowania w celu sprawdzenia
stanu sprzetu, np. kopiarek wielofunkcyjnych.

Inne symbole i oznaczenia

Symbol Norma / Referencyjny Opis
Rozporzadzenie
]3< 21 CFR 801.15(c)(1) Tylko na recepte
Only (i)F zamiennik ,Uwaga: wedtug prawa federalnego

wyrob moze byc¢ sprzedawany wylgcznie przez
licencjonowanego lekarza lub na jego zlecenie.

Deklaracja Zgodnos¢ europejska

zgodnosci przyrzadu Znak zgodnoéci CE oznacza, ze dany system jest
zawiera wykaz zgodny z obowigzujgcymi dyrektywami UE.
dyrektyw, z ktorymi Deklaracja zgodnosci przyrzadu zawiera wykaz
zgodny jest dany dyrektyw, z ktdrymi zgodny jest dany system.
system
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Symbol

Norma /

Rozporzadzenie

Referencyjny

Dyrektywa
2012/19/WE UE:
Zuzyty sprzet
elektryczny i
elektroniczny
(WEEE)

AS/NZS 4417.1

Chinskiej Republiki
Ludowej Standard
przemystu
elektronicznego
SJ/T11364

Dyrektywa WEEE w sprawie zuzytego
sprzetu elektrotechnicznego i
elektronicznego

Tego produktu elektronicznego nie nalezy
wyrzucac jako niesortowany odpad, ale nalezy go
wystac do specjalnych punktow zbidrki w celu
odzysku i recyklingu.

Etykieta ta oznacza, ze:

« Wyrdb zostat wprowadzony na rynek
europejski po 13 sierpnia 2005 r.

« W zadnym panistwie cztonkowskim Unii
Europejskiej wyrobu nie wolno pozbywac
sie za posrednictwem komunalnego
systemu zbiérki odpadow.

Klienci muszg rozumiec i przestrzega¢ wszystkich
przepisow dotyczacych prawidtowego odkazania i
bezpiecznej utylizacji sprzetu elektrycznego.

Oznaczenie zgodnosci z przepisami (RCM)

Oznacza zgodnos$¢ z wymogami Australijskiego
Urzedu ds. Mediéw Komunikacyjnych (ACMA)
(bezpieczenstwo i EMC) dla Australii i Nowej
Zelandii.

Ograniczenie stosowania substancji
niebezpiecznych (RoHS 2)

Oznacza, ze ten elektroniczny produkt
informacyjny zawiera pewne elementy toksyczne
lub niebezpieczne i moze by¢ bezpiecznie uzywany
w okresie, kiedy zapewnia ochrone Srodowiska.
Liczba w $rodku logotypu wskazuje okres
uzytkowania danego produktu przy zapewnieniu
ochrony Srodowiska (w latach). Zewnetrzny okrag
wskazuje, ze produkt mozna poddac recyklingowi.
Logotyp ten oznacza réwniez, ze dany produkt
powinien zosta¢ poddany recyklingowi
natychmiast po uptywie okresu uzytkowania przy
zachowaniu ochrony $rodowiska. Data na tej
etykiecie to data produkgiji.
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Symbol

Norma /

Rozporzadzenie

Referencyjny

Opis

@

LISTED

&

\WTERTE,

.

Chinskiej Republiki

Ograniczenie stosowania substancji

Ludowej Standard niebezpiecznych (RoHS 2)

przemystu Oznacza, ze ten elektroniczny produkt

elektronicznego informacyjny nie zawiera zadnych substanciji

SJ/T11364 niebezpiecznych lub ze ich stezenia nie
przekraczajq limitow podanych w GB/T 26572.
Jest to ekologiczny produkt, ktéry mozna poddac
recyklingowi.

Titlul 47 Codul Federalna Komisja tacznosci (FCC)

Statelor Unite ale
Reglementarilor
Federale Partea 15

N/A

CSA

Miedzynarodowy

N/A

N/A

Produkt ten zostat zbadany i uznany za zgodny
Z ograniczeniami wynikajgcymi z czesci 15 Zasad
FCC.

Znak certyfikacji Underwriters
Laboratories (UL)

Underwriters Laboratories poswiadczyto, ze
wymienione produkty spetniajg wymogi
bezpieczenstwa obowigzujgce w USA i Kanadzie.

Wyrdb uznany przez agencje badawcza
Grupy CSA

Grupa CSA pos$wiadczyta, ze wymienione produkty
spetniajg wymogi bezpieczenstwa obowigzujgce w
USA i Kanadzie.

Wyrdb uznany przez agencjg badawcza
Intertek

Intertek Testing Agency poswiadczyta, ze
wymienione produkty spetniajg wymogi
bezpieczenstwa obowigzujgce w USA i Kanadzie.

Nieprzylaczony port

Produkt ten ma nieprzytgczony port na pompie
strzykawkowej.

Symbole bezpieczenstwa

Obijasnienie symboli bezpieczenstwa stosowanych w produktach Leica Biosystems.

ISO 7010

Symbole graficzne — Kolory bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.
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Symbol Norma /
Rozporzadzenie

ISO 7010

ISO 7010

IS0 7010

IS0 7010

> BB P

ISO 7010

>

ISO 7010

ISO 7010

> P

Referencyjny

WO001

W004

WO009

w012

Wo16

w017

w021

Opis

Ostrzezenia ogoine

Wezwanie uzytkownika do zapoznania sie z
instrukcja uzycia, gdzie podano wazne informacje
ostrzegawcze, takie jak ostrzezenia i $rodki
ostroznosci, ktore z réznych powodow nie moga
by¢ umieszczone na samym wyrobie medycznym.

Ostrzezenie: wigzka lasera

Niebezpieczenstwo zwigzane z laserem. Mozliwos¢
powaznego urazu oczu. Unikaé bezposredniego
kontaktu wzrokowego ze $wiattem lasera.

Ostrzezenie: zagrozenie biologiczne

Zagrozenie biologiczne. Potencjalne narazenie na
zagrozenie biologiczne. Aby unikngé narazenia,
nalezy przestrzegac instrukcji zawartych w
zalgczonej dokumentadji.

Przestroga: ryzyko porazenia pradem
elektrycznym

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.
Potencjalne ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym. Aby unikng¢ urazow lub uszkodzen,
nalezy przestrzegac instrukcji zawartych

w zafgczonej dokumentacii.

Ostrzezenie: materiat toksyczny

Zagrozenie dotyczace substancji toksycznych.
Potencjalne powazne zagrozenie zdrowia, jesli nie
przestrzega sie odpowiednich procedur
obchodzenia sie z substancjami chemicznymi.
Podczas pracy z odczynnikami nalezy stosowac
rekawiczki i okulary ochronne.

Ostrzezenie: gorgca powierzchnia

Niebezpieczenstwo zwigzane z wysoka
temperaturg. Gorgce powierzchnie powoduijg
oparzenia, jesli sie ich dotknie. Unikac dotykania
czesci oznaczonych tym symbolem.

Ostrzezenie: materiatl latwopalny

Zagrozenie dotyczace substancji fatwopalnych.
Przy zaniedbaniu odpowiednich srodkéw
ostroznosci fatwopalne materiaty moga ulec
zaptonowi.
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Symbol Norma / Referencyjny

Rozporzadzenie

.E ISO 7010 W023

.! ISO 7010 w024

Opis

Ostrzezenie: substancja korodujaca

Zagrozenie chemiczne zwigzane z substancja
korodujgca. Powazne zagrozenie zdrowia, jesli nie
zachowuije sie odpowiednich $rodkéw ostroznosci.
Zawsze nosi¢ odziez ochronng i rekawice
ochronne. Natychmiast usungc rozlane ptyny
stosujagc standardowg procedure laboratoryjna.

Ostrzezenie: zgniecenie dioni
Niebezpieczenstwo zgniecenia. Dionie lub czesci
ciata mogg zostac zgniecione przy ruchu
zamykajgcym czesci mechanicznych urzadzenia.
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1.

1.1

Wprowadzenie
Przeglad systemu

Gratulujemy zakupu automatycznego systemu immunohistochemicznego (IHC) BOND i hybrydyzacji in situ
(ISH). JesteSmy pewni, ze zapewni wysoka jako$¢ barwienia, wydajnosc i tatwo$¢ uzycia potrzebne

w laboratorium. Docelowymi uzytkownikami systemu BOND jest odpowiednio przeszkolony personel
laboratoryjny.

System BOND moze zawiera¢ wiele modutdéw przetwarzania, koordynowanych przez kontroler BOND.
Istniejg dwa typy modutu przetwarzania (PM) — BOND-III oraz BOND-MAX — kazdy o pojemnosci 30
szkietek. W razie potrzeby trzy przebiegi po dziesie¢ szkietek mogg by¢ przetwarzane jednoczesnie przy
uzyciu rdznych protokotdw barwienia, przy czym kazdy przebieg rozpoczynany jest oddzielnie w celu
zapewnienia ciggtego przetwarzania. Przynajmniej jeden przebieg mozna skonfigurowac do podwdjnego
barwienia, podczas gdy inny moze przetwarzac szkietka przy uzyciu systemu teranostycznego Leica
specjalnie zaprojektowanego dla BOND.

Oprogramowanie BOND utatwia konfigurowanie i barwienie szkietek. Nalezy stosowac rygorystycznie
sprawdzone protokoty dostarczone wraz z systemem lub utworzy¢ wtasne. Wybrac sposrdd szerokiej gamy
gotowych do uzycia odczynnikéw BOND lub innych przeciwciat lub sond, faczac je z serig wysokiej jakosci
systemdw wykrywania BOND. Po utworzeniu wirtualnych szkietek w oprogramowaniu lub zaimportowaniu
ich z systemu Laboratory Information System (LIS) — nalezy wydrukowac etykiety (lub uzy¢ etykiet
drukowanych przez LIS), naklei¢ je na szkietka, a nastepnie zatadowac szkietka do modutu przetwarzania.
System BOND wykonuje reszte, konsekwentnie i niezawodnie dostarczajgc barwienie wysokiej jakosci.

0 Protokoty i odczynniki dostarczone przez Leica Biosystems sg wysSwietlane w oprogramowaniu jako
dostarczone przez Leica Microsystems.

Cechy systemu BOND to:

Wysoka wydajnos¢

Elastycznos¢

Bezpieczenstwo

Automatyczne barwienie immunohistochemiczne i kontrastowe
Automatyczne barwienie ISH i kontrastowe

Automatyczne odparafinowanie, podgrzewanie i odzyskiwanie
Automatyczne barwienie podwajne

Integracja z systemami teranostycznymi Leica

Wierzymy, ze system BOND bedzie warto$ciowym dodatkiem do laboratorium.

Zob. czesci:

1.2 - Uzyskiwanie pomocy
1.3 - Pierwsze kroki
1.4 - Uruchamianie protokotu — przebieg pracy

Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021



1. Wprowadzenie

1.2 Uzyskiwanie pomocy

Instrukcja obstugi BOND (niniejsza instrukcja) jest zapisana w formacie PDF na wszystkich kontrolerach
(wersja jednostanowiskowa) i terminalach (BOND-ADVANCE). Znajduje sie ona réwniez na ptycie CD
dostarczonej z systemem.

Niniejszg instrukcje mozna wyswietli¢, klikajgc Help (pomoc) na pasku funkcji w obu wersjach Help
klienta oprogramowania BOND. @

W przypadku problemoéw z systemem BOND nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem
Leica Biosystems lub odwiedzi¢ strone www.LeicaBiosystems.com
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1. Wprowadzenie

1.3

Pierwsze kroki

Ten rozdziat opisuje nowym uzytkownikom systemu BOND, gdzie w instrukcji obstugi znalez¢ informacje
potrzebne do uzyskania petnej wiedzy na temat produktu.

Krok

Opis

Czes¢ instrukcji

1

Montaz i oddanie do eksploatacji

Konfiguracja sprzetu, instalacja
oprogramowania, sprawdzenie systemu.

Wykonywane przez przedstawicieli Leica
Biosystems lub autoryzowanego
dystrybutora.

Zapoznanie sie z czescia
Bezpieczenstwo

Zapoznanie sie z wymogami bezpieczenstwa
dla systemu BOND.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Zapoznanie sie z urzadzeniem

Zapoznanie sie z hazwami i zastosowaniami
urzgdzenia BOND.

2 - Urzadzenie

Zapoznanie sie z oprogramowaniem

Ogodlne zrozumienie oprogramowania
i sposobu uzytkowania.

3 - Przeglad oprogramowania
(Kontroler BOND )

Sprawdzenie protokotow i
odczynnikéw

Odczynniki i protokoty mogty zostac
skonfigurowane podczas montazu:

« Sprawdzi¢, czy protokoty, ktére majag
by¢ uruchamiane, zostaty
skonfigurowane.

« Sprawdzi¢, czy odczynniki wymagane
w laboratorium zostaty
skonfigurowane.

7 - Protokoty (kontroler BOND )

8 - Zarzadzanie odczynnikami
(kontroler BOND )

Uruchamianie protokotu
Krotki przeglad.

Bardziej szczegbtowy przeglad.

1.4 - Uruchamianie protokotu — przebieg
rac

4 - Szybkie uruchamianie

Zaawansowane

W razie potrzeby mozna uzyskac
doktadniejsze informacje na temat
oprogramowania.

5 - Ekrany statusu (kontroler BOND ) do
9 - Historia szkietek (kontroler BOND )
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1. Wprowadzenie

Krok Opis Czes¢ instrukcji
8 Praca z systemem LIS
Opcjonalny pakiet umozliwiajgcy 11 - Pakiet integracji LIS (kontroler BOND )

podtaczenie do systemu informatycznego
laboratorium.

9 Dbanie o system BOND 12 - Czyszczenie i konserwacja
(BOND-III i BOND-MAX)

1.4 Uruchamianie protokotu — przebieg pracy

1.4.1 BOND-III oraz BOND-MAX

uzytkowane w czystym Srodowisku, w miare mozliwosci wolnym od kurzu i czastek

2 Aby unikng¢ zanieczyszczenia odczynnikow i szkietek, urzadzenie powinno by¢
statych.

Ponizej przedstawiono przeglad standardowych krokdw zwigzanych z barwieniem tacy na szkietka. Przy
roznych ustawieniach mozliwe sg inne przeptywy pracy.

1.4.1.1 Kontrole wstepne i uruchomienie

1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania jest czysty i ze wszystkie zadania konserwacyjne zostaty
wykonane (12.1 - Harmonogram czyszczenia i konserwacji). Codzienne zadania przed
uruchomieniem to:

i. Sprawdzi¢, czy zbiorcze pojemniki na odpady sg napetnione maksymalnie w potowie.
ii. Sprawdzi¢, czy zbiorcze pojemniki na odczynniki sg przynajmniej w potowie petne oraz czy
zawierajg odpowiedni odczynnik.

2. Sprawdzi¢ bloki myjace i stacje mieszania — w razie potrzeby wyczysci¢ lub wymienic.

3. Sprawdzi¢, czy drukarka etykiet do szkietek ma etykiety i taSme do druku oraz czy jest wigczona.

4. Wiaczy¢ kontroler modutu przetwarzania, (i terminal dla BOND-ADVANCE) i otworzy¢ klienta
klinicznego BOND.

1.4.1.2 Konfiguracja odczynnikdw

5. W razie potrzeby utworzy¢ odczynniki w systemie (8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika).
6. Zarejestrowac pojemniki na odczynniki (8.3.3 - Rejestrowanie odczynnikéw i systemdw
odczynnikow).

1.4.1.3 Konfiguracja protokotow

7. W razie potrzeby utworzy¢ nowe protokoty (7.3 - Tworzenie nowych protokotow).
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1. Wprowadzenie

1.4.1.4 Konfiguracja szkietek

8. Utworzy¢ przypadki w oprogramowaniu (6.3.3 - Dodawanie przypadku).
9. Utworzyc szkietka w oprogramowaniu (6.5.2 - Tworzenie szkietek).

10. Wydrukowac etykiety szkietek i umiescic je na szkietkach (6.6.1 - Drukowanie etykiet i naklejanie ich
na szkietka).

11.Umiescic szkietka i szkietka nakrywkowe Covertile na tacach na szkietka (4.1.3.5 - kadowanie
szkietek).

1.4.1.5 Zatadowac¢ modut przetwarzania i uruchomic przebieg

12. Wtozy¢ tace na szkietka do modutu przetwarzania (4.1.3.5 - tadowanie szkietek).

13. Zatadowac system wykrywania i tace na odczynniki do modutu przetwarzania (4.1.4 - tadowanie
odczynnikéw).

14. Nacisng¢ przyciski Load/Unload (zataduj/wytaduj) na module przetwarzania, aby zablokowac tace na
szkietka.

15.W menu System status (stan sytemu) sprawdzi¢, czy wszystkie szkietka zostaty zidentyfikowane —
recznie zidentyfikowac szkietka, ktore nie zostaty zidentyfikowane automatycznie (5.1.5.2 - Reczna
identyfikacja szkietek w urzadzeniu).

16. Wyswietli¢ i usunac ostrzezenia na ekranie System status (stan systemu).
17.Klikng¢ _, aby uruchomic przebieg.

1.4.1.6 Monitorowanie przebiegu

18. Przebieg mozna monitorowac na ekranie System status (stan systemu) (5.1 - Ekran stanu
systemu) lub na pulpicie BOND Dashboard (3.5 - BOND Dashboard). Wyswietli¢ i usung¢ wszystkie
powiadomienia.

1.4.1.7  Wyladowac szkietka i odczynniki

19. Po zakonczeniu przebiegu nalezy usungc¢ system wykrywania i tace na odczynniki oraz schowaé
odczynniki (4.1.6 - Konczenie przebiegu).

Gdy modut przetwarzania nie jest uzywany, nalezy wyja¢ pojemniki zbiorcze ER1 i ER2
i przechowywac je w temperaturze od +2 do +8°C (od +36 do +46°F). Zob. rowniez 2.2.7 - Przedziat
na pojemniki zbiorcze.

20. Nacisngc przyciski Load/Unload (zataduj/wytaduj) na module przetwarzania, aby odblokowac tace na
szkietka i wyjac tace.

21.Wyjac szkietka nakrywkowe Covertile i wyczysc je (12.3 - Szkietka nakrywkowe Covertile).

22. Wyjac¢ szkietka.

23.Nalezy usuna¢ wszelkie wycieki lub zabrudzenia z zespotdw barwienia szkietek (12.4 - Zespot
barwienia szkietek), innych cze$ci modutu przetwarzania lub tac na szkietka lub odczynniki.
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1. Wprowadzenie

Strona celowo pozostawiona pusta.
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2. Urzadzenie

Ta cze$¢ zawiera nastepujgce informacje:

« Nazwy elementow urzadzenia systemu BOND
« Funkcje tych elementdw oraz sposdb, w jaki odnoszg sie one do systemu jako catosci

« Gdzie znalez¢ dodatkowe informacje, na przyktad procedury obstugi i konserwacji zwigzane
Z urzgdzeniem.

Szczegotowe informacje dotyczace konfiguraciji i podtgczania elementdw nie sg zawarte w opisach
urzgdzenia, poniewaz system powinien by¢ fabrycznie skonfigurowany i sprawdzony. Jesli trzeba wymienic
lub ponowne podtgczy¢ element, szczegdtowe informacje znajdujg sie w czesci 12 - Czyszczenie

i konserwacja (BOND-III i BOND-MAX).

Jesli to konieczne, informacje o modutach przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX sg podzielone na
oddzielne czesci, aby utatwi¢ znajdowanie potrzebnych informacji.

Zob. czesci:
o 2.1-System BOND
« 2.2 - Moduty przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX
« 2.3 -Kontroler i terminale BOND
o 2.4 -Reczny skaner kodow kreskowych
« 2.5 -Drukarka etykiet do szkietek
o 2.6 - Wyposazenie pomochicze
« 2.7 - Przeniesienie urzgdzenia
« 2.8 - Wycofanie z eksploatacji i utylizacja urzagdzenia
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2. Urzadzenie

2.1 System BOND

System BOND skfada sie z nastepujacych gtdwnych elementéw:

« Co najmniej jeden modut przetwarzania (zob. 2.2 - Moduty przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX)
« Kontroler BOND lub BOND-ADVANCE (zob. 2.3 - Kontroler i terminale BOND)

Instalacje BOND-ADVANCE wyposazone sg w terminale oraz kontroler; mogg tez by¢ wyposazone
w dodatkowy kontroler (zapasowy)

« Co najmniej jeden reczny skaner kodéw kreskowych (zob.2.4 - Reczny skaner koddw kreskowych)
« Co najmniej jedna drukarka etykiet do szkietek (zob. 2.5 - Drukarka etykiet do szkietek)

Kazdy nowy modut przetwarzania BOND-III lub BOND-MAX posiada:

« 4tace na szkietka (zob. 2.6.2.1 - Tace na szkietka)

« 4tace na odczynniki (zob. 2.6.2.2 - Tace na odczynniki)

« 1 stacje mieszania (zob. 2.2.9 - Blok myjacy i stacja mieszania)

« 1 (BOND-MAX) lub 2 (BOND-III) klucze szesciokatne do wymiany pompy strzykawki
« 1 kabel Ethernet

Konieczne bedzie réwniez:

« Szkietka nakrywkowe Covertile (zob. 2.6.2 - BOND Universal Covertiles)

« Systemy wykrywania BOND oraz odczynniki gotowe do uzycia BOND lub koncentraty i/lub otwarte
pojemniki na odczynniki (zob. 2.6.3 - Systemy odczynnikdw i pojemniki na odczynniki)

Kompletna i aktualna lista materiatdw eksploatacyjnych i czesci zamiennych znajduje sie na stronie
www.LeicaBiosystems.com

Zob. réwniez 3.1 - Architektura systemu.
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2. Urzadzenie

2.1.1 Produkty pomocnicze BOND

Produkty pomocnicze BOND zaprojektowano specjalnie dla systemu BOND, a ich stosowanie pomaga
zapewnic optymalne efekty barwienia. Korzystanie z produktéw pomocniczych BOND pozwala rowniez
utrzymac urzadzenie w dobrym stanie i zapobiega jego uszkodzeniu.

Nastepujgce produkty powinny zawsze by¢ uzywane z systemem BOND oraz nigdy nie powinne by¢
zastepowane innymi produktami:

Odczynniki pomocnicze

« BOND Wash Solution
« BOND Epitope Retrieval Solution (1 & 2)
« BOND Dewax Solution

Materialy eksploatacyjne
« Szkietka BOND Plus (lub szkietka mikroskopowe zgodne ze specyfikacjami podanymi w czesci
2.6.1 - Szkietka)
« BOND Universal Covertiles
« Otwarte pojemniki BOND (7 mli 30 ml)
« Pojemniki i wktady do miareczkowania BOND (6 ml)
« Fiolka do mieszania BOND
« BOND Slide Label and Print Ribbon Kit
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2. Urzadzenie

2.2 Moduty przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX

Modut przetwarzania (PM) to platforma barwienia systemu BOND. Jeden system BOND moze mie¢ dowolng
kombinacje modutéw typu BOND-III oraz BOND-MAX.

i ustawiony tak, aby personel mogt tatwo odtgczy¢ przewdd zasilania bez koniecznosci

f Modut roboczy musi by¢ podtgczony do uziemionego gniazda zasilania sieciowego
przemieszczania urzadzenia.

o 2.2.1-Gidwne komponenty

o 2.2.2 -Inicjalizacja modutu przetwarzania
o 2.2.3 - Pokrywa

o 2.2.4- Giéwny robot i czytnik ID

o 2.2.5-Zespoty barwienia szkietek

e 2.2.6 - Ostona przednia

o 2.2.7 - Przedziat na pojemniki zbiorcze

« 2.2.8 - Sonda aspiracyjna

« 2.2.9 - Blok myjacy i stacja mieszania

« 2.2.10 - Roboty odczynnikdw zbiorczych (wytgcznie BOND-III)
e 2.2.11 - Strzykawki

o 2.2.12 - Wytacznik zasilania

e 2.2.13-0Ostona tylna

2.2.1 Gtéwne komponenty

Gtowne komponenty BOND-III oraz BOND-MAX:

o 2.2.1.1 - BOND-III
» 2.2.1.2 - BOND-MAX

18 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5



2. Urzadzenie

2.2.1.1 BOND-III
Ponizsze zdjecia przedstawiajg elementy gtéwnego modutu przetwarzania dla BOND-III.

Opis tylnej ostony znajduje sie w czesci 2.2.13 - Ostona tylna.

Nr Nazwa (Postac 2-1)
1 Pokrywa
2.2.3 - Pokrywa

2 Ramie robota gldwnego
2.2.4 - Gtéwny robot i czytnik ID
3 Ostona przednia

2.2.6 - Ostona przednia

4 Przedzial na pojemniki zbiorcze
2.2.7 - Przedziat na pojemniki zbiorcze

Postac 2-1: Widok od przodu poprzedniego (po lewej) i aktualnego (prawa) modutu przetwarzania
BOND-III
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2. Urzadzenie

Nr Nazwa (Postac 2-2)

5 Robot odczynnikéw zbiorczych

2.2.10 - Roboty odczynnikdw zbiorczych (wytgcznie
BOND-IIT)

6 Zespoty barwienia szkielek

2.2.5 - Zespoty barwienia szkietek

7 Strzykawki

2.2.11 - Strzykawki

8 Platforma odczynnikow
2.2.6.5 - Platforma odczynnikéw

Postac 2-2: Przéd modutu przetwarzania BOND-III
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2. Urzadzenie

Nr Nazwa (Postac 2-3)

9 Sonda aspiracyjna
2.2.8 - Sonda aspiracyjna

10 | Blok myjacy i stacja mieszania
2.2.9 - Blok myjacy i stacja mieszania

11 | Wylacznik zasilania
2.2.12 - Wylacznik zasilania

Postac 2-3: Modut przetwarzania BOND-III widziany od prawej strony
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2. Urzadzenie

2.2.1.2 BOND-MAX

Ponizsze zdjecia przedstawiajg gtéwne elementy modutu przetwarzania BOND-MAX. Przedstawiony jest
obecny model — poprzednie modele rdznig sie wygladem, jednak gtdwne elementy sg takie same.

Nr Nazwa (Postac 2-4) Rozdziat
1 | Pokrywa 2.2.3

2 | Ramie robota 2.2.4

3 | Zespoty barwienia szkietek 2.2.5

4 | Ostona przednia 2.2.6

5 | Przedziat na pojemniki zbiorcze 2.2.7

Posta¢ 2-4: Prz6d modutu przetwarzania BOND-MAX
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2. Urzadzenie

6
Nr Nazwa (Postac 2-5) Rozdziat
6 | Wytacznik zasilania 2.2.12
Sonda aspiracyjna 2.2.8
Blok myjacy i stacja mieszania 2.2.9
Platforma odczynnikdw 2.2.6
10 | Strzykawka (zob. ponizej) 2.2.11

Postac 2-5: Modut przetwarzania BOND-MAX widziany od prawej strony
Opis tylnej ostony znajduje sie w czesci 2.2.13 - Ostona tylna.

Postac 2-6: Strzykawka za drzwiami z zawiasami
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2. Urzadzenie

2.2.2 Inicjalizacja modutu przetwarzania

Po wiaczeniu modutu przetwarzania system BOND przeprowadza kontrole wewnetrzne, zalewa uktad
ptynow i przesuwa roboty do pozycji wyjsciowych. Gtéwny robot przesuwa sie do lewego tylnego rogu
urzadzenia, a trzy roboty odczynnikdw zbiorczych (tylko BOND-III) przesuwajq sie do tytu urzadzenia.

Zespoty barwienia szkietek sg inicjowane i wracajg do pozycji odblokowanej. Proces inicjalizacji zatrzymuje
sie w przypadku wykrycia btedu lub jesli modut znajduje sie w stanie nieodpowiednim do przetwarzania.

Przed prdba inicjalizacji modutu przetwarzania nalezy sprawdzi¢ nastepujgce elementy:

« Pokrywa jest zamknieta

« Zbiorcze pojemniki na odpady sg napetnione mniej niz w potowie

« Zbiorcze pojemniki na odczynniki sg napetnione przynajmniej w potowie

« Stacja mieszania jest we wlasciwym miejscu

« Fiolki stacji mieszania sg puste i czyste

« Gorne plytki zespotow barwienia szkietek (SSA) znajdujg sie w potozeniu zamknietym.

Dioda LED zasilania z przodu modutu przetwarzania zmienia kolor na zielony a oprogramowanie BOND
wskazuje, ze modut jest podtaczony. Po zakoriczeniu inicjalizacji na karcie modutu przetwarzania pojawia sie
ikony trzech tac na szkietka (zob. 5.1.1 - Karty modutdéw przetwarzania). Nie probowac uzywaé modutu
przetwarzania przed zakofczeniem inicjalizacji.

2.2.3 Pokrywa

Pokrywa powinna by¢ zamknieta podczas pracy i jest zabezpieczona blokadami.

Nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas zamykania pokrywy urzgdzenia, aby unikngé
urazu dtoni.

(BOND-III) mogg poruszac sie bez ostrzezenia i z predkoscia, ktéra moze
spowodowac obrazenia.

f Podczas pracy gtéwny robot, sonda aspiracyjna i roboty odczynnikéw zbiorczych

Nie probowac otwiera¢ pokrywy urzadzenia w trakcie przebiegu.

Nie nalezy podejmowac prob obejscia blokady zatrzymujgcej urzadzenie po otwarciu
pokrywy.

5 sekund po otwarciu pokrywy modutu przetwarzania, nalezy natychmiast

f Jezeli robot gtéwny i/lub roboty odczynnikéw zbiorczych nadal dziatajg przez ponad
skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.
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2. Urzadzenie

2.2.4 Giowny robot i czytnik ID

Gtowny robot ustawia sonde aspiracyjng w celu pobierania i dozowania odczynnikdw. Ramie robota posiada
czytnik ID, ktdry stuzy do identyfikacji szkietek i odczynnikow zatadowanych w module przetwarzania.

Postac 2-7: Zdjecie robota gtdwnego z czytnikiem ID wskazanym strzatka

Moze dojs$¢ do zmiany ustawienia robota, co doprowadzi do nieprawidtowego

f Nie przesuwac ramienia gtdéwnego robota, gdy modut przetwarzania jest wtgczony.
barwienia.

Jesli ustawienie robota ulegto zmianie: wytgczy¢ urzadzenie, odczekac 30 sekund,
a nastepnie ponownie je uruchomic.

W przypadku szkietek system BOND skanuje kazdg etykiete szkietka w celu identyfikacji (zob.
5.1.5.1 - Automatyczna identyfikacja szkietek).

« Okno czytnika ID nalezy okresowo czyscic.
Zob. 12.9 - Czytnik ID w celu uzyskania dodatkowych informacji.

« Jesli sonda aspiracyjna jest uszkodzona lub zgieta, nalezy jg wymieni¢ zgodnie z procedurg
12.6.2 - Wymiana sondy aspiracyjnej.
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2. Urzadzenie

2.2.5 Zespoty barwienia szkietek

Unikac kontaktu z zespotami barwienia szkietek i podzespotami znajdujgcymi sie w ich
poblizu. Mogg one by¢ bardzo goragce i powodowaé powazne oparzenia. Po
wytgczeniu odczeka¢ dwadzieScia minut, az zespoty barwienia szkietek i ich otoczenie

ostygna.

>

Potencjalnie niebezpieczne odczynniki mogg gromadzic sie wokdt zespotdw barwienia
= szkietek i zanieczyszczac tace na szkietka. Podczas pracy z tacami na szkietka nalezy
zawsze nosic¢ zatwierdzong odziez ochronng i rekawice ochronne.

Szkietka sg przetwarzane w zespotach do barwienia szkietek. Kazdy modut przetwarzania zawiera trzy
zespoty do barwienia szkietek.

Aby rozpoczac przebieg, operator wprowadza tace na szkietka przez ostone przednig (opisang w

2.2.6 - Ostona przednia), nastepnie naciska przycisk fadowania. System BOND przechwytuje obrazy
szkietek. Jesli szkietka sg zgodne (zob. 6.9 - Zgodnosc¢ szkietek) i wszystkie odczynniki sg obecne,
uzytkownik moze rozpocza¢ przebieg. Wiecej informacji na temat wprowadzania szczegotow szkietek i
zatadunku mozna znalez¢ w czesci 6 - Konfiguracja szkietek (kontroler BOND ).

Podczas przetwarzania system BOND blokuje szkietka w zespole barwienia szkietek. Nie prébowac
wyjmowac tacy na szkietka, gdy system BOND przetwarza szkietka — najpierw anulowac przebieg, klikajac
[ = pod tacg na ekranie stanu systemu (zob. 5.1.7 - Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przebiegu), a
nastepnie odblokowac zespot barwienia szkietek.

Czyszczenie i rutynowa konserwacja zespotu barwienia szkietek zostaty opisane w czesci 12.4 - Zespot
barwienia szkietek.

2.2.5.1 Podgrzewacze zespotu barwienia szkietek

Podgrzewacze i podgrzewane powierzchnie modutu przetwarzania mogg powodowac
& ryzyko zaptonu:

« Nie umieszczaé tatwopalnych materiatéw na podgrzewaczach ani w ich
poblizu.

« Nie umieszcza¢ materiatéw tatwopalnych na jakichkolwiek gorgcych
powierzchniach modutu przetwarzania.

« Po ponownym napetnieniu lub oprdznieniu upewnic sie, ze wszystkie pokrywy
pojemnika zbiorczego sg prawidtowo zamkniete.

Niektore z odczynnikdw uzywanych w modutach przetwarzania BOND-III oraz
& BOND-MAX sa tatwopalne:

« Nie umieszczac ptomienia ani zrodta zaptonu w poblizu modutow
przetwarzania.

« Po ponownym napetnieniu lub oprdznieniu upewnic sie, ze wszystkie pokrywy
pojemnika zbiorczego sg prawidtowo zamkniete.
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2. Urzadzenie

Urzadzenia BOND-III oraz BOND-MAX wyposazone sg w element grzejny w kazdej pozycji szkietka. Kazdy z
tych elementdw jest niezaleznie monitorowany i jest oznaczany jako uszkodzony, jesli wystgpi btgd
temperatury (zob. Postac 2-8). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podgrzewacza nalezy skontaktowac
sie z dziatem obstugi klienta.

—
ot

-

Postac 2-8: Btad pojedynczego podgrzewacza

Nie nalezy probowac uruchamiac przebiegu dla szkietka wymagajacego ogrzewania w pozycji oznaczonej
jako wadliwa. W przypadku nieprawidtowego dziatania podgrzewacza podczas przebiegu szkietko moze nie
zostac przetworzone prawidtowo.

Jesli awaria podgrzewacza stanowi potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa, modut przetwarzania wytacza
wszystkie podgrzewacze szkietek, w tym podgrzewacz dowolnego przetwarzanego szkietka kontrolowanego
temperaturowo.

S —
S 2
2 2

Posta¢ 2-9: Szare symbole podgrzewaczy we wszystkich pozycjach oznaczajg catkowite wytgczenie
podgrzewania.

Po wylaczeniu podgrzewania szkietek nalezy wylgczyé, a nastepnie ponownie uruchomi¢ modut
przetwarzania, aby usungc blokade podgrzewacza. Mozna nadal uzywac pozycji szkietek z wadliwymi
podgrzewaczami, o ile przetwarzane szkietka nie wymagaja ogrzewania.
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2. Urzadzenie

2.2.6 Ostona przednia

Ponizsze rysunki przedstawiajg ostony przednie BOND-III oraz BOND-MAX. Ponumerowane elementy sg
opisane ponizej Postac 2-11.

BOND-11I

Postac 2-10: Ostona przednia BOND-III

Postac 2-11: Ostona przednia BOND-MAX

Nr Pozycja Nr Pozycja
1 [ Dioda LED zasilania 4 | Platforma odczynnikdw
2 | Gniazdo na tace na 5 | Dioda LED tacy na
szkietka odczynniki
3 | Dioda LED tacy na 6 | Przycisk
szkietka zatadunku/roztadunku

2.2.6.1 Dioda LED zasilania

Dziata w nastepujgcy sposob:

« Wyl — brak zasilania
« Niebieski (obecny model) lub pomaranczowy (poprzednie modele) — zasilanie wigczone, ale
oprogramowanie modutu przetwarzania nie zostato jeszcze uruchomione

« Zielony - zasilanie wtgczone, system pracuije.
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Postac 2-12: Kolory diody LED zasilania (niebieski, zielony) w urzadzeniu BOND-MAX

2.2.6.2 Gniazdo na tace na szkietka

Dostepne sg trzy otwory (jeden dla kazdego zespotu barwienia szkietek), w ktérym umieszczane sg tace na
szkietka. Po wiozeniu tacy na szkietka nacisng¢ przycisk Load/Unload (Zataduj/Wytaduj), aby zablokowac ja
w zespole barwienia szkietek. Po zablokowaniu tacy ramie robota przesuwa czytnik ID nad szkietkami, aby
automatycznie je zidentyfikowac.

2.2.6.3 Dioda LED tacy na szkietka

Wielokolorowe diody LED na ostonie przedniej pod kazdym zespotem barwienia szkietek wskazujg stan tacy
na szkietka. W przypadku urzagdzern BOND-MAX diody LED tacy na szkietka znajduja sie na przyciskach
Load/Unload (zataduj/wytaduj). W przypadku tych urzadzen dioda LED po naci$nieciu zmienia kolor na
niebieski na kilka sekund.

Kolory diod LED zespotu barwienia szkietek sg nastepujace:

« Wyl — brak tacy szkietek lub taca na szkietka jest odblokowana.

. Ciagly pomaranczowy — taca jest zatladowana i zablokowana, ale przetwarzanie nie zostato
rozpoczete.

Tace mozna bezpiecznie odblokowac i wyjac¢ za pomoca przycisku Load/Unload (zataduj/wytaduj).

« Ciagly czerwony — taca jest przetwarzana.
Taca jest zablokowana i nie moze zosta¢ odblokowana za pomocg przycisku Load/Unload
(Zataduj/Wytaduj). Aby roztadowac tace, nalezy najpierw zrezygnowac z przebiegu
W oprogramowaniu.

. Migajacy zielony — przetwarzanie zakonczone bez powiadomien. Tace mozna odblokowac za
pomocg przycisku Load/Unload (zataduj/wytaduj).

« Migajacy czerwony — przebieg zostat odrzucony lub przetwarzanie zostato zakonczone z
powiadomieniami. Tace mozna odblokowac za pomocg przycisku Load/Unload (zataduj/wytaduj).

Postac 2-13: Kolory diod LED tacy na szkietka (pomaranczowy, czerwony, zielony) dla narzedzia BOND-MAX
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2.2.6.4 Przycisk zatadunku/roztadunku

Nacisniecie przycisku Load/Unload (zataduj/wytaduj) powoduije:

« Jedli taca nie zostanie zatadowana, nic sie nie dzieje.
« Jesli taca jest zatadowana i nie jest zablokowana, urzadzenie BOND-III lub BOND-MAX zablokuje
tace, a jesli ramie robota jest dostepne, czytnik ID zidentyfikuje szkietka.

« Jesli taca jest zablokowana i nie rozpoczeto przebiegu, urzagdzenie BOND-III lub BOND-MAX
odblokuje tace.

« Jedli taca jest zablokowana i nie zakoficzono przebiegu, urzadzenie BOND-III lub BOND-MAX
odblokuje tace.

« Jesli taca jest zablokowana i trwa przebieg, przycisk Load/Unload (zataduj/wytaduj) jest nieaktywny.
Nie mozna odblokowac tacy az do zakonczenia lub anulowania przebiegu.

Jesli zespdt barwienia szkietek jest gorgcy, nie mozna zablokowac ani odblokowac tacy — nalezy poczekac na
schtodzenie zespotu.

2.2.6.5 Platforma odczynnikow

W tym miejscu umieszczane sg tace na odczynniki zawierajgce systemy detekcji, pojemniki na odczynniki
7 mli 30 ml i/lub pojemniki do miareczkowania 6 ml. Kazda taca moze pomiescic¢ do dziewieciu odczynnikdw,
a platforma odczynnikéw moze pomiescic cztery tace na odczynniki.

Aby zatadowac tace na odczynniki, nalezy wsungc tace na platforme i w mechanizm blokujgcy (zob.
4.1.4 - kadowanie odczynnikdw). Gdy ramie robota jest dostepne, system BOND zidentyfikuje odczynniki
w poszczegdlnych pozycjach.

2.2.6.6 Dioda LED tacy na odczynniki

Ponizej kazdej pozycji tacy znajduje sie dwukolorowa dioda LED, ktdra dziata w nastepujacy sposob:

« Whyl. — nie wykryto tacy.
Jesli taca jest wtozona a dioda LED jest wytgczona, nalezy sprawdzi¢, czy taca zostata umieszczona
prawidtowo.

. Ciagle czerwone swiatto — w ciggu nastepnych dwoch minut potrzebny bedzie odczynnik z tej
tacy.
Taca jest zablokowana i nie mozna jej usunac.

. Ciagle zielone $wiatto — w ciggu nastepnych dwdch minut zaden odczynnik z tej tacy nie bedzie
potrzebny.
Taca jest odblokowana i moze zosta¢ tymczasowo usunieta.

Jeica

Posta¢ 2-14: Kolory diod LED tacy na odczynniki (czerwony, zielony) dla narzedzia BOND-MAX
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2.2.7

Przedziat na pojemniki zbiorcze

Pojemniki zbiorcze i pojemniki na odpady znajduja sie pod ostong przednig w BOND-III oraz BOND-MAX.
System BOND-MAX posiada rowniez pojemnik zewnetrzny na odpady standardowe.

Zob. 12.2 - Pojemniki zbiorcze aby uzyska¢ informacje na temat napetniania, oprézniania i konserwacji

pojemnikow zbiorczych.

A

Aby zapewnic¢ prawidtowe dziatanie urzadzenia, nalezy umiesci¢ kazdy zbiorczy

pojemnik z odczynnikami w odpowiednim przedziale, zgodnie z 0znaczeniami
kolorystycznymi.

Dla BOND-III, zob. Posta¢ 2-15; dla BOND-MAX, zob. Postac 2-17.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze negatywnie wptyngc na barwienie.

/A\

Niektore z odczynnikéw uzywanych w modutach przetwarzania BOND-III oraz
BOND-MAX s3 tatwopalne:

« Nie umieszczac ptomienia ani zrodta zaptonu w poblizu modutéw
przetwarzania.

« Po ponownym napetnieniu lub oprdznieniu upewnic sie, ze wszystkie pokrywy
pojemnika zbiorczego sa prawidtowo zamknigete.

o 2.2.7.1 - BOND-III

o 2.2.7.2 - BOND-MAX
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2.2.7.1 BOND-III

Poprzedni modut BOND-III wyposazony jest w podwdjne drzwi szafki, ktore umozliwiajg tatwy dostep do
wszystkich pojemnikdéw zbiorczych. Podczas otwierania nalezy trzymac porecz na gérze drzwi.

Wszystkie odpady z zespotdéw barwienia szkietek sg transportowane do pojemnika na odpady niebezpieczne.
Odpady z bloku myjgcego sg transportowane do pojemnikéw na odpady standardowe lub niebezpieczne

w zaleznosci od stanu odczynnika w odpadach (jesli to konieczne, nalezy okresli¢ niebezpieczne odczynniki —
zob. 8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika).

Czujniki masy dla kazdego pojemnika zbiorczego i pojemnika na odpady ostrzegaja uzytkownika, kiedy
poziom odczynnika jest niski lub poziom odpaddw jest zbyt wysoki. Status kazdego pojemnika zbiorczego
jest wskazywany wizualnie przez System o$wietlenia pojemnika zbiorczego (BOND-III) on page 34. Nalezy
pamietac, ze system nie jest wyposazony w poprzedni modut BOND; zamiast tego mozna korzystac z ikon na
ekranie (zob. 5.1.3.6 - Status pojemnika zbiorczego).

Modut BOND-III posiada miejsce na nastepujgce pojemniki, na potkach wskazanych na Postac 2-15, kolejno
od lewej do prawej:

Stacja Pojemnik Pozycja | Rozmiar Kolor Odczynnik
(L)
8 ER1 Gérna 2 Fioletowy BOND Epitope Retrieval
potka Solution 1*
9 ER2 2 Jasnofioletowy | BOND Epitope Retrieval
Solution 2*
1 Dewax solution Dolna 5 Czerwony BOND Dewax Solution*
2 | Woda potka 5 Niebieski Woda dejonizowana
dejonizowana
3 Bufor myjacy 5 Zielony BOND Wash Solution*
4 Alkohol 5 Pomaranczowy | Alkohol (odczynnikowy)
5 Odpady zbiorcze 5 Szary Odpady standardowe
6 Odpady zbiorcze 5 Szary Odpady standardowe
7 Odpady 5 Brgzowy Odpady niebezpieczne

niebezpieczne

* Uzywac wytacznie odczynnikow BOND — nie zastepowac innymi produktami.
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Jesli laboratorium nie korzysta z pojemnikéw na odczynniki Epitope Retrieval i/lub Dewax, mozna je
wytgczy¢ w kliencie administracyjnym —zob. 10.6.1.1 - Wylgczanie zbiorczych pojemnikéw na odczynniki.

Epitope
Retrieval 1 Retrieval 2

Upewnic sie, ze kolor

: . etykiety i nadrukowany opis
o pojemnika zbiorczego
. odpowiadaja etykiecie

w przedziale urzadzenia,
Y — ¥ bezposrednio pod
e T pojemnikiem.

Postac 2-15: Zbiorcze pojemniki na odczynniki BOND-III we wiasciwym miejscu
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System oswietlenia pojemnika zbiorczego (BOND-III)

Moduty przetwarzania BOND-III sg wyposazone w system o$wietlenia pojemnika zbiorczego, jak
przedstawiono na Postac 2-16 ponizej.

[
Perirall

.

Postac 2-16: System os$wietlenia pojemnika zbiorczego

System oswietlenia pojemnika zbiorczego pomaga zobaczy¢ poziom cieczy w poszczegdinych pojemnikach,
a kontrolki Swiecg statym biatym Swiattem w trakcie normalnej pracy.

Kontrolki wskazujg rowniez obecny status kazdego pojemnika zbiorczego:
« Gdy pojemnik zbiorczy jest prawie pusty lub pojemnik na odpady jest prawie petny, biate kontrolki
zaczynajg migac.
« Gdy pojemnik zbiorczy jest pusty lub pojemnik na odpady jest petny, a wptywa to na biezacy
przebieg, kontrolki zmieniaja kolor na czerwony.
« Po usunieciu pojemnika zbiorczego jego podswietlenie wytgcza sie, a podswietlenie etykiety
w przedziale urzadzenia miga na biato.

ﬁ System o$wietlenia pojemnika zbiorczego dziata wylgcznie z oprogramowaniem BOND 6.0 lub nowszym.

Zob. rowniez: 5.1.3.6 - Status pojemnika zbiorczego w celu uzyskania szczegétowych informacji na temat
sposobu, w jaki pojemniki zbiorcze sg przedstawiane na ekranie System status (stan systemu).
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2.2.7.2 BOND-MAX

System BOND-MAX wyposazony jest w pojedyncze drzwi otwierane w dot i umozliwiajgce dostep do
pojemnikow zbiorczych. Drzwi posiadajg przezroczysty panel umozliwiajgcy monitorowanie poziomow
odczynnikéw w pojemnikach zbiorczych (ktére sg rowniez przezroczyste).

Drzwi sg przytrzymywane przez zatrzaski magnetyczne. Aby otworzy¢ drzwiczki w poprzednich modelach
(bez uchwytu), nalezy pociggna¢ za gorng czesc kazdego skrzydta drzwi.

Drzwi przedziatu na pojemniki zbiorcze muszg by¢ zamkniete podczas barwienia. Jesli drzwi sg otwarte, na
ekranie stanu systemu wyswietlony zostanie alarm (zob. 5.1.2 - Status urzadzenia), a wszystkie biezace
przebiegi mogg zostac przerwane.

Odpady z urzadzenia sg transportowane do pojemnikéw na odpady standardowe lub niebezpieczne
w zaleznosci od stanu odczynnika w odpadach (jesli to konieczne, nalezy okresli¢ niebezpieczne odczynniki —
zob. 8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika).

Zbiorcze pojemniki na odczynniki BOND-MAX wyposazone sg w czujniki poziomu cieczy, aby ostrzegac

0 niskim poziomie odczynnika; pojemniki réwniez wyposazone sg w czujniki poziomu cieczy, aby ostrzegac¢
0 zbyt wysokim poziomie odpaddw. Zob. 12.2 - Pojemniki zbiorcze, aby uzyskac informacje na temat
ponownego napetniania i oprdzniania.

BOND-MAX ma miejsce na nastepujgce pojemniki, w kolejnosci od lewej do prawej:

Stacja Pojemnik Rozmiar Kolor Odczynnik
(L)
1 Odpady 2 Brazowy Odpady niebezpieczne
niebezpieczne
2 ER1 1 Fioletowy BOND Epitope Retrieval Solution 1*
3 ER2 1 Jasnofioletowy | BOND Epitope Retrieval Solution 2*
4 Dewaxing solution 2 Czerwony BOND Dewax Solution*
5 Woda 2 Niebieski Woda dejonizowana
dejonizowana
6 Bufor myjacy 2 Zielony BOND Wash Solution*
Alkohol 2 Pomaranczowy | Alkohol (odczynnikowy)

* Uzywac wytacznie odczynnikéw BOND — nie zastepowac innymi produktami.

Pojemniki z odczynnikami Epitope Retrieval i/lub Dewax mozna wyjac z urzadzenia, jesli nie sg
wykorzystywane — zob. 10.6.1.1 - Wylgczanie zbiorczych pojemnikéw na odczynniki.
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Upewnic sie, ze kolor etykiety i nadrukowany opis
pojemnika zbiorczego odpowiadajg etykiecie

w przedziale urzadzenia, bezposrednio pod
pojemnikiem.

Postac 2-17: Zbiorcze pojemniki na odczynniki BOND-MAX we wiasciwym miejscu
Zewnetrzny pojemnik na odpady

Dziewieciolitrowy zewnetrzny pojemnik na odpady jest dostarczany wraz z BOND-MAX.

Dostarczony pojemnik ma dwie pokrywy — jedng dla ztaczy, a drugg do oprézniania odpadéw. Nigdy nie
zdejmowac pokrywy zgczy tego pojemnika.

Postac 2-18: Zewnetrzny pojemnik na odpady BOND-MAX

Przewdd cieczy taczy sie ze ztgczem wciskanym w prawym dolnym rogu modutu przetwarzania. Czujnik
poziomu cieczy faczy sie z 3-pinowym ztgczem w lewym gornym rogu ostony (zob. Postac 2-26).

Instrukcje dotyczace oprdzniania i konserwacji zewnetrznego pojemnika znajdujg sie w czesci
12.2.4 - Zewnetrzny pojemnik na odpady (tylko BOND-MAX)
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Niektdre odczynniki stosowane w immunohistochemii i hybrydyzacji in situ sg
niebezpieczne. Przed wykonaniem dalszych czynnosci nalezy odby¢ odpowiednie
szkolenie dotyczace bezpieczenstwa podczas tej procedury.

a. Podczas pracy z odczynnikami lub czyszczenia urzadzenia nalezy nosi¢
rekawiczki lateksowe lub nitrylowe, okulary ochronne i inne odpowiednie $rodki
ochronne.

b. Odczynniki i kondensat nalezy transportowac i utylizowac zgodnie ze
wszystkimi procedurami i przepisami krajowymi obowigzujgcymi
w laboratorium.

BOND-MAX sg tatwopalne:

« Nie umieszczac ptomienia ani zrodta zaptonu w poblizu modutéw
przetwarzania.

« Po ponownym napetnieniu lub oprdznieniu upewnic sie, ze wszystkie pokrywy
pojemnika zbiorczego sg prawidtowo zamkniete.

i Niektore z odczynnikdw uzywanych w modutach przetwarzania BOND-III oraz

ztacza czujnika i cieczy (w tej kolejnosci). Nie probowac nalewaé cieczy z pojemnika,

2 Przed oproznieniem zewnetrznego pojemnika na odpady nalezy zawsze odtgczac
gdy przewdd i rura sg nadal podtaczone.
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2.2.8 Sonda aspiracyjna

Sonda aspiracyjna pobiera odczynniki z pojemnikdw, dostarcza odczynniki do szkietek w zespotach
barwienia szkietek i miesza chromogeny w stacji mieszania. Zawiera czujnik poziomu cieczy do wykrywania

poziomu odczynnika (zob. 8.3.1 - Okreslanie objetosci odczynnika ).

7

e T — s, — " —

!

Postac 2-19: Sonda aspiracyjna w ramieniu robota

W kazdym pojemniku znajduje sie objetos¢ resztkowa, ktdrej sonda nie jest w stanie pobraé. Objetos¢ ta
jest okreslana jako ,,objetos¢ martwa”. Objetos¢ martwa jest inna dla kazdego typu pojemnika (zob.
18.5 - Dane dotyczace pracy w 18 - Specyfikacje, aby uzyskac wartosci objetosci martwej).

Zob. 12.6 - Sonda aspiracyjna, aby uzyskac informacje na temat konserwacji sondy aspiracyjnej.
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2.2.9 Blok myjacy i stacja mieszania

— ] pooood—

Postac 2-20: Blok myjacy z wtozong stacjg mieszania
Obszar mycia znajduje sie po lewej stronie (pozycja 1), a stacja mieszania po prawej (pozycja 2)

Obszar mycia po lewej stronie zawiera mate otwory do mycia sondy aspiracyjnej.

Po prawej stronie bloku myjgcego znajduje sie stacja mieszania, ktora sktada sie z szeSciu przedziatéw. Sa to
fiolki do mieszania odczynnikdw o krotkim okresie eksploatacji, ktdre nalezy wymieszac tuz przed uzyciem.
Mieszanie odczynnikow jest okreslane przez oprogramowanie, w zaleznosci od rodzaju odczynnika.

Oprogramowanie BOND monitoruje stan stacji mieszania i nie uruchamia BOND-III lub BOND-MAX, jesli
stan stacji jest inny niz czysta i pusta (zob. 5.1.2 - Status urzadzenia). Jesli podczas inicjalizacji stacja
mieszania jest brudna lub zawiera ciecz, nalezy upewnic sie, ze stacja jest czysta i pusta przed kliknieciem
OK w oknie dialogowym powiadomienia. W przypadku kontynuowania mieszania w brudnej i/lub petnej
stacji mieszania moze dojs¢ do zanieczyszczenia odczynnikdw lub przepetnienia fiolek do mieszania.

Zawsze upewniac sie, ze stacja mieszania jest obecna — modut przetwarzania nie uruchamia sie bez stacji.
Podczas inicjalizacji system BOND skanuje etykiete stacji mieszania, aby sprawdzi¢, czy jest obecna. Jesli
oprogramowanie BOND nie wykrywa identyfikatora, pojawi sie komunikat z prosbg o potwierdzenie
obecnosci stacji mieszania.

Instrukcje konserwaciji stacji mieszania znajdujg sie w czesci 12.7 - Blok myjacy i stacja mieszania.
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2.2.10 Roboty odczynnikéw zbiorczych (wytgcznie BOND-III)

Posta¢ 2-21: Robot odczynnikdw zbiorczych BOND (1) przesuwa sie wzdtuz szyny prowadzacej (2) do
kolejnych zespotéw barwienia szkietek

5 sekund po otwarciu pokrywy modutu przetwarzania, nalezy natychmiast

f Jezeli robot gtéwny i/lub roboty odczynnikéw zbiorczych nadal dziatajg przez ponad
skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.

Urzadzenie BOND wyposazone jest w trzy roboty odczynnikdw zbiorczych, ktdre przemieszczajq sie wzdtuz
szyny prowadzacej do kolejnych zespotdéw barwienia szkietek i dozujg odczynniki na wszystkie zatadowane
szkietka. Roboty dostarczajg tylko odczynniki zbiorcze, natomiast sonda aspiracyjna dostarcza odczynniki
z pojemnikow na platformie odczynnikdw i niektére odczynniki zbiorcze. Kazdy robot odczynnikéw
zbiorczych posiada blok myjacy do ptukania i czyszczenia sondy dozujacej.

2.2.10.1 Reczne przywracanie robota odczynnikow zbiorczych do pozycji wyjsciowej

Jesli robot odczynnikéw zbiorczych zatrzymat sie i jest umieszczony wzdtuz zespotu barwienia szkietek,
nalezy nacisng¢ przycisk Load/Unload (zataduj/wytaduj), aby przywrdci¢ go do potozenia wyjsciowego. Jesli
znajduje sie na zespole barwienia szkietek, nalezy wykonac nastepujgce czynnosci, aby recznie powrdci¢ do
pozycji wyjsciowej i pobra¢ wszystkie szkietka w zespole barwienia szkietek.

1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania jest w stanie bezczynnosci i nie ma zaplanowanych ani
trwajacych przebiegdw, a nastepnie wytgczy¢ go.

2. Delikatnie podnies¢ blok dozujacy na robocie odczynnikéw zbiorczych (zob. Figure 2-22), tak aby
sonda wysuneta sie ponad gorng plyte.

3. Przesunac robota wzdtuz szyny do tylnej czesci zespotu barwienia szkietek. Stosowac powolny,
stabilny ruch — nie przesuwac zbyt szybko.

ﬁ Przesuwac¢ do momentu, gdy robot znajdzie sie w poblizu szyny ptyty gornej — nie przesuwac do
konca.
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Figure 2-22: Podnie$¢ wskazany blok dozujgcy i przesunac¢ robota odczynnikdw zbiorczych
wzdtuz szyny prowadzgcej zespotu barwienia szkietek

4. Gdy robot znajduje sie za gorna ptyta, zamknac¢ pokrywe i ponownie wtgczy¢ modut przetwarzania.
ZespOt barwienia szkietek powinien zosta¢ odblokowany w ramach procedury inicjalizacji.
Jesli zespot barwienia szkietek nie odblokowuje sie, zob. 12.4.1 - Reczne odblokowanie zespotdw
barwienia szkietek, aby uzyskac instrukcje dotyczace wyjmowania tac na szkietka.

5. Pobrac tace na szkietka i szkietka.
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2.2.11  Strzykawki

Strzykawki pobierajg i dozujg doktadne ilosci odczynnika wymagane przez system BOND. Zob.
12.13 - Strzykawki instrukcji konserwacji strzykawek.

pokrywa strzykawki (BOND-III) podczas normalnej pracy. Jesli strzykawka lub ztgcze
strzykawki ulegng poluzowaniu, odczynnik pod cisnieniem moze wydostac sie ze
strzykawki.

f Upewnic sie, ze drzwi strzykawki sg zamkniete (BOND-MAX) lub zamontowana jest

2.2.11.1 BOND-III

System BOND-III wyposazony jest w cztery pompy strzykawek znajdujgce sie pod ostong przednia. Pierwsze
trzy pompy strzykawek, od lewej, sg uzywane przez roboty odczynnikdw zbiorczych w SSA1, SSA2, SSA3
i wyzej. Czwarta, gtdwna pompa strzykawki jest uzywana przez sonde aspiracyjna.

J & & [+

Postac 2-23: Strzykawki BOND

przebiegu lub inicjalizacjg modutu przetwarzania (zob. 12.4.1 - Reczne odblokowanie
zespotdw barwienia szkietek). W przeciwnym razie moze dojs¢ do uszkodzenia
strzykawek podczas pracy.

2 Upewnic sie, ze modut strzykawki jest catkowicie zamkniety przed rozpoczeciem
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2.2.11.2 BOND-MAX

System BOND-MAX wyposazony jest w pojedynczg pompe strzykawki umieszczong w komorze po prawej
stronie urzadzenia. Jest to 9-portowy zawor strzykawkowy (jeden port nie jest uzywany) z przykrecang
tulejg strzykawki i matym zaciskiem.

Postaé 2-24: Strzykawka 9-portowa BOND-MAX

Aby sprawdzi¢ stan strzykawki, nalezy otworzy¢ drzwi, naciskajgc i zwalniajgc okragty element na Srodku
drzwi.

Zawsze nosic¢ odziez ochronng i rekawice ochronne.

=
(—7

k=

- -

Sprawdzac regularnie podczas inicjalizacji i wymieniac w razie potrzeby lub po otrzymaniu powiadomienia —
zob. 12.13 - Strzykawki.

2.2.12  Wylacznik zasilania

Jest to pojedynczy przeftgcznik umieszczony na prawej ostonie modutu przetwarzania. Stuzy to do wigczania
i wyfgczania modutu przetwarzania.

« Umiejscowienie wytgcznika zasilania BOND-III przedstawiono na Postac 2-3.
« Umiejscowienie wytgcznika zasilania BOND-MAX przedstawiono na Postac 2-5.
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2.2.13  Ostonatylna

wewnetrznych elementow. Wewnatrz modutu przetwarzania BOND znajduje sie
prad o wysokim napieciu i wytgcznie wykwalifikowani serwisanci zatwierdzeni przez

f Nie zdejmowac oston modutu przetwarzania ani nie probowac uzyskac dostepu do
Leica Biosystems mogg wykonywac te czynnosci.

2.2.13.1 BOND-III
Postac 2-25 przedstawia ostone tylng modutu przetwarzania BOND.

=l ‘

Posta¢ 2-25: Ostona tylna BOND

Nr Pozycja Nr Pozycja

1 | Wytgczniki obwoddw Ztacze zasilania sieciowego

4 | Potaczenie Ethernet

2 | Bezpieczniki

Zob. 12.14 - Bezpieczniki zasilania w celu uzyskania informacji na temat wymiany bezpiecznikdw.

Nie uzywac dwoch czarnych uchwytow na tylnej ostonie BOND-III do podnoszenia
urzadzenia.
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2.2.13.2 BOND-MAX

Postac 2-26 przedstawia ostone tylng modutu przetwarzania BOND-MAX. (Nalezy pamietac, ze poprzednie
modele wyposazone sg tylko w jeden wentylator zasilania).

e ® ® @ L ) ®
7 lﬂ
6 LE

L.E,‘ = . Y r Y () =..

3
4
1
N
2 5
Nr Pozycja Nr Pozycja
1 | Wytgczniki obwoddw 5 | Zewnetrzne przytacze odpadow — dla
przewodow (zob. 12.2.4 - Zewnetrzny
pojemnik na odpady (tylko
BOND-MAX))
2 | Wentylatory zasilania 6 | Zewnetrzne przytacze odpadow — dla
czujnika poziomu cieczy (zob.
12.2.4 - Zewnetrzny pojemnik na
odpady (tylko BOND-MAX))
Bezpieczniki 7 | Pofaczenie Ethernet
4 | Zkgcze zasilania sieciowego

Posta¢ 2-26: Ostona tylna BOND-MAX

Zob. 12.14 - Bezpieczniki zasilania w celu uzyskania informacji na temat wymiany bezpiecznikéw.
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2.2.13.3 Odtaczanie modutu przetwarzania

Aby odfgczy¢ modut przetwarzania BOND-III lub BOND-MAX od zasilania, nalezy wykonac nastepujgce
Czynnosci:
1. Wylgczyc¢ zasilanie za pomocg wytacznika po prawej stronie modutu przetwarzania.
2. Przesledzi¢ przewdd zasilajacy od ztgcza zasilania modutu przetwarzania (pozycja 3 na Postac 2-25 i
pozycja 4 na Postac 2-26) do Sciany. Wytgczyc zasilanie sieciowe w gniazdku Sciennym.
3. Odfaczy¢ wtyczke z tytu modutu przetwarzania.

2.3 Kontroler i terminale BOND

Wszystkie systemy BOND zawierajg kontroler BOND, w ktorym wykonuije sie wszystkie procesy
oprogramowania. W instalacjach jednostanowiskowych (zob. 3.1.1 - Konfiguracja jednostanowiskowa),
jeden kontroler z klawiaturg, mysza i monitorem jest uzywany do uruchamiania oprogramowania klienta.
Instalacja jednostanowiskowa jest wystarczajgca do obstugi maksymalnie pieciu modutéw przetwarzania.

Laboratoria z instalacjami BOND-ADVANCE (zob. 3.1.2 - BOND-ADVANCE) z wiecej niz piecioma modutami
przetwarzania, dodatkowo wyposazone sg w terminale BOND. W tych instalacjach wiekszo$¢ interakcji
uzytkownika z oprogramowaniem BOND odbywa sie poprzez terminale, z ktorych kazdy moze sterowac
pojedynczymi lub wszystkimi modutami przetwarzania. Mozliwe jest rowniez sterowanie tymi samymi
modutami przetwarzania z wiecej niz jednego terminala.

Kontroler BOND nadal wykonuje wszystkie procesy oprogramowania. Kontrolery w instalacjach
BOND-ADVANCE majg wyzszg specyfikacje niz modele stosowane w instalacjach jednostanowiskowych
i zapewniajg wiele poziomdw redundancji, co zapewnia najwyzszg niezawodnos¢.

Niektore instalacje BOND-ADVANCE wyposazone sg w dodatkowy kontroler (zapasowy). Ten kontroler
rejestruje wszystkie procesy na gtdwnego kontrolera i moze by¢ uzyty na wypadek awarii gtdwnego
kontrolera. Dodatkowe kontrolery nie powinny znajdowac sie w poblizu gtéwnego kontrolera, aby
zmniejszy¢ prawdopodobienstwo uszkodzenia obu kontroleréw przez miejscowe zdarzenie.

Drukarka etykiet do szkietek i reczny skaner koddw kreskowych sg podtgczone do kontrolera w instalacjach
jednostanowiskowych lub do kazdego terminala w instalacji BOND-ADVANCE.

zapewnic¢ optymalng kontrole nad systemem BOND. Aby unikng¢ opdznien lub
zakidcen w sterowaniu systemem, nie nalezy instalowac dodatkowego
oprogramowania na kontrolerze BOND lub terminalu.

C System operacyjny i oprogramowanie kontrolera BOND zaprojektowano tak, aby
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2.4  Reczny skaner kodow kreskowych

Postac 2-27: Reczny skaner koddw kreskowych

Reczne skanery koddw kreskowych USB sg podtgczane do kontrolera (instalacje jednostanowiskowe) lub do
terminali (instalacje BOND-ADVANCE). Sa one uzywane do rejestracji odczynnikéw; mozna je réwniez
wykorzystac do identyfikacji szkietek, jesli uzywane s kody kreskowe 1D lub 2D (zob. 6.5.6 - Reczna
identyfikacja szkietka).

6 Jesli system BOND zostat zaktualizowany z poprzedniej wersji, mozna nadal korzystac z istniejgcego skanera
koddw kreskowych. Poprzedni model nie obstuguje jednak kodéw kreskowych 2D.

Reczny skaner kodoéw kreskowych powinien by¢ zainstalowany i sprawny po zamontowaniu systemu BOND.
Zob. 13.1 - Reczne skanery kodéw kreskowych, aby uzyskac instrukcje konserwacji i konfiguracji.

2.4.1 Korzystanie z recznego skanera koddw kreskowych

ﬁ Poprzedni skaner koddw kreskowych Symbol emituje $wiatto laserowe, natomiast nowszy skaner kodow
kreskowych Honeywell emituje $wiatto LED. Zapoznac sie z ostrzezeniem o zagrozeniu laserowym ponizej:

Niebezpieczenstwo zwigzane z laserem. Mozliwo$¢ powaznego urazu oczu. Unikac
bezposredniego kontaktu wzrokowego z laserem.

Aby odczytac kod kreskowy, nalezy skierowac na niego skaner i nacisng¢ przycisk. Wyrdéwnac skaner tak,
aby czerwona linia obejmowata petng szeroko$¢ kodu kreskowego. Po rozpoznaniu kodu kreskowego skaner
emituje sygnat dzwiekowy, a wskaznik zmienia kolor na zielony. W przypadku nierozpoznania kodu
kreskowego skaner emituje sygnat dzwiekowy, a wskaznik zmienia kolor na czerwony.

Nie trzymac koddw kreskowych zbyt blisko skanera. Jesli skaner nie rozpoznaje kodu kreskowego, nalezy
odsunac kod dalej od skanera.

Gdy skaner jest umieszczony w uchwycie, dziata automatycznie i nie trzeba naciskac przycisku w celu
odczytania kodu kreskowego.
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2.5 Drukarka etykiet do szkietek

Jednostanowiskowe systemy BOND wyposazone sg w jedng drukarke etykiet (nazywang ,,drukarka etykiet
do szkietek™) podtaczong do kontrolera. W instalacjach BOND-ADVANCE oddzielne drukarki etykiet do
szkietek sg podtaczone do poszczegdlnych terminali.

Drukarki etykiet do szkietek drukujg naklejane etykiety, ktore nakleja sie na szkietka w celu ich identyfikacji.
Wszystkie etykiety zawierajg unikalny identyfikator szkietka oznaczony jako kod kreskowy lub
alfanumeryczny (zob. 10.5.2 - Ustawienia przypadkéw i szkietek). BOND uzywa identyfikatorow do
automatycznego identyfikowania szkietek po zatadowaniu ich do modutéw przetwarzania. Mozna
skonfigurowac inne informacje, a takze identyfikatory, ktdre majg by¢ umieszczane na etykietach — zob.
10.3 - Labels (etykiety).

Niektdre laboratoria uzywaja etykiet szkietek wydrukowanych w systemie LIS, jednak drukarka etykiet do
szkietek BOND nadal stanowi cze$¢ tego systemu dla wszystkich szkietek tworzonych dla klienta klinicznego
BOND.

Drukarki etykiet do szkietek sg ustawiane podczas standardowego montazu BOND. W przypadku dodania
lub wymiany drukarki etykiet do szkietek nalezy skonfigurowac jg w na ekranie Hardware (urzadzenie)
klienta administracyjnego (zob. 10.6.3 - Slide Labelers (drukarki etykiet do szkietek)). W celu uzyskania
informacji na temat wymiany etykiet i taSmy oraz czyszczenia drukarki nalezy zapoznac sie z dostarczonymi
wraz z drukarka dokumentow.

Uzywac wylacznie etykiet szkietek i taSmy do druku BOND. Etykiety te pozostajg
naklejone i czytelne podczas obrdbki w urzgdzeniach BOND-III oraz BOND-MAX.

2.6 Wyposazenie pomocnicze

Ten rozdziat opisuje wyposazenie pomocnicze uzywane w systemie BOND.

o 2.6.1-Szkietka
« 2.6.2 - BOND Universal Covertiles
o 2.6.3 - Systemy odczynnikdw i pojemniki na odczynniki

2.6.1 Szkietka

W modutach przetwarzania BOND-III i BOND-MAX nalezy stosowac wytgcznie szkietka o odpowiednim
rozmiarze. Szkietka o niewtasciwym rozmiarze mogg nie uktadac sie prawidtowo w tacach na szkietka, a
szkietka nakrywkowe Covertile nie zostang odpowiednio osadzone. Oba te czynniki mogg wptyna¢ na jako$¢
barwienia.

Leica Biosystems zaleca szkietka Leica BOND Plus, ktére sg przeznaczone do stosowania w systemie BOND.
Poza optymalnym rozmiarem dla tacki na szkietka BOND i szkietek nakrywkowych Covertile, te dodatnio
natadowane szkietka sg oznaczone w celu wskazania obszaréw, w ktdrych tkanki powinny by¢ umieszczone
dla dawek 100 pli 150 pl (zob. 6.5.8 - Objetos¢ dozowania i pozycja tkanek na szkietkach).
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W przypadku korzystania z wkasnych szkietek nalezy upewnic sie, Ze spetniajg nastepujgce wymagania:

Wymiary Szerokosc¢: 24.64-26.0 mm (0.97-1.02 cala)
Dtugosc: 74.9-76.0 mm (2.95-2.99 cala)
Grubos¢: 0.8—1.3 mm (0.03-0.05 cala)

Miejsce na Szeroko$¢: 24.64-26.0 mm (0.97-1.02 cala)
etykiete Dtugosc: 16.9-21.0 mm (0.67-0.83 cala)
Materiat Szkio, ISO 8037/1

Nie uzywac uszkodzonych szkietek. Przed zatadowaniem do modutu przetwarzania
nalezy upewnic sie, ze wszystkie szkietka sg prawidtowo osadzone na tacach.

przez otwory tacy na szkietka i zmieni¢ przeptyw ptynu pod szkietkami
nakrywkowymi Covertile, wptywajac na jakos¢ barwienia.

2 Nie uzywac szkietek z zaokraglonymi lub przycietymi rogami. Szkietka te mogg spasc

2.6.2 BOND Universal Covertiles

BOND Universal Covertiles to przezroczyste ostony z tworzywa sztucznego,
ktére znajduja sie nad szkietkami podczas barwienia. Zjawisko kapilarne
pobiera odczynnik, ktory zostat dostarczony pomiedzy szkietka nakrywkowe
Covertile a szkietka, zapewniajac delikatne, rdwnomierne pokrycie tkanki.
Szkietka nakrywkowe Covertile minimalizujg ilo$¢ wymaganego odczynnika i
chronig szkietka przed wysuszeniem pomiedzy przebiegami. Szkietka
nakrywkowe Covertile to niezbedny element systemu barwienia BOND
i nalezy ich zawsze uzywac.

Umiescic szkietka nakrywkowe Covertile na szkietkach po umieszczeniu
szkietek w tacach na szkietka (zob. 4.1.3.5 - tadowanie szkietek). Upewnic
sie, ze szkietka nakrywkowe Covertile sg prawidtowo ustawione, tak aby
klucz znajdowat sie w szyjce szkietka nakrywkowego Covertile (zakresSlone
na zdjeciu, po prawej) w szczelinie tacy na szkietka.

Dostepne sg dwa rodzaje szkietek nakrywkowych Covertile — mozna je stosowac zamiennie. Nowa
konstrukcja zawiera elementy (stowo Leica, maty okragly znak i wystajacy element w lewej gornej czesci),
aby lepiej wskazywac, gdy szkietko nakrywkowe Covertile zostato nieprawidtowo umieszczone na szkietku.

Postac 2-28: BOND Universal Covertile (oryginalna konstrukcja)
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Postac 2-29: BOND Universal Covertile (nowa konstrukcja)

Szkietka nakrywkowe Covertile mogg by¢ uzywane wielokrotnie, do 25 razy, pod warunkiem, ze nie sg
uszkodzone lub mocno odbarwione, a takze pod warunkiem, ze sg prawidtowo czyszczone (zob.
12.3 - Szkietka nakrywkowe Covertile). Wyrzuci¢ uszkodzone szkietka nakrywkowe Covertile.

Niektdre systemy detekcji, na przyktad Bond™ Oracle™ HER2 IHC System oraz Leica HER2 FISH, wymagaijg
uzycia nowych (tj. nieuzywanych) szkietek nakrywkowych Covertile. Nalezy wczesniej zapoznac sie
z odpowiednig Instrukcjg obstugi.

2.6.2.1 Tace na szkietka

Za pomoca tac na szkietka przytrzymac szkietka i szkietka nakrywkowe Covertile w odpowiedniej pozycji
podczas zatadunku do modutu przetwarzania BOND-III lub BOND-MAX. Kazda taca moze pomiescic dziesie¢
szkietek.

Dostepne sg dwa rodzaje tac na szkietka — mozna je stosowac zamiennie.

Postac 2-30: Taca na szkietka (stara konstrukcja (po lewej) i nowa konstrukcja (po prawej))

Instrukcje dotyczace tadowania szkietek i szkietek nakrywkowych Covertile do modutu przetwarzania mozna
znalez¢ w czesci 4.1.3.5 - tadowanie szkietek.
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2.6.2.2 Tace na odczynniki

Taca na odczynniki przechowuje pojemniki z odczynnikami BOND 7 ml i 30 ml oraz pojemniki do
miareczkowania BOND 6 ml. Tace sg tadowane do modutu przetwarzania na platformie odczynnikéw (zob.
2.2.6.5 - Platforma odczynnikow).

Postac 2-31: Taca na odczynniki

Pozycje pojemnikéw na tacach na odczynniki sg ponumerowane od strony przeciwnej do uchwytu (pozycja
1) do pozycji najblizej uchwytu (pozycja 9).

Instrukcje dotyczace tadowania odczynnikéw do modutu przetwarzania znajduja sie w czesci
4.1.4 - tadowanie odczynnikow.
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2.6.3 Systemy odczynnikow i pojemniki na odczynniki

W tacach na odczynniki mozna uzywac réznych typéw pojemnikéw na odczynniki.

2.6.3.1 Systemy odczynnikow

Systemy odczynnikdw to wstepnie zdefiniowane zestawy odczynnikéw na tacy na odczynniki. System BOND
wykorzystuje trzy rodzaje systemoéw odczynnikow:

« Systemy detekcji BOND
« Systemy teranostyczne Leica
« Systemy czyszczenia BOND

Zob. 8.1 - Przeglad zarzadzania odczynnikami, aby dowiedziec sie wiecej o kazdym z tych systemow.

System odczynnikow jest rejestrowany przez zeskanowanie kodu kreskowego z boku tacy na odczynniki, a
nie poprzez skanowanie kodéw kreskowych poszczegdinych pojemnikéw. Pojemniki na odczynniki, ktdre
tworzg system, nie sg zarejestrowane pojedynczo, sg czescig tacy i nie powinny by¢ usuwane ani ponownie
uktadane. Po wyczerpaniu lub uptywie terminu waznosci systemu odczynnikéw nalezy wyrzucic¢ catg tace i
pojemniki.

2.6.3.2 Odczynniki gotowe do uzycia BOND

Odczynniki gotowe do uzycia BOND wykorzystujg pojemniki, ktdre pasujg do tac na odczynniki. Odczynniki
te sg dostarczane w stezeniach zoptymalizowanych dla systemu BOND, dlatego przed uzyciem nalezy je
tylko zarejestrowac i otworzy¢.

Pojemniki przechowujg rézne ilosci odczynnika, od 3.75 ml do 30 ml, w zaleznosci od rodzaju odczynnika.

2.6.3.3 Otwarte pojemniki

Otwarte pojemniki to puste i czyste pojemniki do przechowywania odczynnika dostarczanego przez
uzytkownika (na przyktad przeciwciata pierwszorzedowe). Sg dostepne w rozmiarach 7 mli 30 ml. Otwarte
pojemniki mogg by¢ uzywane tylko z jednym odczynnikiem i mozna je ponownie napetnié¢, tak aby kazdy
pojemnik mégt podawac maksymalnie 40 ml odczynnika (zob. Ponowne napetnianie otwartego pojemnika
na odczynnik (Section 8.3.2.4 on page 183)).

Tylko otwarte pojemniki BOND mogg by¢ uzywane w systemie BOND — nie uzywac innych pojemnikéw (za
wyjatkiem pojemnikéw do miareczkowania) do przechowywania odczynnikéw dostarczanych przez
uzytkownika.

2.6.3.4 Pojemniki do miareczkowania

Dostepne sg rowniez specjalne pojemniki do miareczkowania (zob. 14.2.1.4 - Zestaw do miareczkowania ).
Obejmujg one wyjmowang ptytke 6 ml umozliwiajaca tatwg wymiane odczynnika w pojemniku, na przykfad
podczas optymalizacji stezenia. Podobnie jak w przypadku otwartych pojemnikéw, kazdy pojemnik do
miareczkowania moze zostac¢ uzupetniony i uzyty do podania do 40 ml odczynnika bez ograniczen co do
liczby uzytych ptytek. Dziesie¢ ptytek jest dostarczanych wraz z pojemnikiem w zestawie do miareczkowania
BOND z Leica Biosystems.
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2. Urzadzenie

2.7 Przeniesienie urzadzenia

Skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta w celu transportu modutu roboczego na
duzg odlegtos¢ lub w celu naprawy lub utylizacji. Modut przetwarzania jest bardzo

ciezki i nie jest przeznaczony do przenoszenia przez uzytkownika.

Nie nalezy blokowac otwordw wentylacyjnych znajdujgcych sie na tylnej ostonie
urzadzenia. Nie nalezy réwniez zastania¢ otwordw wentylacyjnych znajdujacych sie
na drzwiach strzykawki (BOND-MAX).

W przypadku przenoszenia urzgdzenia BOND na niewielkg odlegto$¢ nalezy rozwazy¢ nastepujgce punkty
przed kontynuowaniem:

« Przed przeniesieniem upewnic sie, ze podtoga jest w stanie wytrzymac ciezar urzadzenia, zob.
18.2 - Dane fizyczne w czesci 18 - Specyfikacje, aby uzyska¢ wymiary, oraz przestrzegac lokalnych
wymagan.

« Przed uruchomieniem modutu przetwarzania nalezy ocenic Srodowisko elektromagnetyczne pod
katem zaktdcen.

« Nie uzywac urzgdzenia BOND w poblizu zrédet silnego promieniowania elektromagnetycznego. Na
przyktad nieekranowane celowe Zrddfa fal radiowych, ktdre mogg zaktocac prawidtowe dziatanie.

« Nie podnosi¢ urzgdzenia BOND za pomocg wdzka widtowego.

« Nalezy uzywac wylacznie dostarczonego przewodu zasilajgcego i upewnic sie, Zze operator ma dostep
do zigcza zasilania, do ktérego podigczony jest przewdd.

« Przed przeniesieniem upewnic sie, ze przewdd zasilajacy i kabel Ethernet sg odtgczone.

« Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

« Przed przeniesieniem oprézni¢ pojemniki na odpady.

« Odblokowac wszystkie cztery kétka urzadzenia BOND (lub wdzka w przypadku BOND-MAX) przed
przeniesieniem i ponownie zablokowa¢ w nowej lokalizacji.

2.8 Wycofanie z eksploatacji i utylizacja urzadzenia

Przyrzadu tego, w tym jego czesci i uzywanych nim akcesoriéw, nalezy pozbyc¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi
miejscowymi procedurami i przepisami. Uzywane wraz z tym przyrzagdem odczynniki nalezy utylizowac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed zwrotem lub pozbyciem sie tego przyrzadu lub jego czesci i akcesoridw nalezy je wyczyscic i odkazi¢
zgodnie z miejscowymi procedurami i przepisami.

W UE wszystkie odpady elektroniczne nalezy utylizowaé zgodnie z dyrektywg 2012/19/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Poza UE nalezy
przestrzegac¢ miejscowych procedur i przepiséw dotyczacych utylizacji odpaddw elektronicznych.

Jesli potrzebna jest pomoc, prosimy kontaktowac sie z miejscowym przedstawicielem firmy Leica
Biosystems.
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2. Urzadzenie

Strona celowo pozostawiona pusta.
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3. Przeglad oprogramowania
(Kontroler BOND )

Ten rozdziat ma pomaéc uzytkownikowi zapoznac sie z ogdlnymi funkcjami oprogramowania BOND. Aby
uzyskac instrukcje uzycia oprogramowania do uruchamiania modutdw przetwarzania i zarzadzania

szkietkami, przypadkami i odczynnikami, nalezy zapoznac sie z odpowiednimi rozdziatami. Zob. 10 - Klient

administracyjny (w kontrolerze BOND ), aby uzyskac instrukcje dla klienta administracyjnego.

« 3.1 - Architektura systemu

« 3.2 - Uruchamianie i wylgczanie oprogramowania BOND
« 3.3 - Role uzytkownika

« 3.4 -Przeglad interfejsu klienta klinicznego
« 3.5-BOND Dashboard

« 3.6 - Powiadomienia, ostrzezenia i alarmy
» 3.7 -Raporty

« 3.8-Pomoc

e 3.9-0 systemie BOND

« 3.10 - Definicje danych BOND

« 3.11 - Aktualizacje oprogramowania
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3. Przeglad oprogramowania (Kontroler BOND )

3.1 Architektura systemu

Oprogramowanie BOND w wersji 6.0 jest podobne do poprzednich wersji BOND w zakresie codziennego
uzytku, ale wyglad interfejsu zostat znacznie zmieniony.

Uzytkownicy obstugujg oprogramowanie BOND za pomocg dwoch ,klientéw” — dwa osobne programy. To
klient kliniczny (lub po prostu ,klient”) i klient administracyjny. Klient kliniczny jest przeznaczony do
codziennej pracy — do konfiguracji odczynnikdw, protokotow i przypadkdow oraz szkietek przygotowywanych
do przetwarzania, a nastepnie monitorowania i kontrolowania przebiegu modutu przetwarzania. Klient
administracyjny jest uzywany do konfiguracji ustawien zaawansowanych, ktére rzadko ulegajg zmianie po
wstepnej konfiguracji. Obejmujg one konfiguracje etykiet szkietek, potgczen urzadzenia i kont
uzytkownikdéw (zob. 10 - Klient administracyjny (w kontrolerze BOND )).

« 3.1.1 - Konfiguracja jednostanowiskowa
« 3.1.2 - BOND-ADVANCE
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3. Przeglad oprogramowania (Kontroler BOND )

3.1.1 Konfiguracja jednostanowiskowa

Instalacje jednostanowiskowe posiadajg tylko jeden ,kontroler BOND”, ktdry jest jedynym punktem
interakcji uzytkownika z oprogramowaniem BOND (a przez to kontroli nad modutami przetwarzania).
Kontroler BOND obstuguje oprogramowanie systemu i zarzgdza bazg danych, w ktorej przechowywane sg
informacje o przypadkach i szkietkach. Wyposazony jest w klawiature, mysz i monitor, a takze drukarke
etykiet do szkietek i skaner.

Istnieje limit pieciu modutdw przetwarzania w systemie jednostanowiskowym. Jesli potrzebnych jest wiecej
modutdw przetwarzania, nalezy przejs¢ na wersje BOND-ADVANCE.

1 2

o
!?W
W =
3 s [
N

h

Nr Nazwa (Postac 3-1)

1 Potaczenie LIS

2 Moduty przetwarzania (maksymalnie pie¢)
3 Klient kliniczny/Klient administracyjny

4 BONDKontroler

Postac 3-1: Schemat instalacji jednostanowiskowej
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3. Przeglad oprogramowania (Kontroler BOND )

3.1.2 BOND-ADVANCE

Instalacje BOND z wiecej niz piecioma modutami przetwarzania sg skonfigurowane jako wielostanowiskowe
instalacje BOND-ADVANCE. Kontroler BOND nadal kontroluje oprogramowanie catego systemu, ale
wiekszos¢ danych wejsciowych pochodzi z terminali BOND-ADVANCE znajdujgcych sie w poblizu grup
roboczych modutdw przetwarzania (zwanych ,,grupami” w oprogramowaniu BOND), ktére kontrolowane sg
przez terminale. Grupy sa zdefiniowane w kliencie administracyjnym.

Monitor podtgczony do kontrolera wyswietla komunikat ,,BOND Dashboard”, ktéry zawiera podsumowanie
stanu w czasie rzeczywistym dla kazdego modutu przetwarzania w systemie (zob. 3.5 - BOND Dashboard).
Jesli jest to konieczne, panel ten mozna réwniez podtgczy¢ do dedykowanego terminala. Klient
administracyjny moze zosta¢ uruchomiony z dowolnego terminalu.

Niektdre laboratoria mogg posiadac dodatkowy kontroler, ktéry wykonuje kopie zapasowe wszystkich
danych BOND w czasie rzeczywistym i moze zosta¢ aktywowany na wypadek awarii gtdwnego kontrolera.
Szczegotowe informacje mozna znalezé w czesci 16.2 - Przetgczanie na kontroler dodatkowy.

2 4

Postac 3-2: Schemat instalacji BOND-ADVANCE — terminale BOND-ADVANCE sterujg modutami
przetwarzania w grupach poprzez kontroler BOND-ADVANCE.

Nr Nazwa (Postac 3-2)
1 Moduty przetwarzania w grupach

2 BOND-ADVANCE Dashboard

3 Potgczenie LIS

4 Kontroler BOND-ADVANCE

5 Terminale BOND-ADVANCE
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3. Przeglad oprogramowania (Kontroler BOND )

3.2 Uruchamianie i wytgczanie oprogramowania BOND

Uruchamianie

Oprogramowanie BOND mozna uruchomi¢ przed lub po uruchomieniu dowolnego podtagczonego modutu
przetwarzania. Aby uruchomi¢ oprogramowanie:

1. Konfiguracja jednostanowiskowa: w razie potrzeby uruchomic kontroler BOND i zalogowac sie
do systemu Windowse jako uzytkownik ,,BONDUser”. W celu uzyskania hasta nalezy skontaktowac sie
z kierownikiem laboratorium. Uwaga: gdy system jest nowy, poczatkowe hasto nie jest
skonfigurowane.
BOND-ADVANCE: w razie potrzeby uruchomi¢ kontroler BOND-ADVANCE. Pulpit powinien zostac¢
otwarty automatycznie (jesli nie, dwukrotnie klikng¢ skrot BOND Dashboard na pulpicie Windows.
Nacisng¢ <F11>, aby ustawi¢ przegladarke Internet Explorer w trybie petnoekranowym).

Uruchomic potrzebny terminal i zalogowac sie do systemu Windows jako uzytkownik ,,BONDUser".
W celu uzyskania hasta nalezy skontaktowac sie z kierownikiem laboratorium. Uwaga: gdy system
jest nowy, poczatkowe hasto nie jest skonfigurowane.

6 Hasto BONDUser wygasa okresowo, wtedy po zalogowaniu konieczna jest zmiana hasta.

2. Dwukrotnie klikng¢ odpowiednig ikone pulpitu, aby uruchomic klienta klinicznego lub klienta
administracyjnego (oba te elementy mogg rowniez by¢ uruchomione jednoczesnie).

3. Wprowadzi¢ nazwe uzytkownika i hasto BOND.
W przypadku otwierania klienta klinicznego w systemie BOND-ADVANCE mozna wybrac grupe do
pofaczenia.

6 Klient kliniczny BOND-ADVANCE pamieta ostatnio wybrang grupe.

Hasto mozna zmieni¢ w oknie dialogowym logowania w dowolnym momencie. Nalezy przestrzega¢
procedur laboratoryjnych dotyczacych czestotliwosci zmian hasta i sity hasta. Oprogramowanie BOND
wymaga, aby hasto miato od 4 do 14 znakéw i zawierato co najmniej jedna cyfre.

4. Klikna¢ Log on (zaloguj sie).
System wyswietli ekran klienta klinicznego lub ekran klienta administracyjnego, zaleznie od wyboru.
Pasek tytutu wyswietla nazwe aktualnie zalogowanego uzytkownika. W przypadku uzytkowania po
innym uzytkowniku nalezy wylogowac tego uzytkownika i zalogowac sie na wtasne
konto.W przypadku BOND-ADVANCE pasek tytutu wyswietla réwniez obecnie wybrang grupe.

wrazliwe, nie uruchamiac innych aplikacji na kontrolerze BOND — spowoduje to
uniewaznienie gwarancji urzadzenia. Nie uzywac kontrolera BOND do ogdlnych
zastosowan komputerowych.

f Poniewaz oprogramowanie BOND kontroluje wazne urzgdzenia i przechowuje dane
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3. Przeglad oprogramowania (Kontroler BOND )

Tia pulpitu

Rézne tha pulpitu systemu Windows sg uzywane do rozrozniania typow aktualnie zalogowanych
uzytkownikdw systemu Windows oraz roli aktualnie podtgczonego kontrolera lub terminala.

Konfiguracja jednostanowiskowa

Zazwyczaj mozna zobaczy¢ tto ,,Kontroler BONDUser”, ale w przypadku obstugi przez serwisanta
wyswietlone zostanie tto ,,Kontroler BONDService”. Zob. Postac 3-3.

Jeica Jeica

BIOSYSTEMS

BIOSYSTEMS

3 09 & I

BOND BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

Postac 3-3: Tta pulpitu BOND: ,Kontroler BONDUser” i ,Kontroler BONDService”
BOND-ADVANCE

W tfach pulpitu BOND-ADVANCE ikony podtgczonego kontrolera lub terminala zmieniajg sie zgodnie z
wybranag rolg. Zob. przyktady na Postac 3-4.

J 3

Postac 3-4: Ikony terminala, samodzielnego kontrolera, gtdwnego sterownika i dodatkowego sterownika

Wyswietlane sg réwniez rdzne ikony reprezentujgce typ uzytkownika. Zob. Postac 3-5.

3 & ¥ 3

QO

Postac 3-5: Tkony BONDUser, BONDService, BONDControl i BONDDashboard
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3. Przeglad oprogramowania (Kontroler BOND )

Wylaczanie

Aby wytaczy¢ klienta klinicznego lub klienta administracyjnego, nalezy klikna¢ Log out (wyloguj Log out
sie) na pasku funkgji. W przypadku catkowitego wytgczania systemu BOND oprogramowanie «u
mozna wylgczy¢ przed lub po wytgczeniu modutéw przetwarzania.

Mozna wytgczy¢ klienta klinicznego w trakcie przebiegu, jezeli konieczna jest zmiana uzytkownika. Nie
nalezy pozostawiac dziatajgcego modutu przetwarzania bez otwartego klienta, gdyz alarmy i ostrzezenia nie
beda generowane. Nigdy nie wytgczac kontrolera BOND podczas przebiegu.

3.3 Role uzytkownika

Istnieja trzy role uzytkownika w systemie BOND:

« Operator: moze aktualizowac stan odczynnikdw, tworzyc¢ przypadki i szkietka, rozpoczynac
i kontrolowac przebieg barwienia, tworzy¢ i edytowac lekarzy oraz generowac raporty.

« Przetozony: tworzenie i edytowanie protokotéw, odczynnikéw i paneli.

« Administrator: ma dostep do klienta administracyjnego w celu zarzadzania uzytkownikami BOND
i konfigurowania ustawien catego systemu.

Uzytkownicy moga mie¢ wiele rdl. Przetozeni automatycznie otrzymuja role operatora. Wytgcznie
uzytkownicy o roli administratora mogg obstugiwac klienta administracyjnego oraz tylko uzytkownicy o roli
operatora lub przetozonego mogg obstugiwac klienta klinicznego.

Uzytkownicy i ich role sg konfigurowani w kliencie administracyjnym na ekranie Users (uzytkownicy) (zob.
10.1 - Users (uzytkownicy)).

Nazwa aktualnie zalogowanego uzytkownika jest wyswietlana na pasku tytutowym okna klienta.

3.4 Przeglad interfejsu klienta klinicznego

Na gorze i po lewej stronie ekranu klienta klinicznego znajduija sie funkcje wspdlne dla wszystkich stron
oprogramowania. Ten rozdziat opisuje te funkcje oraz ogdlne funkcje oprogramowania.

« 3.4.1 - Pasek funkcji

o 3.4.2 - Karty modutdéw przetwarzania

« 3.4.3 - Sortowanie tabel

e 3.4.4 - Format daty

3.4.1 Pasek funkgji

Pasek funkcji znajduje sie na gorze ekranu oprogramowania BOND i zapewnia szybki dostep do gtéwnych
elementéw oprogramowania BOND.

Slide setup
OF
3

Protocol setup

Reagent setup Search Log out

L R S .

Slide history Help

Klikng¢ ikone na pasku funkcji, aby przejs¢ do ekranu lub wykonac okreslong funkcje zgodnie z opisem
w ponizszej tabeli.
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Ikona Wyswietlany Cel
ekran (lub
wykonywana
funkcja)
. Konfiguracja Tworzenie przypadkow i ustawienia szkietek
BLDEELE szkietek w oprogramowaniu BOND.
O
é Wiecej informacji mozna znalez¢ w czesci 6 - Konfiguracja
szkietek (kontroler BOND ).
protcoreemn K;)(:\tfci)glj(téigsja Edytowanie protokotéw i zarzadzanie nimi.
P Wiecej informacji mozna znalez¢ w czesci 7 - Protokoty
(kontroler BOND ).
eramiasiy Konfigur.ac’ja Konfigur_aclja |.10wych o@czynni!«ﬁw, zarzgd’zanie zapasami
odczynnikow, odczynnikow i tworzenie paneli odczynnikdw (zestawy
°li zapasy markeréw uzywane do szybszego tworzenia szkietek).
odczynnikdw i . .. ., . .
panele Wiecej informacji mozna znalezé w czesci 8 - Zarzadzanie
odczynnikéw (3 odczynnikami (kontroler BOND ).
zakfadki)

Slide history

~

Historia szkietek

Wyswietlanie szczegdtdw szkietek, ktore zostaty uzyte
w systemie BOND, przegladanie szczegdtow
poszczegodlnych szkietek, przebiegdw i przypadkéw.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w czesci 9 - Historia
szkietek (kontroler BOND ).

Wyszukiwanie

Identyfikowanie szkietek, pojemnikdw na odczynniki i
systemow odczynnikéw poprzez skanowanie kodow
kreskowych lub reczne wprowadzanie identyfikatoréw
szkietka lub odczynnika. Wspdine okno dialogowe
wyszukiwania jest uzywane, gdy wyszukiwany element
(szkietko lub odczynnik) jest automatycznie
identyfikowany przez system.

Zob. 6.5.6 - Reczna identyfikacja szkietka lub
8.1.1.3 - Identyfikacja odczynnika, aby uzyskac wiecej
informacji.

Pomoc

Otwarcie niniejszej instrukcji obstugi.
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3. Przeglad oprogramowania (Kontroler BOND )

Ikona Wyswietlany Cel
ekran (lub
wykonywana
funkcja)

Wyloguj sie Wylogowanie z klienta.

Kopia zapasowa Kopia zapasowa bazy danych nie powiodfa sie.

nie powiodta si L - -
P . Wiecej informacji mozna znalez¢ w czesci 10.5.3 - Kopie

zapasowe bazy danych.

C Modut LIS nie jest | Modut LIS jest zamontowany, ale obecnie nie jest
EEE?I podtaczony podtaczony.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w czesci
11.3 - Podtaczanie i inicjalizacja LIS.

% Modut LIS Modut LIS jest zamontowany i podtaczony.
I podtaczony

Wiecej informacji mozna znalez¢ w czesci
11.3 - Podtaczanie i inicjalizacja LIS.

Powiadomienia LIS| Liczba oczekujgcych powiadomien LIS.

e Wiecej informacji mozna znalez¢ w czesci
us

~ 11.4 - Powiadomienia LIS.

W prawym gornym rogu ekranu znajduje sie logo Leica Biosystems. Klikna¢ logo, aby wyswietli¢ okno
dialogowe About BOND (o systemie BOND). Zob. 3.9 - O systemie BOND.

W prawym gérnym rogu ekranu mozna wyswietli¢ ikony ostrzezen i statusu. Zob. 11 - Pakiet integracji LIS
(kontroler BOND ) oraz 10.4.2 - Dziennik audytu.
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3. Przeglad oprogramowania (Kontroler BOND )

3.4.2 Karty modutow przetwarzania

Karty po lewej stronie interfejsu: System status (stan systemu), Protocol status (status protokotu) oraz
Maintenance (konserwacja) dla kazdego modutu przetwarzania w grupie, do ktérej podtgczony jest klient.
Na kartach znajduja sie informacje o biezgcym statusie poszczegdlnych modutdéw przetwarzania (zob.

5.1.1 - Karty modutéw przetwarzania).

BOND-MAX
L 3]

i 10236 AM
i 1040 AM
1033 AM

Postac 3-6: Karta modutu przetwarzania (BOND-MAX)

Ekrany System status (stan systemu) wyswietlajg stan poszczegdinych modutéw przetwarzania, podczas
gdy ekran Protocol status (status protokotu) pokazuje postep przebiegu protokotéw. Na ekranie
Maintenance (konserwacja) dostepne sg polecenia odpowiadajgce czynnosciom konserwacyjnym.

3.4.3 Sortowanie tabel

Wiele ekranéw w oprogramowaniu BOND wyswietla dane w tabelach. Klikng¢ nagtéwek kolumny, aby
posortowa¢ wedtug wartosci w tej kolumnie. Trdjkat w gore pojawia sie obok nagtéwka, aby wskaza¢, ze
tabela jest sortowana w kolejnosci rosngcej (0-9, A-Z). Klikng¢ ponownie, aby posortowac wedtug
kolejnosci malejacej; trojkat skierowany jest wtedy w dot.

Aby posortowac dwie kolumny, klikng¢ pierwszg kolumne, ktéra ma by¢ posortowana, a nastepnie
przytrzymac <Shift> i klikng¢ druga kolumne. Kolejno$¢ wartosci w pierwszej kolumnie nie ulegnie zmianie,
ale w przypadku wielu wierszy o tej samej wartosci w kolumnie pierwszej, wiersze sg uporzadkowane
wedtug wartosci w drugiej kolumnie.

Mozna réwniez zmieniac szeroko$¢ kolumn i przeciggna¢ kolumny do nowych pozycji w tabeli.

Wszelkie zmiany w sortowaniu tabeli, réwniez szerokosci kolumn i pozycji sg przechowywane do momentu
wylogowania.

3.4.4 Format daty

W przypadku instalacji jednostanowiskowej daty i godziny w oprogramowaniu i raportach wykorzystuja
formaty ustawione w systemie operacyjnym kontrolera BOND. Dla instalacji BOND-ADVANCE uzywane s
formaty ustawione w terminalach. Formaty krétkiej i dtugiej daty powinny mie¢ maksymalnie odpowiednio
12i 28 znakdw.
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3.5 BOND Dashboard

Dla instalacji BOND-ADVANCE panel wy$wietlany jest na monitorze podtagczonym do kontrolera lub
terminala. Zapewnia podsumowanie statusu wszystkich modutéw przetwarzania w systemie w czasie
rzeczywistym.

Postac 3-7: BOND Dashboard

Nr Nazwa (Postac 3-7)

Godzina i data

Moduty przetwarzania pokazujgce ostrzezenia

Moduty przetwarzania pokazujgce powiadomienia

Moduty przetwarzania z zakonczonymi przebiegami

| hrh[{WIN|[F

Poszczegdlne okna modutu przetwarzania pokazujace
status zespotdéw barwienia szkietek

W gornej czesci ekranu po prawej stronie okna daty i godziny znajduja sie trzy okienka pokazujace moduty
przetwarzania z ostrzezeniami (po lewej), powiadomieniami (w srodku) i zakornczonymi przebiegami (po
prawej). Jesli w danej kategorii znajduje sie wiecej niz jeden modut przetwarzania, okienka zmieniajg sie
zgodnie z kolejnoscia.
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Pod gérnym rzedem znajduja sie okienka dla kazdego modutu przetwarzania w systemie, uporzadkowane
alfabetycznie wedtug nazw (okreslanych w kliencie administracyjnym). Okienka przedstawiajg status
kazdego z trzech zespotow barwienia szkietek w modutach przetwarzania oraz wszystkich ogdlnych
wskaznikdw statusu, ktdre majg zastosowanie do wszystkich modutéw:

« Moduly przetwarzania z ostrzezeniami wyswietlane s z ikong ostrzezenia % i maja kolor czerwony.
« Moduty przetwarzania z powiadomieniami wy$wietlane sg z ikong powiadomienia B maja kolor
niebieski.

« Moduly przetwarzania z ukonczonymi przebiegami majg kolor zielony i wy$wietlane sg ze statusem
~Completed” (zakonczono) dla odpowiednich zespotéw barwienia szkietek.

LY
« Odtgczone moduly przetwarzania wyswietlane sg z ikong odtgczenia — #— .
_|" b

Moduty przetwarzania z ostrzezeniami, powiadomieniami lub zakonczonymi przebiegami sg wyswietlane w
odpowiedniej pozycji u gory ekranu, a poszczegdlne okienka w kolejnosci alfabetycznej ponizej.

3.5.1 Stan zespotu barwienia szkietek

Stan kazdego zespotu barwienia szkietek jest wyswietlany w oknach modutéw roboczych. Istniejg trzy
kategorie stanu:
. Locked (zablokowany) — wyswietlany po zablokowaniu tacy na szkietka. Czas nie jest wyswietlany.
« Processing (przetwarzanie) — rozpoczeto przetwarzanie tacy. Kolumna Time (czas) pokazuje
pozostaty czas przebiegu w godzinach, minutach i sekundach.
. Completed (ukonczone) — przetwarzanie zakoriczone. Kolumna Time (czas) pokazuje czas od
zakonczenia przebiegu w godzinach, minutach i sekundach.

Jesli zadna taca nie jest zablokowana, wiersz jest pusty.

Nie ma mozliwosci interakgji z pulpitem. Jesli pulpit wyswietla komunikat méwiacy, ze modut wymaga
uwagi, uzytkownik musi uzy¢ terminala BOND.
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3.6 Powiadomienia, ostrzezenia i alarmy

System BOND ma trzy poziomy alertéw: powiadomienie, ostrzezenie i alarm. Kazdy alert jest oznaczony
ikong, ktora pojawia sie na ekranie System status (stan systemu) lub obok elementu, ktdrego dotyczy
alert. Odpowiednia ikona alertu moze réwniez pojawic sie na karcie modutu przetwarzania, wskazujgc alert
niezaleznie od wy$wietlanego ekranu (zob. 5.1.1 - Karty modutéw przetwarzania). W BOND-ADVANCE alerty
wys$wietlane sg réwniez na panelu BOND Dashboard (3.5 - BOND Dashboard).

Klikniecie prawym przyciskiem myszy ikony alertu i wybdr Attention message (komunikat informacyjny)
uruchamia okno dialogowe opisujgce alert.

Ponizej opisano trzy poziomy alertéw i powigzane z nimi ikony.

© powiadomienie

State Dostarcza informacji o statusie, ktdry moze wymagac podjecia dziatan teraz
lub pdzniej w celu rozpoczecia przebiegu lub unikniecia pdzniejszego
opOznienia przetwarzania.
Ostrzezenie
Dziatanie jest wymagane teraz, aby unikna¢ opdznien w przetwarzaniu.

State Opoznienia w przetwarzaniu mogg negatywnie wptynaé na barwienie.

alarm
Migajacy Wymagane jest pilne dziatanie. Jesli urzadzenie byto w trakcie przetwarzania

szkietek, przetwarzanie zostato wstrzymane i nie mozna go wznowi¢ do
momentu usuniecia stanu alarmowego. Opdznienia w przetwarzaniu mogg
negatywnie wptynac na barwienie.

(zwtaszcza w trakcie przebiegu). Szybka reakcja moze pomdc unikng¢ negatywnego

f Nalezy zawsze czyta¢ komunikaty ostrzezen i alarmdéw zaraz po wyswietleniu ikony
wptywu na barwienie szkietek.

Zaleca sie rowniez bezzwtoczne dziatanie w przypadku powiadomien, ktére
wyswietlane sg w trakcie przebiegu.

3.7 Raporty

Oprogramowanie BOND generuje wiele raportdw. Sg one otwierane w ,,BOND Report Viewer” (przegladarka
raportéw) w nowym oknie. Informacje ogolne, takie jak czas, miejsce i urzadzenie, do ktoérego odnosi sie
raport, znajdujg sie w nagtéwkach raportu. Stopki stron raportu wskazujg godzine i date wygenerowania
raportu oraz numery stron.

Niektdre raporty, zwtaszcza te zawierajgce informacje o przypadkach, szkietkach lub odczynnikach, mogg
by¢ generowane przez kilka minut, zwtaszcza w laboratoriach z wieloma modutami przetwarzania i/lub
duzym obrocie.
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Przegladarka BOND oferuje niewielki zakres opcji nawigacji, wyswietlania i udostepniania. Oprécz
otwierania standardowego okna dialogowego drukowania w celu wyboru i konfiguracji drukarki lub wyboru
stron do drukowania, mozna réwniez eksportowac raporty w réznych formatach, w tym PDF, XLS, CSV i plik
tekstowy.

Mozna uzy¢ réznych skrétow klawiaturowych do nawigacji, np. Page Up, Page Down, Home (pierwsza
strona) i End (ostatnia strona). Inne funkcje sg rowniez dostepne za pomocg skrotow klawiaturowych, na
przyktad Ctrl-F wyswietla okno wyszukiwania, Ctrl-S otwiera okno zapisywania, a Ctrl-P otwiera okno
drukowania.

Raporty BOND sg dokumentowane w nastepujgcych czesciach:

« 5.3.1 - Raport dot. konserwacji

« 6.7 - Raport dot. podsumowania konfiguracji szkietka
« 7.5 - Raporty dot. protokotdéw

« 8.3.4 - Raport. dot. szczegotow rejestru

« 8.3.5 - Raport dot. uzycia odczynnika

« 9.4 - Raport dot. zdarzen podczas przebiegu

« 9.5 - Raport dot. szczegdtow przebiegu

« 9.6 - Raport dla przypadku

« 9.8 - Podsumowanie szkietek

« 9.10 - Krotka historia szkietek

Mozliwy jest réwniez eksport informacji o szkietkach w formacie CSV (wartosci rozdzielone przecinkami).
Zob. 9.9 - Eksport danych.

3.7.1 Starsze raporty

Jesli system BOND zostat uaktualniony z wersji oprogramowania 4.0, dane przypadku i szkietka sprzed
aktualizacji nie zostang przeniesione do biezacej bazy danych. Nadal dostepne sg poprzednie dane (tzw.
«Stare” dane). Aby uzyskac do nich dostep, otworzy¢ Start > All programs > Leica > BOND Legacy
Report Viewer (start > wszystkie programy > Leica > przegladarka starszych raportow). Otwierana jest
wersja 4.0 oprogramowania BOND. Wyswietlanie przetworzonych szkietek na ekranie Slide history
(historia szkietek) i tworzenie raportow w taki sam sposdb, jak w wers;ji 4.0.. Podobnie jak w wers;ji 4.0,
mozna drukowac raporty z okna raportu lub zapisa¢ je w formacie PDF. W tym celu nalezy wybrac File >
Print (plik > drukuj) a nastepnie Leica PDF Printer (drukarka PDF Leica) jako drukarke.

Nie tworzy¢ przypadkow ani szkietek w przegladarce Legacy Report Viewer BOND. Uzywac jej tylko do
przegladania starych danych i tworzenia raportéw.

3.8 Pomoc

Ikona Help (pomoc) na pasku funkgji, zaréwno w przypadku klientéw klinicznych, jak i Help
administracyjnych, otwiera niniejszg instrukcje obstugi. @
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3.9 O systemie BOND

Klikng¢ logo Leica Biosystems w prawym gérnym rogu ekranu, aby wyswietli¢ okno dialogowe About

BOND (o systemie BOND) z informacjami o systemie.

BOMND Software £ 2018

Software information

BOMD-HAX 23
Instrument

Senal number:
Trpe
B
BamM:

About BOND

eicoa

Postac 3-8: Okno dialogowe O systemie BOND

Wiekszos¢ informacji w oknie About BOND (o systemie BOND) jest przeznaczona dla personelu
serwisowego, jednak personel laboratorium moze skorzystac z pierwszej czesci, szczegdlnie podczas

rozmowy z dziatem obstugi klienta.

Informacje zawarte w pierwszej czesci:

« Wersja oprogramowania: numer wersji oprogramowania.

« Uzytkownik BOND: nazwa biezgcego uzytkownika.

« Role uzytkownika BOND: nazwa biezacej roli uzytkownika.

« Jezyk: biezacy jezyk.

« Wersja bazy danych: wersja bazy danych (dotyczy struktury bazy danych).
« Wersja danych: wersja danych wczytanych do bazy danych.
« Informacje o regionie: region wybrany w systemie (ustawiany podczas instalacji).

Informacje z okna dialogowego mozna zapisa¢ w pliku tekstowym — klikng¢ Report (raport) i wybrac

lokalizacje, aby zapisac plik.
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Dziennik serwisowy

W kliencie administracyjnym mozna wygenerowac raporty dziennika serwisowego w oknie dialogowym
About BOND (o systemie BOND). Zazwyczaj wykonywane jest to na zgdanie serwisanta. Aby utworzy¢
dziennik serwisowy:

1. Kliknac¢ Service log (dziennik serwisowy) w oknie dialogowym About BOND (o systemie BOND).
2. Wybra¢ modut przetwarzania, *System* (system) w celu utworzenia raportu zdarzen zwigzanych z
oprogramowaniem lub kontrolerem w systemie BOND lub *LIS* (LIS) dla zdarzen zwigzanych z

systemem LIS.
3. Wybrac przedziat czasowy raportu lub klikng¢ Last seven days (ostatnie siedem dni).
4. Klikna¢ Generate (generuj), aby wygenerowac raport.
5. Raport pojawi sie w przegladarce raportéw — zob. 3.7 - Raporty.

3.10 Definicje danych BOND

Kontroler BOND przechowuje definicje danych, ktére zawierajg wszystkie szczegdty odczynnika i protokotu
dla catego systemu. Przechowywane sg tam rowniez domyslne protokoty oraz szczegoéty odczynnikdéw i
systemow odczynnikéw Leica Biosystems.

3.10.1 Aktualizacje definicji danych

Leica Biosystems okresowo publikuje aktualizacje definicji danych na stronie internetowej, np. w celu
dodania nowo wprowadzonych odczynnikéw. Zob. 10.4 - BDD w celu aktualizacji definicji danych.

Podczas aktualizacji definicji danych nalezy korzysta¢ wytacznie z plikéw aktualizacji w formacie .bdd.

Aktualna wersja danych wys$wietlana jest w oknie dialogowym About BOND (o systemie BOND). Aby
wyswietli¢ te okno dialogowe, nalezy klikng¢ logo Leica Biosystems w prawym gérnym rogu ekranu
oprogramowania BOND. Zob. réwniez 3.9 - O systemie BOND (o systemie BOND).

3.11  Aktualizacje oprogramowania

Leica Biosystems moze udostepniac aktualizacje oprogramowania, poniewaz system BOND jest stale
rozwijany. Aktualizacje mogg dotyczy¢ oprogramowania gtéwnego lub bazy danych zawierajgcej protokoty
domysline, odczynniki i systemy odczynnikdw.

Numer aktualnej wersji oprogramowania mozna znalez¢ w czesci About BOND (o systemie BOND) (zob.
3.9 - O systemie BOND). Wersja danych jest rowniez wyswietlana w oknie dialogowym About BOND
(o systemie BOND).
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Ten rozdziat ma na celu opisanie pierwszego przebiegu przy uzyciu systemu BOND. Utworzony zostanie
przyktadowy przypadek, skonfigurowane i przetworzone zostang cztery szkietka oraz wykonane zostang
testy gotowych do uzycia przeciwciat BOND *CD5, *CD3, *CD10 i *Bcl-6. W przypadku tych przeciwciat
stosowane sg domysiny protokédt i system wykrywania: *Protokét IHC F i BOND Polymer Refine. Opisane
procedury dotyczg rowniez sond i protokotow ISH (wystarczy zamienic przeciwciato na sonde i protokdt IHC
na ISH).

4.1 BOND-III oraz BOND-MAX

Przed rozpoczeciem nalezy zapoznac sie z odpowiednimi cze$ciami rozdziatéw 2 - Urzadzenie oraz
3 - Przeglad oprogramowania (Kontroler BOND ) w niniejszej instrukcji.

« 4.1.1 - Kontrole wstepne i uruchomienie
« 4.1.2 - Kontrole protokotu i odczynnikdw
« 4.1.3 - Konfigurowanie szkietek

o 4.1.4 - tadowanie odczynnikdw

« 4.1.5 - Uruchamianie protokotu

« 4.1.6 - Konczenie przebiegu

4.1.1 Kontrole wstepne i uruchomienie

Przed rozpoczeciem przebiegu nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania jest czysty i ze wszystkie zadania konserwacyjne zostaty
wykonane (zob. 12.1 - Harmonogram czyszczenia i konserwaciji).

Codzienne zadania przed uruchomieniem to:

i. Sprawdzi¢, czy zbiorcze pojemniki na odpady sg maksymalnie w potowie petne; w biezgcym
modelu BOND-MAX, nalezy uzyc¢ biatej poziomej linii na etykiecie pojemnika jako wskaznika
potowy poziomu — zob. Postac 12-3.

ii. Sprawdzenie, czy zbiorcze pojemniki na odczynniki sg przynajmniej w potowie petne oraz czy
zawierajg odpowiedni odczynnik.

2. Sprawdzic¢ bloki myjace i stacje mieszania — w razie potrzeby wyczysci¢ lub wymienic.

3. Upewnienie sig, ze drukarka etykiet do szkietek ma odpowiedni zapas etykiet.

4. Jesli modut przetwarzania i kontroler (oraz terminal w przypadku BOND-ADVANCE) nie sg wigczone,
nalezy je wiaczyc.

5. Gdy kontroler lub terminal jest uruchomiony, nalezy uruchomic klienta klinicznego.

6. Po uruchomieniu oprogramowania nalezy sprawdzi¢ ekrany Status (status), aby upewnic sie, ze nie
ma powiadomien z modutu przetwarzania. Przed probg wykonania przebiegu szkietek nalezy usungé
powiadomienia.

7. Wiaczyc drukarke etykiet do szkietek.
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4.1.2 Kontrole protokotu i odczynnikéw

Nalezy sprawdzi¢, czy protokoty i odczynniki, ktére majg by¢ wykorzystywane w przebiegu, sg
skonfigurowane w oprogramowaniu.

Aby sprawdzi¢ protokoty:

1. Wybrac opcje Protocol setup (konfiguracja protokotu) (po prawej stronie) na pasku Pm‘:;o' e
funkcji.
2. Sprawdzi¢, czy w tabeli znajduje sie ,,*IHC Protocol F”.

Jezeli protokét nie znajduje sie na liscie, nalezy wybrac opcje All (wszystkie) w filtrze Preferred status
(preferowany status) u dotu ekranu (zob. 7.2 - Ekran konfiguracji protokotow)

3. Wybrac protokoét z tabeli, klikngé Open (otworz) i zanotowac preferowany system detekcji w oknie
dialogowym Edit protocol properties (edytuj wtasciwosci protokotu); BOND Polymer Refine
Detection.

Upewnic sie, ze protokot zostat wybrany jako Preferred (preferowany) w gornej czesci okna
dialogowego (jesli protokot nie jest ustawiony jako preferowany, zmieni¢ to moze uzytkownik
zalogowany jako przetozony).

Aby sprawdzi¢ odczynniki:
Ta kontrola zaktada posiadanie zapasu wymaganych przeciwciat i systemu detekcji, oraz ze Reagent setup
zostaty one zarejestrowane w rejestrze odczynnikow BOND. Zob. 8.3.3 - Rejestrowanie °|j

odczynnikdw i systemow odczynnikdw.

1. Wybrac opcje Reagent setup (konfiguracja odczynnikow) (po prawej stronie) na pasku funkcji.

2. Na karcie Setup (konfiguracja) wybrac Primaries (pierwszorzedowe) dla opcji Reagent type (typ
odczynnikéw), Leica Microsystems dla opcji Supplier (dostawca) oraz All (wsyzstkie) dla opcji
Preferred status (preferowany status) w filtrach u dotu ekranu.

3. Zlokalizowac¢ wszystkie potrzebne przeciwciata (*CD5, *CD3, *CD10 i *Bcl-6) i klikng¢ dwukrotnie,
aby otworzy¢ okno dialogowe Edit reagent properties (edytuj wtasciwosci odczynnika):

i. Klikng¢ Restore factory default protocols (przywrd¢ domysine protokoty) (aby przywrocic
ustawienia fabryczne, nalezy zalogowac sie jako przetozony). Dzieki temu ustawiany jest
domysliny protokdét barwienia *protokdt IHC F i domysine protokoty obrobki wstepnej.

ii. Upewnic sie, ze odczynnik jest sprawdzany jako Preferred (preferowany) (nalezy zalogowac
sie w roli przetozonego, aby ustawi¢ odczynnik jako preferowany).

iii. Klikng¢ Save (zapisz).

4. Nastepnie przej$¢ do karty Inventory (rejestr) i wybra¢ Reagent containers (pojemniki na
odczynniki) dla opcji Package type (typ pakietu), Primaries (pierwszorzedowe) dla opcji Reagent
type (typ odczynnika), In stock (w rejestrze) dla opcji Inventory status (status rejestru), Leica
Microsystems dla opcji Supplier (dostawca) oraz Preferred (preferowany) dla opcji Preferred
status (preferowany status) w filtrach u dotu ekranu.

Wszystkie potrzebne przeciwciata powinny pojawic sie wraz z dostepnymi objetosciami.

Upewnic sie, ze dla kazdego przeciwciata dostepna jest wystarczajgca objetosc.

5. Na tej samej karcie wybra¢ BOND detection systems (systemy detekcji BOND) jako Package
type (typ pakietu) oraz In stock (w rejestrze) dla Inventory status (status rejestru). Sprawdz,
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czy preferowany system detekcji, BOND Polymer Refine Detection znajduje sie w tabeli i ze
dostepna jest wystarczajgca objetosc (zob. 8.3.1.1 - Raportowanie objetosci w przypadku systeméw

detekdji).
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4.1.3 Konfigurowanie szkietek

W tej czesci opisano procesy wprowadzania do systemu BOND szczegdtdw koniecznych do Slide setup
barwienia szkietek oraz fizycznego umieszczania szkietek w module przetwarzania. %;]

Dziatania oprogramowania opisane w tej cze$ci sg wykonywane na ekranie Slide setup
(konfiguracja szkietek). Aby wyswietli¢ ten ekran, nalezy klikngc ikone Slide setup (konfiguracja
szkietek) na pasku funkciji.

Zob. czesci:
« 4.1.3.1 - Wprowadzanie szczegotow przypadku
o 4.1.3.2 - Wprowadzanie szczegdtow szkietka
« 4.1.3.3 - Probki kontrolne

« 4.1.3.4 - Etykietowanie szkietek
« 4.1.3.5 - tadowanie szkietek

4.1.3.1 Wprowadzanie szczegotdw przypadku

Najpierw nalezy w oprogramowaniu utworzy¢ ,przypadek” dla probki pacjenta. Dla przyktadu imie
i nazwisko pacjenta to A. Edward, identyfikator przypadku 3688, a lekarz prowadzacy to dr Smith.

1. Klikng¢ Add case (dodaj przypadek) na ekranie Slide setup (konfiguracja szkietek).
Oprogramowanie wys$wietli okno dialogowe Add case (dodaj przypadek).

Ack case

Case 10

Patient name

G pommants:

Doctar: Seith -
Mamange (g

Case H®

LCresparrese vodume 1040 ol
o 150l

Prepaation proioel "Dhgmee -

Figure 4-1: Okno dialogowe Add case (dodaj przypadek)

2. Klikng¢ Case ID (ID przypadku) i wpisac ,,3688".

Klikng¢ Patient name (imie i nazwisko pacjenta) i wpisa¢ ,,Edward, A”.

4. Klikng¢ Manage doctors (zarzadzanie lekarzami), aby otworzy¢ okno dialogowe Manage doctors
(zarzadzanie lekarzami). Nastepnie klikng¢ Add (dodaj), aby otworzy¢ okno dialogowe Add doctor
(dodaj lekarza) i wpisac ,,Smith” w polu Name (imie i nazwisko). Upewni¢ sie, ze zaznaczone jest pole
wyboru Preferred (preferowany). Klikng¢ Save (zapisz).

5. Wybrac ,Smith” i klikng¢ OK w oknie dialogowym Manage doctors (zarzadzanie lekarzami).

6. Wybra¢ dawke 150 pl jako domyslng. Ustawienie to moze zostac zastgpione podczas konfiguracji
szkietka, jesli to konieczne.

w
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7. Wybrac¢ *Dewax (odparafinowanie) lub *Bake and Dewax (podgrzewanie i odparafinowanie) w polu
Preparation protocol (protokot przygotowania) w celu ustawienia domysinego sposobu
przygotowywania szkietek w przypadku. Ustawienie to moze zostac zastgpione podczas konfiguracji
szkietka, jesli to konieczne.

8. Klikngc¢ OK, aby zamknac okno dialogowe Add case (dodaj przypadek) — w tabeli po lewej stronie
ekranu Slide setup (konfiguracja szkietek) wyswietlany jest nowy przypadek.

Wiecej informacji na temat pracy z przypadkami mozna znalez¢ w czesci 6.3 - Praca z przypadkami.

4.1.3.2 Wprowadzanie szczegotdw szkietka

W nastepnym etapie nalezy w oprogramowaniu utworzy¢ ,szkietka” dla kazdego z czterech fizycznych
szkietek:

1. Wybrac¢ ID nowego przypadku 3688 z listy przypadkdéw po lewej stronie ekranu.
2. Klikng¢ Add slide (dodaj szkietko), aby wyswietli¢ okno dialogowe Add slide (dodaj szkietko).

Edward, A.

Case ID:
3688

Doctor:
Smith

Slide ID:

Case N°:
53

Case comments:

Date created:
04-Sep-13 7:53:56 AM

Add slide

Tissue type: Dispense volume:

« Testtissue
Negative tissue
Positive tissue

Staining mode:

100 pL
V) 150 L

Single n Routine

Single

Process: ¥ IHC ISH
Marker: *CD5 (4C7) -
Protocols
Staining: *IHC Protocol F -
Preparation: *Dewax -
HIER: *HIER 20 min with ER2 | - |
Enzyme: -
Add slide Close

Figure 4-2: Okno dialogowe Add slide (dodaj szkietko)

3. Opcjonalnie dodac¢ komentarz dotyczacy tego szkietka.

4. Upewnic sie, ze wybrano Test tissue (tkanka testowa) jako typ tkanki.

5. Wybrac objeto$¢ dozowania odpowiednig dla modutu przetwarzania i rozmiaru tkanki (zob.
6.5.8 - Objetos¢ dozowania i pozycja tkanek na szkietkach).
Zaktadamy, ze szkietka bedg przetwarzane w urzgdzeniu BOND, dlatego nalezy ustawic objetos¢
dozowania na 150 pl.

6. Wybrac opcje Single (pojedynczy) oraz Routine (rutynowy) w menu Staining mode (tryb
barwienia).

7. Klikng¢ IHC, aby okresli¢ proces IHC.

8. Wybraé *CD5 (4C7) z listy Marker (marker).
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4. Szybkie uruchamianie

Na karcie Protocols (protokoty) oprogramowanie automatycznie wprowadza zestaw protokotdw
przygotowywania dla przypadku oraz domysine protokoty barwienia i odstaniania dla *CD5.

9. Klikng¢ przycisk Add slide (dodaj szkietko).
Szkietko zostanie dodane do listy szkietek po prawej stronie ekranu Slide setup (konfiguracja
szkietek). Okno dialogowe Add slide (dodaj szkietko) pozostaje otwarte.

10. Powtorzy¢ kroki 8 — 9 trzy razy i wybra¢ *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) i *Bcl-6 (LN22) jako markery
w kroku 8.

11. Po dodaniu wszystkich szkietek klikng¢ Close (zamknij), aby zamkna¢ okno dialogowe Add slide
(dodaj szkietko).

12.Szczegbty mozna przejrzec na liscie szkietek.

1 00000002
*CD5

*IHCF *D *— *H2(20)

2 00000003

3 00000004
*CD10

*}IHCF *D *— *H2(20)

4 00000005
*Bcl

*IHCF *D *— *H2(20)

Figure 4-3: Cztery szkietka skonfigurowane na ekranie Slide setup (konfiguracja szkietek)

Aby zmienic¢ szczegoty szkietka, nalezy klikng¢ dwukrotnie szkietko, aby otworzy¢ okno dialogowe
Slide properties (wtasciwosci szkietka), zmieni¢ szczegdty, a nastepnie klikng¢ przycisk OK.

Wiecej informacji na temat pracy ze szkietkami mozna znalez¢é w czesci 6.5 - Praca ze szkietkami .

Mozna uzy¢ paneli, aby szybko dodac kilka czesto uzywanych szkietek. Opis paneli i sposobu ich tworzenia
i wykorzystywania znajduje sie w czesci 8.4 - Ekran paneli odczynnikéw.

4.1.3.3 Prébki kontrolne

Zawsze uzywac prébek kontrolnych w systemie BOND. Zalecamy umieszczenie odpowiedniej tkanki
kontrolnej na tych samych szkietkach, na ktdrych umieszczona jest tkanka pacjenta. Dodatkowo mozna
utworzy¢ oddzielne badanie specjalnie dla szkietek kontrolnych. Wiecej informacji w czesci 6.2 - Praca

z prébkami kontrolnymi.
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4. Szybkie uruchamianie

4.1.3.4 Etykietowanie szkietek

Mozna teraz wydrukowac etykiety do szkietek i nakleic je na szkietka:

1. Klikng¢ Print labels (drukuj etykiety) na ekranie Slide setup (konfiguracja szkietek).

2. Klikng¢ All slide labels not yet printed (wszystkie niewydrukowane etykiety szkietek),
a nastepnie Print (drukuj).
Etykiety sg drukowane.

3. Upewnic sie, ze matowa powierzchnia szkietka, gdzie naklejana bedzie etykieta, jest sucha,
a nastepnie naklei¢ etykiete z ID lub kodem kreskowym szkietka ustawionym réwnolegle wzgledem
krawedzi szkietka. Etykieta powinna znajdowac sie po wiasciwej stronie szkietka, kiedy szkietko jest
przytrzymywane, tak aby etykieta byta u gory.

000055

01278 CPVWARHERE

v

Figure 4-4: Prawidtowo naklejona etykieta

Wiecej informacji mozna znalez¢ w czesci 6.6 - Etykietowanie szkietek.

4.1.3.5 tadowanie szkietek

Szkietka zatadowac w nastepujacy sposob:

1. Trzymac szkietko za koniec etykiety z probka na goérze.
2. Ustawic szkietko w pustej pozycji na tacy na szkietka, tak aby koniec szkietka znajdowat na
wagtebieniu tacy (zob. Figure 4-5). Umiescic¢ szkietko tak, aby znalazto sie w zagtebieniu na tacy.

Figure 4-5: Ustawianie szkietka na tacy na szkietka
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4. Szybkie uruchamianie

3. Przytrzymac szkietko nakrywkowe Covertile za koniec i umiescic je na szkietku, dopasowujac szyjke
Covertile do zagtebienia na tacy na szkietka (zaznaczone na Figure 4-6). Dzieki nowej konstrukgji
szkietek nakrywkowych Covertile stowo , Leica” nadrukowane na szkietku powinno byc czytelne, co
potwierdza, ze szkietko nakrywkowe Covertile jest utozone prawidtowo.

Figure 4-6: Ustawianie szkietek nakrywkowych Covertile na szkietku

4. Po zatadowaniu wszystkich szkietek i szkietek nakrywkowych Covertile na tace, nalezy unies¢ tace
i ustawi¢ koniec na poczatku zespotu barwienia szkietek. Wsungc tace do samego konca modutu.
Taca powinna tatwo sie wsunac i kliknaé, gdy znajdzie sie na wiasciwym miejscu.
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4. Szybkie uruchamianie

4.1.4 tadowanie odczynnikéw

System detekcji (BOND Polymer Refine) i pojemniki na markery (dla *CD5, *CD3, *CD10 i *Bcl-6) nalezy
umiesci¢ w module przetwarzania.

Pojemniki na odczynniki moga przewrdcic sie podczas transportu, pozostawiajgc
= resztki odczynnika wokot pokrywy. Podczas otwierania pojemnikéw na odczynniki
= nalezy zawsze nosic zatwierdzone $rodki ochrony oczu, rekawice i odziez ochronna.

- -

Aby zatadowac odczynniki do modutu przetwarzania BOND-III lub BOND-MAX, nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:
1. Umiesci¢ pojemniki na markery w tacach na odczynniki, wyréwnujgc rowki na pojemnikach
z wgtebieniami w komorze tacy. Dociska¢ pojemniki w dét do ustyszenia klikniecia.
W razie potrzeby pojemniki na markery mozna umiesci¢ w zapasowych komorach tacy systemu
detekcji.

Figure 4-7: Pojemnik na odczynniki na tacy na odczynniki
(Strzatki wskazujg rowki w pojemniku na odczynniki i na tacy na odczynniki)

2. Otworzy¢ wszystkie pojemniki na markery i pojemniki systemu detekcji. Otworzy¢ pokrywy i cofngc je
tak, aby zablokowaty sie z tytu pojemnikdw.

3. Upewnic sie, ze etykiety z kodami kreskowymi sg doktadnie przyklejone do pojemnikéw — docisngc
wszystkie unoszgce sie etykiety.
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4. Szybkie uruchamianie

4, Zatadowac tace na odczynniki do platformy odczynnikdw modutu przetwarzania. Uzy¢ prowadnic
platformy, aby prawidtowo wsungc¢ tace.
Gdy taca dotrze do konca platformy, powinna zosta¢ zablokowana. Dioda LED tacy zmieni kolor na
zielony, wskazujac na prawidtowe potozenie tacy.

Nr Nazwa (Postac 4-8)
1 Mechanizm blokujacy tacy

2 Port blokujgcy modutu przetwarzania

Postac 4-8: Wkifadanie tacy na odczynniki
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4. Szybkie uruchamianie

5. W oprogramowaniu klikng¢ karte modutu przetwarzania, aby wyswietli¢ ekran System status (stan
systemu).
Kolumna odczynnika jest wyswietlana w jasniejszym kolorze z ciemng obwddka, co wskazuie, ze taca
bedzie obrazowana. System BOND odczytuje identyfikatory na odczynnikach zaraz po udostepnieniu
gtéwnego robota, a nastepnie aktualizuje ikony odczynnikow.

EEE——
-
*CD5 ”‘&
“C030
i1 ]
"CO10 =
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=
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Figure 4-9: Status tacy na odczynniki przedstawiony na ekranie stanu systemu

W przypadku jakichkolwiek problemdw z odczynnikami oprogramowanie wy$wietla ikone ostrzezenia
na tym ekranie. Klikng¢ prawym przyciskiem myszy ikone, aby uzyskac wiecej informacji (zob.
5.1.3.4 - Rozwigzywanie problemdw z odczynnikami).

Nalezy zauwazy¢, ze tace na odczynniki mozna wyjg¢ w dowolnym momencie, gdy dioda LED tacy $wieci na
zielono. Jesli odczynnik na tacy bedzie wymagany w ciggu 2 minut, dioda LED zmieni kolor na czerwony,
wskazujgc ze taca jest zablokowana (zob. 2.2.6.5 - Platforma odczynnikdw).
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4. Szybkie uruchamianie

4.1.5 Uruchamianie protokotu

Po skonfigurowaniu i zatadowaniu szkietek i odczynnikéw do modutu przetwarzania mozna rozpoczac
przetwarzanie.

1.
2.

O

O

Upewnic sie, ze pokrywa modutu przetwarzania jest zamknieta.

Nacisngc¢ przycisk Load/Unload (zataduj/wytaduj) na ostonie przedniej pod zatadowang tacg na
szkietka.

BOND-III lub BOND-MAX blokuje tace, a dioda LED tacy na szkietka powinna zmienic kolor na
pomaranczowy.

Zwrdci¢ uwage na dzwiek blokady tacy na szkietka — jesli wystepujg jakiekolwiek gtosne pekniecia lub
klikniecia, prawdopodobnie szkietka nakrywkowe Covertile sg utozone nieprawidtowo. W takim
przypadku nalezy odblokowac tace, wyjgc i sprawdzi¢ szkietka oraz szkietka nakrywkowe Covertile.

Gdy tylko gtéwny robot jest dostepny, system BOND obrazuje szkietka.

Jesli ktorykolwiek z wymaganych odczynnikéw nie jest dostepny, oprogramowanie wyswietla ikone
ostrzezenia pod listg szkietek. Klikng¢ ikone prawym przyciskiem myszy, aby uzyskac wiecej
informacji.

Jesli brak nierozpoznanych lub niekompatybilnych szkietek, sg one gotowe do rozpoczecia przebiegu

barwienia. Pasek postepu bedzie znajdowat sie w fazie poczatkowej (zob. 5.1.6.2 - Postep przebiegu)
a status przebiegu zmieni sie na Slides ready (szkietka gotowe) (zob. 5.1.6.1 - Status przebiegu).

Klikngc —, aby uruchomic protokdt (mozna tez wybra¢ uruchomienie urzadzenia pézniej; patrz
5.1.8 - Opdznione uruchomienie).

System zaplanuje przebieg, pasek postepu zmieni sie na faze przetwarzania, a status przebiegu
zmieni sie na Proc (OK) (przetw. (OK)).

Uruchamiac nalezy tylko jeden przebieg naraz, a nastepnie odczekac 1-2 minuty przed rozpoczeciem
kolejnego przebiegu. Odczekac chwile po rozpoczeciu kazdego przebiegu, aby upewnic sie, ze zostat
on pomyslnie uruchomiony. Jesli nie, status przebiegu zostanie zmieniony na Rejected/Slides
ready (odrzucone/szkietka gotowe). Zob. 5.1.6.1 - Status przebiegu.

Podczas przetwarzania przebiegu przycisk Load/Unload (zataduj/wytaduj) dla zespotu barwienia szkietek nie
zwalnia tacy na szkietka.

Kliknac KB pod tacg na ekranie System status (status systemu), aby anulowac przebieg (zob.

5.1.7 -

Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przebiegu).
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4. Szybkie uruchamianie

4.1.6 Konczenie przebiegu

Po zakonczeniu przebiegu przetwarzania ikona modutu przetwarzania miga (zob. 5.1.1 - Karty modutéw
przetwarzania). Jesli podczas przebiegu wystapity nieoczekiwane zdarzenia, tekst wyswietlany jest na
czerwono, a symbol powiadomienia wyswietlany jest pod tacg i na szkietkach. W takim przypadku nalezy
sprawdzi¢ ekran System status (stan systemu), aby wyswietli¢ ikony ostrzezen i klikng¢ prawym
przyciskiem myszy, aby wyswietli¢ ich szczegoty. Nalezy réwniez sprawdzi¢ raport dot. zdarzen podczas
przebiegu (zob. 9.4 - Raport dot. zdarzen podczas przebiegu), aby zobaczy¢ inne informacje dotyczace
problemdw podczas przebiegu.

Po zakonczeniu przebiegu:

1.

O

5.

Wyjac tace na odczynniki.

Szczelnie zamkngc¢ pokrywy pojemnikéw na odczynniki, aby zapobiec wyparowaniu odczynnikow
i przechowywac odczynniki natychmiast po uzyciu zgodnie z zaleceniami na etykiecie lub karcie
charakterystyki odczynnika.

Nacisng¢ przycisk Load/Unload (zataduj/wytaduj) i wyjgc tace z modutu przetwarzania.

Nastuchiwac dzwieku pekniec lub kliknie¢ podczas wytadowywania tacy. W takim przypadku nalezy
sprawdzi¢ zesp6t barwienia szkietek i pobliskie elementy pod katem uszkodzonych szkietek. W mato
prawdopodobnym przypadku zgniecenia nieprawidtowo wyréwnanego szkietka nalezy skontaktowac
sie z dziatem obstugi klienta.

Umiescic tace na szkietka na ptaskiej, stabilnej powierzchni. Zdjac szkietka nakrywkowe Covertile,
przytrzymujgc etykiete szkietka, a nastepnie ostroznie naciskajgc na szyjke szkietka Covertile, aby
zdjac koniec szkietka nakrywkowego Covertile ze szkietka.

Nie przesuwac szkietka nakrywkowego Covertile po powierzchni szkietka, poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenie tkanki, co utrudnia odczyt szkietka.

Podnies$¢ szkietka nakrywkowe Covertile ze szkietek i wyczyscic je zgodnie z opisem w czesci
12.3 - Szkietka nakrywkowe Covertile.

Wyjac szkietka i wykonac nastepny krok procesu przetwarzania zgodnie z procedurami laboratorium.

Mozna wybrac ponownie wszystkie szkietka (zob. 9.3 - Wtasciwosci szkietka i ponowny przebieg).

Na tym konczy sie pierwszy przebieg systemu BOND.
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Strona celowo pozostawiona pusta.
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5. Ekrany statusu
(kontroler BOND )

W kliencie klinicznym do kazdego modutu przetwarzania przypisane sg dwa ekrany statusu oraz jeden ekran
konserwacji, otwierane z poziomu kart w lewym gérnym rogu okna dostepnych po wybraniu modutu
przetwarzania z kart po lewej stronie. Ekran System status (stan systemu) umozliwia sterowanie
systemem z poziomu okna przedstawiajgcego rozmieszczenie szkietek i odczynnikow w module. Ekran
Protocol status (status protokotu) zawiera informacje na temat postepu protokotu dla poszczegdlnych
szkietek. Na ekranie Maintenance (konserwacja) dostepne sg polecenia odpowiadajgce czynnosciom
konserwacyjnym.

« 5.1 -Ekran stanu systemu
« 5.2 - Ekran statusu protokotu
« 5.3 - Ekran konserwacji
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5. Ekrany statusu (kontroler BOND )

5.1 Ekran stanu systemu

Ekran ten umozliwia kontrolowanie przetwarzania i wySwietla szczegoty zatadowanych tac na szkietka

i odczynnikdw, jak rowniez wskazuje status odczynnikdw, odpadow i blokad w systemie.
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Postac 5-1: Ekran System status (stan systemu) urzadzenia BOND-III

Karty modutdw przetwarzania dostepne po lewej stronie ekrandw statusu zawierajg wizualne

podsumowanie statuséw powigzanych modutéw przetwarzania. Klikng¢ dang karte, aby wyswietli¢

szczegOty statusu wybranego modutu przetwarzania.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w czesciach:

o 5.1.1 - Karty modutéw przetwarzania

« 5.1.2 - Status urzadzenia

« 5.1.3 - Status odczynnikow

« 5.1.4 - Informacje o szkietkach

5.1.5 - Identyfikacja szkietek w urzadzeniu

5.1.6 - Wskaznik postepu przebiegu

5.1.7 - Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przebiegu
5.1.8 - Opdznione uruchomienie
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5. Ekrany statusu (kontroler BOND )

5.1.1 Karty modutow przetwarzania

Oprogramowanie wyswietla po lewej stronie ekranu osobng karte dla kazdego modutu
przetwarzania w systemie (model samodzielny) lub w grupie, do ktorej podtgczony jest klient @
(BOND-ADVANCE). Jesli ilos¢ miejsca nie jest wystarczajgca, aby wyswietli¢ wszystkie moduty
przetwarzania, pojawig sie przyciski strzatek umozliwiajgce przewijanie w gore i w dét (po prawej pokazano
strzatke w gore).

i 1105 AM

Postaé 5-2: Karta modutu przetwarzania (BOND-III)

Kazda karta zawiera nazwe modutu przetwarzania i prostokatne ikony wskazujgce stan zespotdéw barwienia
szkietek (zob. ponizej). Klikngé karte, aby wyswietli¢ ekran System status (stan systemu) dla danego
modutu przetwarzania. Wybrana karta modutu przetwarzania otoczona jest niebieskim konturem ze strzatka
skierowang w prawo (zob. powyzej).

51.1.1 Stany zespotu barwienia szkietek

Ponizej znajdujg sie przykfady standw zespotu szkietek, ktdre mozna zobaczy¢ na karcie modutu
przetwarzania.

Przed rozpoczeciem przebiegu:

Pusty prostokat: brak tacy lub taca nie jest zablokowana.

Animowane numery ID i $wiecgce paski: trwa obrazowanie tacy.

|l

Ikona tacy na szkietka: zobrazowano etykiety szkietek, taca jest gotowa do rozpoczecia
przebiegu.

Podczas przebiegu:

Godzina wysSwietlana na czarno, z ruchomymi kropkami po lewej: trwa przetwarzanie
tacy, brak nieoczekiwanych zdarzen. Wyswietlany czas to szacowany czas zakonczenia
przetwarzania tacy.

' 1:06 PM| Godzina wyswietlana na czerwono, z ruchomymi kropkami po lewej: trwa przetwarzanie
] tacy, wystgpity nieoczekiwane zdarzenia. Wyswietlany czas to szacowany czas
zakonczenia przetwarzania tacy.

Po zakonczeniu przebiegu:

Migajaca godzina wyswietlana na czarno, z nieruchomymi kropkami po lewej: przebieg
zostat zakonczony o wskazanej godzinie, nie wystgpity zadne nieoczekiwane zdarzenia.
2:28 PM | Migajaca godzina wyswietlana na czerwono, z nieruchomymi kropkami po lewej: przebieg
zostat zakonczony o wskazanej godzinie, ale wystgpity nieoczekiwane zdarzenia.

Przebieg zostat anulowany.
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5. Ekrany statusu (kontroler BOND )

5.1.1.2 Stany modutu przetwarzania

Oprogramowanie stale monitoruje stan systemu i wy$wietla nastepujace ikony na karcie modutu
przetwarzania:

Ikona Znaczenie Ikona Znaczenie

s Modut przetwarzania nie jest Ostrzezenie:

T dit
podtaczony. Oprogramowanie BOND wykryto

nieoczekiwany stan.

(Miga) Trwa inicjalizacja 0\ Alarm (miga):

modutu przetwarzania.
P Do kontynuowania pracy modut

przetwarzania wymaga interwencji

uzytkownika.
Trwa serwisowanie modutu @ Modut przetwarzania jest poddawany
przetwarzania. konserwacji.
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5.1.2 Status urzadzenia

Ikony w prawym dolnym rogu ekranu wskazujg ostrzezenie lub alarm 4% (w przypadku problemow

z dowolnym podzespotem systemu BOND) badz komunikat informacyjny @ (w przypadku ogdélnego
powiadomienia dotyczacego systemu). Klikng¢ ikone prawym przyciskiem myszy, aby uzyskac wiecej
informacji.

Ogdlna usterka systemu lub przypomnienie o zadaniu konserwacyjnym.

Pojawia sie, jesli pokrywa lub (tylko BOND-MAX) drzwiczki przedziatu
pojemnikdw zbiorczych sg otwarte podczas przebiegu barwienia. Aby wznowié¢
“~S prace modutu przetwarzania, nalezy je zamkngc.

Jesli przebieg barwienia nie jest w toku, wyswietlony zostanie wskaznik

informacyjny @ .

Brak lub niewystarczajgcy poziom odczynnika.

Modut przetwarzania rozpoczat inicjalizacje i jeszcze nie podjat proby
przeskanowania stacji mieszania.

Podczas inicjalizacji nie wykryto stacji mieszania. Stacja moze nie by¢ obecna
lub moze by¢ obecna, ale jej kod kreskowy nie zostat rozpoznany.

W razie potrzeby umiesci¢ czystg stacje mieszania w urzadzeniu. Klikng¢ ikone
prawym przyciskiem myszy i postepowac zgodnie z monitami, aby
poinformowac system o umieszczeniu stacji mieszania.

Podczas inicjalizacji wykryto zanieczyszczenie stacji mieszania (np. stacja przy
ostatnim wytgczeniu modutu przetwarzania nie zostata wyczyszczona).
Upewni¢ sie, ze na miejscu znajduje sie czysta stacja mieszania, a nastepnie
klikng¢ ikone prawym przyciskiem myszy i potwierdzic.

Czyszczenie stacji mieszania nie powiodto sie.

Nadal mozna kontynuowac prace z uzyciem pozostatych czystych fiolek.

W przeciwnym razie konieczne bedzie ponowne uruchomienie modutu
przetwarzania, aby usung¢ powiadomienie.

Jesli powiadomienie wystgpi ponownie, moze wskazywac na problem

z uktadem ptyndw — w takim przypadku skontaktowac sie z dziatem obstugi
klienta.

g 8 4 F <

Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021

89



5. Ekrany statusu (kontroler BOND )

Brak dostepnych czystych fiolek do mieszania.
m% Odczekaé, az modut przetwarzania wyczysci kilka fiolek, a nastepnie

postepowac zgodnie z normalng procedura.

Jesli fiolki nie zostaty wyczyszczone, moze by¢ konieczne ponowne
uruchomienie modutu przetwarzania. Jesli powiadomienie wystapi ponownie,
moze wskazywac na problem z uktadem ptynéw — w takim przypadku
skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.

0 Stacje mieszania mozna wyczyscic recznie. Zob. 12.7 - Blok myjacy i stacja mieszania.

5.1.2.1 Btedy podgrzewacza

Kazdy z podgrzewaczy szkietek BOND-III i BOND-MAX jest monitorowany niezaleznie i oznaczany jako
uszkodzony w razie wystgpienia btedu temperatury (zob. Postaé 5-3). W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia podgrzewacza nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.

—
ot

Postac 5-3: Blad pojedynczego podgrzewacza

Nie nalezy prébowac uruchamiaé przebiegu dla szkietka wymagajgcego ogrzewania w pozycji oznaczonej
jako wadliwa. Jesli podczas przebiegu podgrzewacz dziata nieprawidtowo, moze spowodowac uszkodzenie
szkietka znajdujacego sie na tej pozycji. Jesli usterka podgrzewacza stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa,
ogrzewanie wszystkich szkietek w module przetwarzania moze zosta¢ wytgczone (zob. Postac 5-4).

= 2
S —
S —

Posta¢ 5-4: Szare symbole podgrzewaczy we wszystkich pozycjach oznaczajg catkowite wytgczenie
podgrzewania

Po wytaczeniu podgrzewania szkietek nalezy wytgczyc, a nastepnie ponownie uruchomié¢ modut
przetwarzania, aby usungc blokade podgrzewacza. Mozna nadal uzywac pozycji z wadliwymi
podgrzewaczami, o ile przetwarzane szkietka nie wymagajg ogrzania.
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5.1.2.2 Wskaznik temperatury

Gdy temperatura zespotu barwienia szkietek przekracza temperature otoczenia, w dolnej czesci ekranu
System status (stan systemu) pojawia sie wskaznik temperatury.

Wskazuje on, ze zesp6t barwienia szkietek jest ciepty lub goracy.

Postac 5-5: Wskaznik temperatury — zespot barwienia ciepty (po
lewej) i goracy (po prawej)

Obramowanie tac na szkietka na ekranie System status (stan systemu) réwniez zmienia kolor
odpowiednio do temperatury: jest niebieskie, gdy taca ma temperature otoczenia, pomaranczowe, gdy taca
jest ciepta i czerwone, gdy taca jest gorgca.

00000404
I < |

00000410 a
3 11%¢C ] g9°C

i”ﬁg

lNeg

Posta¢ 5-6: Obramowanie wskazujgce temperature tac na szkietka: taca ciepta (po lewej)
i taca gorgca (po prawej)

w ich poblizu. Mogg one by¢ bardzo gorgce i powodowac powazne oparzenia. Po
wytaczeniu odczekaé dwadziescia minut, az zespoty barwienia szkietek i ich
otoczenie ostygna.

i E OSTRZEZENIE: Unikac kontaktu z zespotami barwienia szkietek i podzespotami znajdujacymi sie
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5.1.3 Status odczynnikow

Po prawej stronie ekranu System status (stan systemu) wysSwietlany jest status wykrytych odczynnikow.
W ponizszych czesciach opisano stosowane ikony i sposoby usuwania niektdrych wskazanych na ekranie
problemdw z odczynnikami.

« 5.1.3.1 - Systemy odczynnikéw

« 5.1.3.2 - Pojemniki na odczynniki

« 5.1.3.3 - Poziomy odczynnikéw

« 5.1.3.4 - Rozwigzywanie probleméw z odczynnikami

« 5.1.3.5 - Rozwigzywanie probleméw z niewykrytymi odczynnikami
« 5.1.3.6 - Status pojemnika zbiorczego

5.1.3.1 Systemy odczynnikdw

System detekcji BOND lub
Bond Polymer Refine Detection system teranostyczny Leica

System czyszczenia BOND

BondAspirating Probe
Cleaning System

5.1.3.2 Pojemniki na odczynniki

Na ikonach pojemnikéw na odczynniki przed nazwami odczynnikdw dostarczanych przez BOND znajduje sie
gwiazdka (*).

Gotowe do uzycia przeciwciata pierwszorzedowe BOND.

R Szczegoty dla tych odczynnikdw sg automatycznie wprowadzane przez

oprogramowanie BOND w momencie rejestracji. Wy$wietlana jest skrécona nazwa
odczynnika.

Gotowa do uzycia sonda ISH BOND.

*KAPFPApD , o )
e Szczegoty dla tych odczynnikow sg automatycznie wprowadzane przez

oprogramowanie BOND w momencie rejestracji. Wys$wietlana jest skrécona nazwa
odczynnika.

Dostarczane przez uzytkownika przeciwciata pierwszorzedowe w pojemniku
cos otwartym lub pojemniku do miareczkowania BOND.

Szczegdty dla tych odczynnikéw nalezy wprowadzic recznie na ekranie Reagent
Setup (konfiguracja odczynnikdw) przed rejestracja, wraz z numerem partii
i terminem waznosci. Wyswietlana jest skrocona nazwa odczynnika.
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EEER

*aniBIOTIN

"Enzynmeal

YaH2O

Dostarczana przez uzytkownika sonda ISH w pojemniku otwartym lub pojemniku
do miareczkowania BOND.

Szczegoty dla tych odczynnikéw nalezy wprowadzic recznie na ekranie Reagent
Setup (konfiguracja odczynnikdw) przed rejestracja, wraz z numerem partii
i terminem waznosci. Wyswietlana jest skrocona nazwa odczynnika.

Gotowe do uzycia odczynniki pomocnicze BOND.

Szczegdty dla tych odczynnikéw sg automatycznie wprowadzane przez
oprogramowanie BOND w momencie rejestracji. WysSwietlana jest skrécona nazwa
odczynnika.

Enzym BOND w pojemniku otwartym BOND lub pojemniku do miareczkowania.

Enzym BOND musi zosta¢ przygotowany przez uzytkownika i umieszczony

w otwartych pojemnikach, jednak szczegéty konfiguracji tego odczynnika sg juz
wstepnie zdefiniowane w oprogramowaniu BOND. Podczas rejestracji wymagane
sg tylko numer partii i termin waznosci.

Dostarczany przez uzytkownika odczynnik pomocniczy w pojemniku otwartym lub
pojemniku do miareczkowania BOND.

Szczegdty dla tych odczynnikéw nalezy wprowadzi¢ recznie na ekranie Reagent
Setup (konfiguracja odczynnikow) przed rejestracja, wraz z numerem partii
i terminem waznosci. Wyswietlana jest skrocona nazwa odczynnika.

Oprogramowanie nie wykryto odczynnika na tej pozycji.

Jesli odczynnik jest obecny, rozwigzaé problem zgodnie z opisem w czesci

5.1.3.5 - Rozwigzywanie problemdw z niewykrytymi odczynnikami. Jesli czytnik ID
czesto nieprawidtowo odczytuje ID, nalezy wyczysci¢ okno obrazowania (zob.
12.9 - Czytnik ID).

Oprogramowanie BOND wykryto problem z odczynnikiem. Klikng¢ symbol
powiadomienia prawym przyciskiem myszy, aby uzyska¢ wiecej informacji.

By¢ moze oprogramowanie BOND nie rozpoznato odczynnika. W takim przypadku
nalezy za pomocg skanera recznego zeskanowac odczynnik i doda¢ go do rejestru.
Jesli ID jest uszkodzone, wprowadzi¢ je recznie. Wiecej informacji znajduje sie

w czesci 8.3.3 - Rejestrowanie odczynnikow i systemdw odczynnikow.

Oprogramowanie BOND wykryto problem z odczynnikiem lub systemem
odczynnikdéw. Klikng¢ symbol informacji prawym przyciskiem myszy, aby uzyskac
wiecej informacji.
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5.1.3.3 Poziomy odczynnikdw

Ikony systemdw odczynnikéw na ekranie System status (stan systemu) wskazujg tylko trzy poziomy
objetosci:

Bond Polymer Refine Detection Pejmy do okoto 20%
objetosci
Bond Polymer Refine Detection Niski (Od okoto 20% do
| prawie pustego)
Froe | Baond Palymer Refine Datection Pusty
=

Ikony odczynnikéw gotowych do uzycia i ikony otwartych pojemnikow bardziej doktadnie wskazujg poziom
odczynnikéw.

*CD10 *CD10 *CDA0 *CD10 -
2L *C010

Postac 5-7: Przyktady poziomdw odczynnikéw gotowych do uzycia na ekranie System status (stan
systemu)

Aby wyswietli¢ bardziej szczegdtowe informacje o rejestrze odczynnikéw lub systeméw odczynnikdw, klikngc
ikone prawym przyciskiem myszy i wybra¢ opcje Inventory... (rejestr...) z menu podrecznego. Pojawi sie
ekran Reagent inventory details (szczegdty rejestru odczynnikéw). Zob. 8.3.2 - Szczegdty odczynnika
lub systemu odczynnikdw.

5.1.3.4 Rozwigzywanie probleméw z odczynnikami

Jesli oprogramowanie BOND jeszcze przed rozpoczeciem przebiegu wykryje problem z odczynnikiem
wymaganym do przetwarzania, wyswietli ikone informacyjng przy symbolu pojemnika na odczynniki ponizej
tacy na szkietka na ekranie System status (stan systemu). Jesli problem wystgpi podczas przebiegu, ikona
informacyjna zostanie wyswietlona nad ikong statusu odczynnika, jak opisano powyzej w tej czesci. Aby
uzyskac wiecej informacji na temat problemu, klikng¢ ikone informacyjng prawym przyciskiem myszy.

Jesli konieczna jest wymiana lub dodanie odczynnika, nalezy wyja¢ tace na odczynniki zawierajaca
odczynnik powodujgcy problem, wymieni¢ lub doda¢ wymagany odczynnik, a nastepnie ponownie
zatadowac tace.

Nalezy zauwazy¢, ze jesli przetwarzanie jest w toku, a odczynnik na okreslonej tacy bedzie wymagany
w ciggu nastepnych 2 minut, wyjscie tej tacy bez anulowania przebiegu nie bedzie mozliwe. W takiej sytuacji
wskaznik tacy na odczynniki bedzie $wieci¢ na czerwono.
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5.1.3.5 Rozwigzywanie problemdw z niewykrytymi odczynnikami

Jesli odczynnik nie zostanie wykryty, wykona¢ nastepujace czynnosci:
1. Sprawdzi¢, czy:
« Pojemnik na odczynniki jest prawidtowo umieszczony na tacy na odczynniki.
« Korek pojemnika na odczynniki jest otwarty i przymocowany z tytu pojemnika.
« W gdrnej przedniej czesci pojemnika znajduje sie nieuszkodzony kod kreskowy z ID
odczynnika.
2. Sprawdzi¢, czy odczynnik jest zarejestrowany w rejestrze.

« Jesli odczynnik nie jest zarejestrowany, nalezy zarejestrowac go zgodnie z opisem w czesci
8.3.3 - Rejestrowanie odczynnikdw i systemow odczynnikdw

3. W tym momencie mozna:

i. wyjac tace na odczynniki (a nastepnie zanotowac unikalny identyfikator UPI danego
odczynnika) i ponownie zatadowac tace, aby system ponownie automatycznie jg
identyfikowat, lub

ii. jesli ponowne zatadowanie tacy na odczynniki nie przyniosto rezultatu, recznie zidentyfikowac
odczynnik — klikng¢ prawym przyciskiem myszy ikone pojemnika na ekranie System status
(stan systemu) i klikng¢ opcje Select ... (wybierz...) w podmenu. Wprowadzi¢ identyfikator
UPI odczynnika wskazanego powyzej i klikng¢ OK.

Eal
Na oznaczeniu odczynnika pojawi sie symbol 19: wskazujacy, ze odczynnik zostat zidentyfikowany
recznie, zob. Postac 5-8 ponizej. Symbol (i recznie zidentyfikowany odczynnik) zniknie, kiedy taca na
odczynniki zostanie wyjeta.

(2

*cD20

Postac 5-8: Recznie wprowadzony odczynnik

5.1.3.6 Status pojemnika zbiorczego

W dolnej prawej czesci ekranu System status (stan systemu) znajduja sie ikony pojemnikdw zbiorczych na
zuzyty ptyn i pojemnikow na odczynniki. Kazdy pojemnik jest oznaczony etykietg i kolorem dopasowanym do
zainstalowanych pojemnikdw. Potozenie ikon pojemnikdw zbiorczych na ekranie stanu systemu
odzwierciedla fizyczne potozenie odpowiednich przedziatéw na pojemniki zbiorcze w module przetwarzania.

Rzeczywiste rozmieszczenie pojemnikow dla kazdego typu modutu przetwarzania przedstawiono w czesci
2.2.7 - Przedziat na pojemniki zbiorcze.

o] [

"ER1 "ER2
*Dewax "D *BWash *Alcohol *BlkWast *BlkWast *HazWast

Postac 5-9: Pojemniki zbiorcze (rozmieszczenie w urzgdzeniu BOND-III)
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D[BU@DDD 5

"HarWast "ER1 "ER2 "Dewax "D ‘B\Wazh “Alcohol "BlkWas!

Posta¢ 5-10: Pojemniki zbiorcze (rozmieszczenie w urzadzeniu BOND-MAX).
Ikona z prawej strony przedstawia zewnetrzny pojemnik na odpady

Ponizej znajdujg sie opisy zawartosci kazdego z powyzszych pojemnikdw zbiorczych.

Etykieta pojemnika Zawartos¢ pojemnika zbiorczego
zbiorczego
*Dewax BOND Dewax Solution
*DI Woda dejonizowana
*BWash BOND Wash Solution
*Alcohol Alkohol (odczynnikowy)
*BlkWast Odpady zbiorcze
*HazWast Odpady niebezpieczne
*ER1 BOND Epitope Retrieval Solution 1
*ER2 BOND Epitope Retrieval Solution 2
BOND-III

Oprogramowanie wys$wietla poziom ptynu w pojemnikach zbiorczych na odczynniki i pojemnikach na odpady
ptynne urzadzenia BOND-III. Jesli zapas odczynnika jest niski lub poziom odpaddw jest wysoki,
oprogramowanie generuje powiadomienie, alarm (migajaca ikona) lub ostrzezenie w zaleznosci od wagi
problemu. Klikna¢ ikone prawym przyciskiem myszy, aby wyswietli¢ komunikat informacyjny i podjac
dziatania niezbedne do rozwigzania problemu — zob. 12.2.2 - Uzupetnianie lub oprdznianie pojemnikow
zbiorczych.

Uwaga: Jesli pojawi sie symbol ostrzezenia, przetwarzanie zostanie wstrzymane do momentu usuniecia
problemu.
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System BOND-III wskazuje stan pojemnikéw zbiorczych przy uzyciu kombinacji nastepujgcych symboli:

Pojemniki Znaczenie
zbiorcze

Pojemnik jest petny.

Poziom w pojemniku jest wiekszy niz 1/2.

Poziom w pojemniku jest mniejszy niz 1/2.

Pojemnik jest prawie pusty lub pusty.

| | =N

Pojawia sie w przypadku wystgpienia nastepujacych sytuacji:

« Pojemnik na odpady jest prawie petny i nalezy go natychmiast opréznic¢
« Poziom odczynnika jest niski i nalezy go natychmiast uzupetnic¢

« Brak pojemnika

« Niewystarczajgca objetos¢ do rozpoczecia przebiegu

Zob. 12.2.2 - Uzupetnianie lub opréznianie pojemnikdw zbiorczych.

Pojawia sie, jesli przebieg zostat wstrzymany z powodu wystgpienia jednego
lub | Znastepujacych zdarzen:

« Pojemnik na odpady jest petny i nalezy go pilnie oprdzni¢ (ostrzezenie)
« Poziom odczynnika jest niski i nalezy go pilnie uzupetni¢ (ostrzezenie)
« Brak pojemnika wymaganego do rozpoczecia przetwarzania (alarm)

Zob. 12.2.2 - Uzupetnianie lub opréznianie pojemnikdw zbiorczych.

Stan pojemnika zbiorczego na ekranie System status (stan systemu) jest zsynchronizowany z systemem
osSwietlenia opisanym w czesci System os$wietlenia pojemnika zbiorczego (BOND-III) on page 34.

BOND-MAX

Oprogramowanie wys$wietla ikone informacyjna (jak powyzej) nad danym pojemnikiem zbiorczym, gdy
wykryje problem (na przyktad niski poziom w pojemniku na odczynniki lub wysoki poziom w pojemniku na
odpady). Klikng¢ prawym przyciskiem myszy ikone powiadomienia, aby uzyskac szczegétowe informacje.
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5.14 Informacje o szkietkach

W ponizszych czesciach opisano ikony uzywane do reprezentowania informacji o szkietkach na ekranie
System status (stan systemu). Omoéwiono réwniez opcje dostepne w menu podrecznym szkietek.

« 5.1.4.1 - Ikony szkietek

« 5.1.4.2 - Menu podreczne tacy na szkietka

« 5.1.4.3 - Powiadomienia o zdarzeniach dla szkietek

« 5.1.4.4 - Rozwigzywanie problemu z niezgodng konfiguracjg szkietek

5.14.1 Ikony szkietek

Na ekranie System status (stan systemu) wyswietlana jest graficzna reprezentacja kazdej z trzech tac na
szkietka z ikong dla kazdego szkietka. Ikony szkietek wskazujg stan kazdego szkietka.

System mozna skonfigurowac tak, aby uzywac funkcji optycznego rozpoznawania znakéw (OCR) na
etykietach alfanumerycznych lub czytnika kodow kreskowych. W obu przypadkach ikony szkietek mozna
opcjonalnie skonfigurowac tak, aby zawieraty rowniez przechwycone obrazy etykiet szkietek. Jesli zachodzi
potrzeba zmiany istniejgcych ustawien, skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.

W ponizszych tabelach przedstawiono przyktady ikon szkietek.

Ikony szkielek z etykietami po OCR

Zobrazowane i automatycznie zidentyfikowane szkietko (zob.

00000009 4 e -
5.1.5.1 - Automatyczna identyfikacja szkietek)

*CD10

- Zobrazowane szkietko, ale nie zidentyfikowane przez system
(ikona przedstawia obraz obszaru etykiety)

iy
M1MUd (-)‘

Deanna...

00000007 Zobrazowane i recznie zidentyfikowane szkietko — zwrdci¢
—

I )y uwage na symbol (zakreslony na czerwono) na szkietku (zob.
*CD10 I :_‘_‘l 5.1.5.2 - Reczna identyfikacja szkietek w urzadzeniu)
00000009 B Szkietko jest niezgodne z jednym lub kilkoma innymi
szkietkami na tacy (zob. 5.1.4.4 - Rozwigzywanie problemu
*CD10 z niezgodna konfiguracja szkietek)

n Brak szkietka na tej pozycji

Szkietko z powiadomieniem o zdarzeniu podczas
przetwarzania
(zob. 5.1.4.3 - Powiadomienia o0 zdarzeniach dla szkietek)

00000009

*CD10
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5. Ekrany statusu (kontroler BOND )

Ikony szkietek z etykietami z kodem kreskowym

Brak szkietka na tej pozycji lub szkietko zostato zobrazowane,
ale system nie jest w stanie go zidentyfikowac

ooooooo4

'Nﬁg

Zobrazowane i automatycznie zidentyfikowane szkietko (zob.
5.1.5.1 - Automatyczna identyfikacja szkietek)

00000007 —,

Zobrazowane i recznie zidentyfikowane szkietko — zwrdcic¢
uwage na symbol (zakreslony na czerwono) na szkietku (zob.
5.1.5.2 - Reczna identyfikacja szkietek w urzadzeniu)

Szkietko jest niezgodne z jednym lub kilkoma innymi
szkietkami na tacy (zob. 5.1.4.4 - Rozwigzywanie problemu
z niezgodng konfiguracjg szkietek)

!
e /[ ]
0oooooo4 A
“Neg ==
ooooooo3 G

Szkietko z powiadomieniem o zdarzeniu podczas
przetwarzania
(zob. 5.1.4.3 - Powiadomienia o zdarzeniach dla szkietek)

Klikng¢ dwukrotnie szkietka, ktdre zostaty rozpoznane przez system BOND, aby otworzy¢ okno dialogowe
Slide properties (Whasciwosci szkietka). Jesli przebieg nie zostat zainicjowany, mozna dokonac edycji
szczegotow szkietka w tym oknie dialogowym, jednak konieczne bedzie wydrukowanie nowej etykiety dla
szkietka, wyjecie tacy i naklejenie tej etykiety na szkietko, a nastepnie ponowne zatadowanie tacy.

5.1.4.2

Menu podreczne tacy na szkietka

Klikng¢ prawym przyciskiem myszy szkietka na grafice tacy na szkietka na ekranie System status (stan
systemu), aby wyswietli¢ opcje dostepne dla szkietka lub tacy.

Polecenie

Opis

Select manually...
(wybierz recznie...)

Opcja dostepna, jesli szkietko nie zostato automatycznie zidentyfikowane.

Wybrac te opcje, otworzyc¢ okno dialogowe Slide identification
(identyfikacja szkietek) umozliwiajace dopasowanie szkietka do szkietka
skonfigurowanego w systemie (zob. 5.1.5.2 - Reczna identyfikacja
szkietek w urzadzeniu).

Te opcje mozna rowniez wybrac, klikajac dwukrotnie niezidentyfikowane
szkietko.

Attention message...
(komunikat
informacyjny...)

Wyswietla komunikat informacyjny, jesli dla szkietka wygenerowano
powiadomienie o zdarzeniu (zob. 5.1.4.3 - Powiadomienia o zdarzeniach
dla szkietek).
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Polecenie Opis
Run events (zdarzenia | Generuje raport dot. zdarzen podczas przebiegu (zob. 9.4 - Raport dot.
podczas przebiegu) zdarzen podczas przebiegu).
Delayed start Ustawia opdZznienie uruchomienia przebiegu (zob. 5.1.8 - Opdznione
(opdznione uruchomienie).

uruchomienie)

5.1.4.3 Powiadomienia o zdarzeniach dla szkietek

00000009

*CD10

Postac 5-11: Szkietko z powiadomieniem o zdarzeniu

Jesli podczas przetwarzania wystgpi nieoczekiwane zdarzenie, na ikonie szkietka pojawi sie symbol alertu.
To powiadomienie nie musi oznaczaé, ze barwienie byto w jakikolwiek sposdb nieprawidtowe. Gdy pojawi sie
symbol powiadomienia, operator systemu lub kierownik laboratorium musza wykona¢ dodatkowe kroki, aby
potwierdzic¢, ze szkietko nadaje sie do diagnostyki.

1. Klikng¢ szkietko prawym przyciskiem myszy i wybra¢ Run events (zdarzenia podczas przebiegu),
aby wygenerowac raport dot. zdarzen podczas przebiegu (zob. 9.4 - Raport dot. zdarzen podczas
przebiegu).

Wszystkie zdarzenia, ktore spowodowaty wystgpienie powiadomienia, sg wyrdznione
pogrubieniem. Operator systemu lub kierownik laboratorium powinni doktadnie rozpatrzy¢
wymienione na liscie powiadomienia o zdarzeniach, poniewaz zawierajg one wazne szczegoty
dotyczace zdarzen dla szkietek.

2. Doktadnie skontrolowa¢ barwiong tkanke.
3. Doktadnie skontrolowac wszystkie szkietka z prébkami kontrolnymi.

Jezeli laboratorium nie jest w stanie potwierdzi¢ jakosci barwienia, nalezy poinformowac¢ patologa
o powiadomieniu lub powtdrzy¢ test.

W jednym raporcie dot. zdarzen podczas przebiegu moze znajdowac sie wiele powiadomien. Jesli przebieg
konczy sie statusem Done (notification) (gotowe (powiadomienie)), sprawdzi¢ caty raport. Jesli status to
Done (OK) (gotowe OK), nie ma potrzeby sprawdzania raportu.
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5.1.4.4 Rozwigzywanie problemu z niezgodng konfiguracjg szkietek

Jesli system BOND wykryje niezgodne szkietko, w prawym gérnym rogu wszystkich szkietek na tacy pojawig
sie czerwone pogrubione litery. Szkietka z tg sama literg sg zgodne.

000A A

*CD10
00000008 B

*Ki67

Posta¢ 5-12: Niezgodne szkietka

Wyjac tace na szkietka i usungé niezgodne szkietka lub zmienic¢ wiasciwosci szkietek (jesli to w nich tkwi
problem), aby zapewni¢ zgodnos¢. W przypadku zmiany wiasciwosci szkietek nalezy ponownie wydrukowac
etykiety dla zmienionych szkietek i zamocowac je przed ponownym zatadowaniem tacy.

Wiecej szczegotdéw na temat zgodnosci szkietek znajduje sie w czesci 6.9 - Zgodno$¢ szkietek.

5.1.5 Identyfikacja szkietek w urzadzeniu

W najbardziej standardowym przebiegu pracy szkietka z etykietami pochodzacymi z systemu BOND lub
systemu LIS sg fadowane do modutu przetwarzania, a nastepnie automatycznie identyfikowane.
Identyfikacja polega na odczytywaniu koddw kreskowych na etykietach lub, w przypadku korzystania

z alfanumerycznych ID, na optycznym rozpoznawaniu znakow (OCR). Jesli etykieta jest zamazana lub

z jakiegos innego powodu nie mozna odczytac, mozna jg zidentyfikowac recznie w oprogramowaniu BOND.
W niektdrych przebiegach pracy identyfikowanie reczne jest standardem (zob. 6.8 - Reczne tworzenie
slajdéw i przypadkow).

5.1.5.1 Automatyczna identyfikacja szkietek

System BOND moze automatycznie identyfikowac standardowe etykiety z kodem kreskowym BOND lub
alfanumerycznym utworzone przy uzyciu drukarki BOND (jak opisano w czesci 6.6 - Etykietowanie szkietek)
i szkietka z nadrukiem LIS wykorzystujgcym rozpoznawalny format kodu kreskowego (zob. czes¢

11.3 - Podfgczanie i inicjalizacja LIS). Gdy taca na szkietka zostanie zablokowana, system probuje
zidentyfikowac kazda etykiete i dopasowac jg do listy wydrukowanych etykiet szkietek. Jesli system jest

w stanie dopasowac etykiete do listy wydrukowanych etykiet, szkietko jest automatycznie identyfikowane

i nie jest wymagane zadne dodatkowe dziatanie ze strony operatora.

Jesli system korzysta z uktadu OCR (lub ustawienia domysine kodu kreskowego zostaty zmienione przez
technika serwisowego Leica Biosystems), podczas procesu identyfikacji szkietka przechwytuje obraz kazdej
etykiety. Obrazy te pojawiajg sie w nastepujgcych raportach celem udokumentowania dopasowania
szkietka:

« 9.4 - Raport dot. zdarzen podczas przebiegu
« 9.5 - Raport dot. szczegdtow przebiegu
« 9.6 - Raport dla przypadku
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Jesli system nie jest w stanie zidentyfikowac etykiety, nalezy recznie zidentyfikowac szkietko, korzystajac
z procedury recznej identyfikacji szkietek (zob. nastepna czesc).

5.1.5.2 Reczna identyfikacja szkietek w urzadzeniu

W systemach skonfigurowanych do przechwytywania obrazu kazdej etykiety szkietka (systemy OCR

i niektore systemy koddw kreskowych), jesli automatyczna identyfikacja nie powiedzie sie, szkietka mozna
zidentyfikowac recznie bez koniecznosci ich wytadowania z modutu przetwarzania. Do recznego
identyfikowania zatadowanych szkietek stuzy ponizsza procedura.

1.

Kiedy system nie jest w stanie automatycznie zidentyfikowac szkietka, oprogramowanie wyswietli
obraz etykiety.

()

Figure 5-13: Szkietko, ktére nie zostato automatycznie zidentyfikowane
Aby uruchomic okno dialogowe funkcji wspomagania wykrywania ID, wykonac jedng z nastepujgcych
czynnosci:
i. Dwukrotnie klikna¢ obraz szkietka; lub
ii. Klikng¢ obraz prawym przyciskiem myszy i wybrac opcje Select manually (wybierz recznie)
z menu podrecznego.

Pojawi sie okno dialogowe Slide identification (identyfikacja szkietek).

:
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Figure 5-14: Okno dialogowe identyfikacji szkietek

W lewym okienku (element 1) znajduije sie lista wszystkich przypadkow z nieprzetworzonymi
szkietkami. W przypadku ustawien domysinych wyswietlane sg tylko przypadki ze szkietkami, dla
ktérych wydrukowane zostaty etykiety (ustawienia te mozna zmienic tak, aby uwzglednic przypadki
ze szkietkami, dla ktérych etykiety nie zostaty wydrukowane — zob. 6.8.2.2 - Zewnetrzne etykiety
szkietek).
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5. Ekrany statusu (kontroler BOND )

Etykiety szkietek w biezacym zespole barwienia szkietek sg pokazane w okienku po prawej stronie
(element 2).

Szkietko wybrane po otwarciu okna dialogowego zostanie podswietlone (element 3) w powiekszeniu
w okienku po prawej stronie. Przytrzymac kursor nad szkietkiem w prawym okienku, aby jeszcze
bardziej powiekszy¢ obraz.

Srodkowe okienko (element 4) zawiera szkietka skonfigurowane dla przypadku wybranego w okienku
po lewej, gdzie szkietka nie zostaly jeszcze dopasowane do szkietek obrazowanych w module
przetwarzania. Ponownie, domysinie wyswietlane sg tylko szkietka, dla ktorych zostaty wydrukowane
etykiety, jednak ustawienie to mozna zmieni¢, aby wyswietli¢ wszystkie szkietka skonfigurowane dla
przypadku (zob. 6.8.2.2 - Zewnetrzne etykiety szkietek).

W tym momencie w razie potrzeby mozna utworzy¢ nowe przypadki i szkietka za pomocg polecen
New case (nowy przypadek) oraz New slide (nowe szkietko) (wiecej informacji znajduje sie

W czesci 6.8 - Reczne tworzenie slajddw i przypadkow). Ponizsze instrukcje zaktadaja, ze wszystkie
wymagane szkietka zostaty juz skonfigurowane w urzgdzeniu BOND.

4. Na podstawie informacji widocznych na wybranym obrazie etykiety po prawej stronie okresli¢
przypadek, do ktérego przynalezy szkietko. Wybrac ten przypadek z okienka z przypadkami (element

1).
Lista szkietek (element 4) zostanie wypetniona niedopasowanymi szkietkami skonfigurowanymi dla
tego przypadku.
5. Dopasowac niezidentyfikowane szkietko do szkietka na liscie szkietek (element 4).
Wybrac szkietko i klikng¢ Insert (wstaw).

Szkietko zostanie usuniete z listy szkietek, a obraz w okienku po prawej stronie zostanie

gl
zaktualizowany, informujac o zidentyfikowaniu szkietka. Symbol i oznacza, ze szkietko zostato
wybrane recznie.

Teraz na potrzeby identyfikacji pods$wietlona zostanie kolejna niezidentyfikowana etykieta szkietka,
jesli taka jest.

6. Dopasowac wszystkie niezidentyfikowane szkietka, powtarzajgc powyzsze kroki.

7. Po zidentyfikowaniu wszystkich szkietek na tacy klikng¢ OK, aby zamknac okno dialogowe. Klikniecie
przycisku Cancel (anuluj) spowoduje utrate wszystkich zidentyfikowanych recznie szkietek.

8. Na ekranie System status pojawig sie teraz wszystkie znajdujace sie na tacy szkietka wraz ze
szczegotami. Przy szkietkach, ktdre zostaty zidentyfikowane recznie, wyswietlane sg obraz etykiety

gl
i symbol ] wskazujace, ze szkietko zostato wybrane recznie.

00000007
‘cpt0 |

e R,

Figure 5-15: Recznie zidentyfikowane szkietko przed przetwarzaniem

9. Recznie wybrane szkietka sg przetwarzane standardowo.
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Obraz szkietka pojawia sie w nastepujacych raportach celem udokumentowania dopasowania szkietka:

« 9.4 - Raport dot. zdarzen podczas przebiegu
« 9.5 - Raport dot. szczegdtow przebiegu
« 9.6 - Raport dla przypadku

5.1.5.3 Systemy NIESKONFIGUROWANE do obrazowania wszystkich etykiet szkietek

Szkietka te mozna nadal identyfikowac recznie, ale moze to wymagac wyjecia tacy na szkietka.

Zanotowac ID i numer pozycji tego szkietka (wyttoczone na tacy na szkietka ponizej szyjki szkietka
nakrywkowego Covertile), ktdre nie zostato automatycznie zidentyfikowane.

Ponownie zatadowac tace na szkietka i dwukrotnie klikng¢ odpowiednig pozycje (liczac w dét od gérnej
pozycji zespotu barwienia szkietek na ekranie System status (stan systemu)).
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5.1.6

Wskaznik postepu przebiegu

Wskazniki postepu znajduja sie ponizej kazdej grafiki tacy na szkietka. Pozwalajg one szybko wzrokowo
okreslic status i postep przebiegu.

« 5.1.6.1 - Status przebiegu

« 5.1.6.2 - Postep przebiegu

« 5.1.7.1 - Zatrzymywanie przebiegu

« 5.1.8.1 - Ustawianie czasu opdznionego uruchomienia

5.1.6.1

Status przebiegu

U dotu kazdego wskaznika postepu wyswietlane sg numer i status biezacego przebiegu. Mozliwe statusy

przebiegu:

Status przebiegu

Opis

Unlocked Taca na szkietka jest odblokowana.

(odblokowana)

Locked Taca na szkietka jest zablokowana, ale rozpoczecie przetwarzania nie jest
(zablokowana) jeszcze mozliwe. Stan ten zazwyczaj wystepuje przed zakonczeniem

obrazowania szkietek.

Slides ready (szkietka
gotowe)

Wszystkie szkietka w zespole barwienia szkietek zostaty zobrazowane.

Starting
(rozpoczynanie)

Nacisnieto przycisk Start, a system wykonuje wstepne kontrole i planowanie
przed rozpoczeciem przebiegu.

Rejected/Slides ready
(odrzucone/szkietka
gotowe)

System BOND prébowat rozpoczac¢ przebieg, ale operacja nie powiodta sie.
Najbardziej prawdopodobnymi przyczynami odrzucenia sg brakujace
odczynniki, niski poziom odczynnikéw zbiorczych lub petny pojemnik na
odpady. Wygenerowac raport dot. zdarzen podczas przebiegu, rozwigzac
wszelkie problemy wskazane w raporcie, a nastepnie ponownie uruchomic
przebieg.

Zaplanowane

Przebieg zostat umieszczony w kolejce, ale nie rozpoczeto przetwarzania.

przebiegi Wskaznik postepu przebiegu wskazuje zaplanowany czas rozpoczecia.
Proc (OK) Przebieg jest przetwarzany, nie wystapity nieoczekiwane zdarzenia.
(przetwarzanie OK)

Proc (notification) Przebieg jest przetwarzany, jednak wystagpity nieoczekiwane zdarzenia.

(przetwarzanie
(powiadomienie))

Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w raporcie dot. zdarzen podczas
przebiegu.

Abandoning
(anulowanie)

Przebieg zostat anulowany. Ma to miejsce, gdy operator nacisnie przycisk
zatrzymania.

Done (OK) (gotowe | Przetwarzanie zostato zakonczone, nie wystgpity nieoczekiwane zdarzenia.
OK)

Done (notification) Przetwarzanie zostato zakonczone, jednak wystgpity nieoczekiwane
(gotowe zdarzenia.

(powiadomienie))

Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w raporcie dot. zdarzen podczas
przebiegu.
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5.1.6.2 Postep przebiegu

Pasek postepu ponizej kazdej grafiki tacy na szkietka przedstawia wizualnie postep przebiegu. Pasek
postepu wskazuje krytyczne godziny, wyswietla biezacy postep w odniesieniu do tych godzin i wykorzystuje
nastepujgce kolory do przedstawiania czterech etapéw postepu przebiegu:

« Niebieski — taca na szkietka jest zablokowana, przetwarzanie nie zostato rozpoczete

« Czerwony — przetwarzanie nie zostato rozpoczete i przekroczono limit czasu rozpoczecia

« Zielony — przetwarzanie

« Fioletowy — przebieg zostat zakonczony, trwa uwadnianie

Umieszczajgc wskaznik myszy nad wybranym fragmentem paska postepu przebiegu, mozna wyswietli¢
status przebiegu, np. ,, Time since locked” (czas od zablokowania), , Time to completion” (czas do
ukonczenia) czy , Time since completion” (czas od zakonczenia), jak pokazano na Postac 5-16.

909 AM
w
- ]
F
11:25 AM
Run 90: Done (notification)

Run 90: Done tnnﬁﬁnﬁm]

Time since completion: 22:23

Postac 5-16: Wyswietlanie statusu przebiegu
Szkietka gotowe — uruchamianie

Po zakonczeniu obrazowania szkietek i przygotowaniu przebiegu do rozpoczecia oraz przez krétki czas po
nacisnieciu przycisku Start lub zainicjowaniu opdznionego uruchomienia pasek sktada sie z ponizszych
elementéw (numery elementdw pokazano na Postac 5-17).

1 8:50 AM 4
2 T ——— 5
3 9:50 AM

Run 88: Slides ready 6

Posta¢ 5-17: Postep przebiegu (uruchamianie)

Nr Opis

1 | Godzina zablokowania tacy

2 | Dopuszczalny okres rozpoczynania (niebieski pasek) (zob. Dopuszczalny okres
rozpoczynania i alarmy on page 107)

3 | Dopuszczalny limit czasu rozpoczecia

4 | Biezacy postep

5 | Przekroczenie czasu rozpoczecia (czerwony pasek)

6 | Status przebiegu (zob. 5.1.6.1 - Status przebiegu)
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Dopuszczalny okres rozpoczynania i alarmy

Przetwarzanie nalezy rozpoczg¢ jak najszybciej po zablokowaniu tac na szkietka. Podczas okresu
rozpoczynania (pomiedzy momentem zablokowania tacy a rozpoczeciem przetwarzania) szkietka nie
uwadniane, jesli wiec okres ten jest zbyt dtugi, moze dojs$¢ do zniszczenia tkanek. Oprogramowanie BOND
pomaga monitorowac ten okres, $ledzac czas od chwili zablokowania tac i pokazujgc maksymalny
dopuszczalny okres rozpoczynania danego typu zatadowanych szkietek (zaparafinowane lub
odparafinowane). Dopuszczalne okresy rozpoczynania sg wyswietlane jako niebieski pasek na pasku
postepu ,,Slides ready” (szkietka gotowe) (zob. powyzej). W przypadku szkietek odparafinowanych, jesli
przetwarzanie nie rozpocznie sie niedtugo po uptywie dopuszczalnego okresu rozpoczynania,
wygenerowany zostanie alarm.

Ponizej przedstawiono okresy rozpoczynania i czas generowania alarmoéw dla szkietek odparafinowanych.
Wszystkie wartosci sg liczone od momentu zablokowania tacy:

Dopuszczalny okres rozpoczynania lub Czas (min) pd chwili zablokowania tacy
alarm
Dopuszczalny okres rozpoczecia przetwarzania 15

szkietek odparafinowanych

Czas, po ktorym generowany jest alarm dla szkietek | 25
odparafinowanych

Dopuszczalny okres rozpoczecia przetwarzania 60
szkietek zaparafinowanych

Jesli przetwarzanie nie rozpoczeto sie w okresie rozpoczynania, mozna wyjac tace, aby recznie uwodnic
szkietka. Po ponownym witozeniu tacy oprogramowanie BOND uruchomi nowy przebieg, przydzieli nowy
numer ID przebiegu i ponownie rozpocznie odliczanie okresu.

Dopuszczalne limity czasu rozpoczecia majg zastosowanie tylko do przebiegdéw uruchamianych od razu; nie
dotyczg one przebiegéw uruchamianych z opoznieniem.

Zaplanowane przebiegi

Po zainicjowaniu przebiegu za pomocg przycisku Start lub zainicjowaniu opdznionego uruchomienia
przebieg zostaje umieszczony w kolejce. W okresie miedzy umieszczeniem w kolejce a rozpoczeciem
przetwarzania (okres ten moze by¢ dtugi w przypadku opdznionego uruchomienia) pasek postepu sktada sie
z ponizszych elementéw (numery elementéw pokazano na Postaé 5-18).

1 8:48 AM

Iv +EE
3 10:36 AM
Run 85: Scheduled

~N O G

Postac 5-18: Postep przebiegu (opdznione uruchomienie)
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5. Ekrany statusu (kontroler BOND )

Nr Opis
1 | Planowany czas rozpoczecia przebiegu
2 | Opdznienie przed rozpoczeciem (niebieski pasek)
3 | Okres przetwarzania (zielony pasek)
4 | Biezacy postep
5 | Okres uwadniania po zakonczeniu przetwarzania (fioletowy pasek)
6 | Przyblizony czas zakonczenia przebiegu
7 | Status przebiegu (zob. 5.1.6.1 - Status przebiegu)

Podczas przetwarzania

W trakcie fazy przetwarzania pasek sktada sie z ponizszych elementdw (numery elementdw pokazano na
Postaé 5-19).

8:53 AM

= =
3 10:40 AM
Run 86: Proc(OK)

Posta¢ 5-19: Postep przebiegu (przetwarzanie)

Opis

Zaplanowany czas rozpoczecia

Okres rozpoczynania — niebieski: rozpoczeto, czerwony: przekroczony limit czasu rozpoczecia

Okres przetwarzania (zielony pasek)

Biezacy postep

Okres uwadniania po zakonczeniu przetwarzania (fioletowy pasek)

Przyblizony czas zakonczenia przebiegu

N|joflun|h~h]J]W[IN|+H

Status przebiegu (zob. 5.1.6.1 - Status przebiegu)
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5. Ekrany statusu (kontroler BOND )

5.1.7 Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przebiegu

Przebieg rozpoczyna sie od zatadowania i zablokowania tacy na szkietka. Taca jest obrazowana, po czym
przed rozpoczeciem przebiegu system sprawdza czy:

« Wszystkie szkietka sg zgodne.
« Wszystkie odczynniki sg dostepne.

Po zobrazowaniu szkietek status przebiegu jest zmieniany na Slides ready (szkietka gotowe) (zob.
5.1.6.1 - Status przebiegu) i pojawia sie pasek postepu w fazie poczatkowej (zob. 5.1.6.2 - Postep
przebiegu). Po rozwigzaniu wszelkich niezgodnosci szkietek, zidentyfikowaniu wszystkich szkietek

i sprawdzeniu, czy wszystkie wymagane odczynniki sg dostepne, mozna uruchomic przebieg.

« Aby jak najszybciej rozpoczaé przebieg, klikngé przycisk BT Aby ustawi¢ opdznienie
uruchomienia, klikng¢ tace prawym przyciskiem myszy i wybrac opcje Delayed start (opdznione
uruchomienie) z menu podrecznego. Dalsze wskazowki znajduja sie w czesci 5.1.8 - Opdznione
uruchomienie

1. Po zakonczeniu kontroli wstepnych i planowania status przebiegu zostanie zmieniony na
Starting (rozpoczynanie).

Pasek postepu pozostaje w fazie poczatkowej.

2. Po zakonczeniu planowania status zmieni sie na Scheduled (zaplanowano).

Pasek postepu przejdzie do fazy przetwarzania. Po lewej stronie paska wySwietlone zostang
zaplanowana godzina rozpoczecia i status (OK lub przekroczony limit czasu).

3. Jesli przetwarzanie rozpocznie sie o zaplanowanej godzinie, status zmieni sie na Proc (OK)
(przetwarzanie OK).

Jesli przekroczono limit czasu rozpoczecia, ostrzezenie lub alarm znikng po rozpoczeciu
przetwarzania. Jednak czes¢ poczatkowa paska postepu pozostanie czerwona.

4. Nalezy pamietac, ze stany Starting (rozpoczynanie) oraz Scheduled (zaplanowano) mogg
trwac pewien czas i spowodowac przekroczenie limitu czasu rozpoczecia. W takim przypadku
nalezy odblokowac tace na szkietka i recznie uwodnic szkietka przed ponownym
uruchomieniem przebiegu. Jesli taca zostanie odblokowana przed rozpoczeciem
przetwarzania, przebieg nie zostanie uznany za anulowany i bedzie mozna uruchomic¢ go
ponownie.

Uruchamiac nalezy tylko jeden przebieg naraz, a nastepnie odczekac 1-2 minuty przed rozpoczeciem
kolejnego przebiegu. Odczekac chwile po rozpoczeciu kazdego przebiegu, aby upewnic sie, ze zostat on
pomyslnie uruchomiony. Jesli nie, status przebiegu zostanie zmieniony na Rejected/Slides ready
(odrzucone/szkietka gotowe). Zob. 5.1.6.1 - Status przebiegu.
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5. Ekrany statusu (kontroler BOND )

5.1.7.1 Zatrzymywanie przebiegu

Po naci$nieciu przycisku Start (lub aktywowaniu op6znionego uruchomienia) az do rozpoczecia
przetwarzania — kiedy przebieg ma status Starting (rozpoczynanie) lub Scheduled (zaplanowano) —
przetwarzanie moze zostac wstrzymane bez koniecznoéci jego anulowania. Aby anulowac zadanie
przetwarzania w tym czasie, nalezy odblokowac tace na szkietka w module przetwarzania (przyciski
uruchamiania i anulowania sg wéwczas niedostepne). Informacje o szkietkach pozostajg w systemie,

a przebieg mozna ponownie uruchomi¢ w pézniejszym czasie. Do listy Slide history (historia szkietek)
dodawany jest pojedynczy wiersz informujgcy o anulowaniu przebiegu.

Aby anulowac przebieg po rozpoczeciu przetwarzania, klikng¢ przycisk = | . Modut przetwarzania
przerwie przebieg po zakonczeniu biezacego kroku. Status szkietek na ekranie Slide history (historia
szkietek) zmieni sie na Done (notification) (gotowe (powiadomienie)).

Nalezy starannie rozwazy¢ anulowanie przebiegu — anulowanego przebiegu nie mozna uruchomi¢ ponownie,
a wszystkie szkietka, ktdrych przetwarzanie nie zostato zakorczone, mogg zosta¢ uszkodzone.

5.1.8 Opdznione uruchomienie

System BOND moze uruchamiac przebiegi ze szkietkami z preparatami zatopionymi w parafinie

w okreslonym czasie w przysztosci (do jednego tygodnia od aktualnego czasu). Przyktadowo przebiegi
nocne mozna zaplanowac tak, aby konczyty sie tuz przed rozpoczeciem kolejnego dnia pracy. Szkietka
pozostajg bezpiecznie zaparafinowane do momentu rozpoczecia przetwarzania, dzieki czemu okres
uwadniania po zakonczeniu przetwarzania jest mozliwie najkrotszy.

Niektdre odczynniki producentéw innych niz Leica Biosystems mogg ulec degradaciji, jesli beda
przetrzymywane przez dtuzszy czas w modutach przetwarzania w oczekiwaniu na opdznione uruchomienie.
Informacje o stosowaniu i przechowywaniu odczynnikow znajdujg sie w ich kartach charakterystyki. Jak
zawsze, Leica Biosystems zaleca umieszczenie tkanki kontrolnej na szkietkach z tkankg testowa.

5.1.8.1 Ustawianie czasu opoznionego uruchomienia

Aby uruchomic przebieg z opdznieniem, przygotowac szkietka jak zwykle i zablokowac tace na szkietka. Gdy
status przebiegu zmieni sie na Slides ready (szkietka gotowe), wybrac opcje Delayed start (op6znione
uruchomienie) z menu podrecznego wyswietlanego po kliknieciu prawym przyciskiem myszy tacy na ekranie
System status (stan systemu).

W oknie dialogowym Delayed start (opoznione uruchomienie) ustawic date i godzine rozpoczecia
przebiegu i klikng¢ OK (zob. Korzystanie z pot wyboru daty i godziny on page 193). System przejdzie do
stanu Starting (uruchamianie) i ustawi przebieg w kolejce zgodnie z innymi zaplanowanymi dziataniami.
Taca bedzie znajdowac sie w stanie Scheduled (zaplanowana), a nadejdzie ustawiona godzina rozpoczecia
normalnego przetwarzania.
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5. Ekrany statusu (kontroler BOND )

5.2 Ekran statusu protokotu

Na tym ekranie wysSwietlane sg szczegdtowe informacje dotyczace statusu poszczegdlnych szkietek.
Aby wyswietli¢ ekran Protocol status (status protokotu), nalezy przejs¢ do ekranu System status (stan
systemu) i klikng¢ karte Protocol status (status protokotu).
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Postac 5-20: Ekran Protocol status (status protokotu)

Aby wyswietli¢ postep przebiegu analizy szkietka, klikng¢ odpowiedni przycisk pozycji szkietka w gornej
czesci ekranu. Przyciski opcji dla pozycji bez szkietek sg wyszarzone i nie mozna ich wybrac.

Jesli imie i nazwisko pacjenta sg zbyt dtugie, aby zmiescic sie w dostepnym miejscu (taca na szkietka 1, 2
i 3), nazwa jest skracana za pomocg wielokropka ,,..."” dostawianego na koncu. Aby wyswietli¢ petne imie
i nazwisko pacjenta w wyskakujgcym polu, nalezy najecha¢ kursorem myszy na skrocong nazwe.

Po wybraniu pozycji szkietka oprogramowanie wyswietli okreslone szczegoty szkietka i postep realizacji
protokotu. Aby wyswietli¢ dodatkowe szczegdty szkietka, klikng¢ View details (pokaz szczegoty). Pojawi
sie okno dialogowe Slide properties (wtasciwosci szkietka).

Pod szczegdtami szkietka pokazane sg poszczegodlne kroki protokotu dla wybranego szkietka. Biezacy krok
jest podswietlony na niebiesko. Obok zakonczonych krokdéw wyswietlany jest symbol zaznaczenia

w zielonym okregu lub, jesli wystgpity nieoczekiwane zdarzenia, ikona
Jesli wszystkie dziatania wymagane dla biezgcego kroku zostaty wykonane, ale przed rozpoczeciem

kolejnego etapu wymagany jest okres oczekiwania, symbol zaznaczenia lub ikona sg szare. Pozostajg
takie az do rozpoczecia kolejnego kroku, kiedy to zmieniajg kolor na normalny.

Zdarzenia, jakie wystgpity podczas przebiegu mozna przegladaé, klikajgc prawym przyciskiem myszy liste
krokow i wybierajgc opcje Run events (zdarzenia podczas przebiegu) z menu podrecznego. Z poziomu
menu podrecznego mozna wyswietli¢ réwniez okno dialogowe Slide properties (wasciwosci szkietka).
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5.3

Ekran konserwacji

Aby wyswietli¢c ekran Maintenance (konserwacja), przejs¢ do ekranu System status (stan systemu)
i klikng¢ karte Maintenance (konserwacja).

F
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Posta¢ 5-21: Ekran Maintenance (konserwacja) zawiera przyciski polecen dla réznych zadan

konserwacyjnych:

Polecenie

Opis

Replace syringe (wymien
strzykawke)

Sterowanie modutem przetwarzania podczas wymiany strzykawki
lub strzykawek.

Zob. 12.13 - Strzykawki.

Clean fluidics (wyczys¢ uktad
ptynéw)

Zalanie ukfadu ptynéw.

Zob. Czyszczenie ukfadu ptyndw on page 279.

Clean aspirating probe (wyczy$¢
sonde aspiracyjna)

Czyszczenie sondy aspiracyjnej za pomocg systemu czyszczenia
BOND Aspirating Probe Cleaning System.

Zob. 12.6.1 - Czyszczenie sondy aspiracyjnej.

Replace aspirating probe
(wymien sonde aspiracyjng)

Sterowanie modutem przetwarzania podczas wymiany sondy
aspiracyjnej.

Zob. 12.6.2 - Wymiana sondy aspiracyjnej.

Clean bulk fluid robot probes
(wyczysc sondy robota
odczynnikdw zbiorczych)

Przemieszczanie robotow odczynnikdw zbiorczych (tylko
BOND-III) do potozenia czyszczenia sond.

Zob. 12.12.1 - Czyszczenie sond robota odczynnikéw zbiorczych.

Replace bulk fluid robot probes
(wymien sondy robota
odczynnikdw zbiorczych)

Przemieszczanie robotdw odczynnikdw zbiorczych (tylko
BOND-III) do potozenia wymiany sond.

Zob. 12.12.2 - Wymiana sond robota odczynnikéw zbiorczych.

Maintenance report (raport dot.
konserwacji)

Generowanie raportu dotyczacego konserwacji wybranego
modutu przetwarzania. To polecenie jest zawsze dostepne.

Zob. 5.3.1 - Raport dot. konserwacji.
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5. Ekrany statusu (kontroler BOND )

Na ekranie Maintenance (konserwacja) wyswietlane sg nazwa aktualnie wybranego modutu przetwarzania
oraz powigzane przyciski polecen konserwacji. Instrukcje wykonania wybranego zadania konserwacyjnego
sg wySwietlane w postaci serii okien dialogowych.

Jesli dane zadanie konserwacyjne jest niedostepne, na przyktad gdy konserwacja jest juz w toku, przycisk
polecenia jest wytaczony. Gdy dany modut przetwarzania jest odtgczony, wszystkie przyciski polecen
(z wyjatkiem przycisku Maintenance report (raport dot. konserwacji)) sg niedostepne.

5.3.1 Raport dot. konserwacji

Raport dot. konserwacji zawiera informacje dotyczace okreslonego modutu przetwarzania z wybranego
przedziatu czasowego.

1. W przypadku klienta klinicznego nalezy wybrac karte modutu przetwarzania, aby wyswietli¢ ekran
System status (stan systemu).

2. Klikng¢ karte Maintenance (konserwacja), a nastepnie klikng¢ przycisk Maintenance report
(raport dot. konserwacji).

Maintenance report

Select processing module

Serial N*: 3210123 -

Name: BOND-II &1
Type BOND-I
Time span

From: 06-Apr-16
Tot 05-Apr-17

ast twelve months

Generate Cancel

Postac 5-22: Okno dialogowe raportu dot. konserwacji

Wybra¢ modut przetwarzania z listy rozwijanej, a nastepnie w polach From (od) oraz To (do) ustawi¢
zadany przedziat czasowy. Mozna tez klikng¢ opcje Last twelve months (ostatnie dwanascie miesiecy),
aby ustawic taki przedziat czasowy.

Klikng¢ Generate (generuj), aby wygenerowac raport dot. konserwacji.
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Raport zostanie wyswietlony w nowym oknie. W prawym gérnym rogu raportu znajduja sie nastepujgce

informacje:
Pole Opis

Placdwka Nazwa placdéwki wprowadzona w polu Facility (placéwka) na ekranie
Laboratory settings (ustawienia laboratorium) klienta administracyjnego —
zob. 10.5.1 - Ustawienia laboratorium

Przedziat czasu Daty ,,0d”i,Do” okresu ujetego w raporcie

Modut Unikatowa nazwa modutu przetwarzania wprowadzona w polu Name (nazwa)

przetwarzania na ekranie Hardware configuration (konfiguracja urzadzenia) klienta
administracyjnego — zob. 10.6.1 - Processing Modules (moduty przetwarzania)

Numer seryjny Unikalny numer seryjny modutu przetwarzania

modutu

przetwarzania

Ponizej opisano dotyczace raportu kwestie, na ktdre nalezy zwrdci¢ uwage:

Nad ikong modutu przetwarzania na ekranie stanu systemu pojawi sie ikona informacyjna (jak
opisano w czesci 5.1.2 - Status urzadzenia) z wy$wietlanym po kliknieciu prawym przyciskiem myszy
powiadomieniem o koniecznos$ci przeprowadzenia wymaganych czynnosci konserwacyjnych
(szacowana data zostanie wy$wietlona z komunikatem ,Due now” (teraz)).

Szacowane daty kolejnych dziatan konserwacyjnych sg obliczane na podstawie liczby przetwarzanych
szkietek i/lub zalecanego okresu pomiedzy dziataniami.

Jesli w danym okresie ujetym w raporcie nie wystgpity zadne zdarzenia, zamiast tabeli historii pojawi
sie komunikat informujacy o braku zdarzen.

Pierwsza data w tabeli historii to poczatek okresu objetego raportem lub data oddania modutu
przetwarzania do eksploatacji, jesli data ta jest pdzniejsza. Wartosci w powigzanych kolumnach
»Slides since last maintenance/replacement” (szkietka przetworzone od ostatniej
konserwacji/wymiany) zawsze wskazujg 0 szkietek.

Ostatnia data w tabeli historii to koniec okresu objetego raportem.

Kazdy zespdt barwienia szkietek posiada osobny licznik szkietek, dostepny jest rowniez tgczny licznik
szkietek dla wszystkich 3 zespotow. Licznik szkietek jest resetowany do wartosci 0 po kazdym
zakonczonym dziataniu konserwacyjnym.

Do kazdej sondy robota odczynnikdw zbiorczych w zespole barwienia szkietek przypisany jest osobny
licznik szkietek.

Do kazdej strzykawki zespotu barwienia szkietek przypisany jest osobny licznik szkietek.

Do strzykawki gtownej przypisany jest osobny licznik szkietek.

W przypadku systemu BOND w wersji 5.0 lub wczesniej w kolumnie ,,Completion status” (status
ukonczenia) zakoriczonych czynnosci konserwacyjnych moze by¢ wyswietlany komunikat ,,Unknown”
(nieznany).

W przypadku systemu BOND w wersji 4.0 lub wczesniej zakonczone czynnosci konserwacyjne nie sg
wyswietlane.
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6.

Konfiguracja szkietek
(kontroler BOND )

Standardowy przebieg pracy w przypadku tworzenia szkietek do przetwarzania przez system BOND
obejmuje nastepujace podstawowe kroki:
1.
2.

NowuvhWw

Przygotowanie skrawkéw na szkietkach.

Utworzenie przypadku dla szkietek w oprogramowaniu BOND (lub zaimportowanie przypadku
z systemu LIS).

Dodanie lub edytowanie szczegotdw lekarza, jesli jest to konieczne.

Wprowadzenie szczegotow szkietek (lub ich importowanie z systemu LIS).

Utworzenie szkietek kontrolnych zgodnie ze standardowymi praktykami laboratorium.
Naklejenie etykiet na szkietka (chyba ze zostaty juz oznaczone etykietami LIS).

Zatadowanie szkietek na tace na szkietka i umieszczenie tac w module przetwarzania.

Po rozpoczeciu przetwarzania szkietek, z poziomu ekranu Slide history (historia szkietek) mozna
wygenerowac raporty dotyczace szkietek, przypadkdw i przebiegdw. Wiecej szczegdtdw znajduje sie
w czesci 9 - Historia szkietek (kontroler BOND ).

Jesli standardowy przebieg pracy nie jest zgodny ze standardami stosowanymi w danym laboratorium,

dostepne sg alternatywne przebiegi pracy.

Ten rozdziat zawiera nastepujgce czesci:

6.1 - Ekran konfiguracji szkietek

6.2 - Praca z prébkami kontrolnymi

6.3 - Praca z przypadkami

6.4 - Zarzadzanie lekarzami

6.5 - Praca ze szkietkami

6.6 - Etykietowanie szkietek

6.7 - Raport dot. podsumowania konfiguracji szkietka
6.8 - Reczne tworzenie slajdow i przypadkdéw

6.9 - Zgodno$¢ szkietek
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6. Konfiguracja szkietek (kontroler BOND )

6.1 Ekran konfiguracji szkietek

Na ekranie Slide setup (konfiguracja szkietek) wysSwietlane sg przypadki i szkietka wprowadzone do
systemu BOND, ale jeszcze nieprzetworzone. W przypadku systemow zintegrowanych z systemem LIS ekran
ten zawiera przypadki i szkietka zaimportowane z systemu LIS. W przypadku systemow innych niz LIS ekran
ten pozwala tworzy¢ i — w razie potrzeby — edytowac przypadki i szkietka. Szkietka musza by¢ przypisane do
przypadku, dlatego nalezy utworzy¢ przypadek przed utworzeniem szkietek.

Aby wyswietli¢ ekran Slide setup (konfiguracja szkietek), klikng¢ przycisk Slide setup Slide setup
(konfiguracja szkietek) na pasku funkgji.
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Posta¢ 6-1: Ekran Slide setup (konfiguracja szkietek)

Postac 6-1 przedstawia ekran Slide setup (konfiguracja szkietek). Prawa gorna cze$¢ ekranu zawiera
polecenia do pracy z przypadkami, za$ po prawej stronie ekranu znajduja sie funkcje do obstugi szkietek.
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6. Konfiguracja szkietek (kontroler BOND )

6.2 Praca z probkami kontrolnymi

Leica Biosystems zaleca rutynowe stosowanie sprawdzanie dziatania systemu BOND przy uzyciu probek
kontrolnych. Niektdre systemy teranostyczne zawierajg wiasne szkietka z probkami kontrolnymi, jednak
w instrukcji systemu moze by¢ zalecane uzycie dodatkowych prébek kontrolnych specyficznych dla
laboratorium. Nalezy pamietac, ze prébki kontrolne powinny umozliwia¢ przeprowadzenie testu catego
procesu. Wiecej informacji znajduje sie w czesci 14.3 - Kontrola jakosci.

Aby jak najdokfadniej sprawdzi¢ wydajno$¢ systemu BOND, firma Leica Biosystems zdecydowanie zaleca
umieszczenie odpowiedniej tkanki kontrolnej na tym samym szkietku, co tkanka pacjenta.

Mimo ze najbardziej zalecanym sposobem kontroli jest umieszczenie tkanki kontrolnej obok tkanki testowej,
oprogramowanie BOND dopuszcza uzywanie szkietek zawierajacych tylko tkanke kontrolng i odczynniki
kontrolne. Nalezy zadbac o to, aby szkietka z tkankami kontrolnymi byty dobrze oznaczone, aby unikngc
pomytek z probkami pobranymi od pacjentéw.

6.2.1 Tkanka kontrolna

Kazde szkietko musi zosta¢ wprowadzone do oprogramowania BOND jako zawierajgce jeden
z nastepujacych typow tkanek:

« Tkanka testowa
« Tkanka ujemna
« Tkanka dodatnia

Typ tkanki ustawia sie w oknie dialogowym Add slide (dodaj szkietko) (zob. 6.5.2 - Tworzenie szkietek).
Kazde szkietko zawierajace przeznaczong do badania tkanke pacjenta powinno by¢ ustawione jako ,tkanka
testowa”. Szkietka zawierajgce tylko tkanke kontrolng nalezy konfigurowac wytgcznie jako prébki kontrolne
»Positive tissue” (tkanka dodatnia) i ,,Negative tissue” (tkanka ujemna).

W przypadku zmiany typu tkanki dla nowego szkietka w oknie dialogowym Add slide (dodaj szkietko) pole
Marker jest automatycznie czyszczone, co pozwala zapewni¢, ze dla tkanki wybrano wiasciwy marker.

Szkietka zawierajgce tkanke dodatnig lub ujemng sa oznaczone odpowiednio symbolem ,,+” lub ,—" na
ekranie Slide setup (konfiguracja szkietek). Na ekranie Slide history (historia szkietek) w kolumnie Type
(typ) dla kazdego szkietka wyswietlane jest oznaczenie , Test” (testowa), ,Negative” (ujemna) lub ,,Positive”
(dodatnia).

Aby szkietka byty wyraZznie oznaczone jako kontrolne, domyslinie szablon etykiet szkietek zawiera pole
»Tissue type” (typ tkanki). Wéwczas na etykietach szkietek kontrolnych z tkankg dodatnig drukowany jest
duzy znak ,,(+)", a na etykietach szkietek kontrolnych z tkankg ujemng — duzy znak ,,(-)". W przypadku
tkanki testowej pole jest pozostawiane puste. Zalecamy, aby pole to znajdowat sie na kazdej konfigurowanej
etykiecie szkietka (zob. 10.3 - Labels (etykiety)).

6.2.2 Odczynnik kontrolny

Szkietka mozna skonfigurowac jako szkietka z odczynnikiem kontrolnym — podczas konfiguracji nalezy
wdwczas zamiast standardowych przeciwciat lub sond jako marker wybra¢ odpowiedni odczynnik.

W przypadku IHC oprogramowanie BOND zawiera opcje ujemnego odczynnika kontrolnego. W oknie
dialogowym Add slide (dodaj szkietko) wybra¢ IHC, po czym z listy rozwijanej Marker wybrac opcje
*Negative (*ujemny). Do wykonania odpowiednich krokéw oprogramowanie BOND uzyje roztworu BOND
Wash Solution.
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6. Konfiguracja szkietek (kontroler BOND )

W przypadku badan ISH BOND oprogramowanie uwzgledni ujemne i dodatnie odczynniki kontrolne dla RNA
i DNA. Wybrac odpowiednig sonde kontrolng z listy Marker.

Szkietka z odczynnikami kontrolnymi nie posiadajg specjalnych oznaczen innych niz nazwa markera
przedstawiona na ekranie Slide setup (konfiguracja szkietek) i na etykiecie szkietka, jezeli pole markera
jest uwzglednione w odpowiednim szablonie etykiety szkietka.

6.3 Praca z przypadkami

W tej czesci opisano dostepne po lewej stronie ekranu Slide setup (konfiguracja szkietek) funkcje
umozliwiajgce prace z przypadkami. Czesci znajdujgce sie za czescig opisowg przedstawiajg procedury
dodawania, edytowania i usuwania szczegdtéw przypadkdw.

Dalsze czesci:

« 6.3.1 - Elementy sterujace dla przypadku i informacje o aktywnym przypadku
« 6.3.2 - Identyfikator przypadku

« 6.3.3 - Dodawanie przypadku

« 6.3.4 - Powielanie, przywracanie i wygaszanie przypadku

« 6.3.5 - Edytowanie przypadku

« 6.3.6 - Kopiowanie przypadku

« 6.3.7 - Opcja przypadku dziennego

« 6.3.8 - Raport dla przypadku

6.3.1 Elementy sterujgce dla przypadku i informacje o aktywnym
przypadku

Klikng¢ Add case (dodaj przypadek), aby dodaé szczegdty nowego przypadku.
Proces opisano w czesci 6.3.3 - Dodawanie przypadku.

Klikng¢ Edit case (edytuj przypadek), aby edytowac szczegdty istniejgcego przypadku.
Proces opisano w czesci 6.3.5 - Edytowanie przypadku.

Klikng¢ Delete case (usun przypadek), aby usungc istniejgcy przypadek.
Sposob usuwania przypadkow opisano w czesci 6.3.5.1 - Usuwanie przypadku.

Klikng¢ Copy case (kopiuj przypadek), aby dodac kopie przypadku i szkietek do tego przypadku.
Sposob kopiowania przypadku opisano w czesci 6.3.6 - Kopiowanie przypadku.

Polecenia Edit (edytuj), Delete (usun) i Copy (kopiuj) sg dostepne réwniez w menu podrecznym
wyswietlanym po kliknieciu przypadku prawym przyciskiem myszy.

Klikng¢ Case report (raport dla przypadku) (ponizej listy przypadkow), aby wyswietli¢ raport dla
wybranego przypadku (zob. 6.3.8 - Raport dla przypadku).

W tabeli ponizej przyciskow znajdujg sie nastepujace informacje dotyczace aktywnego przypadku:

Case ID (ID Identyfikator przypadku. Moze zawierac¢ dowolne znaki alfanumeryczne.
przypadku) Poniewaz pole to moze zawierac litery i cyfry, klikniecie nagtéwka kolumny ,Case
ID” (ID przypadku) powoduje sortowanie tej kolumny jako tekstu — identyfikator
zaczynajacy sie od ,,10” zostanie umieszczony przed identyfikatorem
rozpoczynajacym sie od ,,2”.
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Patient name Identyfikacja pacjenta.

(imie i nazwisko

pacjenta)

Doctor name Imie i nazwisko lekarza lub patologa opiekujacego sie pacjentem.

(imie i nazwisko
lekarza)

Slides (szkietka) | Liczba nietworzonych szkietek skonfigurowanych dla wybranego przypadku.

Po rozpoczeciu przetwarzania szkietka sg przenoszone z ekranu Slide setup
(konfiguracja szkietek) do ekranu Slide history (historia szkietek), zas wartos¢
liczbowa jest odpowiednio aktualizowana.

Przypadek z czerwonym paskiem po lewej stronie wskazuje, ze zawiera on jedno lub wiecej priorytetowych
szkietek LIS (zob. 11.2.5 - Szkietka priorytetowe).

Ponizej listy aktywnych przypadkéw znajduje sie podsumowanie wszystkich przypadkdw i szkietek:

Positive tissue controls
(kontrolne tkanki dodatnie)

Catkowita liczba kontrolnych tkanek dodatnich dla wszystkich aktualnie
wprowadzonych przypadkdw, dla ktérych nie uruchomiono jeszcze
przebiegu.

Negative tissue controls
(kontrolne tkanki ujemne)

Catkowita liczba kontrolnych tkanek ujemnych dla wszystkich aktualnie
wprowadzonych przypadkow, dla ktorych nie uruchomiono jeszcze
przebiegu.

Total cases (fgczna liczba
przypadkéw)

taczna liczba aktywnych przypadkéw.

Total slides (faczna liczba
szkietek)

Catkowita liczba szkietek dla wszystkich aktualnie wprowadzonych
przypadkéw, dla ktérych nie uruchomiono jeszcze przebiegu.
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6.3.2 Identyfikator przypadku

System BOND wykorzystuje dwa podstawowe identyfikatory przypadku: ID przypadku i numer przypadku
(odpowiednio opcje Case ID (ID przypadku) oraz Case No. (nr przypadku) w oprogramowaniu).

« Case ID (ID przypadku): identyfikator przypadku wprowadzony przez uzytkownika, zgodny ze
standardem identyfikacji stosowanym w laboratorium. Dla przypadkdéw utworzonych w systemie
BOND ID przypadku wprowadza sie w oknie dialogowym Add case (dodaj przypadek) podczas
tworzenia przypadku. W systemach LIS-ip ID przypadku jest odbierane z LIS (gdzie moze by¢
nazywane ,numerem dostepu” lub jeszcze inaczej).

« Case No. (nr przypadku): unikalny numer identyfikacyjny, ktory system BOND automatycznie
przypisuje kazdemu przypadkowi w systemie (zaréwno przypadkom utworzonym w systemie BOND,
jak i tym pobranym z systemu LIS). Numer przypadku jest wyswietlany w oknie dialogowym Case
properties (wlasciwosci przypadku).

W oprogramowaniu BOND w wersji starszej niz 4.1 nie byto wymogu, aby ID przypadkdéw byty
niepowtarzalne, wiec mozliwe byto utworzenie dwdch lub wiekszej liczby odrebnych przypadkéow
posiadajacych to samo ID przypadku. Przypadki te réznity sie jednak imionami i nazwiskami pacjentow
i Z pewnoscig miaty rézne numery przypadkéw. W oprogramowaniu BOND w wers;ji 4.1 lub nowszej
wszystkie nowe ID przypadku muszg by¢ unikatowe.

Przypadki sg réwniez czesto identyfikowane na podstawie imienia i nazwiska pacjenta, jednak nazwiska
pacjentdw nie sg wymagane i nie muszg by¢ unikatowe.

6.3.3 Dodawanie przypadku
Aby dodac przypadek, przejs¢ do ekranu Slide setup (konfiguracja szkietek) i wykonac nastepujace
czynnosci:

1. Klikngc przycisk Add case (dodaj przypadek) na ekranie Slide setup (konfiguracja szkietek), aby
wyswietli¢ okno dialogowe Add case (dodaj przypadek) (zob. Figure 6-2).

Al case
Casa lD: | _I
Patent nama:
Casa commants:
Dardor: _— n
Manape doctors
Add case T
Dispanse vakime: 1L0uL
+ | 150l
Praparatian profnecl: ‘Diawax -

Figure 6-2: Okno dialogowe Add case (dodaj przypadek)
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Wprowadzi¢ szczegdty w polach ,,Case ID” (ID przypadku), ,Patient name” (imie i nazwisko
pacjenta), ,Case comments” (komentarze do przypadku) i ,Doctor” (lekarz).

6 Mozliwe jest dodawanie przypadkdw bez zadnych informacji o przypadku.

2. Jesliwymagany lekarz nie znajduje sie na liscie lekarzy, nalezy go dodac, klikajgc opcje Manage
doctors (zarzadzaj lekarzami). Zostanie otwarte okno dialogowe Manage doctors (zarzadzaj
lekarzami) (zob. 6.4 - Zarzadzanie lekarzami).

3. Ustawic objetos¢ dozowania dla szkietek utworzonych dla tego przypadku, jesli nie jest ona taka
sama jak skonfigurowana domysina objeto$¢ dozowania.

Nalezy pamietac, ze wszystkie szkietka przetwarzane przez urzadzenie BOND wymagajg objetosci
dozowania rzedu 150 pl. Ponadto do barwienia ISH wszystkie typy modutéw przetwarzania
wymagajg objetosci dozowania wynoszacej 150 .

Informacje na temat zdatnych do uzycia obszaréw szkietek i objetosci dozowania znajduja sie
w czesci 6.5.8 - Objetos$¢ dozowania i pozycja tkanek na szkietkach.

4. Zlisty Preparation protocol (protokdt przygotowywania) wybra¢ domysiny sposdb
przygotowywania szkietek (zob. Figure 6-2) dla tego przypadku.

5. Aby opusci¢ okno dialogowe bez wprowadzania szczegdtéw do systemu, klikng¢ przycisk Cancel
(anuluj).
Aby wprowadzi¢ szczegdty przypadku, klikng¢ OK.

6. Przypadek zostanie dodany do listy przypadkow.

6 Jesli ID przypadku juz istnieje w systemie, otwarte zostanie okno dialogowe Case ID duplication
(powielanie ID przypadku) (zob. 6.3.4 - Powielanie, przywracanie i wygaszanie przypadku).

6.3.4 Powielanie, przywracanie i wygaszanie przypadku

W wersjach oprogramowania BOND wczesniejszych niz 4.1 rézne przypadki mogag miec takie samo ID
przypadku. Takie przypadki sg rozrézniane z reguty na podstawie imienia i nazwiska pacjenta, i zawsze na
podstawie numeru przypadku, ktory zawsze jest unikalny. System BOND nie pozwala juz na tworzenie
nowych przypadkdw z takim samym ID przypadku co istniejgce przypadki — kazdy nowy przypadek musi
mie¢ unikatowy identyfikator lub zosta¢ zidentyfikowany jako przypadek juz istniejgcy w systemie.

W momencie wprowadzenia przypadku o ID przypadku znajdujgcym sie juz w systemie wyswietlone
zostanie okno dialogowe Case ID duplication (powielanie ID przypadku) wskazujgce istniejgcy przypadek
o tym samym ID. Aby uzyc istniejgcego przypadku, zaznaczy¢ go i klikng¢ Use selected (uzyj wybranego
przypadku) (zob. takze Scalanie przypadkéw on page 122). W przeciwnym razie anulowac okno dialogowe

i zmieni¢ ID przypadku, aby utworzy¢ przypadek jako nowy.

Przypadki w oknie dialogowym Case ID duplication (powielanie ID przypadku) mogg by¢ usuniete,
przeterminowane (tj. przypadki, dla ktorych przetwarzanie wszystkich szkietek zostato zakoriczone — zob.
ponizej) lub moga nadal by¢ obecne na liscie na ekranie Slide setup (konfiguracja szkietek). Przypadek,
ktorego termin waznosci uptynat, umieszczony z powrotem na liscie aktywnych przypadkdw jest nazywany
przypadkiem ,przywrdconym”.

Omowienie zduplikowanych ID przypadkow dla przypadkow LIS znajduje sie w czesci Duplicate Case ID
(zduplikowane ID przypadku) on page 211.
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6.3.4.1 Scalanie przypadkéw

W przypadku edycji ID przypadku, aby byto takie samo jak ID istniejgcego przypadku, klikng¢ opcje Use
selected (uzyj wybranego przypadku) w wyswietlonym oknie dialogowym Case ID duplication
(powielanie ID przypadku), w ktdrym wszystkie nieprzetworzone szkietka z edytowanego przypadku zostang
przeniesione do istniejgcego przypadku.

Edytowac¢ mozna tylko przypadek, ktdry zawiera wylgcznie nieprzetworzone szkietka; w zwigzku z tym
zmiana przypadku zawierajgcego przetworzone szkietka nie jest mozliwa.

6.3.4.2 Czas wysSwietlania przetworzonego przypadku

Po zakonczeniu przetwarzania ostatniego szkietka w danym przypadku przypadek jest (domysInie) usuwany
z ekranu konfiguracji szkietek w ciggu 10 minut od odblokowania tacy na szkietka.

System BOND mozna skonfigurowac tak, aby zachowywat przypadki na ekranie Slide setup (konfiguracja
szkietek) przez kilka dni od zakonczenia przetwarzania ostatniego szkietka z danego przypadku. ,,Czas
wyswietlania przetworzonego przypadku” ustawia sie na ekranie Laboratory (laboratorium) klienta
administracyjnego (zob. 10.5.2 - Ustawienia przypadkow i szkietek).

Przypadki, ktérych termin waznosci uptynat, sg przechowywane w systemie, ale nie mozna ich przegladac.
Przypadki te mozna przywrdcic¢ na liste, dodajac je ponownie lub dodajac do nich szkietko z poziomu
systemu LIS.

Przypadki, ktdre nie zawierajg zadnych przetworzonych szkietek, nigdy nie sa automatycznie usuwane
z ekranu konfiguracji szkietek.
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6.3.5 Edytowanie przypadku

Aby edytowac szczegoty przypadku, zaznaczy¢ go na liscie, a nastepnie klikng¢ opcje Edit case (edytuj
przypadek). Oprogramowanie wyswietli okno dialogowe Case properties (wiasciwosci przypadku). Z okna
tego korzysta sie tak samo jak z opisanego wczesniej okna Add case (dodaj przypadek).

W razie edycji szczegotdw przypadku, dla ktérego wydrukowano etykiety szkietek, przed rozpoczeciem
przebiegu nalezy ponownie wydrukowac etykiety (na ekranie pojawi sie odpowiedni komunikat).

6.3.5.1 Usuwanie przypadku

Aby usunac przypadek, zaznaczy¢ go na liscie, a nastepnie kliknag¢ opcje Delete case (usun przypadek).

Jesli przypadek BOND na ekranie Slide setup (konfiguracja szkietek) zawiera tylko nieprzetworzone
szkietka, mozna go recznie usung¢, ustawiajgc jako przypadek, ktdrego ,termin waznosci uptynat”.
(Wszystkie przypadki LIS tracg waznos$¢ automatycznie, jak tylko przestajg zawierac nieprzetworzone
szkietka).

Jesli przypadek zawiera jakiekolwiek przetworzone lub przetwarzane szkietka, nie da sie go usungc recznie.

Usuniecie przypadku powoduje rowniez usuniecie wszystkich nieprzetworzonych szkietek utworzonych dla
tego przypadku.
Odzyska¢ mozna szczegdty usunietych przypadkdw, ale nie szkietka.

6.3.6 Kopiowanie przypadku

Funkcja kopiowania przypadkdéw utatwia konfigurowanie nowego przypadku dla pacjenta. Szczegoty
przypadku mozna zmieni¢ lub zachowac. Nowy numer przypadku jest tworzony automatycznie, niemniej
nowe ID przypadku nalezy wprowadzi¢ recznie.

Przypadku nie mozna skopiowac, jesli zawiera szkietko, do ktdrego przypisano usuniety protokot.

Skopiowane szkietka sg gotowe do nadrukowania etykiet i rozpoczecia przetwarzania na ekranie Slide
setup (konfiguracja szkietek). Niechciane szkietka mozna usung¢, klikajgc je prawym przyciskiem myszy
i wybierajgc opcje Delete slide (usun szkietko).
Aby skopiowac przypadek:
1. Wybra¢ przypadek do skopiowania z listy przypadkdw po lewej stronie ekranu Slide setup
(konfiguracja szkietek).
2. Klikng¢ opcje Copy case (kopiuj przypadek); oprogramowanie wyswietli okno dialogowe Copy case
(kopiuj przypadek).
3. Wprowadzi¢ nowe ID przypadku i w razie potrzeby edytowac szczegdty przypadku.
4. Jesli to konieczne. zaznaczy¢ opcje Unprocessed slides (nieprzetworzone szkietka) lub All slides
(wszystkie szkietka).
« Unprocessed slides (nieprzetworzone szkietka) — kopiowane sg tylko nieprzetworzone szkietka
z oryginalnego przypadku.

« All slides (wszystkie szkietka) — kopiowane sg wszystkie szkietka (nieprzetworzone,
przetwarzane i przetwarzane) z oryginalnego przypadku. System oznaczy wszystkie szkietka
w nowym przypadku jako nieprzetworzone.
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5. Klikng¢ OK.
System utworzy nowy przypadek i skopiuje szkietka, w tym wszelkie komentarze, zgodnie z wybrang
opcjg. Wszystkie skopiowane szkietka (w tym LIS) sg obstugiwane w taki sam sposdb, jak szkietka
utworzone w oknie dialogowym Add slide (dodaj szkietko) (zob. 6.5.1 - Opis pdl i elementdw
sterujgcych dla szkietek).

6.3.7 Opcja przypadku dziennego

System BOND mozna skonfigurowac tak, aby automatycznie tworzyt nowy przypadek co 24 godziny —
wowczas wszystkie szkietka utworzone danego dnia beda przypisane do jednego, tego samego przypadku.
Pozwala to zaoszczedzi¢ czas laboratoriom przetwarzajgcym mate liczby szkietek, poniewaz eliminuje
konieczno$¢ wprowadzania imion i nazwisk pacjentéw oraz ID przypadkdéw. Kazdy przypadek dzienny ma
nastepujace wtasciwosci:
« ID przypadku przyjmuje biezaca date.
« Objetosc¢ dozowania i protokot przygotowania sg ustawiane na domysine wartosci ustawione
w kliencie administracyjnym. Ustawienia te mozna edytowac.
« Pola Patient name (imie i nazwisko pacjenta) oraz Doctor (lekarz) pozostajg puste i nie mozna ich
zmienic.
W razie potrzeby nadal mozna utworzy¢ indywidualny przypadek mimo wtgczonej opcji przypadku
dziennego. Instrukcje konfiguracji opcji przypadku dziennego znajdujg sie w czesci 10.5.2 - Ustawienia
przypadkdw i szkietek.

6.3.8 Raport dla przypadku

Dla kazdego przypadku mozna wygenerowac osobny raport. Raporty przedstawiajg podstawowe szczegoty
przypadku i informacje na temat wszystkich szkietek dla danego przypadku, np. ID szkietek oraz
zastosowane protokoty i odczynniki. Jesli raport jest drukowany, zawiera miejsce na wpisanie komentarza
dla kazdego szkietka. Petny opis znajduje sie w czesci 9.6 - Raport dla przypadku.

Raporty dla przypadkéw mozna generowac z poziomu ekranéw Slide setup (konfiguracja szkietek) oraz
Slide history (historia szkietek). Wybra¢ zagdany przypadek Isub szkietko i klikng¢ przycisk Case report
(raport dla przypadku). Raporty dla przypadkéw obejmujg szczegdty odczynnikdw tylko tych szkietek, ktdre
zostaty przetworzone i odblokowane w module przetwarzania.
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6.4 Zarzadzanie lekarzami

System BOND przechowuje liste lekarzy, ktdrych opcjonalnie mozna dodac¢ do szczegdtdw przypadku. W tym
celu nalezy wybrac lekarza z listy , preferowanych” lekarzy w oknie dialogowym Add case (dodaj
przypadek) lub Case properties (wiasciwosci przypadku) lub dodaé/edytowac lekarza w oknie Manage
doctors (zarzadzaj lekarzami) otwieranym z poziomu okna dialogowego wtasciwosci przypadku.

Dla kazdego lekarza wyswietlane sg nastepujgce pola:

« Name (imie i nazwisko): —imie i nazwisko lekarza.

« LIS ID (ID LIS): — unikalny identyfikator dostarczony przez system informatyczny laboratorium (jesli
dotyczy).

« Pref. (preferowany): — status ,preferowany” lekarza (na liscie rozwijanej podczas tworzenia
przypadku dostepni sg tylko lekarze preferowani). Ten status ustawia sie w oknie dialogowym Edit
doctor (edytuj lekarza).

Pola te sg rowniez wyswietlane w oknie dialogowym Edit doctor (edytuj lekarza). Dodatkowo okno
dialogowe Edit doctor (edytuj lekarza) zawiera nastepujace pola:

« ID:—unikalne ID generowane automatycznie i przypisywane przez system BOND.
« Comments (komentarze): — pole edytowalne umozliwiajgce dodanie ogdlnego komentarza lub
dodatkowych informacji o nazwisku.

W otwartym oknie dialogowym Manage doctors (zarzadzaj lekarzami) klikng¢ opcje Add (dodaj) lub Edit
(edytuj), aby doda¢ nowych lub edytowac szczegdty istniejgcych lekarzy. Edycji podlegajg wytgcznie pola
komentarzy i preferowanego statusu — po utworzeniu lekarza zmiana jego nazwiska nie jest mozliwa.

Okno dialogowe Manage doctors (zarzadzaj lekarzami) pozwala rowniez na usuwanie lekarzy. Przypadki
juz utworzone z przypisanym usunietym lekarzem nadal pokazujg imie i nazwisko lekarza, ale lekarz ten nie
jest dostepny do wyboru dla nowych przypadkdéw. Imienia i nazwiska usunietego lekarza nie mozna
ponownie uzy¢ do utworzenia nowego lekarza.
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6.5

Praca ze szkietkami

W tej czesci opisano sposoby tworzenia szkietek i zarzgdzania nimi z poziomu ekranu Slide setup
(konfiguracja szkietek). W ostatniej czesci opisano ustawienia objetosci dozowania i wptyw tej objetosci na
rozmieszczenie tkanek na szkietkach.

6.5.1 - Opis pdl i elementdw sterujgcych dla szkietek

6.5.2 - Tworzenie szkietek

6.5.3 - Kopiowanie szkietek

6.5.4 - Edytowanie szkietka

6.5.5 - Usuwanie szkietek

6.5.6 - Reczna identyfikacja szkietka

6.5.7 - Dodawanie panelu szkietek

6.5.8 - Objetos$¢ dozowania i pozycja tkanek na szkietkach
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6.5.1 Opis podl i elementow sterujgcych dla szkietek

Na gérze listy szkietek znajdujg sie dwa przyciski:

« Kliknac przycisk Add slide (dodaj szkietko), aby dodac szkietko do wybranego przypadku.

« Klikng¢ przycisk Add panel (dodaj panel), aby doda¢ szkietko do wybranego przypadku.
Wiecej informacji znajduje sie w czesci 6.5.7 - Dodawanie panelu szkietek.

Lista szkietek po prawej stronie ekranu zawiera szczegdty szkietek dla przypadku wybranego po lewej
stronie ekranu. Na kazdym szkietku wys$wietlane sg ID szkietka oraz szczegdty protokotdw dla przebiegéw
z wykorzystaniem tego szkietka. Obszary etykiet po prawej stronie szkietek sg oznaczone kolorami
wskazujgcymi, gdzie szkietka zostaty utworzone:

1. 00000401
*CO10

"HC F "D "— "H330)

£ o002
"Coil

HCF "D "— "H20)

2. D004
*CD10

"IHC F "0 "— "H2(20}

Biaty:

szkietko utworzone oknie dialogowym Add slide (dodaj
szkietko)
(zob. 6.5.2 - Tworzenie szkietek)

Zofty:

szkietko utworzone w oknie dialogowym Slide
identification (identyfikacja szkietek)
(zob. 6.8 - Reczne tworzenie slajdéw i przypadkdéw)

Jasnoszary:

szkietko LIS
(zob. 11 - Pakiet integracji LIS (kontroler BOND ))

Szkietka zawierajg rowniez nastepujgce symbole:

3. D0000405
“CDo10

"IHC F "0 "— "H2{20}

4. 0DR06
‘CDiD

SHCF "0 "— "H2{)

1. 000407
*Co10

THCF "D "— "HI)

6. (00403
*CD1D

A
EIlO2BY

dBlua R

THCF D *— "HI20)

Znak minus:

szkietko z tkankg ujemna (zob. krok 4 w czesci
6.5.2 - Tworzenie szkietek)

Znak plus:

szkietko z tkankg dodatnig (zob. krok 4 w czesci
6.5.2 - Tworzenie szkietek)

Czerwona litera P:

priorytetowe szkietko LIS (zob. 11.2.5 - Szkietka
priorytetowe)

Etykieta probki:

etykieta nadrukowana na szkietku

Klikng¢ dwukrotnie szkietko, aby otworzy¢ okno dialogowe Slide properties (wtasciwosci szkietka). Klikngé
prawym przyciskiem myszy, aby usung¢ szkietko lub wydrukowac dla niego etykiete.
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6.5.2 Tworzenie szkietek

Sposdb tworzenia szkietek w systemach teranostycznych Leica opisano w instrukcjach dostarczonych z tymi

systemami.

Aby utworzy¢ nowe szkietko:

1. Klikng¢ przypadek na liscie przypadkow.
2. Klikng¢ Add slide (dodaj szkietko), aby wyswietli¢ okno dialogowe Add slide (dodaj szkietko).

Edward, A.

Case ID:
3688

Doctor:
Smith

Slide ID:

Case N°:
53

Case comments:

Date created:

Add slide

Slide comments
Tissue type: Dispense volume:
«  Testtissue 100 pL

Negative tissue « 150 pL

Positive tissue

Staining mode:

Single - Routine

Single
04-Sep-13 7:53:56 AM
Process: <) IHC ISH
Marker: *CD5 (4C7) -
Protocols
Staining: *IHC Protocol F -
Preparation: *Dewax -
HIER: *HIER 20 min with ER2 | - |
Enzyme: -

Figure 6-3: Okno dialogowe Add slide (dodaj szkietko)

Do nowego szkietka automatycznie przypisywany jest nowy identyfikator Slide ID (ID szkietka), ale
nie jest on wyswietlany do momentu zapisania szkietka poprzez klikniecie opcji Add slide (dodaj
szkietko) w oknie dialogowym.

3. Jesli to konieczne, doda¢ komentarz do szkietka.

4. Wybrac typ tkanki (tkanka testowa, tkanka ujemna, tkanka dodatnia), klikajac jeden z przyciskow
wyboru pod opcjg Tissue type (typ tkanki).
Zob. 6.2.1 - Tkanka kontrolna lub 14.3.2 - Tkanki kontrolne, aby uzyskac wiecej szczegotow na temat
prébek kontrolnych.
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b

W razie potrzeby zmieni¢ objeto$¢ dozowania dla szkietka
(zob. 6.5.8 - Objetos¢ dozowania i pozycja tkanek na szkietkach).
Wybra¢ tryb barwienia.

o

« W pierwszym polu wybrac Single (pojedyncze) (ustawienie domysine), jesli przeprowadzone
ma zostac¢ barwienie pojedyncze, lub Sequential DS (sekwencyjne DS) bagdz Parallel DS
(réwnoczesne DS) (zob. 7.1.1 - Metody barwienia).

« W drugim polu wybra¢ Routine (rutynowe) (ustawienie domyslne) (opcje Oracle wybierac
wylacznie, jesli jest to wyraznie wskazane w instrukcji dotyczacej systemu Bond™ Oracle™
HER2 IHC).

N

Wybra¢ proces barwienia (IHC lub ISH).

Wybra¢ przeciwciato pierwszorzedowe lub sonde z listy rozwijanej Marker na karcie Single
(pojedyncze), jesli wybrano barwienie pojedyncze, lub na karcie First (pierwsze), jesli wybrano
sekwencyjne barwienie podwdjne. W przypadku réwnoczesnego barwienia podwdjnego wybrac
marker na karcie Parallel DS (réwnolegte DS).

Aby rozpoczac przebieg z ujemnym odczynnikiem kontrolnym IHC, wybra¢ domysiny odczynnik
ujemny *Negative (*ujemny) lub odczynnik ujemny utworzony przez uzytkownika (zob.
14.3.3 - Ujemne odczynniki kontrolne do IHC).

©

Aby rozpocza¢ przebieg z ujemnym odczynnikiem kontrolnym ISH, wybrac ,*RNA Negative Control
Probe” (*ujemna sonda kontrolna RNA) lub ,,*DNA Negative Control” (*ujemna sonda kontrolna
DNA).

Aby rozpoczgc przebieg z dodatnim odczynnikiem kontrolnym ISH, wybrac ,,*RNA Positive Control
Probe” (*dodatnia sonda kontrolna RNA) lub ,,*DNA Positive Control Probe” (*dodatnia sonda
kontrolna DNA).

6 Aby dodac lub usungac¢ elementy z listy rozwijanej Marker, zaznaczy¢ lub odznaczy¢ pole Preferred
(preferowany) obok danego odczynnika na ekranie Reagent Setup (konfiguracja odczynnikéw).
Wiecej informacji znajduje sie w czesci 8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika.

9. Wybrac¢ odpowiedni protokét dla kazdego etapu przetwarzania.
Po wybraniu przeciwciata pierwszorzedowego lub sondy oprogramowanie dobierze protokdt
domysiny. Sprawdzi¢, czy dla kazdego etapu ustawiono wiasciwe protokoty i w razie potrzeby wybrac
nowy protokdt z odpowiedniej listy rozwijanej. Wybrac *- - - -, jezeli dla danego etapu nie jest
wymagany zaden protokot.

Domysline protokoty ustawia sie na ekranie Reagent Setup (konfiguracja odczynnikéw). Zob.
8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika.

6 Aby dodac lub usung¢ elementy z listy rozwijanej Protocol (protokdt), zaznaczyc lub odznaczy¢ pole
Preferred (preferowany) obok danego protokotu na ekranie Protocol Setup (konfiguracja
protokotdw). Wiecej informacji znajduje sie w czesci 7.2.1 - Szczegdty protokotu.

10. W przypadku sekwencyjnego barwienia podwdjnego klikng¢ przycisk Second (drugi) i wybrac drugi
marker.

Taj jak dla pierwszego markera, sprawdzi¢ domysine protokoty i w razie potrzeby zmienic je.
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11.Klikng¢ przycisk Add slide (dodaj szkietko).

Nacisniecie opcji Add slide (dodaj szkietko) powoduje dodanie szkietka wraz ze szczegdtami
aktualnie wyswietlanymi w oknie dialogowym Add slide (dodaj szkietko), ale nie zamyka okna
dialogowego. Utatwia to szybkie dodanie kilku szkietek do wybranego przypadku.

12.Klikng¢ Close (zamknij) po zakonczeniu dodawania szkietek do przypadku.

6.5.3 Kopiowanie szkietek

6 Szkietka nie mozna skopiowac, jesli przypisano do niego usuniety protokot.

Aby skopiowac istniejgce szkietko:
1. Klikng¢ dwukrotnie szkietko, ktore ma zosta¢ skopiowane, aby otworzy¢ okno dialogowe Slide
properties (whasciwosci szkietka).
2. Klikng¢ opcje Copy slide (kopiuj szkietko).
Okno dialogowe zmieni sie w okno Add slide (dodaj szkietko) z przyciskiem Add slide (dodaj
szkietko).

2. Sprawdzi¢ szczegoty szkietka i zmienic je w razie potrzeby.
3. Klikng¢ przycisk Add slide (dodaj szkietko).

Nowe szkietko, wraz ze wszelkimi komentarzami, zostanie dodane do tego samego przypadku, co
skopiowane szkietko.

6.5.4 Edytowanie szkietka

Aby edytowac szczegoty szkietka z poziomu ekranu Slide setup (konfiguracja szkietek), klikng¢ dwukrotnie
dane szkietko, aby otworzy¢ okno dialogowe Slide properties (wasciwosci szkietka). Zmieni¢ szczegoty
W sposOb opisany w czesci 6.5.2 - Tworzenie szkietek.

6 W przypadku edycji szczegotow szkietka, dla ktdrego etykieta zostata juz wydrukowana, przed rozpoczeciem
przetwarzania szkietka nalezy ponownie wydrukowac etykiete.

6.5.5 Usuwanie szkietek

Aby usungc szkietko z listy szkietek, klikngc¢ je prawym przyciskiem myszy na liscie na ekranie Slide setup
(konfiguracja szkietek) i z podmenu wybrac opcje Delete slide (usun szkietko). Do usuniecia zaznaczonego
szkietka mozna réwniez uzy¢ klawisza Delete.

6.5.6 Reczna identyfikacja szkietka

Kazde szkietko w systemie BOND mozna zidentyfikowa¢ w dowolnym momencie. Klikng¢ ikone Search
Search (szukaj) na pasku funkcji, aby otworzy¢ okno dialogowe Manual ID entry (reczne @\
wprowadzanie ID).
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Manual ID entry

Select search mode:

o Autamatic Slide Reagent package

Erler the shde of reagent ID. (The slde 1D 8 cass sensilive)
Chek Validate when complaled.

Postac 6-4: Okno dialogowe recznego wprowadzania ID

W przypadku szkietek z etykietami z jedno- lub dwuwymiarowym kodem kreskowym, na przykfad
drukowanymi przez system BOND, zeskanowac etykiete, aby otworzyc¢ okno dialogowe Slide properties
(whasciwosci szkietka). Mozna tez recznie wprowadzi¢ 8-cyfrowy numer ID, w tym wiodace zera, a nastepnie
klikna¢ przycisk Validate (walidacja).

W przypadku szkietek alfanumerycznymi ID wpisac¢ w polu czteroznakowy identyfikator szkietka (pierwsze
cztery znaki etykiety z ID), a nastepnie klikng¢ Validate (walidacja).
6.5.7 Dodawanie panelu szkietek

Panel to wstepnie zdefiniowany zestaw markerdw powigzanych z typami tkanek. Panele stuzg do szybkiego
dodawania szkietek z powszechnie uzywanymi wraz z nimi markerami — zob. 8.4 - Ekran paneli odczynnikdw.

Aby dodac panel szkietek do przypadku, z poziomu ekranu Slide setup (konfiguracja szkietek) wykonac
nastepujgce czynnosci:
1. Kliknac¢ opcje Add panel (dodaj panel). Otwarte zostanie okno dialogowe Add tests from panel
(dodaj testy z panelu).
2. Wybra¢ panel z listy rozwijanej. Wyswietlone zostang szkietka znajdujace sie w panelu.

3. W razie potrzeby wykluczy¢ niektdre szkietka, odznaczajgc pola wyboru, a nastepnie klikngé przycisk
OK.

Oprogramowanie BOND doda szkietka do przypadku.

« W przypadku szkietek ISH objeto$¢ dozowania jest automatycznie ustawiana na 150 .

« W przypadku szkietek IHC objeto$¢ dozowania jest ustawiana na wartos¢ domysing dla
przypadku.

« Dla wszystkich szkietek protokét przygotowania jest ustawiany na domysiny dla przypadku.

Panele mozna wykorzysta¢ do dodawania szkietek w trybach barwienia pojedynczego lub
rownoczesnego barwienia podwojnego DS, ale nie w trybie sekwencyjnego barwienia podwdjnego
DS.

6.5.8 Objetos¢ dozowania i pozycja tkanek na szkietkach

Oprogramowanie BOND posiada dwa ustawienia objetosci dozowania, ustawiane dla kazdego szkietka

w oknie dialogowym Add slide (dodaj szkietko) (zob. 6.5.2 - Tworzenie szkietek). Ustawienie 100 pl moze
by¢ uzywane wylgcznie do szkietek IHC w module przetwarzania BOND-MAX — w przypadku wszystkich
szkietek przetwarzanych w urzgdzeniu BOND-III i wszystkich szkietek ISH (w obu typdw modutu
przetwarzania) nalezy stosowac ustawienie 150 l.
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Ustawienie objetosci dozowania okresla miejsce, w ktérym odczynnik jest dozowany na szkietku, oraz ilos¢
dozowanego odczynnika:

« W przypadku ustawienia 100 pl szkietka nakrywkowe Covertile sg odciggane do tytu o okoto pot
dtugosci szkietka, a sonda aspiracyjna dozuje przeciwciata na gorng czesc szkietek nakrywkowych
Covertile (mniej wiecej w potowie szkietka).

« W przypadku ustawienia 150 pl szkietka nakrywkowe Covertile pokrywajg niemal cate szkietka
podstawowe. Ponownie, odczynnik jest dozowany na gorng czes¢ szkietek Covertile, dzieki czemu
wiekszy obszar szkietek jest pokryty odczynnikiem.

Réznica w obszarach szkietek, na ktore dozowany jest odczynnik sprawia, ze prawidtowe umiejscowienie
tkanki na szkietku jest bardzo wazne. Przy objetosci 100 pl zazwyczaj barwiona jest tylko jedna probka,

z tego powodu powinna ona by¢ umieszczona na dolnej potowie szkietka (z dala od etykiety). Przy objetosci
150 pl na szkietku mozna bez problemu umiesci¢ dwie probki tkanki; jesli prébka jest tylko jedna, nalezy ja
umiesci¢ na $rodku szkietka. Obszary szkietka uzywane przy réznych ustawieniach objetosci dozowania
przedstawiono na Postaé 6-5. Szkietka Leica BOND Plus posiadajg oznaczenie wskazujgce obszary,

w ktdrych nalezy umiescic¢ tkanke.

100 pl 150 pl

Obszar
uzyteczny

/

4,/

~—

e

Postac 6-5: Obszary zakreskowane pokazujg miejsce umieszczenia tkanki na szkietkach przy réznych
objetosciach dozowania.
Na szkietkach Leica BOND Plus znajduja sie kropki oznaczajace potozenie tkanki (zob. 2.6.1 - Szkietka).

Modut przetwarzania BOND dozuje tylko objetos¢ 150 pl — w przypadku zatadowania szkietek
przeznaczonych do objetosci dozowania 100 pl rozpoczecie przetwarzania nie bedzie mozliwe.

Objetosci dozowanych przeciwciat dla szkietek IHC (w urzadzeniach BOND-MAX oraz BOND-III) sg
przedstawione w oknie dialogowym Add slide (dodaj szkietko) — 100 ul lub 150 pl. Dla szkietek ISH (w obu
urzadzeniach) wymuszana jest objetos¢ 150 ul, zas moduty przetwarzania wykorzystujg szkietka
nakrywkowe Covertile 150 ul i pozycje dozowania sond przypisane do tej objetosci. Jednak system BOND
dozuje wiecej niz 150 pl sondy:

« dla sond RNA system BOND dozuje 220 pl w dwodch krokach — 150 pl i 70 pl;

« dla sond DNA system BOND dozuje 240 ul w dwdch krokach — 150 pl i 90 pl.

Na etapach ptukania i innych uzywane sg rézne objetosci dozowania, zaleznie od protokotu.
Domysine wartosci objetosci dozowania

W przypadku badania IHC objeto$¢ dozowania w urzadzeniu BOND-MAX (150 pl lub 100 pl) mozna ustawic¢
osobno dla kazdego szkietka, jednak oprogramowanie BOND umozliwia skonfigurowanie tylko dwéch
poziomoéw domysinych. Istnieje réwniez mozliwos$¢ skonfigurowania ustawienia domysinego dla catego
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systemu (zob. 10.5.2 - Ustawienia przypadkdw i szkietek). Ustawienie to jest zastepowane domysinym
ustawieniem dla konkretnego przypadku ustawianym w oknie dialogowym Add case (dodaj przypadek)
(zob. Dodawanie przypadku (Section 6.3.3 on page 120)). Objetos¢ dozowania mozna tez skonfigurowac
osobno dla poszczegdinych szkietek w oknie dialogowym Add slide (dodaj szkietko) (zob. 6.5.2 - Tworzenie

szkietek).

Szkietka przetwarzane w ramach tego samego przebiegu muszg miec te samg objetos¢ dozowania (zob.
6.9 - Zgodno$¢ szkietek).
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6.6 Etykietowanie szkietek

Wszystkie szkietka barwione w systemie BOND muszg posiadac etykiety umozliwiajgce ich zidentyfikowanie
w oprogramowaniu, dzieki czemu system moze uruchamia¢ przebiegi z wtasciwymi dla tych szkietek
protokotami. Etykiety szkietek utworzone w systemie BOND zawierajg ID (w postaci znakow
alfanumerycznych lub kodu kreskowego 1D badz 2D) uzywane do automatycznego identyfikowania szkietek
w modutach przetwarzania. Etykiety utworzone w systemie LIS (z ID w postaci kodu kreskowego 1D lub 2D)
rowniez mogg by¢ identyfikowane automatycznie. Jednakze etykiety szkietek powinny zawsze zawierac
dodatkowe, czytelne dla cztowieka informacje pozwalajgce zidentyfikowac szkietko, kiedy ID nie mogg
zosta¢ automatycznie zidentyfikowane np. z powodu rozmazania (zob. 10.3 - Labels (etykiety)).

Etykiety nalezy naklejac na szkietka przed ich zatadowaniem do urzadzenia. Zadbac o to, aby etykiety byty
prawidtowo przyklejone — dzieki temu czytnik ID bedzie w stanie prawidtowo je zeskanowac (w przypadku
koddw kreskowych 1D lub 2D) lub zobrazowa¢ (w przypadku ID w postaci alfanumerycznych i, w niektorych
sytuacjach, kodoéw kreskowych).

Jesli system zawiera drukarke etykiet do szkietek BOND, nalezy uzywac etykiet dostarczonych przez Leica
Biosystems.

« 6.6.1 - Drukowanie etykiet i naklejanie ich na szkietka
e 6.6.2-1ID szkietek i ID etykiet

6.6.1 Drukowanie etykiet i naklejanie ich na szkietka

6 Aby wydrukowac etykiete dla pojedynczego szkietka, klikng¢ szkietko prawym przyciskiem myszy
i wybrac opcje Print label (drukuj etykiete). W takim przypadku okno dialogowe Print slide labels
(drukuj etykiety szkietek) nie zostanie wysSwietlone. W systemie BOND-ADVANCE zawierajgcym
zdefiniowane grupy do wydrukowania etykiety uzyta zostanie domysina drukarka etykiet do szkietek.
W innych systemach wybrana zostanie pierwsza drukarka etykiet do szkietek znajdujaca sie na liscie
(zob. 10.6.3 - Slide Labelers (drukarki etykiet do szkietek)).

1. Po skonfigurowaniu wszystkich szkietek klikng¢ opcje Print labels (drukuj etykiety) na ekranie Slide
setup (konfiguracja szkietek).
2. Okresli¢, czy wydrukowane majg zostac:

« Wszystkie jeszcze niewydrukowane etykiety szkietek — drukarka wydrukuje etykiety dla tych
szkietek ze wszystkich przypadkoéw, dla ktdrych etykiety nie zostaty jeszcze wydrukowane.

« Wszystkie etykiety szkietek jeszcze niewydrukowane dla danego przypadku — drukarka
wydrukuje etykiety dla tych szkietek z biezgcego przypadku, dla ktorych etykiety nie zostaty
jeszcze wydrukowane.

« Wszystkie etykiety dla biezgcego przypadku — drukarka wydrukuje wszystkie etykiety dla
aktualnie wybranego przypadku, w tym juz wydrukowane etykiety.

6 Etykiety szkietek sg drukowane w kolejnosci, w jakiej zostaty utworzone przypadki, a w obrebie
kazdego przypadku — w kolejnosci utworzenia szkietek.

3. Wybrac drukarke etykiet do szkietek.
(Drukarke domyslng ustawia sie na ekranie Hardware (osprzet) klienta administracyjnego — zob.
10.6.2 - Pods (grupy)).
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4. Klikna¢ opcje Print (drukuj).

ﬁ W trakcie procesu drukowania etykiet w lewym dolnym rogu ekranu Slide g
setup (konfiguracja szkietek) bedzie miga¢ odpowiednia ikona.

5. Upewnic sie, ze matowa powierzchnia szkietka, gdzie naklejana bedzie etykieta, jest catkowicie sucha
(wytarcie chusteczka nie jest wystarczajgce), a nastepnie nakleic etykiete z ID szkietka ustawionym
rownolegle wzgledem krawedzi szkietka.

6. Etykieta powinna znajdowac sie po wiasciwej stronie szkietka (tej samej, co tkanka, kiedy szkietko
jest przytrzymywane tak, aby etykieta byta u gory).

Prawidtowo wyréwnac etykiete, poniewaz modut przetwarzania nie jest w stanie prawidtowo
obrazowac nieprawidtowo wyréwnanych etykiet.

000055 Prawidiow f E] 000 EE Nieprawidiow Nieprawidiow
o: o: o:
Etykieta jest B Etykieta Etykieta jest

/ prawidtowo X nachodzi na przekrzywiona.

wyréwnana krawedzie
wzgledem szkietka.
krawedzi
szkietka.

Postac 6-6: Rozmieszczenie etykiety wzgledem krawedzi szkietka

krawedziami szkietka. Odstonieta powierzchnia samoprzylepna moze spowodowac
przywarcie etykiety (i szkietka) do szkietka nakrywkowego Covertile lub innego
elementu i uszkodzenie szkietka.

2 Wszystkie czesci etykiety powinny znajdowac sie w obszarze ograniczonym

6.6.1.1 Zewnetrzne odparafinowanie i odstanianie epitopu

Jesli odparafinowanie i odstanianie epitopu sg wykonywane zewnetrznie, a nie przez system BOND,
czynnosci te najlepiej wykonac po naklejeniu etykiet na szkietka. Zapobiega to wysychaniu szkietek podczas
wprowadzania szczegdtéw i konfiguracji systemu BOND przed uruchomieniem wymaganych protokotéw

i pozwala unikngé problemdw z etykietowaniem mokrych szkietek.

W przypadku odparafinowania z uzyciem ksylenu poza urzadzeniem nie dotykac etykiety, aby jej nie
rozmazac. Etykiete mozna rowniez zabezpieczy¢ specjalng ostong BOND.

Wydtuzone namaczanie lub wystawienie szkietka na dziatanie ksylenu i/lub wody moze zmniejszy¢
skuteczno$¢ kleju do etykiet z ID szkietek. Zaleca sie, aby nie zanurzaé etykiet w ksylenie ani wodzie na
dtuzej niz dziesie¢ minut. Podczas odparafinowania i odwadniania poza urzgdzeniem wazne jest, aby poziom
odczynnika znajdowat sie ponizej poziomu etykiety szkietka.

Dewax Solution. Nie uzywac ksylenu, zamiennikow ksylenu ani innych odczynnikéw,

2 W urzadzeniach BOND-III oraz BOND-MAX uzywac wytacznie roztworu BOND
ktore mogg rozktadac czesci urzadzenia i powodowac wyciek ptynu.
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6.6.2 ID szkietek i ID etykiet

System BOND przypisuje unikatowe ID szkietka do kazdego nowo utworzonego szkietka. System BOND
tworzy réwniez unikatowe ID etykiety dla kazdej wydrukowanej etykiety szkietka.

Z poziomu klienta administracyjnego mozna okresli¢, czy ID etykiety ma by¢ alfanumeryczne (OCR), czy tez
stanowi¢ kod kreskowy 1D lub 2D (zob. 10.5.2 - Ustawienia przypadkdw i szkietek).

W przypadku szkietek LIS ID szkietka mozna zdefiniowaé w systemie LIS i moze by¢ dowolng wartos¢
liczbowa (zawierajaca 8 cyfr lub mniej).

6.6.2.1 ID etykiet z kodem kreskowym

Etykiety z kodem kreskowym zawierajg ID sktadajace sie z 4 znakéw ASCII stanowigcych unikatowy
identyfikator szkietka.

6.6.2.2 ID etykiet alfanumerycznych

W przypadku etykiet alfanumerycznych pierwsze cztery znaki stanowig unikatowe ,ID szkietka”, ktére na
wydrukowanej etykiecie zawiera dodatkowy tréjznakowy przyrostek pomagajgcy zapewnic prawidtowg
identyfikacje szkietka podczas obrazowania.

6.6.2.3 Identyfikacja szkietek

Po umieszczeniu etykiet na szkietkach system jest w stanie identyfikowac szkietka na kazdej pozycji
w zespotach barwienia szkietek (zob. 5.1.5.1 - Automatyczna identyfikacja szkietek).

Szkietka bez ID lub z nierozpoznanym ID muszg zostac¢ zidentyfikowane recznie (zob. 5.1.5.2 - Reczna
identyfikacja szkietek w urzadzeniu). Alternatywnie mozna tez na nowo wydrukowac i naklei¢ etykiete na
szkietko i ponownie przeprowadzi¢ obrazowanie.

Informacje, ktore majg znajdowac sie na etykietach szkietek, konfiguruje sie na ekranie Label
configuration (konfiguracja etykiet) klienta administracyjnego (zob. 10.3 - Labels (etykiety)).
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6.7 Raport dot. podsumowania konfiguracji szkietka

Podsumowanie konfiguracji szkietka obejmuje wszystkie szkietka (ze wszystkich przypadkdéw)
skonfigurowane obecnie na ekranie Slide setup (konfiguracja szkietek). Szkietka sg pogrupowane wg
przypadkdw i zawierajg szczegodty, takie jak wybrany marker czy objeto$¢ dozowania. U dotu raportu
znajduje sie lista wszystkich odczynnikéw i systemdw odczynnikéw dla szkietek ujetych w raporcie, wraz
z liczba testow dla kazdego odczynnika. Listy dla urzgdzerh BOND-MAX oraz BOND-III sg oddzielne.

Raport pomaga przy przygotowywaniu przebiegu. Pozwala zapewnic, ze szkietka umieszczone na kazdej
tacy sg zgodne (zob. 6.9 - Zgodnosc¢ szkietek) i wskazuje odczynniki oraz systemy odczynnikdw, ktdre nalezy
zatadowad.

Aby utworzy¢ raport dot. konfiguracji szkietek, klikng¢ Slide setup summary (podsumowanie konfiguracji
szkietek).

Dla kazdego szkietka raport zawiera ponizsze informacje.

Pole Opis

Slide ID (ID szkietka) Unikatowy identyfikator przypisany przez system BOND do kazdego
szkietka

Marker Markery

Staining protocol Protokdt barwienia

(protokot barwienia)

Preparation Protokot przygotowania (jesli dotyczy)

(przygotowanie)

HIER Protokdt HIER (jesli dotyczy)

Enzyme (enzym) Protokdt odstaniania enzymatycznego (jesli dotyczy)

Dispense volume Dozowana objetos¢ odczynnika (zob. 6.5.8 - Objeto$¢ dozowania i pozycja

(objetos¢ dozowania) | tkanek na szkietkach)

Tissue type (typ tkanki) | Tkanka testowa, dodatnia tkanka kontrolna lub ujemna tkanka kontrolna

6 W przypadku sekwencyjnego barwienia podwdjnego w kolumnach Marker, Protocols (protokoty), Dispense
volume (objetos¢ dozowania) i Tissue type (typ tkanki) wyswietlane sg dwa wiersze pogrupowane wedtug
ID szkietka.

Wiecej szczegdtdw na temat okna raportow i opcji drukowania znajduje sie w czesci 3.7 - Raporty.
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6.8 Reczne tworzenie slajdow i przypadkow

Domyslnie system BOND jest skonfigurowany tak, aby nowe przypadki i szkietka mogty zostac utworzone po
zatadowaniu tacy na szkietka do modutu przetwarzania i zakonczeniu obrazowania szkietek.

W pierwszej czesci ponizej zawarto wskazowki dotyczace takiego ,recznego” tworzenia przypadkéow
i szkietek. W drugiej czesci opisano ustawienia dla alternatywnych przebiegoéw pracy.

« 6.8.1 - Tworzenie nowych przypadkdw i/lub szkietek po zakonczeniu obrazowania
« 6.8.2 - Opcje identyfikacji szkietek w urzadzeniu

6.8.1 Tworzenie nowych przypadkow i/lub szkietek po zakonczeniu
obrazowania

Aby dodac informacje o przypadku i szkietku po zatadowaniu i zobrazowaniu szkietek, postepowac zgodnie
Z ponizszg procedurg (procedura jest podobna do procedury wspomagania wykrywania ID opisanej w czesci
5.1.5.2 - Reczna identyfikacja szkietek w urzadzeniu, ale obejmuje réwniez tworzenie nowych przypadkow

i szkietek).

1. Zatadowac szkietka do modutu przetwarzania w standardowy sposob.
Nie ma potrzeby tworzenia przypadkéw ani szkietek w oprogramowaniu BOND ani drukowania
osobnych etykiet — mozna uzywac etykiet odrecznych lub etykiet innych producentow.

2. Jesli system nie rozpozna szkietek, wyswietli obrazy etykiet.

e
il
w0

Figure 6-7: Szkietko, ktdre nie zostato automatycznie zidentyfikowane

6 Jesli w przypadku danego modutu przetwarzania obrazy etykiet nie sg w ogdle wyswietlane, mozna
skonfigurowac oprogramowanie tak, aby nie przechwytywac obrazow etykiet szkietek dla tego modutu.
Skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta, aby uzgodni¢ zmiane tego ustawienia modutu przetwarzania.
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3. Aby uruchomi¢ funkcje Slide identification (identyfikacja szkietek), wykonac jedng z ponizszych
czynnosci:
i. Dwukrotnie klikng¢ obraz szkietka.
ii. Klikng¢ obraz prawym przyciskiem myszy i wybrac¢ opcje Select manually (wybierz recznie)
z podmenu.

Pojawi sie okno dialogowe Slide identification (identyfikacja szkietek) z przyciskami New case
(nowy przypadek) oraz New slide (nowe szkietko) (elementy 1i 2 na Figure 6-8).

Casa I Elidurs Slidw trarg: 3
IR = N = 3
LS - 3 ok Srucy Aken :“wl-‘ wene 3]
HANE SR K Paad [;Fexre e
AR M
I EHE Adbar Joswy Fanma Hadey el
TARIGHTS KevnFaanal A Seak wenes )
CEID - 4060 Cotihil Hary ey Gy
CEl4E 224289 18 Karvin Faansl (=2 R LRl 1
=2 /] Theeus L2 LU - |
S154 - 2560 Cuto | m =
et Y
CEODE.-IEEF] Ak K F: B
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Figure 6-8: Okno dialogowe identyfikacji szkietek z wyswietlaniem statusu szkietek

W niektorych laboratoriach przycisk ,,New case” (nowy przypadek) lub oba przyciski ,New case” (nowy
przypadek) i ,New slide” (nowe szkietko) mogg by¢ niedostepne — zob. 6.8.2 - Opcje identyfikacji szkietek

W urzadzeniu.

Aktywne szkietko jest pod$wietlone na tacy na szkietka (element 3).

Okno dialogowe zawiera powiekszony obraz etykiety (element 4), co utatwia identyfikacje szkietka.
Przytrzymac kursor nad szkietkiem w prawym okienku, aby jeszcze bardziej powiekszy¢ obraz
etykiety.

W lewym okienku znajduije sie lista wszystkich przypadkoéw dla biezgcych szkietek. W przypadku
ustawien domyslnych wyswietlane sg tylko przypadki ze szkietkami, dla ktérych wydrukowane zostaty
etykiety (ustawienia te mozna zmienic tak, aby uwzgledni¢ przypadki ze szkietkami, dla ktdrych
etykiety nie zostaty wydrukowane, zob. 6.8.2.2 - Zewnetrzne etykiety szkietek).

Srodkowe okienko zawiera szkietka skonfigurowane dla przypadku wybranego w okienku po lewej,
gdzie szkietka nie zostaly jeszcze dopasowane do szkietek obrazowanych w module przetwarzania.
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Ponownie, domysInie wyswietlane sa tylko szkietka, dla ktérych zostaty wydrukowane etykiety,
jednak ustawienie to mozna zmieni¢, aby wyswietli¢ wszystkie szkietka skonfigurowane dla
przypadku.

6 Upewnic sie, ze wybrano wiasciwy obraz etykiety, poniewaz nieprawidtowy wybdr moze mie¢ wptyw na
szkietka.

4.

Aby utworzy¢ nowy przypadek, klikng¢ opcje New case (nowy przypadek) (element 1).
Utworzy¢ nowy przypadek dla wybranego szkietka w normalny sposdb (zob. 6.3.3 - Dodawanie
przypadku).

Po kliknieciu OK w oknie dialogowym Add case (dodaj przypadek) zaznaczy¢ nowy przypadek na
liscie przypadkdw w oknie dialogowym Slide identification (identyfikacja szkietek).

Aby utworzy¢ nowe szkietko dla wiasnie powstatego przypadku, klikng¢ opcje New slide (nowe
szkietko) (element 2).

Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Add slide (dodaj szkietko).

Utworzy¢ nowe szkietko w oprogramowaniu dla fizycznego szkietka wybranego w okienku po prawej
stronie (zob. 6.5.2 - Tworzenie szkietek).

Po dodaniu nowe szkietko jest wyswietlane w srodkowym okienku okna dialogowego (jesli oczywiscie
nowy przypadek jest nadal zaznaczony na liscie przypadkéw po lewej stronie).

Upewnic sie, ze w okienku po prawej nadal zaznaczony jest wiasciwy obraz etykiety. Klikng¢ opcje
Insert (wstaw), aby dopasowac go do nowego szkietka w srodkowym okienku.

Szkietko zostanie usuniete ze srodkowego okienka, a obraz etykiety w prawym okienku zostanie
zastgpiony informacjami systemowymi dla szkietka zgodnymi z danymi wprowadzonymi dla nowo
utworzonego szkietka.

W przypadku nieprawidtowego dopasowania szkietek krok mozna cofng¢, wybierajac szkietko
w okienku po prawej stronie i klikajgc przycisk Remove (usun).

Szkietko mozna teraz przetwarzac w standardowy sposob.
Powtdrzyc¢ procedure tworzenia nowych przypadkow i szkietek dla pozostatych szkietek na tacy.
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6.8.2 Opcje identyfikacji szkietek w urzadzeniu

System mozna skonfigurowac tak, aby dopusci¢ lub wymusic rézne przebiegi identyfikacji szkietek. W tym
celu w oknie dialogowym Slide identification (identyfikacja szkietek) klienta administracyjnego nalezy
zaznaczy¢ lub odznaczy¢ odpowiednie opcje.

6.8.2.1 Ograniczanie lub wytgczanie funkcji recznego tworzenia szkietek i przypadkow

Domyslnie system BOND umozliwia zatadowanie szkietek, ktdre nie zostaty utworzone w oprogramowaniu
BOND (lub nie zostaty zaimportowane z systemu LIS) i utworzenie przypadkdw i szkietek w oknie
dialogowym Slide identification (identyfikacja szkietek) po zakonczeniu obrazowania szkietek. Mozna tez
skonfigurowac system tak, aby uniemozliwi¢ tworzenie nowych przypadkéw w ten sposéb (ale wcigz
zezwalac na tworzenie nowych szkietek dla istniejgcych przypadkow) lub catkowicie uniemozliwiac tworzenie
szkietek (i przypadkdw) po zatadowaniu szkietek. W zaleznosci od ustawien niedostepny bedzie tylko
przycisk New case (nowy przypadek) lub oba przyciski New case (nowy przypadek) oraz New slide
(nowe szkietko) w oknie dialogowym Slide identification (identyfikacja szkietek) (zob. Figure 6-8).

Funkcje recznego tworzenia szkietek i przypadkéw mozna ograniczy¢ lub wytaczy¢ z poziomu ekranu
Laboratory Configuration (konfiguracja laboratorium) klienta administracyjnego (zob.
10.5.2 - Ustawienia przypadkdw i szkietek).

6.8.2.2 Zewnetrzne etykiety szkietek

System BOND mozna skonfigurowac tak, aby przed rozpoczeciem przetwarzania zgdat (lub nie)
wydrukowania wszystkich etykiet szkietek przez system BOND. Ustawienia dla szkietek LIS i szkietek innych
niz LIS sg oddzielne.

W przypadku szkietek innych niz LIS domyslnie wymagana jest etykieta wydrukowana przez system BOND.
Oznacza to, ze fizyczne szkietka bez etykiet wydrukowanych przez system BOND nie sg automatycznie
dopasowywane do szkietek utworzonych w oprogramowaniu (nawet jesli ID sg takie same). Co wiecej,
szkietek tych nie da sie dopasowac recznie przy uzyciu okna dialogowego Slide identification
(identyfikacja szkietek), poniewaz w oknie tym wys$wietlane sg tylko szkietka z etykietami wydrukowanymi
przez system BOND. W rezultacie laboratoria nie posiadajgce zintegrowanego systemu BOND-LIS
pozwalajgcego na odczytywanie etykiet odrecznych lub wydrukowanych na urzadzeniach zewnetrznych
muszg wylgczy¢ te opcje. To sprawia, ze wszystkie szkietka utworzone w systemie sg dostepne do
dopasowania do szkietek zaladowanych do modutu przetwarzania, niezaleznie od tego, czy etykiety zostaty
wydrukowane przez system BOND, czy tez nie.

Aby umozliwi¢ przetwarzanie szkietek, ktore nie posiadajg etykiet wydrukowanych przez system BOND,
odznaczy¢ opcje Force printing in BOND (wymus drukowanie w systemie BOND) w na ekranie
Laboratory (laboratorium) klienta administracyjnego (zob. 10.5.2 - Ustawienia przypadkow i szkietek).
(Odznaczanie opcji Force printing in BOND (wymus drukowanie w systemie BOND) celem umozliwienia
reczne tworzenia szkietek i przypadkdw nie jest konieczne — zob. 6.8.2.1 - Ograniczanie lub wytgczanie
funkcji recznego tworzenia szkietek i przypadkdow).
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Szkietka utworzone przed odznaczeniem opcji Force printing in BOND (wymus drukowanie w systemie
BOND) nie beda dostepne do przetwarzania do momentu wydrukowania ich etykiet, chociaz szkietka
utworzone po usunieciu zaznaczenia nie muszg miec etykiet drukowanych.

W przypadku szkietek LIS etykieta wydrukowana przez system BOND nie jest wymagana. Oznacza to, ze
szkietka z etykietami wydrukowanymi przez system LIS mogg by¢ automatycznie dopasowywane do szkietek
w oprogramowaniu BOND (zaimportowanych z systemu LIS). Je$li przeprowadzenie automatycznego
dopasowania nie jest mozliwe (np. jesli etykieta szkietka jest rozmazana), mozna recznie dopasowac
szkietka przy uzyciu okna dialogowego Slide identification (identyfikacja szkietek). Jesli jednak konieczne
jest wymuszenie wydruku etykiet przez system BOND dla szkietek LIS, nalezy wigczyc opcje Force LIS
printing in BOND (wymus drukowanie etykiet dla szkietek LIS w systemie BOND) na ekranie LIS klienta
administracyjnego — zob. 10.2 - LIS.
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6.9  Zgodnosc szkietek

Aby zapewnic synchronizacje krokdéw w kazdym przebiegu w sposdb gwarantujgcy optymalne wyniki dla
wszystkich szkietek na tacy, system BOND sprawdza je pod katem zgodnosci podczas zatadunku tacy na
szkietka. Niezgodne szkietka sg wyswietlane na ekranie System status (stan systemu). Przed
rozpoczeciem przebiegu nalezy usungc¢ lub wymienié¢ niezgodne szkietka (zob. 5.1.4.4 - Rozwigzywanie
problemu z niezgodng konfiguracjag szkietek).

Aby szkietka zostaty uznane za zgodne, wszystkie muszg:

« miec takg samg objetos¢ dozowania;

« byc¢ przeznaczone do barwienia pojedynczego lub do réwnoczesnego barwienia podwdjnego lub do
sekwencyjnego barwienia podwdjnego;

« miec przypisany ten sam protokoét przygotowywania;

. miec przypisany ten sam protokot barwienia; oraz

« miec przypisane zgodne protokoty obrobki wstepnej i/lub protokoty denaturacji i hybrydyzacji ISH.

Zasady dotyczace zgodnosci protokotdw opisano w czesci 6.9.1 - Zgodno$¢ protokotdw.

Raporty dot. konfiguracji szkietek (6.7 - Raport dot. podsumowania konfiguracji szkietka ) pomaga zapewnic¢
zgodnosc szkietek tadowanych na kazdg tace.

6.9.1 Zgodnos¢ protokotow

Ograniczenia dotyczace zgodnosci protokotdw barwienia i przygotowywania sg sztywne, podczas gdy

w przypadku protokotow wstepnej obrdbki enzymatycznej oraz protokotdw hybrydyzacji ISH i denaturacji
istnieje pewna przestrzen dopuszczajgca modyfikacje. Zgodnosé dla tych protokotéw zalezy od typu modutu
przetwarzania (BOND-III lub BOND-MAX), liczby i czasu trwania krokéw protokotu oraz standw urzadzenia
podczas tych krokdw. Protokoty uznaje sie za zgodne, gdy wszystkie te czynniki sg takie same lub réznig sie
w sposob, ktdry mozna skompensowac bez wptywu na jakos$¢ barwienia.

Ponizej wymieniono zasady zgodnosci dla wszystkich typdw protokotow.

6.9.1.1 Protokoty barwienia

Dla kazdego szkietka na tacy nalezy przypisac ten sam protokot barwienia. W przypadku sekwencyjnego
barwienia podwdjnego w jednym zleceniu nalezy zdefiniowa¢ dwa te same dwa protokoty barwienia.

Szkietek IHC i ISH nie nalezy tgczy¢ w przebiegach z barwieniem pojedynczym — jest to dozwolone wytgcznie
w przypadku sekwencyjnego barwienia podwdjnego.

6.9.1.2 Protokoty przygotowywania

Do protokotéw ,,odparafinowania” i ,,podgrzewania i odparafinowania”

1. Do wszystkich szkietek na danej tacy nalezy stosowac ten sam protokat.

2. Szkietek z przypisanym protokotem przygotowywania nie nalezy mieszac ze szkietkami bez takiego
protokotu.
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6.9.1.3 Protokoty obrobki wstepnej

Szkietka tylko z odstanianiem w podwyzszonej temperaturze, tylko z odstanianiem enzymatycznym,

z odstanianiem enzymatycznym oraz w podwyzszonej temperaturze i szkietka bez odstaniania epitopu moga
by¢ przetwarzane w tym samym przebiegu. Szkietka niepodlegajgce wybranej obrdbce wstepnej sa
uwadniane podczas wykonywania protokotu na pozostatych szkietkach (odstanianie w podwyzszonej
temperaturze zawsze nastepuje przed odstanianiem enzymatycznym).

Podobnie zgodne sg wszystkie kombinacje szkietek z i bez denaturacji ISH i hybrydyzaciji.

W ponizszych czesciach podano warunki zgodnosci protokotéw obrébki wstepnej z protokotami dla tego
samego typu obrébki wstepnej.

Obrobka termiczna

1. Protokoty termicznej obrobki wstepnej sg zgodne, gdy:
i. zawierajg takg sama liczbe krokéw; oraz
ii. do kazdego kroku przypisane sg te same czasy inkubacji, z wyjgtkiem etapow podgrzewania.
W przypadku jednoczesnego podgrzewania dla wszystkich szkietek uzywany jest najdtuzszy

czas dla danego kroku. Szkietka z krétszym czasem sg podgrzewane tylko przez
skonfigurowany dla nich czas, po czym zasilanie podgrzewacza szkietek jest wytgczane.

2. W ramach jednego przebiegu mozna stosowac oba protokoty wykorzystujgce roztwory do
odsfaniania epitopu 1 2.

3. Szkietka poddawane obrébce termicznej mogg byc¢ przetwarzane wraz szkietkami bez termicznej
obrdbki wstepnej — wéwczas podczas przetwarzania pozostatych szkietek szkietka bez obrébki
termicznej beda uwadniane roztworem do odstaniania epitopu w temperaturze otoczenia.

Wstepna obrébka enzymatyczna

1. Protokoty wstepnej obrdbki enzymatycznej sg zgodne, gdy:
i. zawierajg takg samag liczbe krokéw; oraz
ii. dokazdego kroku przypisane sg te same czasy inkubacji.

2. W jednym przebiegu mozna zastosowa¢ maksymalnie 2 typy enzymow.

3. Szkietka poddawane wstepnej obrobce enzymatycznej mogg by¢ przetwarzane wraz szkietkami bez
obrébki enzymatycznej — wéwczas podczas przetwarzania pozostatych szkietek szkietka bez obrébki
enzymatycznej bedg uwadniane w temperaturze otoczenia.

6.9.1.4 Denaturacja ISH

Protokoty denaturacji s zgodne, jesli zawierajg te same czasy inkubacji. Temperatura inkubacji moze sie
roznic.

6.9.1.5 Hybrydyzacja ISH

Protokoty hybrydyzacji sg zgodne, jesli zawierajg te same czasy inkubacji. Temperatura inkubacji moze sie
roznic.
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W oprogramowaniu BOND protokotem nazywa sie serie krokdw wykonywanych w celu wybarwienia probek
tkanek.

System BOND jest dostarczany z zestawem wstepnie zdefiniowanych protokotdéw Leica Biosystems, ktorych
nie mozna edytowac ani usuwac. Wstepnie zdefiniowane protokoty zostaty poddane rygorystycznym testom
i walidacji przez Leica Biosystems. Przy prawidtowym wykorzystaniu zapewniajg doskonate wyniki
barwienia. Uzytkownik moze jednak tworzy¢ wiasne protokoty, kopiujac i edytujgc te istniejgce.

edytowanego protokotu. Mozliwos¢ tworzenia i zapisywania protokotu nie oznacza, ze jest

f Uzytkownik ma obowigzek przeprowadzi¢ testowanie i walidacje kazdego utworzonego lub
on odpowiedni do zamierzonego zadania.

Ten rozdziat zawiera nastepujgce czesci:

o 7.1-Typy protokotéw

« 7.2 - Ekran konfiguracji protokotow

« 7.3 - Tworzenie nowych protokotow

« 7.4 - Edytowanie protokotdw uzytkownika
« 7.5 - Raporty dot. protokotéw

« 7.6 - Wstepnie zdefiniowane protokoty

Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 145



7. Protokoty (kontroler BOND )

7.1  Typy protokotdw

Wszystkie protokoty w systemie BOND maja przypisany ,typ” zgodny z okreslonymi dziataniami, jakie maja
by¢ wykonane. Na przykiad, protokoty barwienia wstepnego HIER sg jednego typu, a protokoty
sekwencyjnego barwienia podwdjnego IHC — innego.

« Typu protokotu nie mozna zmienic.
« Aby utworzy¢ nowy protokot, nalezy skopiowac istniejgcy protokét takiego typu, jaki ma by¢
przypisany do nowego protokotu. W razie potrzeby mozna edytowac kroki protokotu.

Zazwyczaj jeden przebieg przetwarzania obejmuje kilka réznego typu protokotéw: przygotowywania
szkietek, aplikacji markerdw i dozowania chromatogenu. W przypadku barwienia podwdjnego takie
sekwencje i zawarte w nich protokoty zwykle wymagajg modyfikacji.

« 7.1.1 - Metody barwienia
« 7.1.2 - Sekwencje protokotow

7.1.1 Metody barwienia

Barwienie podwadjne polega na aplikacji dwdch réznych markerdw i chromogenéw na jedno szkietko.

W systemie BOND zaprogramowane sg dwie metody barwienia podwojnego: sekwencyjne barwienie
podwdijne (dwa markery sg aplikowane jeden po drugim w ramach oddzielnych protokotéw barwienia) oraz
rownoczesne barwienie podwojne (dwa markery sg mieszane ze sobg, tworzac tzw. ,koktajl”, i aplikowane
w ramach protokotu barwienia pojedynczego).

Podczas tworzenia i edycji protokotu barwienie pojedyncze jest traktowane jako specjalny przypadek
sekwencyjnego barwienia podwdjnego.

Kazdy protokot barwienia ma przypisang ,metode barwienia”, ktdra okresla role protokotu (barwienia
podwdijne lub pojedyncze). Dla protokotdw typu ,sekwencyjne barwienie podwdjne” dostepne sg trzy
»,metody barwienia”:

« Single (pojedyncze) — do stosowania jako samodzielny protokét aplikacji pojedynczego markera
« First (pierwszy) — do stosowania jako pierwszy protokét sekwencyjnego barwienia podwdjnego
« Second (drugi) — do stosowania jako drugi protokét sekwencyjnego barwienia podwojnego

Wszystkie wstepnie zdefiniowane protokoty sekwencyjnego barwienia podwdjnego majg przypisang metode
barwienia ,Single” (pojedyncze), ktérej nie mozna zmieni¢. Jednak metode barwienia dla protokotow
sekwencyjnego barwienia sekwencyjnego utworzonych przez uzytkownika mozna dowolnie zmienic.
Przyktadowo protokét uzytkownika moze by¢ skonfigurowany tak, aby w niektorych przypadkach byt
stosowany jako protokot barwienia pojedynczego, a w innych — jako pierwszy protokoét barwienia
podwojnego.

Protokoty typu ,rownoczesne barwienie podwojne” majg przypisang tylko jedng metode barwienia —
~rownoczesne DS”.

W przypadku réwnoczesnego barwienia podwdjnego, jesli odpowiedni wstepnie zdefiniowany protokét
rownoczesnego barwienia podwdjnego nie jest dostepny do uzycia lub skopiowania, nalezny zmodyfikowac
protokdt barwienia pojedynczego tak, aby uwzgledni¢ drugi chromogen i inne wymagane odczynniki
pomochicze. Dodatkowe odczynniki mozna zatadowac w otwartych pojemnikach.
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Ponizsza tabela zawiera wyszczegdlnione typy protokotdéw i metody barwienia:

Type (typ)

Metoda barwienia

Opis

Barwienie

Barwienie IHC

Pojedyncze
i sekwencyjne
barwienie podwdjne

Pojedyncze

Protokot wykrywania pojedynczego
przeciwciata metoda barwienia
pojedynczego

Pierwszy

Protokdt wykrywania pierwszego
przeciwciata metoda
sekwencyjnego barwienia
podwojnego

Drugi

Protokdt wykrywania drugiego
przeciwciata metoda
sekwencyjnego barwienia
podwdjnego

Barwienie IHC

Rownoczesne barwienie
podwadjne

Rownoczesne DS

Protokot wykrywania koktajlu
przeciwciat metoda réwnoczesnego
barwienia podwojnego

Detekcja ISH

Pojedyncze
i sekwencyjne
barwienie podwojne

Pojedyncze

Protokdt wykrywania pojedynczej
sondy metodga barwienia
pojedynczego

Pierwszy

Protokdt wykrywania pierwszej
sondy metodg sekwencyjnego
barwienia podwojnego

Drugi

Protokdt wykrywania drugiej sondy
metodg sekwencyjnego barwienia
podwojnego

Detekcja ISH

Rownoczesne barwienie
podwdjne

Rownoczesne DS

Protokdt wykrywania koktajlu sond
metoda réwnoczesnego barwienia
podwojnego (obecnie brak
protokotow w tej kategorii)

Barwienie wstepne

BOND-III oraz
BOND-MAX

Preparation ND. Odparafinowanie lub podgrzewanie
(przygotowanie) szkietka (celem zapewnienia

lepszego przylegania tkanki),

a nastepnie odparafinowanie
Obrobka termiczna ND. Odstanianie epitopu

w podwyzszonej temperaturze
Wstepna obrdbka ND. Odstanianie epitopu przy uzyciu
enzymatyczna enzymow
Denaturacja ISH ND. Protokoty denaturacji dla DNA ISH
Hybrydyzacja ISH ND. Protokoty hybrydyzacji dla ISH
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7.1.2 Sekwencje protokotéw

Zazwyczaj dla kazdego szkietka stosuje sie sekwencje protokotéw rdznych typow. Sekwencja taka obejmuje
protokoty przygotowywania, odstaniania epitopu, denaturacji, hybrydyzacji i barwienia, dobrane
odpowiednio do tkanki i markera oraz zgodne z procedurami laboratoryjnymi. Sekwencje te mozna
skonfigurowac osobno dla kazdego szkietka podczas jego tworzenia (zob. 6.5.2 - Tworzenie szkietek),
jednak oprogramowanie BOND umozliwia skonfigurowanie protokotéw domysinych, co przyspiesza
tworzenie szkietek, gdy nie sg wymagane zadne specjalistyczne protokoty:

« domyslny protokét przygotowywania (np. *Odparafinowanie) jest ustawiany z poziomu klienta
administracyjnego dla catego systemu BOND (zob. 10.5.2 - Ustawienia przypadkow i szkietek);

. domyslne ustawienia dla pozostatych typow protokotdw sg konfigurowane na ekranie Reagent
Setup (konfiguracja odczynnikdw) osobno dla kazdego markera (zob. 8.2.1 - Dodawanie lub
edytowanie odczynnika).

Ustawienie protokotéw domysinych pozwala maksymalnie skrdci¢ czas spedzony na przygotowywaniu
poszczegdlnych szkietek. W razie potrzeby protokoty dla poszczegdinych szkietek mozna zmieni¢ podczas
tworzenia tych szkietek.

Kolejnos¢, w jakiej protokoty sg ustawiane w sekwencji, jest okreslana automatycznie przez
oprogramowanie BOND zgodnie z ponizszg tabelg. Kroki dozowania i usuwania sondy nie sg uwzglednione
w zadnym protokole, jako ze procesy te sg wykonywane automatycznie.

Kolejnos¢ Protokét (lub sonda) IHC Komentarz
lub
ISH
1 Preparation (przygotowanie) Oba | Opcjonalne usuniecie parafiny przez

urzadzenie w trakcie przygotowania do
badania biochemicznego.

2 HIER Oba | W przypadku wiekszosci szkietek podczas
(odstanianie epitopu przebiegu stosuje sie protokdt HIER lub
w podwyzszonej temperaturze) EIER — a czasami oba te protokoty lub

3 EIER Oba zaden z nich.
(enzymatyczne odstanianie
epitopu)

4 Aplikacja sondy ISH | Protokot ten nie jest wybierany przez

uzytkownika, system BOND sam
automatycznie dobiera odpowiedni

protokot.
5 Denaturacja ISH | Protokét denaturacji dla sond DNA.
W przypadku sond DNA nalezy zawsze
stosowac denaturacje.
6 Hybrydyzacja ISH | Wymagany protokét hybrydyzacji dla ISH.
7 Usuwanie sondy ISH | Protokét ten nie jest wybierany przez

uzytkownika, system BOND sam
automatycznie dobiera odpowiedni
protokot.
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Kolejnos¢ Protokot (lub sonda) IHC Komentarz
lub
ISH
8 Barwienie Oba | Wymagany protokoét aplikacii

chromogenu i powigzanych odczynnikéw.
W ramach tego protokotu dozowane sg
pierwszorzedowe przeciwciata IHC.

Do sekwencji mozna wybierac protokoty wstepnie zdefiniowane lub utworzone przez uzytkownika (zob.
Chapter 7.3 - Tworzenie nowych protokotdw).

7.1.2.1 Protokoty i sekwencje protokotow dla sekwencyjnego barwienia podwdjnego

W procesie sekwencyjnego barwienia podwdjnego zwykle uruchamiane sg dwie sekwencje protokotu
barwienia pojedynczego, jedna po drugiej. Moga to by¢ dwie sekwencje IHC, dwie sekwencje ISH lub jedna
sekwencja IHC i jedna ISH, w dowolnej kolejnosci. Zwykle, ale nie we wszystkich przypadkach, do aplikagji
pierwszego markera wykorzystywany jest system detekcji BOND Polimer Refine Detection z chromogenem
DAB, a do aplikacji drugiego markera — system detekcji BOND Polymer Refine Red Detection

z chromogenem Fast Red.

Czesto niektore protokoty w sekwencji aplikacji drugiego markera mozna pomingc, jesli jednak sg one
uwzglednione, nalezy je zmodyfikowaé. Zwykle nalezy réwniez zmodyfikowaé kroki aplikacji pierwszego

i drugiego markera w protokotach barwienia (w przypadku protokotdw konieczne jest wprowadzenie
pewnych modyfikacji w celu ustawienia odpowiedniej metody barwienia — zob. 7.1.1 - Metody barwienia).
Ponizej podano kilka sugestii dotyczacych modyfikacji protokotdw i sekwencji protokotéw w przypadku
sekwencyjnego barwienia podwdjnego. We wszystkich przypadkach nalezy przeprowadzi¢ wiasne testy
w celu weryfikacji wynikow.

« Protokoty przygotowywania mogg by¢ wykonywane w sekwencji tylko dla pierwszego markera —
oprogramowanie BOND nie zezwala na wybdr protokotu przygotowywania dla drugiego markera.

« Czesto odstanianie epitopu jest wymagane tylko raz, przed aplikacjg pierwszego markera. Jesli
wymagane jest dodatkowe odstoniecie dla drugiego markera, nalezy ustawi¢ krétszy czas trwania.

« W przypadku barwienia podwojnego ISH do obu markerdw nalezy przypisac protokoty hybrydyzacii,
jednak dla drugiego markera nalezy ustawic krotszy czas trwania niz w przypadku barwienia
pojedynczego.

« W przypadku barwienia podwojnego dwoma sondami DNA denaturacja jest czesto wymagana tylko
raz, przed aplikacjg pierwszego markera. Jesli wymagana jest dodatkowa denaturacja dla drugiego
markera, zazwyczaj nalezy ustawic¢ krotszy czasu trwania.

« W przypadku protokotdw barwienia najlepsze wyniki zazwyczaj uzyskuije sie, jesli segment
hematoksyliny zostanie usuniety z kofca pierwszego protokotu, a z poczatku drugiego protokotu
zostanie usuniety segment blokera nadtlenku (jesli jest).
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7.2  Ekran konfiguracji protokotow

W celu rozpoczecia pracy z protokotami klikng¢ ikone Protocol setup (konfiguracja protokotow) FerereTs
na pasku funkgji.

Protocol setup m Open
AIHE Profocol F IHL slamng Biond Polymer Refne HC profmcel [EY 10Spr-13 w
THC Pratocal G THIZ gl Bord Folgmer &7 Rad H promcol Lescy 10-dgr-11 o
"THC Protscad J IHL. giaining Bond Folgmer Redne Red MG protcol Lesca 10411 o
"THC Prosesd K IHL giaining ChromaPiod 1 Dual KT pralseol Lufea 10-8r:13 o
SHC Proteesl K - 50 Tasi IHC sl ChyomiePhiax 1 Dual [HC praleesl [FTY gl o
GFAF (B2, Ensyreal] IHC slarrig Serd Palymer lafne HE protoeel sl Dleagid o
KL Protoeal ELS IHC slainng Bard Prtymer Define HE promes! powal gty o
1HE Prodeeal F OE5 THLZ ginirersg Bard Polgmer Hedne FIC profocsl ey sl o
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Postac¢ 7-1: Ekran Protocol setup (konfiguracja protokotow)

Na ekranie Protocol setup (konfiguracja protokotéw) znajduje sie tabela zawierajaca wszystkie protokoty
wraz z ich podstawowymi szczegdtami. Wstepnie zdefiniowane protokoty sg oznaczone gwiazdka (*)
umieszczong przed pierwszy znakiem nazwy i skroconej nazwy.

Z poziomu tej tabeli mozna wybra¢ protokét do skopiowania, edytowania czy wygenerowania raportu.
Operacje sg dostepne za posrednictwem przyciskow umieszczonych nad tabelg lub z poziomu menu
wyswietlanego po kliknieciu protokotu prawym przyciskiem myszy.

Filtry ponizej tabeli umozliwiajg wyswietlenie protokotdw tylko wybranego typu. Przyktadowo mozna wybrac
pomiedzy protokotami barwienia i barwienia wstepnego, a nastepnie jeszcze bardziej zawezi¢ kryteria, aby
wyswietli¢ okreslone typy protokotéw (zob. 7.1 - Typy protokotdw). Dodatkowo mozna przefiltrowaé
protokoty wg metody barwienia, pochodzenia protokotu i preferowanego statusu.
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Na liscie protokotdw wyswietlane sg nastepujagce informacje:

Nazwa
kolumny

Opis

Opcje

Protocol name

Petna nazwa protokotu

Wstepnie zdefiniowane protokoty

(nazwa (Leica Biosystems) zawsze zaczynajg
protokotu) sie od gwiazdki (*)
Protocol type (typ | Opisuje dziatanie protokotu Zob. 7.1 - Typy protokotdw
protokotu)
Opis Opisuje dziatanie i zastosowanie

protokotu
Modified by Okresla, kto utworzyt lub Nazwa Leica wskazuje wstepnie
(zmodyfikowany | zmodyfikowat protokdt zdefiniowany protokdt Leica Biosystems
przez)
Mod. date (data | Data utworzenia lub ostatniej
modyfikaciji) modyfikacji protokotu
Pref. Wyswietla preferowany status Pole zaznaczone — protokot jest
(preferowany): protokotu preferowany i dostepny do wyboru

w oknie dialogowym Add slide (dodaj
szkietko)

Pole odznaczone — protokot nie jest
preferowany i nie jest dostepny do
wyboru w oknie dialogowym Add slide
(dodaj szkietko)
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7.2.1 Szczegbty protokotu

Aby otworzy¢ protokot zaznaczony na ekranie Protocol setup (konfiguracja protokotéw) do przegladania
lub edycji, dwukrotnie klikng¢ ten protokot (lub zaznaczy¢ go, a nastepnie klikng¢ Open (otworz)).
Oprogramowanie wyswietli okno dialogowe Edit protocol properties (edytuj wiasciwosci protokotu)
zawierajgce szczegOty protokotu.

W przypadku wstepnie zdefiniowanych protokotdw Leica Biosystems edytowac¢ mozna tylko ustawienie
«Preferred” (preferowany), zas w protokotach uzytkownika zmieni¢ mozna dowolne inne ustawienia.

Postac 7-2: Okno dialogowe Edit protocol properties (edytuj wlasciwosci protokotu) dla protokotu
uzytkownika

Okno dialogowe zawiera osobne karty dla kazdego typu modutu przetwarzania (BOND oraz BOND-MAX)
skonfigurowanego dla grupy (lub dwie karty, jesli nie skonfigurowano zadnego modutu). W oknie znajduje
sie rowniez przycisk Import protocol (importuj protokdt), ktéry pojawia sie podczas tworzenia nowego
protokotu lub podczas edytowania protokotu uzytkownika. Wiecej szczegdtdw znajduje sie w czesci

7.4.4 - Typy urzadzen i wersje protokotéw

Zaznaczy¢ pole Show wash steps (pokaz kroki ptukania) pod tabelg, aby wyswietli¢ wszystkie kroki
protokotu (w tym kroki ptukania). Odznaczy¢ pole, aby ukry¢ etapy ptukania.

Okno dialogowe Edit protocol properties (edytuj whasciwosci protokotu) zawiera ponizsze informacje
o protokole.

Nazwa Petna nazwa protokotu.

Abbreviated name  Skrécona nazwa protokotu, uzywana na przyktad na etykietach szkietek.
(skrécona nazwa)

Opis Krotki opis protokotu.

Staining method (Zob. ponizej)
(metoda barwienia)
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Protocol type (typ Typ wskazuje funkcje protokotu i okresla dopuszczalne kroki i odczynniki.
protokotu)

Preferred detection  Preferowany system detekcji dla danego protokotu.
system Nie dotyczy to protokotdw barwienia wstepnego.
(preferowany

system detekcji)

Tabela pod informacjami o protokole w tym oknie dialogowym zawiera liste krokdw protokotu i jego
wiasciwosci (zob. Postac 7-2). Z poziomu tej tabeli mozna modyfikowac edytowalne kroki w protokotach
uzytkownika (zob. 7.4 - Edytowanie protokotdw uzytkownika).

W tabeli przedstawione sg nastepujgce szczegdty:

Pozycja Opis
Step No. (nr Kolejnos¢, w jakiej wykonywane sg kroki protokotu.
kroku)
Wash Pole zaznaczone, jesli dany krok jest krokiem ptukania.
(ptukanie)
Reagent Odczynnik uzywany w danym kroku.
(odczynnik)
Supplier Dostawca odczynnika. Tego pola nie mozna edytowac.
(dostawca)
Ambient Pole zaznaczone, jesli krok jest wykonywany w temperaturze otoczenia.
(temperatura
otoczenia)
Temperature Temperatura szkietka, jesli jest inna niz temperatura otoczenia (tylko protokoty
(temperatura) | barwienia wstepnego).
Inc. (min) (czas | Minimalny czas pozostawania odczynnika na szkietku.
inkubacji
w minutach)

7.2.1.1 Metoda barwienia

Protokoty barwienia zawierajg sekcje ,,metoda barwienia”. W przypadku protokotéw barwienia
pojedynczego i sekwencyjnego barwienia podwojnego dostepne sg nastepujace opcje:

« Single (pojedyncze) — protokot dotyczy barwienia pojedynczego

« First (pierwszy) — pierwszy protokét sekwencyjnego barwienia podwdjnego

« Second (drugi) — drugi protokdt sekwencyjnego barwienia podwojnego

Dla protokotdéw rownoczesnego barwienia podwdjnego dostepna jest tylko jedna metoda barwienia:
Parallel DS (réwnoczesne DS).

Szczegobtowy opis metod barwienia znajduje sie w czesci 7.1.1 - Metody barwienia.
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7.2.1.2 Preferowany status

Do wyboru w oknie dialogowym Add slide (dodaj szkietko) dostepne sa tylko preferowane protokoty,
dlatego tez protokoty, z ktorych korzysta laboratorium, nalezy ustawic jako ,preferowane”. W tym celu
zaznaczyc¢ pole Preferred (preferowany) — lub odznaczy¢ je, aby protokoét nie byt wyswietlany.
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7.3  Tworzenie nowych protokotdéw

Nowe protokoty tworzy sie, kopiujac istniejgce protokoty uzytkownika lub protokoty Leica Biosystems. Typ
skopiowanego protokotu pozostaje staty i nie mozna go pozniej zmienic. Z tego powodu w celu utworzenia
nowego protokotu IHC nalezy skopiowac istniejgcy protokdt IHC; w celu utworzenia nowego protokotu HIER
— skopiowac istniejgcy protokot HIER i tak dalej.

Aby skopiowac protokot, zaznaczyc go na liscie na ekranie Protocol setup (konfiguracja protokotow),
a nastepnie klikng¢ przycisk Copy (kopiuj). W oknie dialogowym New protocol properties (wtasciwosci
nowego protokotu) wyswietlona zostanie gotowa do edycji kopia wybranego protokotu.

Nowy protokdt bedzie wymagat nadania unikalnej nazwy i skroconej nazwy, ktdre muszg by¢ zgodne ze
wszystkimi zasadami okreslonymi w czesci 7.4.3 - Reguty dla protokotdw. Poza zmiang nazwy protokotu

i skréconej nazwy nie trzeba zmieniac zadnej innej czesci nowego protokotu. Mozna jednak zmieni¢ dowolne
wiasciwosci protokotu zgodnie z opisem zawartym w czesci 7.4 - Edytowanie protokotdéw uzytkownika.

Po zakonczeniu edycji klikng¢ opcje Save (zapisz). Jezeli protokét jest zgodny z zasadami, system zazada
potwierdzenia, ze uzytkownik tworzy protokét ,na wiasne ryzyko”. Ten komunikat stanowi przypomnienie,
ze system Leica Biosystems nie moze przewidzie¢ jakosci wynikdw dla zadnego protokotu utworzonego lub
edytowanego przez uzytkownika. Po potwierdzeniu zmiany protokotu zostang zapisane.
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7.4  Edytowanie protokotdw uzytkownika

Protokoty uzytkownika (z wytgczeniem protokotdw Leica Biosystems) mozna edytowac w oknie dialogowym
Edit protocol properties (edytuj whasciwosci protokotu). Aby edytowac protokot, zaznaczy¢ go na liscie
na ekranie Protocol setup (konfiguracja protokotéw), a nastepnie klikng¢ przycisk Open (otwdrz) lub
dwukrotnie klikng¢ protokét. Alternatywnie mozna réwniez skonfigurowac nowy protokét, kopiujac istniejgey
protokdt tego samego typu i edytujgc go (zob. 7.3 - Tworzenie nowych protokotdw).

W przypadku protokotdéw barwienia mozna dodawac i usuwac kroki dozowania odczynnikéw oraz ustawiaé
nowe odczynniki i czasy inkubacji. Mozna rowniez dodawac lub usuwac kroki ptukania.

W przypadku protokotéw barwienia wstepnego nie mozna zmienic liczby krokéw, ale dopuszczalna jest
zZmiana temperatury i czaséw inkubacji dla wybranych krokéw. Lista dopuszczalnych zmian znajduje sie
w czesci 7.4.3 - Reguty dla protokotdw.

Poniewaz po dozowaniu nowego odczynnika musi nastepowac ptukanie, wstawienie nowego kroku
dozowania odczynnika w protokole barwienia powoduje automatyczne dodanie ,segmentu” sktadajgcego
sie z kroku dozowania odczynnika i trzech nastepujgcych po nim krokdw ptukania.

W trakcie edytowania protokotu zmiany lub nowe kroki, ktore zawierajg wszystkie wymagane informacje, sg
oznaczone zielonym paskiem umieszczonym po lewej stronie. Kroki wymagajgce uzupetnienia informacji sg
0znaczone czerwonym paskiem.

Podczas edycji mozna przegladac wszystkie kroki protokotéw lub ukrywac kroki ptukania za pomoca pola
wyboru Show wash steps (pokaz kroki ptukania) pod tabels.

W przypadku wiekszosci krokow protokotu ustawic czas inkubacji ponizej 30 minut. Ustawienie dtuzszego
czasu ten moze spowodowac wysychanie tkanki. Jesli wymagany jest dtuzszy czas inkubacji, nalezy
zduplikowac krok jeden lub wiecej razy i rozdzieli¢c wymagany czas pomiedzy te kroki. Jedynym wyjatkiem sg
kroki protokotu hybrydyzacji ISH, ktore sg zawsze dtuzsze niz 30 minut i nigdy nie powinny by¢ dzielone na
krotsze.

Mozliwo$¢ tworzenia i zapisywania protokotu nie oznacza, ze jest on odpowiedni do zamierzonego zadania.
Za testowanie i walidacje dowolnego utworzonego lub edytowanego protokotu odpowiedzialno$¢ ponosi
uzytkownik.

o 7.4.1 - Edytowanie krokéw protokotu

« 7.4.2 - Dodawanie i usuwanie krokow protokotu
o 7.4.3 - Reguty dla protokotow

o 7.4.4 - Typy urzadzen i wersje protokotow

« 7.4.5 - Usuwanie protokotdéw

7.4.1 Edytowanie krokdw protokotu

W celu skonfigurowania nowego protokotu w oknie dialogowym New protocol properties (wtasciwosci
nowego protokotu) lub edytowania istniejgcego protokotu w oknie dialogowym Edit protocol properties
(edytuj wtasciwosci protokotu) nalezy wykonac ponizsze czynnosci. Aby zapewni¢ prawidtowos¢ tworzonych
protokotdw, zapoznac sie z czescig 7.4.3 - Reguty dla protokotow.

Przy kazdym zapisie protokotu w systemie zachowywana jest jego kopia. Podczas tworzenia raportu dot.
protokotu nalezy wybrac jedna z tych kopii (zob. 7.5 - Raporty dot. protokotdéw). Aby unikngc wielu
nadmiarowych wersji danego protokotu, nalezy go zapisa¢ dopiero po zakoriczeniu konfiguraciji.
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vk W

W przypadku nowych protokotéw wpisa¢ nazwe protokotu i skrdcong nazwe.

Opcjonalnie wpisac opis protokotu.

Ustawi¢ metode barwienia dla protokotu barwienia (zob. 7.1.1 - Metody barwienia).

Ustawic status Preferred (preferowany) protokotu (zob. 7.2.1.2 - Preferowany status).

W przypadku protokotéw barwienia z listy rozwijanej Preferred detection system (preferowany

system detekcji) wybrac system detekcji do stosowania wraz z protokotem.

6. Dodawac lub usuwac kroki protokotu (zob. 7.4.2 - Dodawanie i usuwanie krokéw protokotu) do czasu
uzyskania zgdanej liczby krokéw w protokole.

7. Zmieni¢ parametry edytowalne w nowych i istniejgcych krokach protokotu, klikajac dwukrotnie
parametr, ktéry na zostac zmieniony:

7.4.2

Wybrac odczynnik z listy rozwijanej.

Uwaga: Wybrac opcje *MARKER, aby wskaza¢ krok protokotu IHC, w ktérym uzywane jest
przeciwciato pierwszorzedowe. W przypadku krokéw ptukania do wyboru dostepne sg tylko
opcje *BOND Wash Solution (roztwdr do ptukania BOND) lub *Deionized Water (*woda
dejonizowana).

. Ustawi¢ czas inkubacji w minutach i sekundach (mm:ss). Jest to minimalny czas, przez jaki

szkietko bedzie inkubowane przed przejsciem do kolejnego kroku. Informacje na temat
limitéw czasu inkubacji znajduja sie w kroku 9 w czesci 7.4.3 - Reguty dla protokotdw.

Ogolnie, w przypadku krokéw, na ktérych uzywane sg odczynniki, firma Leica Biosystems
zaleca ustawienie czasu inkubacji nieprzekraczajacego 30 minut. Jesli wymagany jest dtuzszy
czas, nalezy utworzy¢ zduplikowane kroki w celu dozowania tego samego odczynnika (zob.
7.4.2.2 - Zduplikowane kroki dozowania odczynnikéw).

Ustawic¢ temperature (w przypadku niektorych krokdw protokotéw barwienia wstepnego):

Jesli koniecznej jest ustawienie temperatury, ktdra nie jest temperaturg otoczenia, najpierw
odznaczy¢ pole Ambient (temperatura otoczenia). Nastepnie zaznaczy¢ puste pole
Temperature (temperatura) i wprowadzi¢ temperature (liczbe catkowitg) w stopniach
Celsjusza.

Jesli wymagana jest zmiana temperatury na temperature otoczenia, zaznaczyc i sprawdzi¢
parametr Ambient (temperatura otoczenia).

Dopuszczalne zakresy temperatur opisano w kroku 8 w czesci 7.4.3 - Reguty dla protokotow.

Klikng¢ dowolny inny krok, aby zatwierdzi¢ zmienione parametry.

Dodawanie i usuwanie krokdw protokotu

Kroki mozna dodawac i usuwaé w przypadku protokotdw IHC i ISH uzytkownika, ale nie w przypadku
protokotdw barwienia wstepnego. Do dodawania i usuwania krokdw stuzg przyciski znajdujace sie pod
tabelg z krokami protokotu. Przyciski te sg kontekstowe, a ich dostepnosc¢ i funkcje réznig sie w zaleznosci od
wybranego kroku.

Szczegdtowe instrukcje mozna znalez¢ w nastepujacych czesciach:

o 7.4.2.1 - Segmenty dla odczynnikow

o 7.4.2.2 - Zduplikowane kroki dozowania odczynnikdw

e 7.4.2.3 - Kroki ptukania
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7.4.2.1 Segmenty dla odczynnikow

Aby dodac nowy segment dla odczynnikéw (krok dozowania odczynnika i trzy obowigzkowe kroki ptukania):

1. Zaznaczy¢ odczynnik i klikng¢ ,,Insert segment” (wstaw segment). Nowy segment zostanie wstawiony
powyzej zaznaczonego odczynnika.

6 W przypadku zaznaczenia ostatniego odczynnika nowy segment mozna wstawic ponizej tego
odczynnika.

Na liscie pojawi sie nowy segment (z krokami dozowania odczynnika i ptukania). Nowe kroki ptukania
sq oznaczone zielonym paskiem, ktory wskazuje zmiane wzgledem zapisanego protokotu. Krok
dozowania odczynnika jest oznaczony czerwonym paskiem wskazujgcym konieczno$¢ wybrania
odczynnika dla tego kroku.

2. Dwukrotnie klikng¢ puste pole ,Reagent” (odczynnik) i wybra¢ zadany odczynnik z listy rozwijane;j.
W razie potrzeby zmodyfikowac pozostate parametry nowych krokdw dozowania odczynnika
i ptukania.

Aby usungc¢ segment, zaznaczy¢ odczynnik i klikng¢ ,,Delete segment” (usun segment). Aby usung¢ segment
ze zduplikowanym odczynnikiem, najpierw nalezy usunac duplikat.

7.4.2.2 Zduplikowane kroki dozowania odczynnikow

Zduplikowany krok to taki, w ktérym dwa lub wiecej identycznych odczynnikéw jest dozowanych tuz po
sobie bez ptukania po kazdym odczynniku.
1. Zlisty krokdw wybra¢ krok dozowania odczynnika do zduplikowania.
2. Klikna¢ Duplicate (duplikuj).
3. Nad biezgcym krokiem zostanie dodany nowy krok o parametrach identycznych jak w biezgcym
kroku.
Nowy krok jest oznaczony zielonym paskiem, ktéry wskazuje zmiane wzgledem zapisanego
protokotu.

4. W razie potrzeby zmieni¢ edytowac czas inkubacji dla nowego kroku.

6 W przypadku zmiany typu odczynnika w zduplikowanym kroku zmianie ulegng rowniez wszystkie
pozostate kroki dozowania odczynnikéw w sekwencji, poniewaz w zduplikowanych krokach musi by¢
uzyty ten sam odczynnik.

Aby usungc zduplikowany krok, nalezy go zaznaczy¢ i klikng¢ Delete duplicate (usun duplikat).

7.4.2.3 Kroki ptukania

Dodanie krokéw ptukania moze zmieni¢ wiasciwosci ptynu na szkietkach i negatywnie wptyngé na barwienie.
Przed uzyciem do celéw diagnostycznych nalezy zawsze przeprowadzi¢ walidacje nowych lub edytowanych
protokotow.

Przed kazdym krokiem dozowania chromogenu oraz po nim musi znajdowac sie krok ptukania wodg
dejonizowana.

Jesli kroki ptukania nie sg wyswietlane, zaznaczy¢ opcje Show wash steps (pokaz kroki ptukania)
znajdujaca sie pod listg krokow.
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Aby wstawi¢ dodatkowy krok ptukania:

1. Zaznaczyc istniejacy krok ptukania na liscie krokéw (protokoty IHC i ISH).
2. Klikng¢ Insert wash (wstaw ptukanie).

W przypadku protokotéw IHC i ISH nowy krok ptukania jest dodawany na koncu biezgcej sekwengji

ptukania.

Nowy krok ptukania jest oznaczony zielonym paskiem, ktdry wskazuje zmiane wzgledem zapisanego

protokotu.

3. W razie potrzeby zmodyfikowac parametry kroku ptukania na liscie krokdw.

Aby usungc krok ptukania, zaznaczy¢ go i klikng¢ Delete wash (usun ptukanie). W przypadku protokotéw

IHC i ISH mozna usuwac tylko te kroki ptukania, ktdre nastepujg po trzech obowigzkowych krokach
sekwengji ptukania.

7.4.2.4 Kroki przygotowywania

Do protokotu przygotowywania mozna dodac lub usung¢ (ale nie edytowac) kroki dotyczace
odparafinowania i dozowania alkoholu, i ile przestrzegane sg pewne reguty.
Aby wstawi¢ dodatkowy krok odparafinowania:

4. Zlisty krokdw wybra¢ istniejacy krok odparafinowania.
5. Klikna¢ Insert reagent (wstaw odczynnik).
Nowy krok odparafinowania zostanie dodany powyzej wybranego kroku odparafinowania.

Aby usunac krok odparafinowania, zaznaczy¢ go i klikng¢ Delete step (usun krok).

Przeznaczony do usuniecia krok odparafinowania mie¢ ustawiong temperature inng niz temperatura
otoczenia. Ponadto protokét musi zawiera¢ wiecej niz trzy kroki odparafinowania.
Aby wstawi¢ dodatkowy krok dozowania alkoholu:

1. Zlisty krokdw wybrac istniejgcy krok dozowania alkoholu.
2. Klikng¢ Insert wash (wstaw ptukanie).

Nowy krok dozowania alkoholu zostanie dodany powyzej wybranego kroku dozowania alkoholu.

Aby usung¢ krok dozowania alkoholu, zaznaczy¢ go i klikng¢ Delete step (usun krok).

6 Ponadto protokdt musi zawierac wiecej niz trzy kroki dozowania alkoholu.

Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021

159



7. Protokoty (kontroler BOND )

7.4.3 Reguty dla protokotéw

Kazdy utworzony lub edytowany protokdt musi by¢ zgodny z podstawowymi regutami. Jednakze reguty te
nie gwarantujg, iz zastosowanie protokotu przyniesie akceptowalne wyniki.

1.

N

Nazwa protokotu musi:
i. by¢ unikatowa;
ii. zaczynac sie od znaku innego niz spacja lub gwiazdka.

Skrécona nazwa protokotu musi:
i. by¢ unikatowa;
ii. zaczynac sie od znaku innego niz spacja lub gwiazdka;
iii. skfadac sie z maksymalnie 8 znakdw.

Wszystkie protokoty IHC muszg zawiera¢ co najmniej jeden krok oznaczania markerem.

Wszystkie protokoty barwienia muszg zawierac co najmniej jeden odczynnik z systemu detekcji Leica
Biosystems.

Po kroku dozowania odczynnika musza nastepowac albo trzy kroki ptukania (co najmniej), albo krok
dozowania tego samego odczynnika.

W przypadku protokotéw barwienia ostatnie trzy kroki musza by¢ krokami ptukania.

W przypadku protokotdéw barwienia IHC wszystkie temperatury muszg by¢ temperaturami otoczenia.
W przypadku protokotéw barwienia wstepnego temperatura w krokach o podwyzszonej
temperaturze musi miescic sie w zakresie podanym w tabeli:

Krok protokotu Zakres temperatury (°C)
Podgrzewanie i odparafinowanie, krok 35-72
podgrzewania
Obrdbka termiczna 35-100
Wstepna obrdbka enzymatyczna 35-100
Denaturacja 70-100
Hybrydyzacja 37-65
Czasy inkubaciji dla kroku, definiowane w minutach i sekundach (mm:ss), powinny miesci¢ sie
w zakresie podanym w ponizszej tabeli. Zakresy te nie sg jednak wymuszane:
Krok protokotu Zakres inkubacji (minuty)
Podgrzewanie i odparafinowanie, krok 0-60
podgrzewania
Obrdbka termiczna (kroki o temperaturze 0-15
otoczenia)
Obrdébka termiczna (kroki o podwyzszonej 5-60
temperaturze)
Wstepna obrdbka enzymatyczna (krok 1) 0
Wstepna obrdbka enzymatyczna (kroki 0-15

dozowania enzymdw)
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Krok protokotu Zakres inkubacji (minuty)
Denaturacja 5-20
Hybrydyzacja 20-950
Protokoty barwienia, kroki dozowania 0-60
odczynnikéw
Protokoty barwienia, kroki ptukania 0-55

Ogodlnie, w przypadku krokdw, na ktorych uzywane sg odczynniki, nalezy ustawi¢ czas inkubacji
nieprzekraczajgcy 30 minut. Jesli wymagany jest dtuzszy czas, nalezy utworzy¢ zduplikowane kroki
w celu dozowania tego samego odczynnika (zob. 7.4.2.2 - Zduplikowane kroki dozowania
odczynnikéw).

10. Kazdy krok musi mie¢ zdefiniowany odczynnik, czas inkubacji i (w stosownych przypadkach)
temperature.

11. Protokoty barwienia pojedynczego i sekwencyjnego barwienia podwojnego moga miec tylko jeden
odczynnik mieszany (np. mieszany DAB) na protokot, uzywany w maksymalnie dwadch krokach
protokotu. (W zwigzku z tym procedura sekwencyjnego barwienia podwdjnego moze mie¢ przypisane
dwa odczynniki mieszane — po jednym na kazdy protokdt — i maksymalnie cztery kroki aplikacji — po
dwa na kazdy protokot).

Procedura rownoczesnego barwienia podwdjnego moze miec przypisane dwa zmieszane odczynniki,
z ktérych kazdy moze by¢ stosowany w protokole do dwdch razy.

12. Wszystkie sktadniki wymagane do sporzadzenia mieszanego odczynnika uzywanego w protokole
barwienia muszg pochodzi¢ z zestawu preferowanego dla tego protokotu.

7.4.4  Typy urzadzen i wersje protokotdw

W systemach BOND z modutami przetwarzania BOND-III oraz BOND-MAX kazdy protokdt moze miec
oddzielne wersje dla obu typéw modutéw. Rdzne wersje ,,tego samego” protokotu pozwalajg skompensowaé
wynikajace z charakterystyki modutéw réznice, takie jak szybsze chtodzenie w urzadzeniach BOND-III
(kroki, na ktdrych szkietka sg chtodzone, sg zazwyczaj krétsze w protokotach w wersji dla modutu BOND-III
niz odpowiednie kroki w protokotach w wersji dla modutu BOND-MAX). Niektore réznice w wersjach
protokotu moga nie by¢ widoczne na liscie krokow wyswietlanej w oprogramowaniu; przyktadowo protokoty
w wersji BOND-III obejmujg ukryte instrukcje dla robotéw odczynnikdw zbiorczych, w ktére urzadzenie nie
BOND-MAX jest wyposazone.

Wszystkie wstepnie zdefiniowane protokoty w systemach BOND sg dostepne w wersjach zaréwno dla
modutu BOND-III, jak i modutu BOND-MAX. Jeéli jednak do systemu zostanie dodany nowy typ urzadzenia,
nalezy utworzy¢ nowe wersje istniejgcych protokotéw zdefiniowanych przez uzytkownika, dostosowane do
nowego typu urzadzenia. W tym celu nalezy skopiowac (,,zaimportowac”) odpowiednig wersje innego
protokotu, a nastepnie wprowadzi¢ w tej kopii wszelkie wymagane zmiany (zob. ponizej).
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7.4.4.1 Importowanie wersiji protokotu

Aby utworzy¢ wersje protokotu dla nowego typu urzadzenia, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi
instrukcjami. Metoda ta moze zostac¢ rowniez wykorzystana do zastgpienia istniejgcych wersji protokotu,
jednak po zakonczeniu wstepnej konfiguracji nie powinno to by¢ konieczne.

1.

o

Z poziomu ekranu Protocol setup (konfiguracja protokotéw) wybraé protokdt uzytkownika, dla
ktérego ma zostac utworzona nowa wersja. Klikng¢ opcje Open (otworz).
Otwarte zostanie okno dialogowe Edit protocol properties (edytuj wkasciwosci protokotu).

Klikng¢ Import protocol (importuj protokdt).
Otwarte zostanie okno dialogowe Import protocol (importuj protokdt).

Wybrac nowy typ urzadzenia z listy Processing modules (moduty przetwarzania).

Lista protokotéw wyswietlanych w oknie dialogowym jest aktualizowana tak, aby wyswietlaé tylko
protokoty z wersjami dostosowanymi do wybranego typu urzadzenia.

Opcjonalnie zaznaczy¢ lub odznaczy¢ opcje Preferred (preferowany), aby wyswietli¢ tylko
preferowane lub wszystkie protokoty.

. Wybra¢ protokot z listy, skopiowac i klikng¢é Import (importuj).

Aby utatwic pozniejszg konfiguracje, wybrac protokdt jak najbardziej zblizony do protokotu, dla
ktérego tworzona jest nowa wersja. Przyktadowo wybra¢ protokdt, ktory wykorzystuje ten sam
system detekgdji i, jesli to mozliwe, ma takg sama liczbe krokow.

Okno dialogowe Import protocol (importuj protokdt) zostanie zamkniete. Pola na karcie nowego
typu urzadzenia w oknie dialogowym Edit protocol properties (edytuj wkasciwosci protokotu)
zostanie teraz wypetniona danymi z zaimportowanej wers;ji protokotu.

Aktualizowana jest tylko karta dla wybranego typu urzadzenia.

Nalezy edytowac nowa wersje protokotu, aby byta ona rdwnowazna z istniejgcg wersjg protokotu
(zob. 7.4.1 - Edytowanie krokéw protokotu). Nawigacja pomiedzy kartami modutu przetwarzania nie
powoduje utraty danych.
Klikng¢ Save (zapisz).

Uzytkownik ma obowigzek sprawdzi¢, czy protokoty gwarantujg réwnowazne barwienie dla obu
typow modutéw przetwarzania.

7.4.5 Usuwanie protokotow

Aby usuna¢ protokot uzytkownika, zaznaczy¢ go na liscie na ekranie Protocol setup (konfiguracja
protokotdw), a nastepnie klikngé przycisk Delete (usun).

Wstepnie zdefiniowanych protokotdw Leica Biosystems (zaczynajacych sie od gwiazdki) nie da sie usunac.

Mozna jednak je ukryé —w tym celu otworzy¢ dany protokét i usungc zaznaczenie Preferred (preferowany),

a nastepnie ustawic filtr Preferred status (preferowany status) na ekranie Protocol setup (konfiguracja
protokotdéw) na ,Preferred” (preferowany).
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7.5 Raporty dot. protokotdéw

Raporty dot. protokotdw zawierajg szczegdty krokdw wybranych protokotdéw. Aby wygenerowac raport,
zaznaczy¢ protokot na liscie na ekranie Protocol setup (konfiguracja protokotdw), a nastepnie klikngc
przycisk Report (raport). Jesli system zawiera oba urzadzenia BOND-MAX oraz BOND-III, wybrac typ
modutu przetwarzania dla zagdanej wersji protokotu, a nastepnie klikng¢ przycisk Generate report (generuj
raport). Mozna réwniez wybrac biezacg lub wczesniej uzywang wersje protokotu. Po zakonczeniu klikngé
Generate report (generuj raport).

Raport zostanie wyswietlony w nowym oknie. W prawym gérnym rogu raportu znajduja sie nastepujgce
informacje:

Pole Opis
Full name (petna Petna nazwa protokotu.
nazwa)
ID Unikalny numer identyfikacyjny protokotu.
Type (typ) Typ protokotu (zob. 7.1 - Typy protokotdw).

Created by (utworzony | Nazwa uzytkownika, ktéry utworzyt wyswietlang wersje protokotu.
przez)

Creation time (czas W przypadku wstepnie zdefiniowanych protokotdw jest to data i godzina
utworzenia) zaimportowania protokotu do bazy danych. W przypadku protokotéw
zdefiniowanych przez uzytkownika jest to data i godzina utworzenia.

Placéwka Nazwa placéwki wprowadzona na ekranie Laboratory settings
(ustawienia laboratorium) klienta administracyjnego (zob.
10.5.1 - Ustawienia laboratorium).

Staining status (status | Metody barwienia, do ktdrych przeznaczony jest protokot (barwienie
barwienia) podwdijne lub pojedyncze) (zob. 7.2.1.1 - Metoda barwienia).

Tres¢ raportu zawiera nastepujgce informacje dla kazdego kroku:

¢ Odczynnik i dostawca

« Typ kroku (dozowanie odczynnika lub ptukanie)

« Czas inkubadji

« Temperature (temperatura)

« Typ dozowania (potozenie szkietka nakrywkowego Covertile i objetos¢ dozowania — dane te moga
by¢ wymagane przez technika serwisowego)

Wiecej szczegdtdw na temat okna raportéw i opcji drukowania znajduje sie w czesci 3.7 - Raporty.
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7.6 Wstepnie zdefiniowane protokoty

W ponizszych czesciach opisano wstepnie zdefiniowane protokoty dostarczane w ramach oprogramowania
BOND.

W przypadku dokonania aktualizacji przed wprowadzeniem na rynek nastepnej wersji oprogramowania lista
protokotdw moze ulec zmianie. Ponizsza lista byta aktualna w momencie publikacji.

« 7.6.1 - Protokoty barwienia
« 7.6.2 - Protokoty barwienia wstepnego

7.6.1 Protokoty barwienia
Kazdy protokot barwienia jest przeznaczony do stosowania z okre$lonym systemem detekcji BOND.

Szczegdtowe informacje na temat kazdego systemu detekcji znajdujg sie w literaturze dotgczonej do
kazdego produktu lub na stronie internetowej Leica Biosystems: www.LeicaBiosystems.com

Protokoty te mozna wykorzystac jako podstawowe bloki utatwiajgce tworzenie wiasnych protokotow
uzytkownika poprzez edycje wstepnie zdefiniowanych protokotéw (zob. 7.3 - Tworzenie nowych protokotéw
oraz 7.4 - Edytowanie protokotow uzytkownika).

Niektore z wymienionych ponizej protokotow sg przeznaczone do stosowania z systemami detekgcji, ktére
mogag nie by¢ zatwierdzone przez organy regulacyjne w danym regionie. Protokoty te nie beda wyswietlane
W oprogramowaniu.

7.6.1.1 IHC
Nazwa Preferowany Uwagi dotyczace systemu detekcji
system detekgcji
*Protokot IHC B | Bond Intense R System wykorzystujgcy kompleks streptawidyna-biotyna

Detection odpowiedni do zastosowan badawczych wymagajacych
otwartego doboru przeciwciata drugorzedowego.
Umozliwia blokowanie nadtlenku, intensywne barwienie
DAB i kontrastowe barwienie hematoksyling (w tym
barwienie na niebiesko).

*Protokdt IHC F | Bond Polymer Refine | Niezawierajgcy biotyny system detekcji o wysokim stopniu
Detection amplifikacji, zoptymalizowany pod katem stosowania

w systemie BOND. Umozliwia wyrazne identyfikowanie
antygendw zwigzanych z btong dzieki wysokiej
intensywnosci barwienia.

164 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5


https://www.leicabiosystems.com/

7. Protokoty (kontroler BOND )

Nazwa Preferowany Uwagi dotyczace systemu detekcji
system detekcji
*Protokét IHCH | Bond™ Oracle™ Kompletny system detekcji HER2, sktadajacy sie
HER2 IHC System z pierwszorzedowego przeciwciata HER2 i ujemnej probki
kontrolnej HER2, uzupetnionych wysoce czutym systemem
detekcji opartym na technologii Compact Polymer.
UWAGA:
Dostepnosé tego System zawiera szkietka kontrolne specyficzne dla danego
protokotu zalezy od profilu HER2, umozliwiajgce w petni zautomatyzowane,
dopuszczenia przez spojne profilowanie immunohistochemiczne HER2 metoda
organy regulacyjne. barwienia kontrastowego.
*Protokot IHCJ | BOND Polymer Przeznaczony do badan in vitro, wysoce czuty system
Refine Red detekcji oparty na technologii Compact Polymer,
Detection umozliwiajgcy immunobarwienie fosfatazg alkaliczng na
jaskrawoczerwono oraz kontrastowe barwienie
hematoksyling (w tym barwienie na niebiesko).
*Protokot IHCK | ChromoPlex™ 1 D wykrywania in vitro zwigzanych tkankowo mysich
Dual Detection i kréliczych pierwszorzedowych przeciwciat IgG.
(100 testow) Przeznaczony do barwienia skrawkdw utrwalonych
w formalinie i zatopionych w parafinie tkanek w systemie
BOND.
*Protokdt IHCK | ChromoPlex™ 1 D wykrywania in vitro zwigzanych tkankowo mysich
— 50 testow Dual Detection i kréliczych pierwszorzedowych przeciwciat IgG.
(S0testow) Przeznaczony do barwienia skrawkdéw utrwalonych
w formalinie i zatopionych w parafinie tkanek w systemie
BOND.
7.6.1.2  ISH
Nazwa Preferowany Uwagi dotyczace systemu detekcji
system detekcji
*Protokot FISH A| System Leica HER2 | Kompletny system LSI HER2/CEP17 FISH z dwiema
FISH System — sondami RTU HER2/CEP17 i roztworem do ptukania po
30 testow hybrydyzacji 2. Wykrywa amplifikacje genu HER2 metoda
FISH w utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie
prébkach tkanki ludzkiego raka piersi. Do stosowania
w diagnostyce in vitro.
UWAGA: e . o
Dostepnoéé tego Uwaga: LSI_| CEP sg znakam_l towar(_)wyml firmy Abbott _Mqleculér
: Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. Uzywane na podstawie licencji.
protokotu zalezy od
dopuszczenia przez
organy regulacyjne.
*Protokot ISH A | BOND Polymer Niezawierajacy biotyny system detekcji o wysokim stopniu

Refine Detection

amplifikacji, zoptymalizowany pod katem stosowania
w systemie BOND. Wykrywa RNA za pomocg linkera anty-
FITC.
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Nazwa

*Protokot ISH B

Preferowany Uwagi dotyczace systemu detekcji
system detekcji
BOND Polymer Niezawierajacy biotyny system detekcji o wysokim stopniu
Refine Detection amplifikacji, zoptymalizowany pod katem stosowania
w systemie BOND. Wykrywa DNA za pomoca linkera anty-
biotyny.

7.6.2 Protokoty barwienia wstepnego

Typ protokotu

Nazwa protokotu Uwagi

Preparation
(przygotowanie)

*Dewax Do usuwania parafiny, w ktdrej zatopiona jest
tkanka, oraz do uwadniania prébek w protokotach
przygotowywania wykorzystywany jest roztwor

BOND Dewax Solution.
*Podgrzewanie Przed odparafinowaniem tkanka jest podgrzewana,
i odparafinowanie aby lepiej przylegata do szkietka.

Dodatkowe szczegdty mozna znalez¢ w czesci
14.2.3 - Odparafinowanie i podgrzewanie

Obrdbka *HIER z ER1 lub ER2 W procesie odstaniania epitopu w podwyzszonej
termiczna temperaturze skrawek tkanki jest poddawany
dziataniu podgrzanego roztworu buforowego, co
pomaga zmieni¢ konformacje tkanki i poprawia
jakos¢ barwienia. Istnieje wiele wstepnie
zdefiniowanych protokotdw wstepnej obrdbki
termicznej, réznigcych sie dtugosciag trwania
i temperatura.
Wstepna obrébka | *Enzym 1 Dostepnych jest osiem protokotdw wstepnej
enzymatyczna *Enzym 2 obrobki enzymatycznej.
*Enzym 3 Protokoty Fe roznig §ie od si.e.:bie stosowanym
enzymem i czasem inkubadji.
*Enzym 5
ISH *Denaturacja (10 min) Dostepny jest jeden wstepnie zdefiniowany
Denaturacja protokodt denaturacji ISH (trwajacy 10 minut).
ISH * Hybrydyzacja ISH Dostepne sg dwa wstepnie zdefiniowane protokoty
Hybrydyzacja (2 godz.) hybrydyzacji ISH (trwajgce 2 godziny oraz
12 godzin).
* Hybrydyzacja ISH g )
(12 godz.)
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System BOND tworzy rejestr wszystkich uzywanych odczynnikéw innych niz zbiorcze, $ledzac wszystkie
pojemniki na odczynniki i ich zawartos¢. Umozliwia réwniez skonfigurowanie paneli szkietek z okreslonymi
markerami, co pozwala przyspieszy¢ tworzenie przypadkow.

Ten rozdziat zawiera nastepujgce czesci:

o 8.1 - Przeglad zarzadzania odczynnikami
« 8.2 - Ekran konfiguracji odczynnikéw

« 8.3 - Ekran rejestru odczynnikdw

« 8.4 - Ekran paneli odczynnikéw
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8.1 Przeglad zarzadzania odczynnikami

Zarzadzanie odczynnikami w systemie BOND obejmuje konfiguracje i w razie potrzeby modyfikacje
szczegotow poszczegolnych odczynnikdw, zarzadzanie rejestrem wszystkich pakietow odczynnikow
(z wytgczeniem odczynnikdw zbiorczych) i tworzenie zestawdw markeréw, zwanych ,panelami”, do
wykorzystania podczas tworzenia szkietek.

Aby otworzy¢ ekrany zarzadzania odczynnikami, z poziomu ktorych wykonywane sg te operacje, Gt rrr
klikng¢ ikone Reagent setup (konfiguracja odczynnikdw) na pasku funkgiji. °L-'i

Klikng¢ karte w lewym gdornym rogu ekranu, aby otworzy¢ zadany ekran (Setup (konfiguracja),
Inventory (rejestr) lub Panels (panele)).

Reagent selup
" ™ ™ S I
*COAD [EGTE) “Coo Primady anbbady  Lia Mciaysling ' .
*CONE [Cak-1) LIS Primary arbbedy  Laica Mecicsyilars W
SO0 (Wd1) ‘DM Primarg arbbody  Leica Micicayusma o
*COI6 (4CH O Primary arbbody  Leica Momaydeme o
"GOO (15131 "ToM Frimarg arbbady  Leka Maomsysiems -
'COS {ECT) Tos Frimary anbibody Lewa Momsysems -
"COSE [COSE) "COSE Primafy arbbedy  Lata Mecimayslin -
SCOP JLPE) HEW® ‘o7 Primary arbbady Laxa Mcrzayalams o
*Coytckaratn 2 (Kadd & R0, Primary anbhady Laica Micrmayulams 4
*Cyichosgin 7 (FWS1] TR Prmarg arbbady  Lsscs Momayriame o
*Cyinkoseain T [RNT) "CHT Primarg arbbady  Leica Momeyeiems -
*Estapan Aecapiar E£F 17} ‘ER Frimary anbibody Lawca Mo insysime. o
il Py deechs Priviaen [CUAS) "GFAF Primady anbbedy  Lata Meidysliin '
i raghitukn & [NICLA) I ity arbbedy  Lica Mecisyilins W
*immarogicsuin [ [DRH1C) “igh Primary anbbody Lexa Momayusm o
*Immaraginzuin G (Potycional] g Primary arbhody  Lsica Momayeme o
"Welan A [ATT "Helh Frmary arbbady  Leca Mamsysiems -
*Wegatie "Hag Frimary anbibody Labosaiory Specified -
Flazeags bypa Faagun hyps Sappine Frmras slabis
- W - Licas W " - Preleimed -

Posta¢ 8-1: Ekran konfiguracji odczynnikow

Na ekranie Reagent setup (konfiguracja odczynnikdw) wyswietlana jest petna lista wszystkich
odczynnikéw znanych systemowi BOND. Lista nie obejmuje zadnych wstepnie skompletowanych systeméw
odczynnikdw, np. systemow detekcji BOND, ale zawiera odczynniki sktadowe tych systeméw. Zawiera
rowniez odczynniki mieszane w module przetwarzania ze skfadnikdw systemu detekcji. Ekran stuzy do
wysSwietlania wtasciwosci odczynnikdw, tworzenia nowych odczynnikdw w systemie i ustawiania opcji
odczynnikdw.

Ekran Reagent inventory (rejestr odczynnikow) zawiera z kolei liste systemdw odczynnikéw oraz
odczynniki znajdujagce sie w osobnych pakietach. W przypadku dowolnego typu odczynnika lub systemu lista
pokazuje catkowitg ilo$¢ zapaséw wraz z informacjami o poszczegdinych pakietach.

Z poziomu ekranu Reagent panels (panele odczynnikéw) mozna tworzy¢ zestawy markeréw uzywanych
w przypadku konkretnych badan. Podczas tworzenia szkietek w oprogramowaniu BOND wybdr panelu
powoduje utworzenie szkietek dla kazdego markera w panelu, co znacznie przyspiesza ten proces.

« 8.1.1 - Informacje ogdlne
o 8.1.2 - Systemy teranostyczne
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8.1.1 Informacje ogdine

8.1.1.1 - Kategorie odczynnikow
8.1.1.2 - Przebieg pracy z odczynnikami
8.1.1.3 - Identyfikacja odczynnika
8.1.1.4 - Zastepowanie odczynnikdw

8.1.1.1 Kategorie odczynnikow

Oprocz ptyndw zbiorczych w systemie BOND mozna stosowac cztery rozne ,typy pakietdw” odczynnikow:

Systemy detekcji BOND: wstepnie skompletowane tace z odczynnikami detekcyjnymi do stosowania
w potgczeniu z markerami wybranymi przez uzytkownika podczas konfiguracji szkietka

Systemy teranostyczne Leica: wstepnie skompletowane tace z markerami, odczynnikami
pomocniczymi i odczynnikami detekcyjnymi do pomocy w ocenie pacjentow, w przypadku ktdrych
rozwaza sie podanie okreslonego leku; systemy moga obejmowac rowniez szkietka kontrolne (zob.
14.1.2 - Systemy teranostyczne)

Systemy czyszczenia BOND: wstepnie skompletowane tace z odczynnikami do czyszczenia
urzadzenia (zob. 12.6.1 - Czyszczenie sondy aspiracyjnej)

Pojemniki na odczynniki: pojedyncze pojemniki na odczynniki zawierajace markery (przeciwciata
pierwszorzedowe lub sondy) badzZ odczynniki pomocnicze — w pojemnikach gotowych do uzycia lub
otwartych pojemnikach (zob. 2.6.3 - Systemy odczynnikdw i pojemniki na odczynniki)

Systemy detekcji BOND, systemy czyszczenia i systemy teranostyczne okreslane sg facznie jako ,systemy
odczynnikow”.

»~Marker” odnosi sie do przeciwciata pierwszorzedowego w badaniach IHC lub sondy w badaniach ISH.

Odczynniki dzielg sie na nastepujace ,typy odczynnikéw”:

Pierwszorzedowy: odczynnik znakujgcy stosowany w badaniach IHC

Sonda: odczynnik znakujgcy uzywany w badaniach ISH

Pomocnicze: wszystkie odczynniki nieznakujgce stosowane do przetwarzania tkanek przed
barwieniem z uzyciem markera lub po barwieniu

Mieszane: odczynniki pomocnicze utworzone podczas wykonywania protokotu ze sktadnikow
znajdujacych sie w systemie odczynnikow lub sktadnikdéw pochodzacych z poszczegdinych
pojemnikéw. W urzadzeniu nigdy nie jest przechowywany zapas odczynnikéw mieszanych, jednak
muszg one istnie¢ w systemie do zastosowania na okreslonych krokach protokotu.

Liste odczynnikdw i systemdw odczynnikdw na ekranach Reagent Setup (konfiguracja odczynnikéw) oraz
Reagent Inventory (rejestr odczynnikdow) mozna filtrowac zgodnie z tg klasyfikacja.
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8.1.1.2 Przebieg pracy z odczynnikami

Zanim system BOND bedzie mdgt uzy¢ danego odczynnika, odczynnik ten musi zostac wtasciwie
rozpoznany. Proces rozpoznawania obejmuje trzy etapy:

1. Dany typ odczynnika musi znajdowac sie na liscie odczynnikéw na ekranie Reagent Setup
(konfiguracja odczynnikdw) — na liscie wstepnie zdefiniowane sg odczynniki gotowe do uzycia Leica
Biosystems i odczynniki pomocnicze Leica Biosystems (facznie z odczynnikami z systemoéw detekcji,
systemow teranostycznych i systemow czyszczenia BOND), jednak pozostate odczynniki musza
zostac¢ dodane do listy przez uzytkownikow.

2. Po zarejestrowaniu nowego zapasu poszczegolne pojemniki na odczynniki i systemy odczynnikéw sg
skanowane lub ,rejestrowane” w systemie BOND, co powoduje dodanie ich do rejestru.

1. Kiedy odczynnik lub system sg gotowe do uzycia, zostajg zatadowane na tace na odczynniki, gdzie
system BOND je identyfikuje i aktualizuje rejestr w miare zuzywania sie odczynnika.

Oprogramowanie BOND rejestruje zuzycie dla kazdego indywidualnego pojemnika i systemu, a takze tgczne
wartosci zuzycia dla kazdego typu odczynnika. W przypadku odczynnikéw Leica Biosystems mozna ustawic
wartos¢ graniczng, po osiggnieciu ktdrej program bedzie informowat, ze zapas odczynnika jest niski. Zob.
Zmiana ustawienia minimalnego poziomu zapasow w czesci 8.3.2 - Szczegdty odczynnika lub systemu

odczynnikéw

8.1.1.3 Identyfikacja odczynnika

Poszczegdlne pojemniki na odczynniki maja dwa kody kreskowe wykorzystywane do identyfikacji. Dtuzsze
kody kreskowe z przodu pojemnikéw sg uzywane do rejestrowania pojemnikdw i ich identyfikacji po
zarejestrowaniu (zob. 8.3.3 - Rejestrowanie odczynnikdw i systemow odczynnikdw). Krétsze kody kreskowe
na gorze pojemnikdw (pod pokrywami) zawierajg unikatowe identyfikatory opakowan (UPI) uzywane przez
system BOND do identyfikacji pojemnikéw po ich zatadowaniu do modutéw przetwarzania. UPI umozliwia
rowniez reczne zidentyfikowanie zatadowanego pojemnika na odczynniki, ktdry nie zostat pomysinie
zeskanowany (zob. 5.1.3.5 - Rozwigzywanie problemoéw z niewykrytymi odczynnikami).

Systemy odczynnikéw sg oznaczone dwoma kodami kreskowymi umieszczonymi na boku tac. Do
rejestrowania systemow i ich identyfikowania po zarejestrowaniu nalezy uzywac obu kodéw kreskowych.
Kody kreskowe UPI pojemnikdw w systemach odczynnikéw znajduja sie na gorze i z przodu kazdego
pojemnika. Oprogramowanie BOND wykorzystuje je do identyfikowania systeméw zatadowanych do
modutdw przetwarzania. Jesli automatyczna identyfikacja pojemnikéw nie powiedzie sie, kody te nalezy
wprowadzic recznie.

Informacje o dowolnym zarejestrowanym odczynniku lub systemie odczynnikéw mozna wyswietlic
w dowolnym momencie, ponowne skanujac diugi kod kreskowy z boku danego pojemnika lub dwa kody
kreskowe na bokach systemu odczynnikdw.

Jesli pakiet nie zostanie zeskanowany, otworzy¢ okno dialogowe Manual ID entry (reczne wprowadzanie
ID), klikajgc ikone Search (szukaj) na pasku funkcji lub przycisk Enter ID (wprowadz ID) na ekranie
Reagent Inventory (rejestr odczynnikow).

Search

Whisac ID pakietu i klikng¢ Validate (walidacja) (w przypadku systeméw odczynnikdw klikngc
Validate (walidacja) po wprowadzeniu kazdego kodu kreskowego). Spowoduje to wyswietlenie O\
danych pojemnika lub systemu w oknie dialogowym Reagent inventory details (szczegoty

rejestru odczynnikdw) lub Reagent system inventory details (szczegdty rejestru systemu
odczynnikéw).
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8.1.1.4  Zastepowanie odczynnikdw

Przed rozpoczeciem przetwarzania nalezy zatadowac wystarczajaca ilos¢ wszystkich wymaganych
odczynnikéw do modutu przetwarzania. Czasami jednak, mimo poczatkowej obecnosci, dany odczynnik
moze okazac sie niedostepny. Moze to by¢ spowodowane wyjeciem tacy na odczynniki przez operatora lub
nizszym niz poczatkowo zaktadano poziomem w pojemniku na odczynniki. Wéwczas system BOND podejmie
prébe zastgpienia brakujgcego odczynnika odczynnikiem tego samego typu z innego pojemnika. Podczas
zastepowania brakujgcego odczynnika system BOND stosuje nastepujace zasady:

« System poczatkowo prdbuje zastgpic brakujgcy odczynnik odczynnikiem tego samego typu
pochodzacym z tego samego systemu odczynnikow.
Jesli operacja zakonczy sie powodzeniem, przebieg bedzie kontynuowany bez powiadomienia.

« Nastepnie system prébuje zastapi¢ brakujacy odczynnik odczynnikiem z alternatywnego zrddta,
majgcym ten sam typ i ten sam numer partii.
Jesli operacja zakonczy sie powodzeniem, przebieg bedzie kontynuowany bez powiadomienia.

« Nastepnie system prébuje zastapi¢ brakujgcy odczynnik odczynnikiem z alternatywnego zrddta,
majgcym ten sam typ ale inny numer partii.
Jesli operacja zakonczy sie powodzeniem, przebieg bedzie kontynuowany, ale szkietka przetwarzane
przy uzyciu zastepczego odczynnika beda wyswietlane z powiadomieniem o zdarzeniu.

« Jesli zamiana odczynnika nie jest mozliwa, odczynnik zostanie zastgpiony odczynnikiem zbiorczym
dla wszystkich szkietek z przypisanym tym odczynnikiem do konca przebiegu.
Przebieg bedzie kontynuowany, ale szkietka przetwarzane przy uzyciu zastepczego odczynnika beda
wys$wietlane z powiadomieniem o zdarzeniu.

« Jeslizmiana ma wplyw na wszystkie szkietka, tzn. konieczne jest uzycie odczynnika zbiorczego dla
wszystkich szkietek, przebieg zostanie przerwany.

8.1.2 Systemy teranostyczne

Produkty teranostyczne Leica dla systemu BOND sktadajg sie z systemow odczynnikdw i mogg zawierac
szkietka kontrolne. W takim przypadku wymagane sg réwniez standardowe odczynniki zbiorcze i — dla
niektorych systemdéw — odczynniki pomocnicze.

Nalezy zawsze przestrzegac instrukcji dotgczonych do systemow teranostycznych i pamietac
0 nastepujgcych kwestiach:

« Szkietka kontrolne dostarczane wraz z systemem Bond™ Oracle™ HER2 IHC sg nazywane szkietkami
kontrolnymi Oracle i réznig sie od laboratoryjnych szkietek kontrolnych stosowanych w przebiegach
Oracle:

« Laboratoryjne szkietka kontrolne sg tworzone przez oprogramowanie w oknie dialogowym
Add slide (dodaj szkietko) z wykorzystaniem standardowych ustawien parametrow Tissue
type (typ tkanki) i Marker, ale nie majg zaznaczonej opcji Oracle control (probka kontrolna
Oracle).

« Szkietka kontrolne Oracle muszg mie¢, oprocz prawidtowej wartosci parametru Tissue type
(typ tkanki), miec zaznaczong opcje Oracle control (probka kontrolna Oracle).

« Szkietka kontrolne Oracle mogg by¢ uzywane wytgcznie z systemem, z ktdrego pochodza.
« Etykiety szkietek Oracle majg specjalny uktad definiowany na ekranie Labels (etykiety) klienta
administracyjnego (zob. 10.3 - Labels (etykiety)).
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8.2 Ekran konfiguracji odczynnikow

Na ekranie Reagent setup (konfiguracja odczynnikéw) wyswietlana jest lista wszystkich odczynnikéw
znanych oprogramowaniu BOND, obejmujgca réwniez systemy odczynnikdw i odczynniki mieszane ze
skfadnikow znajdujacych sie w systemie odczynnikdw zatadowanym do modutu przetwarzania. Lista zawiera
rowniez wszystkie wstepnie zdefiniowane, gotowe do uzycia przeciwciata pierwszorzedowe BOND (ktorych
nie mozna usungc), a takze do uzycia sondy ISH BOND i wiele powszechnie stosowanych odczynnikow
pomochiczych Leica Biosystems.

Filtry ponizej tabeli umozliwiajg wyswietlenie odczynnikéw tylko wybranego typu. Filtrowanie wg typu
pakietu nie jest mozliwe, jednak dostepne sg filtry typu odczynnikdw (przeciwciata pierwszorzedowe, sondy,
odczynniki pomocnicze, odczynniki mieszanych, odczynniki Oracle oraz przeciwciata pierwszorzedowe

i sondy do réwnoczesnego barwienia podwdjnego), dostawcy i preferowanego statusu.

Przyciski nad tabelg umozliwiajg dodawanie nowych odczynnikdw do listy; otwieranie okna odczynnika
zaznaczonego w tabeli celem wyswietlenia lub edytowania jego szczegotow; lub usuwanie odczynnika
zaznaczonego w tabeli (usuwa¢ mozna tylko odczynniki inne niz produkowane przez Leica Biosystems).

Odczynnikéw, ktdre nie sg wymienione na liscie lub zostaty zdefiniowane przez uzytkownika jako
niepreferowane, nie da sie zarejestrowac.

Tabela zawiera nastepujgce szczegéty dla kazdego odczynnika:

Nazwa Petna nazwa odczynnika.
Poczatkowy znak ,*” oznacza wstepnie zdefiniowany odczynnik Leica
Biosystems.

Abb. name (skrét)  Krétka nazwa odczynnika uzywana na etykietach szkietek i na ekranie statusu.

Type (typ) Typ odczynnika, na przyktad ,przeciwciato pierwszorzedowe”.

Supplier Nazwa dostawcy odczynnika.

(dostawca)

Pref. Zaznaczone (preferowane) markery sg uwzgledniane na listach konfiguracji
(preferowany): szkietek w innych oknach oprogramowania BOND.
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Edytowalne wlasciwosci odczynnikow

Oprocz nazwy i szczegotow dostawcy do edycji dostepne sg nastepujace opcje odczynnikow:

1. W przypadku markerow:

Protokoty domysine stosowane w momencie wybrania danego markera podczas tworzenia
szkietek (zob. 6.5.2 - Tworzenie szkietek). Dla pojedynczej aplikacji markera oraz pierwszej
i drugiej aplikacji podczas barwienia podwdjnego mozna ustawi¢ rézne protokoty.

i. Preferowany status — na liscie rozwijanej Marker podczas tworzenia szkietek (zob.

6.5.2 - Tworzenie szkietek) oraz na liscie Available markers (dostepne markery) w oknie
dialogowym Reagent panels properties (wlasciwosci paneli odczynnikéw) podczas
tworzenia panelu (zob. 8.4.1 - Tworzenie panelu) wysSwietlane sg tylko preferowane markery.
Wq tej whasciwosci mozna réwniez filtrowac listy na ekranach odczynnikéw.

Status , niebezpieczny” — markery oznaczone jako niebezpieczne sg usuwane do pojemnika na
odpady niebezpieczne. W przypadku wstepnie zdefiniowanych odczynnikdw tego ustawienia
nie mozna zmienic.

2. W przypadku odczynnikdw pomocniczych

Zob. czesci:

Odczynniki zbiorcze zgodne z danym odczynnikiem — system BOND automatycznie zapobiega
niezetknieciu sie niezgodnych odczynnikéw pomocniczych i odczynnikdw zbiorczych.

i. Preferowany status — wg tej wtasciwosci mozna filtrowac listy na ekranach odczynnikéw.
iii.

Status ,,niebezpieczny” — odczynniki oznaczone jako niebezpieczne sg usuwane do pojemnika
na odpady niebezpieczne. W przypadku wstepnie zdefiniowanych odczynnikéw tego
ustawienia nie mozna zmienic.

« 8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika

« 8.2.2 - Usuwanie odczynnika
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8.2.1

Dodawanie lub edytowanie odczynnika

Aby dodac odczynniki do listy, klikng¢ przycisk Add (dodaj) na ekranie Reagent setup (konfiguracja
odczynnikdw). Oprogramowanie BOND wyswietli okno dialogowe Add reagent (dodaj odczynnik). Zob.
Postac 8-2 ponizej.
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Postac¢ 8-2: Okno dialogowe dodawania odczynnika

Aby zmieni¢ szczegdty istniejgcego odczynnika, zaznaczyc¢ go i klikng¢ Open (otwdrz) lub klikng¢ go
dwukrotnie. Otworzy sie okno dialogowe Edit reagent properties (edytuj whasciwosci odczynnika). Jest
ono takie samo jak okno dialogowe Add reagent (dodaj odczynnik), tyle ze zawiera szczegdty wybranego
odczynnika.

Dodac¢

1.

o

lub edytowaé odczynnik zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

W przypadku dodawania nowego odczynnika wprowadzi¢ opisowg nazwe w polu Name (nazwa).
Nowe odczynniki nie mogg rozpoczynac sie od ,*”, ktdra jest zarezerwowana dla odczynnikow Leica
Biosystems.

Nalezy zachowac ostrozno$¢, aby nie uzy¢ nazwy, ktéra moze spowodowac pomylenie tego
odczynnika z innym podczas tworzenia protokotdw lub szkietek.

W przypadku nowych odczynnikéw wprowadzi¢ skrécong nazwe w polu Abbreviated Name
(skrécona nazwa). Skrdcone nazwy mogg zawiera¢ maksymalnie osiem znakdéw.
Nazwa ta pojawia sie na ikonach szkietek na ekranie Status i jest drukowana na etykietach szkietek.

Jesli system BOND jest podtgczony do systemu LIS, w polu Public name (nazwa publiczna)
wprowadzi¢ nazwe odczynnika uzywang w LIS (nie dotyczy odczynnikéw pomocniczych).

W przypadku tworzenia nowego odczynnika wybrac typ odczynnika z listy rozwijanej Type (typ).
Okno dialogowe zmieni sie w zaleznosci od wybranego typu.

Wprowadzi¢ nazwe dostawcy odczynnika w polu Supplier (dostawca).
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6. Jezeli odczynnik jest markerem (tj. przeciwciatem pierwszorzedowym lub sondg RNA bgdz DNA),
wybra¢ domyslne protokoty do uzycia w réznych typach tych przebiegdw barwienia, w ktorych
uzywany jest marker.

Z listy Single/double stain (barwienie pojedyncze/podwadjne) wybrac Single/Sequential DS
(pojedyncze/sekwencyjne DS), a nastepnie na karcie Single (pojedyncze) ustawi¢ domysine
protokoty dla markeréw w przebiegach barwienia pojedynczego. W przypadku markeréw

w przebiegach sekwencyjnego barwienia podwojnego na kartach First (pierwszy) oraz Second
(drugi) ustawi¢ domysine protokoty pierwszej i drugiej aplikacji.

Wybrac Parallel DS (réwnoczesne DS), aby ustawi¢ domysine protokoty dla markeréw
w przebiegach rownoczesnego barwienia podwojnego.

6 Jesli odczynnik jest sondg RNA lub DNA, na wszystkich wspomnianych kartach zostang wyswietlone
dodatkowe protokoty (denaturacji i hybrydyzacji).

W przypadku wstepnie zdefiniowanych markeréw BOND, nacisng¢ Restore factory default
protocols (przywrd¢ domysine protokoty fabryczne), aby przywrdci¢ ustawienia protokotéw do
domyslnych wartosci fabrycznych zalecanych dla markera (przywrdcenie ustawien fabrycznych
wymaga zalogowania sie uzytkownika o roli ,przetozony”).

7. Tylko jesli odczynnik zostat utworzony przez uzytkownika jako odczynnik pomocniczy, sprawdzi¢
zgodnosc roztwordw zbiorczych i w razie potrzeby dokonac stosownych zmian.
Dla wiekszosci systemow na liscie Compatible bulks (kompatybilne odczynniki zbiorcze) bedg
wyswietlone roztwdér BOND Wash Solution (*BWash) i woda dejonizowana (*DI). Oznacza to, ze do
pobrania i aspiracji odczynnika system ptyndw wykorzysta jeden z tych roztworéw. Podczas gdy
roztwory zbiorcze nie powinny styka¢ sie bezposrednio z odczynnikiem pomocniczym, moze dojs¢ do
niewielkiego kontaktu z sondg aspiracyjng. Aby catkowicie tego unikna¢, wybrac roztwor zbiorczy,
ktory ma nie stykac sie z odczynnikiem, i klikng¢ <<, aby przenies¢ go na liste Available bulks
(dostepne odczynniki zbiorcze).

Co najmniej jeden roztwor zbiorczy musi by¢ ustawiony jako kompatybilny.

uzyskania niezadowalajgcych wynikéw barwienia i potencjalnego uszkodzenia
modutu przetwarzania. Skontaktowac sie z firmg Leica Biosystems, aby ustali¢, czy
roztwory sg kompatybilne.

2 W przypadku kontaktu niekompatybilnych ze sobg roztworédw moze doj$¢ do

8. W przypadku markerow zaznaczy¢ pole Preferred (preferowany), aby dane przeciwciato
pierwszorzedowe lub sonda byty wyswietlane w oknie dialogowym konfiguracji szkietek.
W przypadku odczynnikdéw pomocniczych status Preferred (preferowany) jest uzywany wylacznie do
filtrowania list na ekranach Reagent Setup (konfiguracja odczynnikdéw) oraz Inventory (rejestr).

9. Jesli odczynnik ma by¢ sptukiwany do pojemnika na odpady niebezpieczne, zaznaczy¢ pole
Hazardous (niebezpieczny).

10.Klikng¢ Save (zapisz), aby dodac szczegdty odczynnika systemu BOND.

Klikng¢ Cancel (anuluj) w dowolnym momencie podczas procesu, aby wyjs¢ bez wprowadzania zmian.
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8.2.2 Usuwanie odczynnika

Aby usungc¢ odczynnik, zaznaczy¢ go na liscie na ekranie Reagent Setup (konfiguracja odczynnikéw),
a nastepnie klikng¢ przycisk Delete (usun). Wstepnie zdefiniowanych odczynnikow Leica Biosystems
(zaczynajacych sie od gwiazdki) nie da sie usunac.

Usuniecie szczegdtéw odczynnika powoduje réwniez usuniecie szczegotdw rejestru dla pakietow
zawierajgcych ten odczynnik. Usunietych szczegotow odczynnika ani szczegotow rejestru nie mozna
odzyskac.

Jesli uzywany wczesniej odczynnik nie jest dtuzej potrzebny, lepiej oznaczy¢ go jako niepreferowany niz
usungc. Dzieki temu odczynnik nie bedzie wyswietlany na wiekszosci ekranéw w oprogramowaniu, ale
pozostanie w systemie.
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8.3

Ekran Reagent Inventory (rejestr odczynnikéw) zawiera liste wszystkich odczynnikdéw i systemow
odczynnikdw zarejestrowanych kiedykolwiek w systemie BOND oraz biezgcy stan zapasow. Z poziomu tego
ekranu mozna przegladac zapasy i zarzadzaé nimi.

Ekran rejestru odczynnikdw

Reagent setup
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Posta¢ 8-3: Ekran Reagent Inventory (rejestr odczynnikéw)

Odczynniki Leica Biosystems o objetosci mniejszej niz minimalny poziom zapasoéw sg podswietlone na
czerwono.

Filtry ponizej tabeli umozliwiajg wyswietlenie odczynnikow lub systemdw tylko wybranego typu.

W przypadku systemoéw detekcji BOND systemoéw Oracle i systemdw czyszczenia — wybranych za pomocg
filtra Package type (typ pakietu) — liste mozna filtrowac tylko wg parametru Inventory status (status
rejestru). Wowczas mozna wyswietli¢ albo wszystkie zarejestrowane systemy, albo tylko te systemy, dla
ktorych dostepny jest jeszcze zapas odczynnikow, albo te systemy, ktdrych zapas jest mniejszy niz poziom
wskazujgcy na koniecznos$¢ zamdwienia nowych odczynnikow.

Liste poszczegdinych pojemnikéw na odczynniki mozna filtrowac wg parametréw Supplier (dostawca),
Preferred status (preferowany status) oraz Reagent type (typ odczynnika) (. ,,Primaries” (przeciwciata
pierwszorzedowe), ,Probes” (sondy), ,Parallel DS Primaries” (przeciwciata pierwszorzedowe do
rownoczesnego barwienia podwojnego), ,,Parallel DS Probes” (sondy do rdwnoczesnego barwienia
podwdjnego), ,Ancillaries” (odczynniki pomocnicze) lub ,All” (wszystkie)).
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W zaleznosci od typu odczynnika wy$wietlane moga byc¢ niektore lub wszystkie ponizsze szczegoty.

Nazwa

Supplier
(dostawca)

Type (typ)

Catalog No. (nr
katalogowy)

objetos¢ (ml)

Runs rem.

(pozostate
przebiegi)

Cleans remaining

(pozostate cykle
Czyszczenia)

Min. (ml)

Min. (runs) (min.

liczba
przebiegdw)

Min. (cleans)
(min. liczba cykli
Czyszczenia)

Petna nazwa odczynnika.

Nazwa dostawcy odczynnika. W przypadku systeméw odczynnikow parametr
ten nie jest wyswietlany.

Typ odczynnika, na przyktad , przeciwciato pierwszorzedowe”. W przypadku
systemdw odczynnikéw parametr ten nie jest wyswietlany.

Numer katalogowy odczynnika do podania podczas zamawiania. W przypadku
systemow odczynnikéw parametr ten nie jest wyswietlany (kolumna jest
obecna, ale wszystkie jej pola sg puste).

Catkowita dostepna ilos¢ odczynnika. Wartos¢ ta obejmuje wszystkie
zarejestrowane pakiety odczynnikéw, niezaleznie od tego, czy sg one
zatadowane do modutu przetwarzania, czy nie (zob. 8.3.1 - Okreslanie
objetosci odczynnika ).

Dla systemow Oracle; liczba przebiegdw, jakie jeszcze mozna przeprowadzi¢
w systemie.

Liczba cykli czyszczenia pozostatych w systemach czyszczenia.

Tylko dla odczynnikdw Leica Biosystems; poziom zapasow, po osiggnieciu
ktorego zostanie wyswietlony monit o zamoéwienie odczynnika (zob.
8.3.2.1 - Zmiana ustawienia minimalnego poziomu zapaséw).

Dla systemoéw Oracle; liczba pozostatych przebiegdw, po osiggnieciu ktorej
wyswietlany jest monit o zamdwienie systemu (zob. 8.3.2.1 - Zmiana
ustawienia minimalnego poziomu zapasow).

Dla systemow czyszczenia; liczba pozostatych cykli, po osiggnieciu ktorej
wyswietlany jest monit o zamodwienie systemu (zob. 8.3.2.1 - Zmiana
ustawienia minimalnego poziomu zapasow).
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Przyciski sterowania nad tabelg odczynnikéw umozliwiajg zarzadzanie rejestrem odczynnikow.

« Klikna¢ przycisk Details (szczegoty), aby wyswietli¢ informacje o poszczegdlnych pakietach
wybranego typu odczynnika i ustawi¢ opcje tego odczynnika.
Wiecej informacji znajduje sie w czesci 8.3.2 - Szczegdty odczynnika lub systemu odczynnikdw.

« Klikng¢ Enter ID (wprowadz ID), aby dodac¢ rejestr danego odczynnika do systemu w oknie
dialogowym Manual ID entry (reczne wprowadzanie ID), jesli ID nie zostanie automatycznie
rozpoznane przez skaner reczny.

Wiecej informacji znajduje sie w czesci 8.3.3 - Rejestrowanie odczynnikdw i systemoéw odczynnikdw.

« Klikng¢ Details report (raport dot. szczegétow), aby wygenerowac raport dla odczynnikéw lub
systemdw odczynnikéw aktualnie wymienionych w tabeli.

Zob. 8.3.4 - Raport. dot. szczegdtdw rejestru .

« Klikng¢ Reagent usage (uzycie odczynnika), aby wygenerowac raport dotyczacy uzycia odczynnika
w okreslonym okresie.
Zob. 8.3.5 - Raport dot. uzycia odczynnika.

Ogdlny opis sposobu $ledzenia rejestru odczynnikow przez system BOND znajduje sie w czesci
8.3.1 - Okreslanie objetosci odczynnika .
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8.3.1 Okreslanie objetosci odczynnika

System BOND wykorzystuje dwie metody okreslania objetosci odczynnika w pojemnikach na tacy na
odczynniki: oblicza objeto$¢ na podstawie poczatkowej objetosci i pdzniejszego zuzycia lub mierzy objetos¢
bezposrednio za pomocg czujnika poziomu cieczy (LLS).

Objetosc¢ jest obliczana zgodnie z nastepujgcg zasada: od poczatkowej objetosci odczynnika po kazdej
operacji dozowania odejmowana jest dozowana ilos¢ odczynnika, a do uzyskanego wyniku dodawana jest
objetos¢ uzupetnienia (otwartego pojemnika). W przypadku utraty odczynnika przez odparowanie lub
rozlanie mogq wystgpic rozbieznosci.

System LLS jest zintegrowany z sondg aspiracyjng. Okresla on objetosci odczynnikdw na podstawie
wysokosci odczynnika zmierzonej po zanurzeniu sondy aspiracyjnej w pojemniku. Przy ustawieniach
domysinych w pewnych warunkach, takich jak brak pomiaru objetosci pojemnika przez ponad 30 dni,
pomiar objetosci LLS (czesto okreslany jako ,test zanurzeniowy”) jest wykonywany automatycznie. Jest to
spowodowane tym, ze odczynnik mégt wyparowac lub pojemnik mégt zostac uzyty w innym systemie.
Domyslne testy zanurzeniowe sg planowane tak, aby nie opdzniaé przetwarzania, istnieje wiec mozliwosé,
ze ilos¢ dostepnego odczynnika — mimo ze poczatkowo prawidtowa — moze nie by¢ wystarczajgca do
przeprowadzenia zaplanowanych przebiegdw. W takiej sytuacji generowany jest alarm i operator musi
uzupeic pojemnik (tylko otwarte pojemniki) lub upewnic sie, ze dostepny jest odpowiedni alternatywny
odczynnik (zob. 8.1.1.4 - Zastepowanie odczynnikdw).

Opcjonalnie mozna skonfigurowac system BOND tak, aby test zanurzeniowy pojemnikéw byt
przeprowadzany przed kazdym przebiegiem przetwarzania. Opcje te ustawia sie osobno dla otwartych
pojemnikow, pojemnikdw gotowych do uzycia i systemdw odczynnikéw. Ustawienie to zapewnia, ze ilos¢
odczynnikdw jest wystarczajgca do zakoriczenia uruchomionych przebiegdw, jednak nalezy pamietac, ze
testy zanurzeniowe opdzniajg przetwarzanie. Opcje te ustawia sie z poziomu okienka Laboratory settings
(ustawienia laboratorium) klienta administracyjnego (zob. 10.5.1 - Ustawienia laboratorium).

8.3.1.1 Raportowanie objetosci w przypadku systemow detekcji

Aby objetosci raportowane dla systemdw detekcji BOND byty poréwnywalne z objeto$ciami raportowanymi
dla poszczegolnych pojemnikéw (co umozliwi szacowanie liczby szkietek, ktore mozna przetworzy¢ przy
uzyciu systemu detekcji), wartosci s podawane w mililitrach na pojedynczy pojemnik. Jednak poniewaz
systemy detekcji zawierajg pojemniki o réznych objetosciach, nalezy zastosowac regute raportowania
objetosci opisang w tej czesci.

Nalezy pamietac, ze reguta ta nie dotyczy systemow Oracle ani systemow czyszczenia, w przypadku ktorych
raportowane sg odpowiednio pozostata liczba przebiegdw i pozostata liczba cykli czyszczenia.

W przypadku systemow detekcji objetos¢ jest raportowana w stosunku do najwiekszego pojedynczego
pojemnika w systemie. Na przyktad, jesli najwiekszy pojemnik ma pojemnosc¢ 30 ml, objetos¢ systemu jest
raportowana w stosunku do tych 30 ml. Oprogramowanie BOND zaktada, ze wszystkie pojemniki w nowych
systemach sg petne, wiec przy pierwszej rejestracji system z najwiekszym pojemnikiem 30 ml jest
raportowany jako system o objetosci 30 ml.

W miare zuzywania odczynnika raportowana jest objetos¢ pojemnika o najnizszej objetosci wzglednej. Jesli
objetos$¢ pojemnika nie jest taka sama jak objeto$¢ najwiekszego pojemnika w systemie, warto$¢ jest
normalizowana do objetosci najwiekszego pojemnika. Na przyktad w systemie z kilkoma pojemnikami 30 ml
i dwoma pojemnikami 2.4 ml moze sie okazac, ze najmniejsza ilos¢ odczynnika, w stosunku do objetosci
poczatkowej, znajduje sie w pojemniku 2.4 ml. Jesli w pojemniku pozostato 1.2 ml (potowa jego objetosci
poczatkowej), objetos¢ systemu jako catosci zostanie podana jako potowa wartosci 30 ml, tj. 15 ml.
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8.3.2 Szczegdbty odczynnika lub systemu odczynnikdw

Aby wyswietli¢ szczegdty poszczegdlnych pakietéw odczynnikdw lub systemdw odczynnikéw, klikngé
dwukrotnie typ odczynnika w tabeli rejestru odczynnikdw lub zaznaczy¢ dany odczynnik i klikng¢ Details
(szczegbty).
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Posta¢ 8-4: Okno dialogowe Reagent inventory details (szczegdty rejestru odczynnikdw)

Okno dialogowe szczegotow rejestru zawiera liste wszystkich pakietéw wybranego odczynnika lub systemu.
Pola i opcje w tym oknie roznig sie w zaleznosci od typu pakietu odczynnika i dostawcy. Domysinie
wysSwietlane s3 tylko pakiety z dostepnymi, nieprzeterminowanymi odczynnikami. Mozna rowniez wyswietli¢
puste pakiety (ktorych termin waznosci jeszcze nie uptynat) lub wszystkie pakiety, ktdrych termin waznosci
uptynat w ciggu ostatniego miesigca — w tym celu zaznaczy¢ opcje Available (dostepne), Empty (puste)
lub Expired (z przekroczonym terminem waznosci) w oknie dialogowym.

W przypadku wszystkich typéw pakietéw odczynnikdw wskazywana jest nazwa pakietu. Ponadto
w przypadku odczynnikow BOND wysSwietlany jest nr katalogowy, wg ktdrego mozna sortowac liste.
Dodatkowo dla odczynnikdw BOND (ale nie systemow) wskazywane sg nazwa oraz wielkos¢ pakietu.

Przy odczynnikach i systemach BOND wys$wietlane jest réwniez pole Minimum stock (minimalny zapas)
pokazujgce poziom odczynnika, po osiggnieciu ktorego wyswietlany bedzie monit o zamdwienie odczynnika
(zob. 8.3.2.1 - Zmiana ustawienia minimalnego poziomu zapasow).

Za pomoca recznego skanera mozna zeskanowac boczne kody kreskowe z zarejestrowanego pojemnika na
odczynniki lub systemu odczynnikéw, co spowoduje otwarcie okna dialogowego szczegotow rejestru.
Zeskanowana pozycja rejestru zostanie podswietlona w tabeli szczegotdw i automatycznie ustawione
zostang odpowiednie filtry Show (pokaz) (,Available” (dostepne), ,Empty” (puste) lub ,Expired”
(przeterminowane)).
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Tabela w oknie dialogowym zawiera nastepujace informacje dotyczace kazdego pakietu odczynnika:

UPI Unikalny identyfikator opakowania (zob. 8.1.1.3 - Identyfikacja odczynnika).

Lot No. (nr partii) Numer partii pakietu.

Expiration date Termin waznosci pakietu. Nie uzywac pakietu po uptywie tej daty.
(termin waznosci)

Registered Data pierwszego zarejestrowania pakietu w systemie BOND.
(zarejestrowano)

First used (pierwsze Data pierwszego uzycia pakietu w systemie BOND.

uzycie)

Marked empty Data oznaczenia pakietu jako pustego. Procedura ta moze by¢ wykonywana
(oznaczony jako recznie lub automatycznie przez oprogramowanie (zob. 8.3.2.3 - Oznaczanie
pusty) pakietu jako pustego lub niepustego).

Initial vol. (objetos¢  Objetos¢ nowego, petnego opakowania odczynnika.
poczatkowa) (ml) W przypadku systemdw odczynnikdéw parametr ten nie jest wyswietlany.

objetos¢ (ml) BieZzgca objetos¢ odczynnika w pojemniku. W przypadku systemdw detekcji
zob. 8.3.1.1 - Raportowanie objetosci w przypadku systemow detekcji.

Refill (mL) W przypadku otwartych pojemnikdw jest to pozostata objetos¢ odczynnika,
(ponowne ktorg mozna wykorzystac do napetnienia pojemnika.
napetnienie (ml))

Cleans remaining W przypadku systemow czyszczenia jest to liczba cykli czyszczenia, ktore
(pozostate cykle mozna wykonac przy uzyciu pozostatej ilosci odczynnika.
Czyszczenia)

Runs remaining W przypadku systemdw Oracle jest to liczba przebiegéw, ktére mozna
(pozostate wykonac przy uzyciu pozostatej ilosci odczynnika.
przebiegi)

Przyciski w oknie dialogowym szczegdtdw rejestru umozliwiajg konfiguracje zakresu szczegétéw
(odpowiednich dla danego typu pakietu) i tworzenie raportu dot. szczegétéw okreslonego odczynnika lub
systemu. Ponizej opisano opcje konfiguracji i raportow.

8.3.2.1 Zmiana ustawienia minimalnego poziomu zapasow

Wstepnie zdefiniowane odczynniki i systemy odczynnikow Leica Biosystems mogg miec ustawiony
minimalny poziom zapaséw. Gdy catkowity zapas odczynnika spadnie ponizej ustawionego poziomu,
odczynnik zostanie pod$wietlony na czerwono na ekranie Reagent Inventory (rejestr odczynnikéw),
wskazujgc uzytkownikowi konieczno$¢ zamdwienia odczynnika lub systemu.

Aby zmieni¢ ustawienie minimalnego poziomu zapaséw, klikng¢ Set minimum stock level (ustaw
minimalny poziom zapaséw). W oknie dialogowym w polu Minimum stock (minimalny zapas) wprowadzi¢
wymagany minimalny poziom zapaséw. W zaleznosci od typu pakietu jako jednostki uzy¢ mililitréw,
przebiegow lub cykli czyszczenia. Klikngé OK.

182 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5



8. Zarzadzanie odczynnikami (kontroler BOND )

8.3.2.2 Raport dot. odczynnika

Klikng¢ Details report (raport dot. szczegétoéw), aby wygenerowac raport tylko wybranego odczynnika lub
systemu odczynnikéw. Wiecej informacji znajduje sie w czesci 8.3.4 - Raport. dot. szczegdtdw rejestru .

8.3.2.3 Oznaczanie pakietu jako pustego lub niepustego

Pakiet odczynnika mozna oznaczy¢ jako pusty, na przyktad w przypadku usuniecia go przed catkowitym
oprdznieniem. W tym celu zaznaczy¢ pakiet w tabeli, a nastepnie klikng¢ opcje Mark as empty (oznacz
jako pusty). Oprogramowanie umiesci biezgcg date w polu Marked empty (oznaczony jako pusty).

Aby przywrdcic pakiet odczynnika oznaczony jako pusty, nalezy zaznaczy¢ go w tabeli i klikng¢ Mark not
empty (oznacz jako niepusty). Mozna to zrobic tylko wtedy, gdy pakiet nie jest zatadowany do modutu
przetwarzania. Oprogramowanie wyswietli objetos$¢ odczynnika zmierzong przez oznaczeniem pakietu jako

pusty.

Zaznaczy¢ pole Empty (puste) nad tabelg, aby wyswietli¢ pozycje oznaczone jako puste.

8.3.2.4 Ponowne napetnianie otwartego pojemnika na odczynnik

Otwarte pojemniki na odczynniki BOND mozna wykorzysta¢ ponownie do dozowania okreslonych
odczynnikéw w ilosci do 40 ml. Nie istniejg zadne ograniczenia co do liczby ponownych napetnien
pojemnika, o ile uzupetniana ilo$¢ odczynnika nie przekracza objetosci pojemnika.

W celu ponownego napetnienia otwartego pojemnika wykonac ponizsze czynnosci.

1. Napetni¢ pojemnik zgdang iloscig odczynnika.

2. Zeskanowa¢ pojemnik (zgodnie z opisem w czesci 8.3.3 - Rejestrowanie odczynnikdw i systemoéw
odczynnikéw), a nastepnie klikna¢ Refill (napetnij).
Przycisk napetniania nie bedzie dostepny, jesli dodanie odczynnika do pojemnika spowoduje
przekroczenie limitu 40 ml.

3. Ustawi¢ termin waznosci nowego odczynnika.

Nalezy pamietac, ze podczas napetniania otwartego pojemnika (po raz pierwszy lub ponownie)
oprogramowanie zaktada, ze pojemnik mozna napetni¢ do maksymalnej objetosci dostepnej dla tego
pojemnika, czyli objetosci (ml) okreslonej przez uzytkownika podczas pierwszej rejestracji odczynnika lub
biezacej objetosci plus pozostatej dozwolonej objetosci napetniania. Zgtoszona objetos¢ zostanie
skorygowana, jesli jest to konieczne, po przeprowadzeniu testu zanurzeniowego. Moze to jednak nastgpic¢
dopiero po zaprzestaniu korzystania z pojemnika przez system.

Kazdy otwarty pojemnik jest przypisywany do konkretnego odczynnika podczas pierwszej rejestracji. Z tego
powodu kazdy otwarty pojemnik nalezy zawsze uzupetnia¢ tym samym odczynnikiem.
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8.3.3 Rejestrowanie odczynnikdw i systemdw odczynnikow

Zarejestrowanie pakietu odczynnika powoduje dodanie go do rejestru. Zanim mozliwe bedzie
zarejestrowanie pakietu, odczynnik musi znalez¢ sie na liscie na ekranie Reagent Setup (konfiguracja
odczynnikéw).

Zawsze nalezy zarejestrowac pakiet odczynnika przed jego uzyciem w urzadzeniu BOND-III lub BOND-MAX.

W przypadku zatadowania niezarejestrowanego pojemnika na odczynnik do modutu przetwarzania

oprogramowanie nie rozpozna go i wyswietli ikone informagji U na pozycji tego odczynnika na liscie na
ekranie System status (stan systemu).

Oprogramowanie BOND $ledzi zuzycie odczynnika i wyswietla alert informujgcy o tym, ze trzeba wymienic¢
odczynnik.

Nie prébowac napetniac pojemnika z odczynnikiem gotowym do uzycia BOND, jako Ze oprogramowanie
BOND rozpozna ten pojemnik jako uzywany i odmowi jego wykorzystania.

Jezeli system BOND nie rozpozna nowego pakietu odczynnika po jego zeskanowaniu, prawdopodobnie

w systemie nie zainstalowano najnowszego pliku definicji danych BOND (BDD); wyszukaé najnowszy plik
BDD w Internecie, a nastepnie pobrac i zainstalowac go (z poziomu ekranu BDD update (aktualizacja BDD)
klienta administracyjnego), jesli oczywiscie jego wersja jest pdzniejsza niz wskazana w oknie dialogowym
About BOND (o systemie BOND). Po zainstalowaniu najnowszego pliku BDD ponownie uruchomic klienta
klinicznego i ponowi¢ prébe zarejestrowania nowego pojemnika na odczynniki lub systemu odczynnikdw.

Metody rejestrowania réznych typdw pakietoéw odczynnikdéw opisano w nastepujgcych czesciach:

« 8.3.3.1 - Rejestrowanie systemdw odczynnikow

« 8.3.3.2 - Rejestrowanie odczynnikéw gotowych do uzycia BOND
« 8.3.3.3 - Rejestrowanie odczynnikéw niegotowych do uzycia

« 8.3.3.4 - Reczne wprowadzanie ID

8.3.3.1 Rejestrowanie systemow odczynnikdw

Aby zarejestrowac system detekcji, system teranostyczny lub system czyszczenia BOND, zeskanowac dwa
kody kreskowe z boku tacy na odczynniki.

Niektore systemy odczynnikdéw maja tylko jeden kod kreskowy na tacy na odczynniki, na przyktad systemy
zawierajgce tylko jeden lub dwa pojemniki.

Oprogramowanie wyswietli okno dialogowe Add reagent system (dodaj system odczynnikow).

OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo zwigzane z laserem. Mozliwos¢
powaznego urazu oczu. Unika¢ bezposredniego

kontaktu wzrokowego z laserem.

184 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5



8. Zarzadzanie odczynnikami (kontroler BOND )

Postac 8-5: Rejestrowanie systemu detekcji BOND

Sprawdzi¢, czy szczegdty w oknie dialogowym odpowiadajg szczegdtom pakietu, a nastepnie klikngé OK.

0 Nie nalezy probowac rejestrowac pojedynczych pojemnikéw na odczynniki, bedgcych czescig systemu
odczynnikdw.

8.3.3.2 Rejestrowanie odczynnikow gotowych do uzycia BOND

Aby zarejestrowac pakiet odczynnika gotowego do uzycia BOND, zeskanowac kod kreskowy z przodu
pojemnika. Oprogramowanie wyswietli okno dialogowe Add reagent package (dodaj pakiet odczynnika).

Add reagent package

Glial Fibrillary Acidic Protein (GA5), 7 mL
Catalog N°: PAD026 UPI: 00690422
Supplier: Leica Microsystems

Lot N*: 07360 Expiration date: 30-Apr-25
Initial vol. (mL) 7.00

Postac 8-6: Rejestrowanie pakietéw odczynnikéw BOND

Sprawdzi¢, czy szczegdty w oknie dialogowym odpowiadajg szczegétom pakietu, a nastepnie klikngé Add
(dodaj).
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8.3.3.3 Rejestrowanie odczynnikow niegotowych do uzycia

Odczynniki niedostarczane w gotowych do uzycia pakietach BOND mogg by¢ uzywane w systemie BOND
w otwartych pojemnikach BOND lub pojemnikach do miareczkowania. Po przygotowaniu odczynnika
niegotowego do uzycia i wprowadzeniu go do otwartego pojemnika 7 ml lub 30 ml badz pojemnika do
miareczkowania 6 ml zarejestrowac odczynnik w taki sam sposdb, jak odczynnik BOND:

1. Upewnic sie, ze odczynnik zostat utworzony w systemie i jest preferowany. Aby mozliwe byto

zarejestrowanie rejestru, odczynnik utworzony przez uzytkownika musi zostac¢ ustawiony jako
preferowany (zob. 8.2.1 - Dodawanie lub edytowanie odczynnika).

Nalezy pamietac, ze enzymy z zestawu BOND do wstepnej obrobki enzymatycznej sa wstepnie
zdefiniowane w systemie i nie wymagaja recznego tworzenia.

Zeskanowac kod kreskowy z przodu otwartego pojemnika lub pojemnika do miareczkowanego, aby
otworzyc¢ okno dialogowe Add open container (dodaj otwarty pojemnik).

Wybra¢ nazwe odczynnika z listy rozwijanej Reagent name (nazwa odczynnika). (Nazwa dostawcy
jest wyswietlana w nawiasach obok nazwy odczynnika).

Lista zawiera wszystkie utworzone w systemie preferowane odczynniki pomocnicze i markery inne niz
BOND, a takze cztery wstepnie zdefiniowane enzymy, ktére mozna przygotowac ze sktadnikéw
zestawu BOND do wstepnej obrdbki enzymatycznej. Jesli odczynnik nie zostat utworzony w systemie,
anulowac okno dialogowe Add open container (dodaj otwarty pojemnik) i otworzy¢ odczynnik
(zob. krok 1 powyzej).

Whisa¢ numer partii odczynnika z dokumentacji dostawcy odczynnika.
Klikng¢ pole Expiration date (termin waznosci) i za pomoca kalendarza ustawi¢ termin waznosci
(lub wpisa¢ date recznie).

Daty mozna wprowadzi¢ w postaci czesciowej, np. D/M, DD/MM lub DD/MMM - system domys$Inie
przyjmuje biezacy rok. W przypadku wprowadzenia na przyktad MM/RRRR lub MMM/RRRR system
przyjmuje pierwszy dzien danego miesigca.

Jesli wprowadzona data bedzie nieprawidtowa, wokét pola Expiration date (termin waznosci)
wyswietlona zostanie czerwona obwddka i pojawi sie komunikat o btedzie walidaciji.

Po kliknieciu obszaru poza polem Expiration date (termin waznosci) prawidtowa data zostanie

automatycznie zmieniona na systemowy format daty. Jesli przed wpisaniem nieprawidtowej daty
wprowadzono co najmniej jedng poprawng date, klikniecie poza polem spowoduje wysSwietlenie

ostatniej wpisanej prawidtowej daty.

6. Klikng¢ OK, aby zarejestrowac odczynnik.

8.3.3.4 Reczne wprowadzanie ID

Jesli system BOND nie odczytuje kodu kreskowego odczynnika, z poziomu ekranu Reagent Inventory
(rejestr odczynnikow) wykonac nastepujgce czynnosci:

1. Klikng¢ Enter ID (wprowadz ID).

Oprogramowanie BOND wyswietli okno dialogowe Manual ID entry (reczne wprowadzanie ID).

W gérnym wierszu okna dialogowego wpisac ID odczynnika (znajdujace sie obok kodu kreskowego
z przodu pakietu odczynnika).

Klikng¢ Validate (walidacja).

Jesli istnieje wiecej niz jeden kod kreskowy, jak w przypadku systeméw detekgji, opcje Validate
(walidacja) klikng¢ po wprowadzeniu wszystkich numerdéw pakietow.
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4. Po sprawdzeniu, czy numer pakietu jest prawidtowy, oprogramowanie wy$wietli odpowiednie okno
dialogowe Add reagent package (dodaj pakiet odczynnika).

5. Sprawdzi¢ szczegoty pakietu lub doda¢ wymagane szczegoty w oknie dialogowym z wymaganiami
Add reagent package (dodaj pakiet odczynnika) i klikng¢ przycisk OK, aby zarejestrowac pakiet.

8.3.4 Raport. dot. szczegotdw rejestru

System umozliwia generowanie raportow dot. szczegdtow rejestru odczynnikdw lub systemdw odczynnikow
wyswietlanych w tabeli na ekranie Reagent Inventory (rejestr odczynnikéw). Wygenerowany raport
zawiera informacje o kazdym z widocznych odczynnikéw lub systemdw, w tym pozostate zapasy. Jesli
catkowity poziom zapasow jest mniejszy niz minimalny (zob. 8.3.2.1 - Zmiana ustawienia minimalnego
poziomu zapasow), dany odczynnik jest oznaczony w raporcie jako ,Low” (niski poziom).

Ustawic filtry w dolnej czesci ekranu, aby wyswietli¢ zgdane odczynniki lub systemy odczynnikéw,
a nastepnie klikng¢ przycisk Details report (raport szczegotowy). Raport zostanie wygenerowany
i wyswietlony w nowym oknie.

W prawym gornym rogu raportu dot. rejestru odczynnikdw znajduja sie nastepujgce informacje:

Pole Opis

Placéwka Nazwa placéwki wprowadzona w polu Facility (placoéwka) na ekranie
Laboratory settings (ustawienia laboratorium) klienta administracyjnego —
zob. 10.5.1 - Ustawienia laboratorium

Subject (temat) | Ustawienia filtra uzywane do wyboru odczynnikéw lub systemdw odczynnikow
W raporcie.

Dla kazdego odczynnika z tabeli w tresci raportu wyswietlane sg nastepujace informacje:

« hazwa

« catkowity dostepny zapas (oznaczony flaga, jesli jest mniejszy niz minimalny poziom zapaséw)

« numer katalogowy (dla gotowych do uzycia pojemnikéw BOND) lub oznaczenie ,,open” (otwarty)
(tylko otwarte pojemniki)

« typ (typ przeciwciata pierwszorzedowego, sondy, odczynnika pomocniczego lub systemu
odczynnikéw)

« dostawca

W przypadku kazdego indywidualnego pakietu odczynnika w raporcie wy$wietlane sg nastepujace
informacje:

« UPI

o numer partii

« termin waznosci

« data zarejestrowania

« data pierwszego uzycia
« data ostatniego uzycia
« pozostata ilos¢

Wiecej szczegdtdw na temat okna raportow i opcji drukowania znajduje sie w czesci 3.7 - Raporty.
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8.3.5 Raport dot. uzycia odczynnika

Raport dot. uzycia odczynnika przedstawia ilo$¢ zuzytego odczynnika oraz liczbe testéw przeprowadzonych
z wykorzystaniem tego odczynnika w okreslonym okresie. Informacje te sg podawane osobno dla kazdego
pojemnika na odczynniki, a takze w postaci zestawienia tgcznego.

Raport obejmuje wszystkie odczynniki uzywane w okreslonym okresie, niezaleznie od odczynnikow
aktualnie wyswietlanych na ekranie Reagent Inventory (rejestr odczynnikéw). Nie uwzglednia jednak
zuzycia systemow odczynnikdw.

Klikng¢ Reagent usage (uzycie odczynnika), aby otworzy¢ okno dialogowe wyboru okresu, ktérego ma
dotyczyc raport. Ustawic¢ daty ,,From” (od) i, To” (do) (zob. Korzystanie z pot wyboru daty i godziny on page
193), a nastepnie kliknag¢ Generate (generuj). Raport zostanie wygenerowany i wyswietlony w nowym
oknie.

W prawym gornym rogu raportu dot. uzycia odczynnika znajduja sie nastepujgce informacje:

Pole Opis

Placéwka Nazwa placéwki wprowadzona w polu Facility (placéwka) na ekranie
Laboratory settings (ustawienia laboratorium) klienta administracyjnego —
zob. 10.5.1 - Ustawienia laboratorium

Przedziat czasu | Daty,od”i,do” okresu ujetego w raporcie

Dla kazdego odczynnika uzytego w okresie objetym raportem wyswietlany sg nastepujace informacje:

« Nazwa (skrécona nazwa odczynnika)

« UPI kazdego uzytego pojemnika

« Numer partii kazdego uzytego pojemnika

« Termin waznosci kazdego uzytego pojemnika

« Liczba przetworzonych szkietek, zaréwno na pojemnik, jak i tacznie dla odczynnika

« Objetosc¢ odczynnika zuzyta w wybranym okresie, zarowno na pojemnik, jak i tacznie dla odczynnika

Wiecej szczegdtdw na temat okna raportow i opcji drukowania znajduje sie w czesci 3.7 - Raporty.
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8.4  Ekran paneli odczynnikow

Panel to zdefiniowany przez uzytkownika zestaw markeréw. Stuzg do szybkiego dodawania wiekszej liczby
szkietek do systemu.

Panele mozna stosowac wytgcznie do tworzenia szkietek do rutynowego barwienia pojedynczego; ich
uzywanie do konfiguracji szkietek do barwienia podwdjnego nie jest zalecane. Panele mogg by¢ tworzone
wytgcznie przez uzytkownikow o roli ,,przetozony”.

Aby wyswietli¢ ekran Reagent Panels (panele odczynnikéw), klikng¢ ikone Reagent setup (konfiguracja
odczynnikéw) na pasku funkgji, a nastepnie klikng¢ karte Panels (panele).

Wiecej informacji mozna znalez¢ w czesciach:

« 8.4.1 - Tworzenie panelu
o 8.4.2 - Wyswietlanie lub edytowanie szczegdtéw panelu
« 8.4.3 - Usuwanie panelu

8.4.1 Tworzenie panelu

Aby utworzy¢ panel, wykonac¢ nastepujgce czynnosci (wymaga zalogowania sie uzytkownika o roli
Jprzetozony”):
1. Klikna¢ opcje Add panel (dodaj panel).
Oprogramowanie wyswietli okno dialogowe Reagent panel properties (wtasciwosci panelu
odczynnikéw).

Raagent panal propertas
Panal nams
Available markens: Fpnel comaing:
mﬂ FIERET oo “m
3 THERZ Nagatrss Control Limg L

. . is

Eirigen Racepiar (BF11) Lisi i iy

*{eal Fiasllary Acidic Protsin [GA5) Lescm bl o, ety m

"HER2 Megaree Coni Lidcas blix rossrystoems m

"HERZ Primary Aniiody Lt Wic roesystemes m

“wrwva pnimiindvk & RHTLAS | gt Wit evstinTs ™

Figure 8-7: Okno dialogowe Reagent panel properties (wasciwosci panelu odczynnikow)

Tabela po prawej stronie okna Reagent panel properties (wasciwosci panelu odczynnikow)
zawiera liste elementdw panelu, a tabela po lewej stronie — liste wszystkich dostepnych markerow.

2. Wprowadzi¢ nazwe panelu w polu Panel name (nazwa panelu) w gérnej czesci okna dialogowego.
Nie mozna zapisa¢ panelu bez nazwy.

3. Aby dodac¢ marker do panelu, zaznaczy¢ pozycje na liscie dostepnych przeciwciat lub sond w tabeli po

Testtissue >
lewej stronie, a nastepnie klikng¢ przycisk

Aby dodac kontrolng tkanke dodatnig, klikng¢ marker, a nastepnie klikng¢
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Aby dodac kontrolng tkanke ujemnag, klikng¢ marker, a nastepnie klikngé
4. Aby usungc element z panelu, zaznaczy¢ go w tabeli po prawej i klikngc¢

0 Panele muszg zawierac tkanke testowg. Nie mozna zapisa¢ panelu, do ktdrego nie przypisano tkanki
testowe;j.

5. Kiedy panel bedzie poprawny, klikng¢ OK, aby zapisa¢ szczegdty.
Jesli panel ma nie by¢ zapisany, klikng¢ opcje Cancel (anuluj).

8.4.2 Wyswietlanie lub edytowanie szczegdtdéw panelu

Aby wyswietli¢ szczegbty panelu, zaznaczy¢ go w tabeli po lewej stronie ekranu Reagent Panels (panele
odczynnikéw). Markery przypisane do panelu sg wyswietlane w tabeli po prawej stronie ekranu. Aby
edytowac panel, klikng¢ opcje Panel properties (wtasciwosci panelu) i przeprowadzi¢ edycje zgodnie

z opisem w czesci 8.4.1 - Tworzenie panelu.

8.4.3 Usuwanie panelu

Aby usungc panel z systemu, zaznaczy¢ go w tabeli na ekranie Reagent Panels (panele odczynnikdw)
i klikna¢ przycisk Remove panel (usun panel). System zazada potwierdzenia usuniecia.

0 Ostroznie wyja¢ panele. Szczegdtdéw usunietych paneli nie mozna odzyskac.
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Ekran Slide history (historia szkietek) zawiera szczegéty szkietek zaplanowanych, aktualnie
przetwarzanych lub juz przetworzonych przez system BOND.

W przypadku przebiegdw, ktore zostaty zaplanowane, ale zatrzymane przed rozpoczeciem przetwarzania
(no. przez odblokowanie tacy), wpisy dotyczace poszczegdlnych szkietek sg usuniete z listy historii

i zastgpione pojedynczym wierszem dla catej tacy oznaczonym flagg ,,Rejected” (odrzucono). Dla tych
przebiegdw mozna wygenerowac raporty dot. szczegotow przebiegu i zdarzen podczas przebiegu.

Ten rozdziat zawiera nastepujgce czesci:

« 9.1 - Ekran historii szkietek

o 9.2 - Wybor szkietek

« 9.3 - Wiasciwosci szkietka i ponowny przebieg
« 9.4 - Raport dot. zdarzen podczas przebiegu

« 9.5 - Raport dot. szczegdtdw przebiegu

« 9.6 - Raport dla przypadku

« 9.7 - Raport dot. protokotu

« 9.8 - Podsumowanie szkietek

o 9.9 - Eksport danych

« 9.10 - Krétka historia szkietek
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9.1 Ekran historii szkietek

Aby wyéwietli¢ szczegdty historii szkietek lub wygenerowaé raport dot. zdarzen podczas SRy

przebiegu, raport. dot. szczegétdéw przebiegu lub raport dla przypadku, klikng¢ ikone Slide <3

history (historia szkietek) na pasku funkgcji.

Slide history
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Postac¢ 9-1: Ekran Slide history (historia szkietek)

Lista na ekranie historii szkietek zawiera szkietka przetworzone w okresie zdefiniowanym za pomoca filtra
Date range (zakres dat) powyzej listy lub szkietka przefiltrowane wg filtra Slide ID (ID szkietka) (zob.
9.2 - Wybor szkietek).

Nalezy pamietaé, ze ID przebiegdw wyswietlane na ekranie moga nie zwiekszac sie sekwencyjnie. ID
przebiegow sg przydzielane w momencie zablokowania tacy na szkietka, jesli wiec taca zostata zablokowana,
odblokowana, a nastepnie zablokowana ponownie (przed uruchomieniem przebiegu), ID przebiegu
zwiekszy sie, a numer przydzielony w momencie pierwszego zablokowania zostanie pominiety.

Znaczenie koloréw, jakimi oznaczone sg szkietka, jest takie samo jak na ekranie Slide setup (konfiguracja
szkietek) (zob. 6.5.1 - Opis pdl i elementdw sterujgcych dla szkietek):

« Biaty: szkietka utworzone oknie dialogowym Add slide (dodaj szkietko)

. Z0Mty: szkietka utworzone w oknie dialogowym Slide identification (identyfikacja szkietek) (zob.
6.8 - Reczne tworzenie slajdéw i przypadkéw)

« Jasnoszary: szkietka LIS
« Czerwony: priorytetowe szkietka LIS (zob. 11.2.5 - Szkietka priorytetowe)
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Dla kazdego szkietka lista podaje nastepujace informacje:

« Data przetworzenia (data rozpoczecia przetwarzania szkietka)

« ID przebiegu

« Slide ID (ID szkietka)

« marker (nazwa przeciwciata pierwszorzedowego lub sondy)

« Patient name (imie i nazwisko pacjenta)

« Case ID (ID przypadku)

« Typ (tkanka testowa lub dodatnia badZ ujemna tkanka kontrolna)

« Status (w toku lub zakonczono, plus informacja o wszelkich nieoczekiwanych zdarzeniach; réwniez
status ,odrzucono” dla przebiegdw, ktore zostaty przerwane przed rozpoczeciem przetwarzania)

Jesli status to Done (notification) (gotowe (powiadomienie)), sprawdzi¢ raport dot. zdarzen podczas
przebiegu w celu ustalenia, czy nieoczekiwane zdarzenia mogty mie¢ wptyw na barwienie. Nieoczekiwane
zdarzenia sa wy$wietlane pogrubiong czcionka.

Aby wyswietli¢ informacje o szkietku, zaznaczy¢ go na liscie i klikng¢ jeden z przyciskéw ponizej listy.

9.2  Wybor szkietek

Liste szkietek na ekranie Slide history (historia szkietek) mozna przefiltrowac, aby wyswietlany byly tylko
szkietka przetworzone w okreslonym okresie lub tylko szkietka o wybranym ID. Klikng¢ menu rozwijane
i wybrac filtr, jaki ma zostac zastosowany do szkietek.

Filtr okresu przetwarzania szkielek

Shde history

TS LN - I - TR o R - o [ o
[ Pocesom ] o[ ki | ot | e | G0 ] o | o]

Posta¢ 9-2: Filtr okresu przetwarzania szkietek

Uzyc filtra Date range (zakres dat), aby okresli¢ okres, ktérego ma dotyczyc lista na ekranie; wyswietlane
sq tylko szkietka przetworzone w tym okresie. Ustawic daty ,,From” (od) i ,To” (do) oraz, w razie potrzeby,
godzine, aby okresli¢ zagdany przedziat czasu. Klikng¢ Apply (zastosuj), aby wyswietli¢ szkietka.

Jesli w danym okresie przetworzono ponad 1000 szkietek, wy$wietlone zostanie tylko pierwsze
1000 szkietek. Aby wyswietli¢ szczegoty petnego zestawu, nalezy wyeksportowac dane szkietek — zob.
9.9 - Eksport danych.

W polu To (do) wstepnie ustawiona jest biezgca data i godzina, a polu From (od) — data wczesniejsza
doktadnie o tydzien. Jesli ustawienia zostaty zmienione, mozna powrdcic¢ do tej konfiguraciji, klikajgc opcje
Last seven days (ostatnie siedem dni).

Korzystanie z p6t wyboru daty i godziny

Aby ustawi¢ dzien, miesigc i rok, klikng¢ ikone kalendarza i wybra¢ date. Do przewijania miesiecy stuza
strzatki na pasku kalendarza. Mozna tez klikng¢ srodek paska, aby wybrac kolejny miesigc lub przewijaé lata.
Date mozna réwniez wpisac bezposrednio w polu.

Aby ustawi¢ godzine, klikng¢ pole godziny i uzy¢ przyciskdw w gore i w dét (lub klawiszy strzatki w gore
i w dét). W zaleznosci od miejsca, w ktorym umieszczony jest kursor, wartos¢ zmienia sie o jedng godzine,
dziesie¢ minut lub minute. Godzine mozna réwniez wpisa¢ bezposrednio w polu.
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Filtr ID szkietek

Uzyc filtra Slide ID (ID szkietka), aby wyswietli¢ informacje o konkretnym szkietku. Wpisac ID szkietka
w polu Slide ID (ID szkietka) i klikng¢ Apply (zastosu;j).

9.3 Wiasciwosci szkietka i ponowny przebieg

Aby wyswietli¢ wtasciwosci szkietka na liscie na ekranie Slide history (historia szkietek), zaznaczy¢ to
szkietko i klikng¢ opcje Slide properties (wtasciwosci szkietka) lub dwukrotnie klikng¢ szkietko.
Wyswietlone zostanie to samo okno dialogowe co okno otwierane z poziomu ekranu Slide setup
(konfiguracja szkietek) (6.5.4 - Edytowanie szkietka).

W oknie dialogowym Slide properties (wtasciwosci szkietka) otwartym z poziomu ekranu Slide history
(historia szkietek) nie mozna edytowac zadnych szczegotow pacjenta ani testu (poniewaz szkietko jest
aktualnie przetwarzane lub zostato juz przetworzone), jednak mozna dodawac uwagi w polu Comments
(komentarze) lub uruchomic¢ ponowne przetwarzanie szkietek — zob. 9.3.1 - Ponowne przetwarzanie
szkietek.

9.3.1 Ponowne przetwarzanie szkietek

Jesli szkietko nie spetnia wymagan, moze zostac¢ oznaczone jako wymagajgce ponownego przetworzenia.
Aby ponownie przetworzy¢ szkietko, wykona¢ nastepujacg procedure z poziomu okna dialogowego Slide
properties (whasciwosci szkietek):
1. Klikna¢ opcje Copy slide (kopiuj szkietko).
Okno dialogowe Slide properties (wlasciwosci szkietek) zmieni sie w okno dialogowe Add slide
(dodaj szkietko) z edytowalnymi polami.

2. Wprowadzi¢ zadane zmiany i klikng¢ Add slide (dodaj szkietko).

3. Potwierdzi¢ przypadek, pacjenta i lekarza dla skopiowanego szkietka, aby dodac szkietko do listy na
ekranie Slide setup (konfiguracja szkietek).
Okno dialogowe Add slide (dodaj szkietko) pozostanie otwarte, umozliwiajgc dodanie kolejnych
szkietek.

4. Kliknag¢ Close (zamknij), aby powrdci¢ do ekranu Slide history (historia szkietek).
5. Uruchomi¢ przebieg dla nowo utworzonego szkietka w normalny sposdb.
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9.4 Raport dot. zdarzen podczas przebiegu

Ten raport, generowany z poziomu ekranu Slide history (historia szkietek), zawiera wszystkie zdarzenia
dla wszystkich szkietek znajdujacych sie na tacy, co przetwarzane szkietko. Klikngé Run events (zdarzenia
podczas przebiegu), aby wygenerowac raport.

Raporty dot. zdarzen podczas przebiegu mogg by¢ generowane rowniez podczas przetwarzania szkietek.
Klikng¢ prawym przyciskiem myszy odpowiedni przebieg lub pozycje na liscie na ekranie System status
(stan systemu) lub Protocol status (status protokotu) i wybra¢ z menu opcje Run events (zdarzenia
podczas przebiegu). Zdarzenia, ktdre zainicjowaty powiadomienia dla szkietka, sg 0znaczone pogrubiong
czcionka, aby mozna je bylto tatwo znalez¢.

W prawym gérnym rogu raportu dot. zdarzen podczas przebiegu znajdujg sie nastepujgce informacje:

Pole Opis
PM serial N° (numer Numer seryjny modutu przetwarzania, w ktérym przeprowadzono
seryjny modutu przebieg
przetwarzania)
Modut przetwarzania Nazwa modutu przetwarzania, w ktérym przeprowadzono przebieg
Slide tray (taca na Numer zespotu barwienia szkietek uzytego do przeprowadzenia przebiegu
szkietka)
Dispense volume Dozowana objetos¢ odczynnika (zob. 6.5.8 - Objeto$¢ dozowania
(objetos¢ dozowania) i pozycja tkanek na szkietkach)
Start time (czas Data i godzina rozpoczecia przebiegu
rozpoczecia)

Run progress (postep Wskazuje, czy przebieg jest zakonczony czy nadal przetwarzany
przebiegu)

Staining mode (tryb Uzywany tryb barwienia, na przykfad barwienie pojedyncze
barwienia)

U géry raportu wyswietlane sg obrazy etykiet wszystkich szkietek w danym przebiegu. Tres¢ raportu zawiera
informacje o czasie, numer zdarzenia oraz opis zdarzenia, jakie wystgpito podczas przebiegu. Numer
zdarzenia jest uzywany przez Leica Biosystems do $ledzenia bteddw, jesli zaistnieje taka potrzeba.

Wiecej szczegdtdw na temat okna raportow i opcji drukowania znajduje sie w czesci 3.7 - Raporty.
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9.5

Raport dot. szczegotdw przebiegu

Ten raport, generowany z poziomu ekranu Slide history (historia szkietek), przedstawia szczegoty kazdego
szkietka znajdujacego sie na tej samej tacy, co aktualnie wybrane szkietko. Przetwarzanie musi by¢
zakonczone, a taca — odblokowana. Klikng¢ Run details (szczegbty przebiegu), aby wygenerowac raport.
W prawym gdrnym rogu raportu znajdujg sie nastepujace informacje:

Pole

Opis

PM serial N° (numer
seryjny modutu
przetwarzania)

Numer seryjny modutu przetwarzania, w ktérym przeprowadzono przebieg

PM name (nazwa
modutu przetwarzania)

Nazwa modutu przetwarzania, w ktorym przeprowadzono przebieg

Slide tray (taca na
szkietka)

Numer zespotu barwienia szkietek uzytego do przeprowadzenia przebiegu

Start time (czas
rozpoczecia)

Data i godzina rozpoczecia przebiegu

Run started by
(przebieg uruchomiony
przez)

Nazwa uzytkownika, ktéry uruchomit przebieg

Dla kazdego szkietka w przebiegu raport zawiera obraz etykiety szkietka oraz ponizsze informacje.

Pole

Opis

Slide ID (ID szkietka)

Unikatowy identyfikator przypisany przez system BOND do kazdego
szkietka

Slide created by
(szkietko utworzone
przez)

Nazwa uzytkownika, ktory utworzyt szkietko, lub ,,LIS” (w odpowiednich
przypadkach)

Case NO° (nr przypadku)

Unikalny identyfikator przypadku wygenerowany przez oprogramowanie
BOND

Tissue type (typ tkanki)

Tkanka testowa, dodatnia tkanka kontrolna lub ujemna tkanka kontrolna

Dispense volume
(objetos¢ dozowania)

Dozowana objetos¢ odczynnika (zob. 6.5.8 - Objetos$¢ dozowania i pozycja
tkanek na szkietkach)

Patient name (imie
i nazwisko pacjenta)

Identyfikacja pacjenta

Case ID (ID przypadku)

Identyfikator przypadku wprowadzony podczas konfiguracji szkietka

Staining protocol
(protokdt barwienia)

Zastosowany protokot barwienia

Preparation
(przygotowanie)

Zastosowany protokot przygotowania (jesli dotyczy)

HIER protocol Zastosowany protokot HIER (jesli dotyczy)
(protokdt HIER)
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Pole Opis
Enzyme protocol Zastosowany protokot odstaniania enzymatycznego (jesli dotyczy)
(protokot
enzymatyczny)
Denaturacja Tylko w przypadku ISH, zastosowany protokét denaturacji (jesli dotyczy)
Hybrydyzacja Tylko w przypadku ISH, zastosowany protokdt hybrydyzaci (jesli dotyczy)

LIS reference [2to 7] | Dodatkowe informacje referencyjne LIS dla systemow z zainstalowanym
(odniesienie LIS [2-7]) | LIS-ip (zob. 11.2.6 - Pola danych szkietek LIS)

Stain (barwienie) Uzywany tryb barwienia, na przykfad barwienie pojedyncze

Completion status Wskazuje, czy dane szkietko jest aktualnie przetwarzane, zostato

(status ukoriczenia) ukonczony lub zostato poddane ocenie. Wskazuje tez, czy zaraportowano
jakiekolwiek powiadomienia o zdarzeniu.

Comments Komentarze mozna wprowadzi¢ w oknie wiasciwosci szkietka w dowolnym

(komentarze) momencie

Sign off: Zarezerwowany obszar na wydrukowanym raporcie, gdzie przetozony

(zatwierdzenie:) moze zatwierdzi¢ szkietko

Uzyte odczynniki (lub preferowany zestaw zawierajacy sktadniki do mieszania odczynnikéw)

UPI Unikalny identyfikator opakowania kazdego odczynnika lub preferowanego
zestawu uzytego na danym szkietku

Nazwa Nazwa kazdego odczynnika lub preferowanego zestawu uzytego na danym
szkietku

Public name (nazwa Nazwa publiczna dla systemoéw z zainstalowanym LIS-ip

publiczna)

Lot NO (nr partii) Numer partii kazdego odczynnika lub preferowanego zestawu uzytego na

danym szkietku

Expiration date (termin | Termin waznosci kazdego odczynnika lub preferowanego zestawu uzytego
waznosci) na danym szkietku

Wiecej szczegdtdw na temat okna raportéw i opcji drukowania znajduje sie w czesci 3.7 - Raporty.

9.6 Raport dla przypadku

Ten raport zawiera szczegdty kazdego szkietka nalezgcego do tego samego przypadku, co aktualnie
zaznaczone szkietko. Raport mozna wygenerowac z poziomu ekranu Slide setup (konfiguracja szkietek),
ekranu Slide history (historia szkietek) lub okna dialogowego Slide identification (identyfikacja
szkietek). W prawym gornym rogu raportu dla przypadku znajdujg sie nastepujace informacje:

Pole Opis

Case ID (ID przypadku) | Identyfikator przypadku wprowadzony podczas konfiguracji szkietka

Patient name (nazwa Patient name (imie i nazwisko pacjenta)
pacjenta)
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Pole

Opis

Case comments
(komentarze do
przypadku)

Dodatkowe informacje o przypadku

Doctor (lekarz)

Imie i nazwisko lekarza lub patologa opiekujacego sie pacjentem

Doctor comment
(komentarz dot.
lekarza)

Dodatkowe informacje o lekarzu

Created (utworzono)

Data i godzina utworzenia przypadku

Case NO° (nr przypadku)

Unikalny identyfikator przypadku wygenerowany przez system BOND

Tres¢ raportu zawiera nastepujace informacje o kazdym szkietku przypisanym do przypadku:

Pole

Opis

Slide ID (ID szkietka)

Unikatowy identyfikator przypisany przez system BOND do kazdego
szkietka

Slide created by
(szkietko utworzone
przez)

Nazwa uzytkownika, ktory utworzyt szkietko, lub ,,LIS” (w odpowiednich
przypadkach)

Run (przebieg)

Numer przebiegu, w ktorym szkietko zostato przetworzone

Run started by
(przebieg uruchomiony
przez)

Nazwa uzytkownika, ktéry uruchomit przebieg

Tissue type (typ tkanki)

Tkanka testowa, dodatnia tkanka kontrolna lub ujemna tkanka kontrolna

Dispense volume
(objetos¢ dozowania)

Dozowana objetos¢ odczynnika (zob. 6.5.8 - Objetos$¢ dozowania i pozycja

tkanek na szkietkach)

Staining protocol
(protokoét barwienia)

Zastosowany protokot barwienia

Preparation
(przygotowanie)

Zastosowany protokot przygotowania (jesli dotyczy)

HIER protocol Zastosowany protokot HIER (jesli dotyczy)

(protokot HIER)

Enzyme protocol Zastosowany protokot odstaniania enzymatycznego (jesli dotyczy)
(protokot

enzymatyczny)

Denaturacja Tylko w przypadku ISH, zastosowany protokét denaturacii (jesli dotyczy)
Hybrydyzacja Tylko w przypadku ISH, zastosowany protokdt hybrydyzaci (jesli dotyczy)
LIS reference (2to 7) | Dodatkowe informacje referencyjne LIS dla systemow z zainstalowanym

(odniesienie LIS (2-7))

LIS-ip
(zob. 11.2.6 - Pola danych szkietek LIS)

Stain (barwienie)

Uzywany tryb barwienia, na przykfad barwienie pojedyncze
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Pole

Opis

Completion status
(status ukoriczenia)

Wskazuje, czy dane szkietko jest aktualnie przetwarzane, zostato
ukoriczony lub zostato poddane ocenie. Wskazuje tez, czy zaraportowano
jakiekolwiek powiadomienia o zdarzeniu.

Comments Komentarze mozna wprowadzi¢ w oknie wiasciwosci szkietka w dowolnym
(komentarze) momencie
Sign off: Zarezerwowany obszar na wydrukowanym raporcie, gdzie przetozony

(zatwierdzenie:)

moze zatwierdzi¢ ocene i dodac¢ komentarze

Reagents Used (uzyte odczynniki)

UPI Unikalny identyfikator opakowania kazdego odczynnika uzytego na danym
szkietku
Nazwa Nazwa kazdego odczynnika uzytego na danym szkietku

Public name (nazwa
publiczna)

Nazwa publiczna dla systemoéw z zainstalowanym LIS-ip

Lot N° (nr partii)

Numer partii kazdego odczynnika uzytego na danym szkietku

Expiration date (termin

waznosci)

Termin waznosci kazdego odczynnika uzytego na danym szkietku

Wiecej szczegdtdw na temat okna raportéw i opcji drukowania znajduje sie w czesci 3.7 - Raporty.

9.7

Raport dot. protokotu

Aby wygenerowac raport dot. protokotu zastosowanego do danego szkietka, zaznaczyc szkietko i klikngc

Protocol report (raport dot. protokotu). Wybrac protokdt z listy protokotdw zastosowanych do szkietka,
a nastepnie klikng¢ przycisk Report (raport), aby utworzy¢ raport. Opis raportu znajduje sie w czesci
7.5 - Raporty dot. protokotéw.
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9.8 Podsumowanie szkietek

Ekran podsumowania przetwarzania szkietek wyswietla liczbe szkietek rozpoczetych w okreslonym okresie.
Informacje sg wySwietlane w formacie tabelarycznym i graficznym jako liczba szkietek przetwarzanych na
jednostke czasu w danym okresie.

Aby zaraportowac liczbe przetworzonych szkietek, klikng¢ Slides summary (podsumowanie szkietek) na
ekranie Slide history (historia szkietek). Otwarte zostanie okno dialogowe Slides summary
(podsumowanie szkietek).

Z listy rozwijanej Processing module (modut przetwarzania) wybrac nazwe zgdanego modutu
przetwarzania lub opcje All (wszystkie) (wszystkie moduty przetwarzania lub, w przypadku systemu
BOND-ADVANCE, wszystkie moduty z grupy, do ktdérej aktualnie podtgczony jest klient).

W polu Resolution (rozdzielczos¢) wybrac jednostke czasu, ktdra bedzie uzywana do raportowania liczby
rozpoczetych szkietek, np. ,Day” (dzien) generuje raport pokazujacy liczbe szkietek rozpoczetych w kazdym
dniu w wybranym okresie, natomiast ,Month"” (miesigc) — liczbe szkietek rozpoczetych w kazdym miesigcu.

Ustawic daty To (do) i From (od). Jednostka czasu ustawiona w polu Resolution (rozdzielczosc) jest
stosowana (w petnych jednostkach) od daty okreslonej w polu From (od) do daty okreslonej w polu To
(do), w ktdrej do ukonczenia okresu moze by¢ wymagane zastosowanie potowy jednostki.

Klikng¢ Generate (generuj), aby wyswietli¢c podglad raportu.

Wiecej szczegdtdw na temat okna raportow i opcji drukowania znajduje sie w czesci 3.7 - Raporty.
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9.9

Klikng¢ Export data (eksportuj dane) na ekranie Slide history (historia szkietek), aby utworzy¢ plik

Eksport danych

zawierajacy szczegoty wszystkich szkietek, ktorych przetwarzanie zostato zakonczone w wybranym okresie.

Wyeksportowany plik ma standardowy format ,wartosci rozdzielonych przecinkami” (csv) i moze zostaé
fatwo zaimportowany do arkusza kalkulacyjnego dowolnego producenta, np. arkusza Microsoft Excel. Po

zaimportowaniu do arkusza kalkulacyjnego dane sg prezentowane w formacie umozliwiajgcym (zaleznie od
funkgcji arkusza) sortowanie, wyszukiwanie i tworzenie niestandardowych raportéw i wykreséw.

Wyeksportowany plik zawiera nastepujace informacje dla kazdego szkietka przetworzonego w wybranym

okresie:

Data przetworzenia
Numer seryjny modutu przetwarzania

Slide ID (ID szkietka)

Run started by (przebieg uruchomiony przez)
UPI markera

UPI markera 2

Patient name (imie i nazwisko pacjenta)

Typ tkanki (testowa lub dodatnia badz ujemna
tkanka kontrolna)

Status

Comments (komentarze)

Nazwa protokotu przygotowywania

Nazwa protokotu HIER

Nazwa protokotu enzymatycznego

Nazwa protokotu denaturacji
Nazwa protokotu hybrydyzacji
Nazwa protokotu barwienia

Nazwa protokotu HIER 2

Nazwa modutu przetwarzania
ID przebiegu

Slide created by (szkietko
utworzone przez)

Stain (barwienie)
Nazwa markera

Nazwa markera 2

Case ID (ID przypadku)

Doctor (lekarz)

Dispense volume (objetosc¢
dozowania)

Wersja protokotu
przygotowywania

Wersja protokotu HIER

Wersja protokotu
enzymatycznego

Wersja protokotu denaturacji
Wersja protokotu hybrydyzacji
Wersja protokotu barwienia

Wersja protokotu HIER 2
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« Nazwa protokotu enzymatycznego 2 « Wersja protokotu
enzymatycznego 2

« Nazwa protokotu denaturacji 2 « Wersja protokotu denaturacji 2

« Nazwa protokotu hybrydyzacji 2 « Wersja protokotu hybrydyzacji 2

« Nazwa protokotu barwienia 2 « Wersja protokotu barwienia 2

« Nazwa systemu detekgji « Numer seryjny systemu detekcji

« Nazwa systemu detekgcji 2 « Numer seryjny systemu detekcji 2

6 Kolumny oznaczone cyfrg 2 w tytule odnoszg sie wytacznie do szkietek barwionych metoda sekwencyjnego
barwienia podwojnego i zawierajg informacje zwigzane z drugim barwieniem danego szkietka.

Aby wyeksportowac szczegoty szkietka, wykonac nastepujacg procedure:

Wybra¢ zadany zakres dat (zob. 9.2 - Wybdr szkietek).

Klikng¢ Export data (eksportuj dane).

Na wyswietlonym monicie potwierdzi¢ che¢ zapisu pliku.

Plik zostanie zapisany w folderze ,Downloads” (pobrane) (lub w innym folderze, jesli wybrana
zostanie opcja Save as (zapisz jako)).

PN

Zapisany plik mozna otworzy¢ w standardowym arkuszu kalkulacyjnym, takim jak Microsoft Excel,
i manipulowac nim zaleznie od funkgcji dostepnych w aplikacji. Podczas otwierania pliku moze by¢ konieczne
okreslenie pewnych parametréw. Dla pliku w formacie csv parametry sg nastepujace:

« Typ pliku: Delimited (rozdzielany)
« Delimiter (ogranicznik) lub Separator: Comma (przecinek)
« Format kolumny: General (0gdlny)

6 Uwaga: Czas rozpoczecia przetwarzania w eksportowanych szczegdtach szkietka nie bedzie doktadnie
odpowiadat czasowi rozpoczecia na ekranie historii szkietek. Czas rozpoczecia wyswietlany na ekranie

historii szkietek wskazuje moment naci$niecia przycisku uruchamiania przebiegu B . Jednak czas
wskazany w wyeksportowanych danych to czas rzeczywistego rozpoczecia przetwarzania przebiegu
w module przetwarzania.
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9.10 Krotka historia szkietek

Raport skrdcony historii szkietek zawiera informacje na temat wszystkich szkietek w grupie, ktore zostaty
przetworzone (lub sg nadal przetwarzane) w okresie wybranym na ekranie Slide history (historia szkietek).
Raport zawiera miejsce na zatwierdzanie i moze by¢ wykorzystywany jako rejestr przetworzonych szkietek.

Aby utworzyc skrocony raport historii szkietek, otworzy¢ ekran Slide history (historia szkietek) i ustawic¢
daty i godziny From (od) i To (do). WySwietlone zostang wszystkie przetworzone w tym czasie szkietka
z danej grupy (zob. 9.2 - Wybdr szkietek). Klikng¢ Brief slide history (krétka historia szkietek) aby
wygenerowac raport.

W laboratoriach wykonujacych duzo badan domyslny zakres czasu na ekranie Slide history (historia
szkietek) — tydzien — moze obejmowac tysigce szkietek. Wygenerowanie raportu dla tylu szkietek moze
potrwac pewien czas, dlatego tez nalezy rozwazy¢ okreslenie krotszego okresu niz ustawiony domysinie.

Raport zawiera nastepujgce szczegoty dla kazdego szkietka:

« Case ID (ID przypadku) « Tissue type (typ tkanki)

« Patient name (imie i nazwisko pacjenta) « Dispense volume (objeto$¢ dozowania)
« Slide ID (ID szkietka) «» Status

« Marker « Zatwierdzenie
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Strona celowo pozostawiona pusta.
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10. Klient administracyjny (w
kontrolerze BOND )

Wszystkie ogdlne ustawienia systemu BOND (poza protokotami i odczynnikami) s konfigurowane
w oddzielnej aplikacji zwanej ,klientem administracyjnym”. Tylko uzytkownicy z uprawnieniami
administratora mogg obstugiwac klienta administracyjnego i mie¢ dostep do wszystkich funkcji.

Klient administracyjny ma nastepujgce ekrany, ktore otwierajg sie po kliknieciu ikon na pasku funkcji u géry
ekranu klienta:

« 10.1 - Users (uzytkownicy)

« 10.2-LIS

« 10.3 - Labels (etykiety)

. 10.4-BDD

« 10.5 - Settings (ustawienia)

« 10.6 - Hardware (urzadzenia)
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10.1  Users (uzytkownicy)

Uzytkownikami systemu BOND mozna zarzadzac z poziomu ekranu User management
(zarzadzanie uzytkownikami) klienta administracyjnego. Mozna tworzy¢, edytowac i dezaktywowaé
uzytkownikdéw. Nie mozna usuwac uzytkownikéw — pozostajg oni w systemie na zawsze. Mozna
jednak dezaktywowac uzytkownikéw, uniemozliwiajgc im dostep do klienta.

Aktywowani uzytkownicy majg przypisane role, ktére dajq im rézne uprawnienia w ramach
oprogramowania. Tylko uzytkownicy z uprawnieniami administratora mogg obstugiwa¢ klienta
administracyjnego (i mie¢ dostep do wszystkich funkgcji). Uzytkownicy z uprawnieniami operatora mogg
rejestrowac odczynniki, konfigurowac i przetwarza¢ szkietka oraz generowac raporty, ale nie moga
edytowac szczeg6téw odczynnikéw, paneli odczynnikéw ani protokotéw. Uzytkownicy z uprawnieniami
przetozonego majg wszystkie uprawnienia operatora, ale mogg rowniez edytowac szczegdty odczynnikdéw,
paneli i protokotéw. Uzytkownicy mogq miec przypisang wiecej niz jedna role.
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1 2 3 4
User management
Show users B3 | Adduser
D\sah\erusel 5
6
"% N Supervisor
L =1
10 9 8 7
Nr |Opis Nr |Opis
1 |Lista wszystkich uzytkownikéw BOND 7 |Reset (resetuj)
2 |Filtrowanie w celu wyéwietlania wszystkich Cofnigcie niezapisanych zmian
uzytkownikow lub tylko aktywowanych lub 8 |Save (zapisz)
dezaktywowanych uzytkownikow Zapisywanie zmian dla biezacego
Szczegoty wybranego uzytkownika uzytkownika
4 |Komunikat informujacy o wymaganiach 9 |Aktualnie wybrany uzytkownik —jego
dotyczacych hasta szczegOty sg wyswietlane po prawej
5 |Disable user (dezaktywuj stronie ekranu
uzytkownika) 10 |Add (dodaj)
Dezaktywacja (lub ponowna aktywacja) Klikng¢, aby wyczyscic pola po prawej
aktualnie wybranego uzytkownika stronie ekranu i doda¢ szczegdty nowego
6 |Roles (role) uzytkownika

Wybierz role uzytkownika

Posta¢ 10-1: Ekran User management (zarzadzanie uzytkownikami)
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Kazdy nowy uzytkownik wymaga nazwy uzytkownika i hasta. Obie te informacje sg wymagane do
zalogowania sie do klienta klinicznego i klienta administracyjnego. Po utworzeniu uzytkownika nie mozna
zmieni¢ nazwy uzytkownika, ale hasto moze zosta¢ zmienione. Uzytkownicy mogg zmieni¢ swoje hasta

w dowolnym momencie w oknach dialogowych logowania do BOND. Administratorzy mogg rowniez zmienic¢
hasto z poziomu ekranu User management (zarzgdzanie uzytkownikami). Hasta muszg sktadac sie z 4-14
znakow i zawierac co najmniej jedng cyfre.

W hastach rozrézniane sg wielkie i mate litery; zalecane jest utworzenie hasta sktadajgcego sie z wielkich

i matych liter. Oprogramowanie BOND weryfikuje hasta podczas ich zmiany; nie mozna zapisac hasta, dopoki
nie spetnia minimalnych wymagan. Nie nalezy udostepnia¢ haset innym pracownikom. Nalezy zawsze
wylogowac sie z konta przed oddaleniem sie od urzadzenia.

Inne dane uzytkownika (imiona i nazwiska oraz stanowisko) sg opcjonalne. Pojawiajg sie one w dziennikach
i raportach.
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10.2 LIS

W wiekszosci konfiguracja LIS jest przeprowadzana przez personel serwisowy podczas instalacji
systemu BOND LIS-ip, jednakze niewielka liczba opcji jest rowniez dostepna dla uzytkownikdw na
ekranie LIS configuration (konfiguracja LIS). Na tym ekranie wy$wietlany jest rowniez dziennik

komunikatéw o btedach.
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LIS configuration
‘You require a license for the BOND LIS-ip, activated with a password provided by Leica Biosystems,
1 License: AAAAAAAAA
2 Duplicate case ID: Resurrect existing case -
3 Force LIS printing in BOND:
4 Enable LIS to update LIS slides
5 Enable unprocessed LIS slide lifetime: (hrs): | 1 7
Log messages
[Costedat [iowl Jlogenty JSower | |
6
8
Nr |Nazwa (Postac 10-2) Nr |Nazwa (Postac 10-2)
1 |License (licencja) 5 [Enable unprocessed LIS slide lifetime
Pokazuje hasto licencji LIS-ip. (hrs) (aktywuj okres waznosci
nieprzetworzonych szkielek LIS

2 |Duplicate case ID (zduplikowane ID
przypadku)

Ustawianie dziatania dla przypadkéw o takim
samym ID, co istniejace przypadki.

(godz.))

Usuwanie szkietek otrzymanych z systemu
LIS, ktdre nie sg przetwarzane w ciggu
okreslonej liczby godzin.

3 |Force LIS printing in BOND (wymus
drukowanie LIS w systemie BOND)

Wymuszenie drukowania wszystkich szkietek
LIS przez system BOND. Zob. 11.7 - Etykiety
szkietek.

4 |Enable LIS to update LIS slides (wiacz
opcje aktualizacji szkietek LIS przez
system LIS)

6 |Log Messages (komunikaty dziennika)
Komunikaty sg wy$wietlane w postaci listy
po kliknieciu View log (wyswietl dziennik)
(po prawej stronie).

7 |Edit LIS data fields (edytuj pola
danych LIS)

Konfiguracja wyswietlania danych szkietek

- o w systemie BOND.
Zastgpienie (aktualizacja)
nieprzetworzonych szkietek, jeéli szkietka 8 |View log (wyswietl dziennik)
z tym samym ID kodu kreskowego sg Wyswietlanie listy btedéw wynikajgcych
ponownie przesytane przez LIS. Jedli to z komunikatéw LIS wystanych do BOND, lub
ustawienie jest wytaczone, system BOND odpowiedzi systemu BOND na komunikaty
odrzuci wszelkie préby ponownego LIS. Klikngé ponownie, aby zaktualizowac
wykorzystania tego samego identyfikatora liste o ostatnie btedy.

kodu kreskowego przez system LIS.

Posta¢ 10-2: Ekran LIS configuration (konfiguracja LIS)
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License (licencja)

BOND LIS-ip wymaga licencji aktywowanej hastem dostarczonym przez Leica Biosystems. Zazwyczaj hasto
jest wprowadzane przez personel serwisowy, ktéry konfiguruje potaczenie LIS-ip, ale jesli nie zostato ono
wprowadzone, na ekranie bedzie widoczne tylko pole Licence (licencja). Wprowadzi¢ hasto, aby wigczy¢
funkcje LIS-ip i wysSwietli¢ opcje konfiguracji oraz dziennika pokazane na Posta¢ 10-2.

Duplicate Case ID (zduplikowane ID przypadku)

W ustawieniu Duplicate case ID (zduplikowane ID przypadku) wybierany jest sposéb postepowania

z przypadkami otrzymanymi z systemu LIS z tym samym ID, co wygasty lub usuniety przypadek LIS
znajdujacy sie juz w systemie BOND. (Jesli przypadek LIS ma taki sam identyfikator jak istniejgcy przypadek
BOND, np. utworzony w systemie BOND, jest on automatycznie odrzucany. Dostepne sg dwie opcje:

« Resurrect existing case (przywrdc istniejgcy przypadek): po otrzymaniu nowego przypadku, pod
warunkiem, ze ma on takie samo imie i nazwisko pacjenta jak istniejgcy przypadek, istniejacy
przypadek zostanie przywrdcony (tj. zostanie ponownie uzyty). Jesli nowy przypadek ma to samo ID
przypadku, ale inne imie i nazwisko pacjenta, zostanie odrzucony.

Jesli imie i nazwisko lekarza zmienito sie, zostanie uzyte nowe imie i nazwisko.

. Reject message (odrzu¢ komunikat): nowy przypadek LIS nie jest przenoszony do systemu BOND.
Komunikat jest rejestrowany w dzienniku systemu LIS. Nalezy zmieni¢ ID przypadku w systemie LIS
i ponownie przestac przypadek.

Sposob postepowania ze zduplikowanymi ID przypadkéw poza systemem LIS opisano w rozdziale
6.3.4 - Powielanie, przywracanie i wygaszanie przypadku. Ogdlne informacje na temat przypadkéw LIS
podano w rozdziale 11.2.2 - Przypadki LIS.

Pola danych szkietek LIS

Instalacja BOND LIS-ip moze byc¢ skonfigurowana tak, aby system LIS przesytat do systemu BOND do
siedmiu parametrow dla kazdego szkietka. Stuzg one wytgcznie do celdw pogladowych i sg wySwietlane na
karcie LIS w oknie dialogowym Slide properties (wlasciwosci szkietka). Podstawowa konfiguracja tych
parametrow jest wykonywana przez technika serwisu, ale uzytkownik moze ukrywac¢ dowolne pola
parametréw i ustawiac ich nazwy.

Zaznaczy¢ pola, ktore majg by¢ wyswietlane i wprowadzi¢ nazwy pol.
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10.3 Labels (etykiety)

Przejs¢ do ekranu Label templates (szablony etykiet), aby utworzy¢ i edytowac szablony etykiet [BEERES

szkietek oraz wybrac szablony do uzycia. &’3%

Dostepnych jest osiem typdw szablonéw, ktére mozna uzy¢ z oSmioma typami szkietek w systemie
BOND:

« BOND single stain (barwienie pojedyncze BOND)

« BOND Oracle

. BOND sequential double stain (sekwencyjne barwienie podwdjne BOND)
« BOND parallel double stain (réwnoczesne barwienie podwdjne BOND)

« LIS single stain (barwienie pojedyncze LIS)

« LIS Oracle

« LIS sequential double stain (sekwencyjne barwienie podwdjne LIS)

« LIS parallel double stain (rbwnoczesne barwienie podwdjne LIS)

Szablony ,,BOND" sg przeznaczone dla szkietek utworzonych w systemie BOND, a szablony ,,LIS” —dla
szkietek utworzonych w systemie LIS, ale wydrukowanych przez system BOND.

Dostepne sa trzy wstepnie zdefiniowane szablony (kod kreskowy 2D, kod kreskowy 1D i OCR) dla kazdego
typu szkietka. Nie mozna ich edytowac ani usuwac. W ustawieniu BOND label ID (ID etykiety BOND)
przedstawionym w czesci 10.5.2 - Ustawienia przypadkow i szkietek okreslany jest domysiny szablon: OCR
lub kod kreskowy 2D.

Podczas aktualizacji z BOND 5.1 do wersji BOND 6.0 lub nowszej istniejgce szablony domysine sa
zachowywane, a szablony kodéw kreskowych 2D sg réwniez dostepne do uzycia.

Jesli system BOND zostat zaktualizowany z poprzedniej wersji, mozna nadal korzystac z istniejgcego skanera
koddw kreskowych. Poprzedni model nie obstuguje jednak koddw kreskowych 2D.

Aby uzy¢ innego szablonu dla danego typu szkietka, nalezy skopiowa¢ domysiny szablon i edytowac
otrzymany ,,szablon uzytkownika”. Nastepnie nalezy go ,,aktywowac”, aby system BOND uzywat go dla
szkietek tego typu. Mozna utworzy¢ dowolng liczbe szablondw dla kazdego typu szkietka, ale jednoczesnie
mozna aktywowac tylko jeden.

pewnosc, ze w przypadku niepowodzenia automatycznej identyfikacji etykiety
moga zostac zidentyfikowane recznie. Leica Biosystems zaleca, aby dla wszystkich
szkietek dostepne byly nastepujace informacje:

2 Nalezy zawsze umieszczac odpowiednie informacje na etykietach, aby mie¢

« ID przypadku lub imie i nazwisko pacjenta

« ID szkietka, jesli uzywane sg kody kreskowe

« Typ tkanki —w celu identyfikacji tkanek kontrolnych; oraz

« Marker — przeciwciato pierwszorzedowe lub sonda, ktore majg byc
zastosowane.
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]
Label templates
Slide type: BOND single stain - Slide label designer
2 [, BOND single stain 20 7
3 :::m Millmeters -
: I 12345678 |
' 12/12/2016 |
. *mARK(1) :
Mr. J. Citizen :
#IHC A +):
Dr. Jones ;
5
= L4
=n
4 6
Nr |Opis Nr |Opis
1 |Slide type (typ szkietka) 5 |Okienko edycji z uktadem wybranego szablonu
Wybra¢ typ szkietka — wszystkie szablony dla po lewej stronie
danego typu sg wyswietlane w okienku ponizej ¢ |polecenia dotyczace edytowania szablonu —
2 |Aktywny szablon (z niebieskim symbolem zob. Postac 10-5 - Polecenia dotyczace
zaznaczenia) edytowania szablonu etykiet
7 |Template properties (wtasciwosci

3 |Wybrany szablon, wyswietlany w okienku
edycji po prawej stronie

4 |Polecenia dotyczace zarzadzania szablonem —
zob. Postac 10-4 - Polecenia dotyczace
zarzadzania szablonem etykiet

szablonu)

Ogdlne wtasciwosci aktualnie wybranego
uktadu szablonu (tylko do odczytu do momentu
klikniecia przycisku Edit (edytuj) w okienku po
lewej stronie)

Posta¢ 10-3: Ekran Label templates (szablony etykiet)
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1 2 3 4

3 3 3 3

Nr |[Opis Nr |Opis

1 |Ustawianie aktualnie wybranego szablonu 3 |Edytowanie aktualnie wybranego szablonu za
jako szablonu, ktory ma by¢ uzywany dla pomocg okienka edycji i polecen z prawej
wszystkich etykiet szkietek dla aktualnie strony ekranu. Nie mozna edytowaé
wybranego typu szkietka. domysinych szablondw.

2 |Kopiowanie aktualnie wybranego szablonu 4 |Usuwanie aktualnie wybranego szablonu. Nie
w celu utworzenia nowego szablonu mozna usuwac domyslnych szablondw.
Luzytkownika”.

Posta¢ 10-4: Polecenia dotyczace zarzadzania szablonem etykiet
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Label templates
Slide type: n Slide label designer
e |1
e , Suw outlines: N ‘ 2
: I 12345678 .
[ | Field name Staining protocol
’ : 12/12/2016 } e o= 3
' :
] - ]
[ 1 Font: -
: *mARK(1) o = = .
]
Mr J C]tlzen 1 Weight: Extra Light -
8 H + g Agnment Left -
:
]
_____________________ ]
) v
=n
7 6 5

Nr Opis Nr Opis

1 | Template properties (wlasciwosci 5 | Choose fields (wybierz pola)
szablonu) Otwieranie okna dialogowego, w celu
Wprowadzanie nazwy i rozmiaru szablonu dodania lub usuniecia pdl z uktadu

2 | Show outlines (pokaz kontury) 6 | Print (drukuj)

Wyswietlanie konturéw pol w okienku Drukowanie biezgcego ukfadu na wybranej
edycji drukarce

3 | Field selection (wybér pola) 7 | Suwak do powiekszania i pomniejszania
Wybieranie typu pola, ktére zostanie widoku etykiety demonstracyjnej
podswietlone w okienku edycji. 8 | Aktualnie wybrane pole — mozna je
Wprowadzanie tekstu demonstracyjnego skonfigurowa¢ w okienku Text properties
dla tego pola. (whadciwoéci tekstu) po prawej stronie.

4 | Text properties (wlasciwosci tekstu) PrzeciagnaC kwadraciki na brzegach pola,
Konfiguracja wiaéciwosci tekstu dia aby zmienic szerokos¢ lub potozenie catego
wybranego pola pola.

9 | Pole z ID etykiety lub kodem kreskowym —

nie mozna zmienia¢ rozmiaru tego pola

Postac 10-5: Polecenia dotyczace edytowania szablonu etykiet

Zob. rowniez:

« 10.3.1 - Tworzenie, edycja i aktywacja szablondw etykiet

« 10.3.2 - Typy informadji
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10.3.1  Tworzenie, edycja i aktywacja szablonow etykiet

Nowe szablony mozna utworzy¢ poprzez skopiowanie i edycje istniejgcych szablondéw. Mozna réwniez
edytowac istniejgce szablony uzytkownika (ale nie szablony domysine). Aktywacja szablonu oznacza, ze
dany szablon bedzie uzywany do etykiet wydrukowanych w systemie BOND systemu.

10.3.1.1 - Tworzenie nowego szablonu

10.3.1.2 - Edycja szablonu

10.3.1.3 - Aktywacja szablonu

10.3.1.1 Tworzenie nhowego szablonu

1.

Wybrac typ szkietka, dla ktdrego tworzony jest nowy szablon.
Wyswietlone zostang wszystkie istniejgce szablony dla danego typu szkietka.

Wybrac szablon do skopiowania (wybrac szablon najbardziej podobny do tego, ktéry ma by¢
utworzony).
Klikng¢ Copy (kopiuj).

Skopiowanie szablonu z kodem kreskowym 1D spowoduje utworzenie nowego ,,szablonu
uzytkownika” z kodem kreskowym 1D.

Skopiowanie szablonu z kodem kreskowym 2D spowoduje utworzenie howego ,,szablonu
uzytkownika” z kodem kreskowym 2D.

Skopiowanie szablonu z OCR spowoduje utworzenie nowego ,szablonu uzytkownika” z OCR.

10.3.1.2 Edycja szablonu

1.

Wybrac¢ szablon w okienku po lewej stronie i klikng¢ Edit (edytuj).

Okienko edycji, przyciski i listy wtasciwosci po prawej stronie ekranu umozliwiajg edycje uktadu
szablonu.

Opcjonalnie mozna wybrac opcje Show outlines (pokaz kontury) (w czesci Template properties
(wiasciwosci szablonu) w prawym gornym rogu), aby wyswietli¢ granice pola w okienku edycji.
Wprowadzi¢ nazwe szablonu w polu Template properties (wtasciwosci szablonu).

Nazwa szablonu etykiety moze sktadac sie maksymalnie z 64 znakdw, a wszystkie nazwy uzywane
w tej samej kategorii typu szkietka muszg byc¢ unikatowe.

Edycja uktadu:
i. Dodawanie lub usuwanie pol — klikng¢ Choose fields (wybierz pola) i wybra¢ wiasciwosci
szkietka, ktére majg by¢ wyswietlane (lista wszystkich dostepnych wiasciwosci znajduje sie
w czesci 10.3.2 - Typy informacji).

Nalezy pamietac, ze nie mozna usung¢ pola Label ID (ID etykiety), ktore jest uzywane do
automatycznej identyfikacji.

ii. Pozycjonowanie pdl —wybrac i przeciggnac pola w okienku edyciji.

iii. Zmiana szerokosci pola — przeciggna¢ okienka na obu koncach pola. (Wysokos¢ pola jest
ustawiana na podstawie rozmiaru czcionki tekstu).
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Jesli ustawiona szerokosc¢ pola nie jest wystarczajgca dla danej etykiety w przypadku
korzystania z szablonu, tekst jest przyciety i dodawany jest wielokropek w celu zaznaczenia, ze
nastgpito przyciecie.

6 Nie wolno zmienia¢ rozmiaru pola Label ID (ID etykiety) — nalezy pozostawic ustawienie
domysine, aby mozna byto odczyta¢ identyfikator za pomoca czytnika modutu przetwarzania.

iv. Ustawianie wiasciwosci tekstu — wybrac pole i ustawi¢ rodzaj oraz rozmiar czcionki, styl i wage
w polu Text properties (wtasciwosci tekstu). Ustawic rowniez wyrownanie tekstu w polu.

6 Nie mozna zmienia¢ parametréw czcionki w polu Label ID (ID etykiety) — nalezy pozostawic¢
ustawienie domysine, aby mozna byto odczytac identyfikator za pomoca czytnika modutu
przetwarzania.

5. Klikng¢ Save (zapisz).

6 Upewnic sie, ze wokét pola Label ID (ID etykiety) znajduje sie wolne miejsce. Jesli tekst z innych pdl
zachodzi na ten obszar, moze to zaktdci¢ automatyczng identyfikacje.

10.3.1.3  Aktywacja szablonu

1. Wybrac szablon w okienku po lewej stronie i klikng¢ Activate (aktywuj).

Szablon oznaczany jest niebieskim symbolem zaznaczenia, ktéry wskazuje, ze szablon jest teraz
aktywny.
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10.3.2

Typy informacji

Szablony etykiet mozna skonfigurowac tak, aby wyswietlaty wybrane informacje o szkietkach podane
w oknie dialogowym Choose fields (wybierz pola) na ekranie Labels (etykiety).

Pole Label ID (ID etykiety) uzywane do automatycznej identyfikacji nie moze zosta¢ usuniete z zadnego

szablonu.
Pole jest wyswietlane w postaci kodu kreskowego lub znakéw alfanumerycznych, w zaleznosci od ustawien
systemu.
Pole Opis
Case ID (ID przypadku) ID przypadku dla szkietka (uwaga: to nie jest numer przypadku — zob.

6.3.2 - Identyfikator przypadku).

Slide created by (szkietko
utworzone przez)

Nazwa uzytkownika, ktory utworzyt szkietko lub ,LIS”, w odpowiednich
przypadkach

Denaturation protocol
(protokét denaturacji)

Skrécona nazwa protokotu denaturaciji.

Denaturation protocol 2
(protokot denaturaciji 2)

Skrocona nazwa drugiego protokotu denaturacji (moze by¢ wymagana
dla protokotéw barwienia podwojnego).

Dispense volume
(objetos¢ dozowania)

Objetos¢ dozowania 100 pl lub 150 pl.

Doctor comment
(komentarz lekarza)

Komentarz zapisany w systemie BOND dla lekarza kierujgcego (zob.
6.4 - Zarzadzanie lekarzami).

Doctor (lekarz)

Imie i nazwisko lekarza kierujgcego.

EIER protocol (protokot
EIER)

Skrécona nazwa protokotu enzymu.

EIER protocol 2 (protokot
EIER 2)

Skrocona nazwa drugiego protokotu enzymu (moze by¢é wymagana dla
protokotow barwienia podwdjnego).

Facility (placéwka)

Nazwa placdéwki wprowadzona w polu Facility (placowka) na ekranie
Laboratory settings (ustawienia laboratorium) klienta
administracyjnego — zob. 10.5.1 - Ustawienia laboratorium.

HIER protocol (protokét
HIER)

Skrécona nazwa protokotu HIER.

HIER protocol 2 (protokot
HIER 2)

Skrocona nazwa drugiego protokotu HIER (moze by¢ wymagana dla
protokotow barwienia podwdjnego).

Hybridization protocol
(protokot hybrydyzacii)

Skrocona nazwa protokotu hybrydyzacji ISH.

Hybridization protocol 2
(protokét hybrydyzaciji 2)

Skrécona nazwa drugiego protokotu hybrydyzacji ISH (moze by¢
wymagana dla protokotéw barwienia podwdjnego).

LIS doctor comment W przypadku systemow LIS-ip: komentarz dla lekarza w systemie LIS.
(komentarz lekarza LIS)

LIS doctor (lekarz LIS) W przypadku systemdw LIS-ip: imie i nazwisko lekarza.
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Pole

Opis

LIS reference [2-8]
(odniesienie LIS [2-8])

Wiasciwosci szkietek LIS zaimportowane do systemu BOND.
Zob. 11.2.6 - Pola danych szkietek LIS.

Marker

Skrdcona nazwa pierwszorzedowego przeciwciata lub sondy dla
pojedynczego barwienia, rownoczesnego barwienia podwojnego lub
pierwszego barwienia w przypadku sekwencyjnego barwienia
podwdjnego.

Marker 2 Skrécona nazwa pierwszorzedowego przeciwciata lub sondy dla
drugiego barwienia w przypadku barwienia podwdjnego.
Patient comment Komentarz dot. przypadku (zob. 6.3.3 - Dodawanie przypadku).

(komentarz dot. pacjenta)

Patient (pacjent)

Imie i nazwisko pacjenta.

Preparation protocol
(protokot
przygotowywania)

Skrécona nazwa protokotu przygotowywania.

Pulic name (nazwa
publiczna)

W przypadku systemow LIS-ip nazwa publiczna przeciwciata
pierwszorzedowego lub sondy (zob. 11.2.4 - Nazwy publiczne
markerow), dla pojedynczego barwienia lub pierwszego barwienia
w przypadku barwienia podwojnego.

Public name 2 (nazwa
publiczna 2)

W przypadku systemdw LIS-ip nazwa publiczna przeciwciata
pierwszorzedowego lub sondy (zob. 11.2.4 - Nazwy publiczne
markerow), dla drugiego barwienia w przypadku barwienia
podwojnego.

Slide comment
(komentarz dot. szkietka)

Komentarz dotyczacy szkietka (zob. 6.5.2 - Tworzenie szkietek).

Slide date (data szkietka)

Data wydrukowania etykiety (krotki format okreslony w opcjach
regionalnych i jezykowych systemu Windows (panel sterowania)).

Slide ID (OCR mode) (ID

Identyfikator szkietka ztozony z 4 znakdw alfanumerycznych, unikalny

szkietka (tryb OCR)) dla szkietka w systemie BOND. Jest to pierwsza czes$¢ ID etykiety.

Slide ID (barcode mode) | Identyfikator szkietka ztozony z 8 cyfr, unikalny dla szkietka w systemie
(ID szkietka (tryb kodu BOND.

kreskowego))

Slide priority (priorytet
szkietka)

W przypadku systemdw LIS-ip: priorytet dla szkietka.

Staining mode (tryb
barwienia)

Barwienie pojedyncze, barwienie podwdjne, badanie diagnostyczne lub
teranostyczne.

Staining protocol
(protokoét barwienia)

Skrdcona nazwa protokotu barwienia w przypadku barwienia
pojedynczego lub pierwszego barwienia w przypadku barwienia
podwojnego.

Staining protocol 2
(protokot barwienia 2)

Skrécona nazwa protokotu barwienia dla drugiego barwienia
w przypadku barwienia podwdjnego.
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Pole Opis

Tissue type (typ tkanki) Tkanka testowa lub dodatnia lub ujemna tkanka kontrolna. BOND
drukuje ,,(-)" w przypadku ujemnej prébki kontrolnej, ,,(+)”

w przypadku dodatniej prébki kontrolnej lub nic w przypadku tkanki
testowej.
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10.4 BDD

Przejs¢ do ekranu BDD update (aktualizacja BDD), aby zaktualizowac definicje danych BOND
i wygenerowac pliki dziennika audytu.

BDD update

Leica Biosystems periodically distributes BDD (BOND Dala Definitions) updates on the web site, e.g. to add newly released reagents.

2 File selected:

Import status: Successful

Browse

Update log
]
23-Aug-13 11:3052AM  Information  Test management Finished

23-Aug-13 11:30:52AM  Information  Instrument management  Started

23-Aug-131131.49AM  Information  Instrument management  Finished

23-Aug-13 11:3149AM  Information  Case management Started
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Case management Finished
23-Aug13 11:31:49AM  Information  Rules management Started
23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Rules management Finished
23-Aug-13 1131:49AM  Information  Import SQL scripts Started
23-Aug-13 1:31:50AM  Information  Import SQL seripts Finished
23-Aug-13 11:31:50AM  Information  Label management Started
23-Aug-131131:51AM  Information  Label management Finished
23-Aug13 11:31:54AM  Information  BDD update Finished

Export audt trail 6

Nr |Opis

Dziennik aktualizacji BDD
Wybrany plik aktualizacji BDD
Pasek postepu i status aktualizacji BDD

H W N -

Browse (przegladaj) — lokalizacja pliku aktualizacji BDD

i otwieranie pliku w polu po lewej stronie

5 [Load (wczytaj)

Klikng¢, aby zainstalowac plik aktualizacji BDD w polu po
lewej stronie

6 |Export audit trail (eksportuj dziennik audytu)
Klikng¢, aby wygenerowac pliki dziennika audytu —
10.4.2 - Dziennik audytu

Posta¢ 10-6: Ekran BDD update (aktualizacja BDD)
Zob.

« 10.4.1 - Aktualizacje BDD
e 10.4.2 - Dziennik audytu
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10.4.1  Aktualizacje BDD

Leica Biosystems okresowo publikuje aktualizacje BDD (definicji danych BOND) na stronie internetowej, np.
w celu dodania nowo wprowadzonych odczynnikdw. Pliki aktualizacji BDD dla BOND 6.0 majg rozszerzenie
»~F.bdd”. Aktualizacje nalezy zainstalowac z poziomu ekranu BDD update (aktualizacja BDD).

odzwierciedlajgce rozne przepisy obowigzujgce w tych regionach. Nalezy pamietaé,

2 Dostepne sg rézne pliki aktualizacji BDD dla réznych regionéw $wiata,

aby zainstalowac odpowiedni plik aktualizacji dla swojego regionu (informacje

o regionie wysSwietlajg sie w oknie dialogowym About BOND (o systemie BOND),
zob. 3.9 - O systemie BOND (o systemie BOND)). W przypadku watpliwosci
dotyczacych uzycia whasciwego pliku, nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi
klienta.

Aktualizacje BDD mozna zainstalowac¢ w dowolnym momencie.

1.

Pobrac plik aktualizacji i zapisa¢ w kontrolerze BOND (lub w dowolnym terminalu BOND w systemach
BOND-ADVANCE).

Przejs¢ do ekranu BDD update (aktualizacja BDD) w kliencie administracyjnym.

Klikng¢ Browse (przegladaj) i zlokalizowac plik aktualizacji w oknie dialogowym Open (otwdrz)
systemu Windows.

Klikng¢ Open (otwdrz), aby wyswietli¢ plik BDD w polu w poblizu lewego gérnego rogu ekranu.
Klikng¢ Load (wczytaj), aby zaktualizowac definicje i zapisa¢ nowe dane.

Wiadomosci sg zapisywane w oknie Update Log (dziennik aktualizacji) w miare postepu aktualizacji.
W ostatnim wierszu wyswietlany jest komunikat ,BDD update: (aktualizacja BDD:) Finished
(zakoriczono)” po zakonczeniu aktualizacji, a ponizej paska postepu w gornym okienku pojawi sie
status ,,Successful” (zakonczono pomysinie).

6 Jedynym sposobem sprawdzenia, czy aktualizacja BDD zostata pomysinie zakonczona, jest sprawdzenie
informacji na ekranie BDD update (aktualizacja BDD). Jedynym sposobem sprawdzenia, czy aktualizacja
BDD zostata pomysInie zakonczona, jest sprawdzenie informacji na ekranie BDD update (aktualizacja
BDD). Proces trwa tylko kilka minut, dlatego zalecamy, aby zaczekac na zakonczenie aktualizacji przed
przejsciem do innego ekranu.

6 Jesli aktualizacja nie powiedzie sie, definicje danych powrdcg do stanu sprzed aktualizacji, a w oknie Update
Log (dziennik aktualizacji) pojawi sie odpowiedni komunikat. Jesli aktualizacja nie powiedzie sie, nalezy
skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.
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10.4.2  Dziennik audytu

Mozna wygenerowac dziennik audytu zawierajgcy wszystkie zmiany w systemie, w tym informacje

0 osobach wprowadzajgcych zmiany i daty zmian. Dziennik audytu jest zapisywany w kilku plikach CSV,
z ktérych kazdy zawiera inne kategorie informacji. Pliki s zapisywane w folderze: BOND Drop-
box\Audit\RRRRMMDD-GGmmss w kontrolerze.

Aby utworzy¢ pliki dziennika audytu:
1. Przej$¢ do ekranu BDD update (aktualizacja BDD) i klikng¢ Export audit trail (eksportuj dziennik
audytu).
2. Wybrac All data (wszystkie dane), aby zaraportowac wszystkie zmiany w catym okresie eksploatacji
systemu lub Custom date range (niestandardowy zakres dat), aby wybrac okreslony okres,
a nastepnie zdefiniowac daty i godziny w polach From (od) oraz To (do).

3. Klikng¢ Export (eksportuj).
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10.5

Ekran Settings (ustawienia) zawiera ogdlne ustawienia dotyczace laboratorium dla systemu BOND
(Laboratory settings (ustawienia laboratorium)) oraz domysine ustawienia przypadkéw

Settings (ustawienia)

Saltings

3

i szkietek, a takze opcje przebiegu pracy (Case and slide settings (ustawienia przypadkdéw
i szkietek)).

« 10.5.1 - Ustawienia laboratorium

« 10.5.2 - Ustawienia przypadkow i szkietek

« 10.5.3 - Kopie zapasowe bazy danych

10.5.1  Ustawienia laboratorium
W okienku Laboratory settings (ustawienia laboratorium) mozna ustawi¢ ogélne opcje laboratorium:
Settings
Laboratory settings
Facility Tissue Test Labs 1
Play welcome | 2
Always dip test
Ready-to-use reagents
Reagent systems 3
Open containers
Database Backup
24-hr scheduled backup at (hrs) - 1:00 AM B 4
5
Last backup failed I 6
Nr Opis Nr Opis
1 | Facility (placéwka) 4 | 24-hr scheduled backup at (hrs)

Wopisa¢ nazwe laboratorium, ktdéra bedzie
pojawiata sie w raportach

Play welcome (odtwoérz powitanie)

Odtwarzanie wiadomosci powitalnej przy
uruchamianiu oprogramowania BOND

Always dip test (zawsze wykonuj test
zanurzeniowy)

Zaznaczyc te opcje, aby przed kazdym
przebiegiem wykonywac test zanurzeniowy
okreslonych typdw pojemnikéw na
odczynniki — zob. 8.3.1 - Okreslanie
objetosci odczynnika

(zaplanowana kopia zapasowa
wykonywana co 24 godziny o (godz.))
Ustawi¢ godzine wykonywania codziennych
kopii zapasowych bazy danych (format 24-
godzinny) —zob. 10.5.3 - Kopie zapasowe

bazy danych.

5 | Back up now (wykonaj kopie
zapasowgq teraz)
Natychmiastowe wykonywanie kopii
zapasowej bazy danych —10.5.3 - Kopie
zapasowe bazy danych.

6 | Informacje o ostatniej kopii zapasowej lub

pasek postepu w trakcie tworzenia kopii
zZapasowej

Posta¢ 10-7: Ekran Settings (ustawienia), okienko Laboratory settings (ustawienia laboratorium)
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10.5.2  Ustawienia przypadkdw i szkiete

Ustawienia przypadkdw i szkietek umozliwiajg ustawienie:

k

« domyslnych wartosci w konfigurowalnych polach dotyczacych tworzenia przypadkdw i szkietek
« 0pcji przebiegu pracy podczas tworzenia przypadkow i szkietek.

Zob. opcje dotyczace przypadkow i szkietek na Postac 10-8

oraz Postac 10-9.

Case settings

1 | Default preparation: *Dewax n
2 | Defautt dispense volume: 150 L [~ |
3 Create impromptu cases or slides: Cases and slides n
4 | Processed case lifetime: 30| (days)
5 l Create daily case
Nr Opis Nr Opis
1 Default preparation (domysine 4 Processed case lifetime (czas

przygotowanie)

DomyslIny protokdt przygotowania dla nowych
przypadkdw.

2 Default dispense volume (domysina
objetos¢ dozowania)
DomyslIna objetos$¢ dozowania dla nowych
przypadkéw.

3 Create impromptu cases/slides (utwodrz
przypadki/szkietka recznie)

Ustawienie opcji tworzenia przypadkow i/lub
szkietek po zatadowaniu szkietek — zob.
6.8.2 - Opcje identyfikacji szkietek

W urzgdzeniu

Postac 10-8: Ustawienia przypadkow w okienku Case

wyswietlania przetworzonego
przypadku)

Liczba dni, w ktorych przypadek pozostaje na
ekranie konfiguracji szkietek po przetworzeniu
ostatniego szkietka w danym przypadku — zob.
6.3.4.2 - Czas wyswietlania przetworzonego

przypadku.

Create daily case (utworz przypadek
dzienny)

Automatycznie utwdrz jeden przypadek
kazdego dnia dla wszystkich szkietek
przetwarzanych w danym dniu — zob.
6.3.7 - Opcja przypadku dziennego

and slide settings (ustawienia przypadkow

i szkietek)
Slide settings
3| Staining mode Single n
Force printing in BOND v 3
2 BOND Iabel ID OCR
+  Barcode
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Nr Opis Nr Opis
1 Staining mode (tryb barwienia) 3 Force printing in BOND (wymus$
DomyéIne ustawienie dla nowych szkietek — drukowanie w systemie BOND)
zob. 6.5.2 - Tworzenie szkietek. Zezwolenie na przetwarzanie wytacznie

szkietek z etykietami wydrukowanymi
w systemie BOND - zob. 6.8.2 - Opcje
identyfikacji szkietek w urzgdzeniu

2 BOND label ID (ID etykiety BOND)
Ustawienie identyfikatoréw gtéwnych etykiet
dla szkietek utworzonych w systemie BOND
w postaci kodéw kreskowych 1D lub 2D, lub
tekstu alfanumerycznego (OCR).

Posta¢ 10-9: Ustawienia szkietek w okienku Case and slide settings (ustawienia przypadkdw i szkietek)

10.5.3  Kopie zapasowe bazy danych

W bazie danych przechowywane sg kluczowe informacje o pacjencie. Jest ona niezbedna do prawidtowego
dziatania systemu BOND, dlatego aby mie¢ pewnos¢, ze w przypadku uszkodzenia bazy danych mozliwe
bedzie jej odzyskanie, system BOND posiada opcje automatycznego i recznego wykonywania kopii
zapasowych:

« Automatyczne codzienne kopie zapasowe

» ,Reczne” wykonywanie kopii zapasowych na zadanie

Wszystkie pliki kopii zapasowej sg zapisywane w kontrolerze BOND w podfolderach folderu:
B:\BOND Drop-box\Backups

Dla kazdego typu kopii zapasowej tworzone sg dwa pliki, zawsze o nazwie w tym samym formacie:
[Nazwa placowki]_BOND_RRRR-MM-DD-GG-mm-ss

gdzie nazwa placéwki odpowiada nazwie wprowadzonej na ekranie Settings (ustawienia) klienta
administracyjnego (zob. 10.5.1 - Ustawienia laboratorium) (lub domysInie jako ,,Facility”, jesli nie
wprowadzono nazwy placéwki). Nazwa zawiera date i godzine wykonania kopii zapasowej. Gtéwny plik kopii
zapasowej posiada rozszerzenie ,,.dump”. Tworzony jest réwniez plik dziennika z rozszerzeniem ,,..log".

Automatyczne codzienne tworzenie kopii zapasowych odbywa sie w czasie ustawionym na ekranie Settings
(ustawienia) klienta administracyjnego (10.5.1 - Ustawienia laboratorium). Najnowsza kopia zapasowa
znajduje sie w folderze ,,Scheduled_Latest” (zaplanowane_najnowsze). Zostanie ona przeniesiona do
folderu ,Scheduled_1_Days_OIld"” (zaplanowane_1_dzien_temu), podczas wykonywania kopii zapasowej
nastepnego dnia i tak dalej przez kolejne sze$¢ dni (do folderu ,,Scheduled_7_Days_0Old” (zaplanowane_7_
dni_temu).

Jesli kontroler BOND jest wytgczony w zaplanowanym czasie tworzenia kopii zapasowej, kopia zapasowa nie
jest wykonywana. Nalezy upewnic sie, ze w ustawionym czasie kontroler bedzie wigczony
i najprawdopodobniej zaden przebieg nie bedzie uruchomiony.

Kopie zapasowg mozna wykonac recznie w dowolnym momencie (z wyjatkiem sytuacji, gdy w danej chwili
wykonywana jest automatyczna kopia zapasowa), z poziomu ekranu Settings (ustawienia) klienta
administracyjnego. Klikng¢ Back up now (wykonaj kopie zapasowg teraz) w czesci Database backup
(kopia zapasowa bazy danych) (zob. 10.5.1 - Ustawienia laboratorium).
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Okno dialogowe informuje o zakonczeniu tworzenia kopii zapasowej. Pliki kopii zapasowej i dziennika sg
zapisywane w folderze ,Manual” (reczna). Przy kolejnej recznej kopii zapasowej pliki sg przenoszone do
folderu ,Manual_Previous” (reczna_poprzednia). Pliki sg usuwane po wykonaniu trzeciej recznej kopii
zapasowej — tj. zapisywane sg tylko dwie ostatnie reczne kopie zapasowe.

Jesli wykonywanie jakiegokolwiek typu kopii zapasowej nie zakoriczy sie pomysinie, po prawej
stronie paska funkcji w kliencie administracyjnym i klinicznym pojawi sie ikona (pokazana po CE"
prawej). Ikona jest wyswietlana do czasu pomysinego wykonania kopii zapasowej. %
W przypadku pojawienia sie tej ikony, nalezy jak najszybciej wykonac reczng kopie zapasowa.
Jesli wykonanie tej kopii rowniez nie powiedzie sie, nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi
klienta.

b—

Szczegolnie w przypadku starszych systemdw BOND, w ktorych zgromadzono wiecej danych, nalezy od
czasu do czasu sprawdzac, czy dostepna jest wystarczajgca iloS¢ miejsca na pliki kopii zapasowych.
Zazwyczaj jeden plik kopii zapasowej jest usuwany przy zapisywaniu nowego, wiec uzycie dysku wzrasta
tylko w stosunkowo matym stopniu. Jednak w niektérych przypadkach moze zaistnie¢ potrzeba zapewnienia
dodatkowego miejsca na dysku —w takim przypadku nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.

Aby zapewnic dodatkowe bezpieczenstwo, pliki kopii zapasowych nalezy regularnie kopiowac do innego
miejsca (poza kontrolerem BOND). Jesli to mozliwe, nalezy zorganizowaé automatyczne kopie zapasowe we
wspOtpracy z dziatem informatycznym. Jesli nie jest to mozliwe, nalezy kopiowac pliki recznie raz w tygodniu
(lub czesciej w przypadku laboratoriéw o duzym obrocie). Kontroler BOND uruchamia bezpieczny serwer
FTP. Pracownicy dziatu informatycznego mogg zalogowac sie i pobrac pliki kopii zapasowej z folderu BOND
Drop-box poprzez bezpieczne potgczenie FTP.

W przypadku koniecznosci przywrécenia bazy danych nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.
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10.6 Hardware (urzadzenia)

Przejs$¢ do ekranu Hardware configuration (konfiguracja urzadzenia), aby skonfigurowac Hardwara
moduty przetwarzania, grupy (grupy modutow przetwarzania sterowanych przez jednego klienta) @
i drukarki etykiet do szkietek.

Konfiguracja urzadzenia jest przeprowadzana na trzech kartach:

« 10.6.1 - Processing Modules (moduty przetwarzania)
« 10.6.2 - Pods (grupy)
« 10.6.3 - Slide Labelers (drukarki etykiet do szkietek)

10.6.1  Processing Modules (moduty przetwarzania)

Wyswietlanie modutéw przetwarzania w systemie BOND i konfiguracja zbiorczych pojemnikéw na odczynniki
w karcie Processing modules (moduty przetwarzania).

Gdy modut przetwarzania jest fizycznie podtgczony do kontrolera BOND za pomoca kabla sieciowego,
automatycznie pojawia sie w okienku po lewej stronie na karcie Processing modules (moduty
przetwarzania).

Kontroler BOND umozliwia podigczenie tylko zgodnych modutdw przetwarzania. W przypadku podtaczenia
niezgodnego modutu przetwarzania wyswietli sie ikona i komunikat btedu (zob. tabela ikon i ich znaczenie
na nastepnej stronie).

Wybrac¢ modut przetwarzania, aby wyswietli¢ jego szczegdty z prawej strony karty. Nalezy podac unikatowag
nazwe modutu przetwarzana i, w razie potrzeby, wylaczy¢ czes¢ pojemnikdw zbiorczych (zob.

10.6.1.1 - Wylgczanie zbiorczych pojemnikdw na odczynniki). Po zapisaniu tych ustawiert modut
przetwarzania zostanie uznany za ,,oddany do eksploatacji”.

Pozostaje na karcie, nawet po wytgczeniu lub odigczeniu, az do wycofania z eksploatacji (zob.
10.6.1.2 - Wycofanie modutu przetwarzania z eksploatacji).
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1 2 3

Hard\are configuration

Processirig modules Pods| Slide labellers

3210123

BOND-Il

BOND-IIl #1
L -

D Normal

M210178

BOND-MAX Serial ¥

3210123

BOND-MAX #2

Name: BOND-Ill #1

M212025 10.252.10.2:111

BOND-MAX

BOND-MAX #4 Type: BOND-III
Norma!

M212053

BOND-MAX
@ BOND-MAX #3

Bulk container configuration

Bulk reagent configuration has been defined for the proc ssing module.

Lo O 0Oo0oooooaoag
& [Prome \ [“Acohol| ‘Bt B
" Tci?‘ y : . . - - .
4 5 6 7
Nr Opis Nr Opis

1 | Wszystkie podtgczone moduty 6 | Maintenance complete (konserwacja
przetwarzania. zakonczona)

2 | Aktualnie wybrany modut przetwarzania - Klikng¢, aby zresetowac liczniki dni i szkietek
jego szczegbty sa wyswietlane po prawej po konserwacji zapobiegawczej — zob.
stronie ekranu. Konserwacja zapobiegawcza w

; 12 - Czyszczenie i konserwacja

3 | Numer seryjny, nazwa (edytowalna), adres (BONDYIII | BOND-MAX) (BOJND-III i
IP i typ urzadzenia dla wybranego modutu BOND-MAX)
przetwarzania. i

4 | Decommission (wycofanie 7 Savé (zap-lsz’) o _ -

z eksploatacji) Nalezy zaplsa.c ustawienia kor.1.ﬁgurac1|
. w celu oddania do eksploatacji nowo

Wycofywanie wybranego modut .

rzetwarzania z eksploatacji — zob podfaczonego modutu przetwarzania. Aby
P . : . zapisac ustawienia konfiguracji modutu
10.6.1.2 - Wycofanie modutu przetwarzania ) . . o
~ eksploatacii ponize] przetwarzania, nalezy najpierw upewnic sie,
Zexsploataclip ). ze wszystkie jego zespoty barwienia szkietek

5 | Bulk container configuration (konfiguracja

sg odblokowane.

pojemnikow zbiorczych) — mozna odznaczy¢
niektore stacje, jesli nie bedg uzywane —
zob. 10.6.1.1 - Wylaczanie zbiorczych
pojemnikow na odczynniki ponizej.

Posta¢ 10-10: Karta Processing modules (moduty przetwarzania) na ekranie Hardware configuration
(konfiguracja urzadzenia)
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Ikony obok obrazéw modutéw przetwarzania w okienku po lewej stronie wskazujg rézne statusy modutow:

Ikona Znaczenie Ikona Znaczenie
N Modut przetwarzania nie jest @ Modut przetwarzania jest poddawany
T podtaczony. konserwacji.

Ta ikona jest rowniez wyswietlana
(razem z komunikatem btedu), jesli
podfaczony modut przetwarzania jest
niezgodny z systemem BOND.

I:l Trwa inicjalizacja modutu - Modut przetwarzania nie otrzymat
|:| przetwarzania. | ; konfiguracji zbiorczego pojemnika na
odczynniki. Klikng¢ Save (zapisz),

aby przesta¢ konfiguracje.

przetwarzania. konfiguracje zbiorczego pojemnika

Trwa serwisowanie modutu G Modut przetwarzania otrzymat
na odczynniki.

10.6.1.1  Wylaczanie zbiorczych pojemnikdw na odczynniki

Laboratoria, ktore nie przeprowadzajg proceséw odstaniania epitopu i/lub odparafinowania w systemie
BOND, moga wytaczy¢ pojemniki za posrednictwem oprogramowania i wyja¢ odpowiednie pojemniki

z urzadzenia. Nie ma koniecznosci utrzymywania pojemnikdéw wypetnionych odczynnikami, a inicjalizacja
urzadzenia jest szybsza, poniewaz przewody ptynu podigczone do pojemnikéw nie sg zalane. Aby wytgczyé
pojemniki zbiorcze, nalezy odznaczy¢ je w okienku Bulk container configuration (konfiguracja
pojemnikdéw zbiorczych) i klikngé Save (zapisz). Po wyswietleniu komunikatu nalezy ponownie uruchomic
modut przetwarzania, aby wprowadzi¢ zmiany. Mozna wyjg¢ wytgczone pojemniki z urzgdzenia lub
pozostawic je w odpowiednim miejscu na urzadzeniu.

10.6.1.2 Wycofanie modutu przetwarzania z eksploatacji

Jesli modut przetwarzania nie jest juz potrzebny, nalezy wycofac go z eksploatacji, aby zostat usuniety

z karty Processing modules (moduty przetwarzania). Upewnic sie, ze modut przetwarzania jest
wytgczony, a nastepnie wybrac¢ go na karcie Processing modules (moduty przetwarzania) i klikng¢
Decommission (wycofanie z eksploatacji). Jesli modut przetwarzania znajduje sie nadal w grupie, zostanie
on automatycznie usuniety z grupy po jego wycofaniu z eksploatacji.

Aby ponownie przywréci¢ modut przetwarzania do eksploataciji, nalezy podtaczy¢ ponownie jego kabel
sieciowy.
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10.6.2  Pods (grupy)

Grupy to zbiory modutéw przetwarzania (i drukarek etykiet do szkietek), ktére mogg by¢ kontrolowane przez
jednego klienta klinicznego — zob. 3.1 - Architektura systemu. Grupe mozna utworzy¢ nawet w przypadku
instalacji jednostanowiskowych, w ktdrych wszystkie moduty przetwarzania sg obstugiwane z poziomu
kontrolera BOND. Tworzenie i edytowanie grup odbywa sie na karcie Pods (grupy).

1 2
E dware configuration
Procdssing m P bell
Fire Name: Fire
cost Description: Pod 1 3
9 Water
3”@ Pod2 Allocated processing modules Available processing modules
TH_B3 Hg12ﬂ25
o5 s B
@ F @ EC.N?‘E‘:\-JHX 4
asa et & %’.&m
Allocated slide labellers Available slide labellers
5, Zesigner TLP 3042
= =3
8 7 6 5
Nr |Opis Nr [Opis
1 |Lista wszystkich grup. 6 |Drukarki etykiet do szkietek w wybranej

grupie. Domysina drukarka jest oznaczona
niebieskim symbolem zaznaczenia — zob.
10.6.2.1 - Tworzenie nowej grupy ponizej.

2 |Moduly przetwarzania w wybranej grupie. Ta
sama kolejnosc jest stosowana w kliencie
klinicznym — zob. 10.6.2.1 - Tworzenie nowej
grupy ponizej. 7 |Aktualnie wybrana grupa — jej szczegoty sa
wys$wietlane po prawej stronie ekranu.

8 |Add pod (dodaj grupe)

Klikng¢, aby skonfigurowac nowa grupe — zob.
10.6.2.1 - Tworzenie nowej grupy ponizej.

Nazwa i opis (edytowalne) wybranej grupy.

4 |Wszystkie moduty przetwarzania, ktdre nie
znajdujg sie w grupie.

5 |Wszystkie drukarki etykiet do szkietek, ktore
nie znajduja sie w grupach. Delete (usun)

Klikng¢ prawym przyciskiem myszy pusta
grupe i wybra¢ Delete (usun), aby jg usungc.

Posta¢ 10-11: Karta Pods (grupy) na ekranie Hardware configuration (konfiguracja urzadzenia)
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Aby moduty przetwarzania mogty zosta¢ wigczone do grupy, nalezy je skonfigurowac na karcie Processing
modules (moduty przetwarzania) (zob. 10.6.1 - Processing Modules (moduty przetwarzania)). Aby drukarki
etykiet do szkietek mogty zosta¢ wigczone do grupy, nalezy je skonfigurowac na karcie Slide labelers
(drukarki etykiet do szkietek) (zob. 10.6.3 - Slide Labelers (drukarki etykiet do szkietek)).

10.6.2.1 Tworzenie howej grupy

1. Klikng¢ Add pod (dodaj grupe).
2. Wprowadzi¢ unikatowg nazwe grupy i opcjonalnie opis.
3. Wybra¢ moduly przetwarzania z okienka Available processing modules (dostepne moduty

przetwarzania) w prawym gornym rogu i klikng¢ strzatke w lewo , aby dodac je do okienka
Allocated processing modules (przydzielone moduty przetwarzania) w lewym gérnym rogu.

W przypadku dodawania wielu urzadzen nalezy je doda¢ w kolejnosci, w jakiej majg by¢ wyswietlane
karty w kliencie klinicznym, np. jesli wybrano urzadzenie A jako pierwsze i urzadzenie B jako drugie, A
pojawi sie nad B w okienku i na kartach System status (stan systemu) w klientach potgczonych

z grupa. Aby zmienic kolejno$¢ modutdw przetwarzania, nalezy usungc je za pomocg przycisku

strzatki w prawo i ustawiC we wiasciwej kolejnosci.

4. Wybrac jedng lub wiecej drukarek etykiet do szkietek z okienka Available slide labelers (dostepne
drukarki etykiet do szkietek) w prawym dolnym rogu i dodac do okienka Allocated slide labelers
(przydzielone drukarki etykiet do szkietek) w lewym dolnym rogu.

W przypadku dodania kilku drukarek mozna je wybrac podczas drukowania szkietek. Ustawic
domysing drukarke, klikajgc prawym przyciskiem myszy i wybierajgc opcje Set as default printer
(ustaw jako drukarke domysing). Drukarka domysina oznaczona jest niebieskim symbolem
zaznaczenia.

5. Klikng¢ Save (zapisz).

Aby usunac grupe, nalezy usung¢ wszystkie moduty przetwarzania i drukarki, a nastepnie klikng¢ prawym
przyciskiem myszy na lewym okienku i wybra¢ Delete (usun).
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10.6.3  Slide Labelers (drukarki etykiet do szkietek)

Drukarki etykiet do szkietek uzywane przez system BOND muszg by¢ zlokalizowane, zidentyfikowane
i aktywowane w kliencie administracyjnym na ekranie Hardware configuration (konfiguracja urzadzenia)

na karcie Slide labelers (drukarki etykiet do szkietek). Dzieki temu mozna je tgczy¢ w grupy (zob.
10.6.2 - Pods (grupy)).

1 2 3
Haldware configutation
Procgssing medules Pods) Slide labellers
El ZDesigner TLP 3842 Display name: ZDesigner TLP 3842
= ZDesigner TLP 3842 bt o
Printer type: Wn
=
4
Nr Opis Nr Opis
1 | Lista wszystkich drukarek etykiet do szkietek. 3 | Szczegdty drukarki etykiet do szkietek — zob.
2 | Aktualnie wybrana drukarka etykiet do 10.6.3.1 - Szczegoly drukarki etykiet do
szkietek — jej szczegdty sa wyswietlane po szkietek ponizej.
prawej stronie ekranu. 4 | Add printer (dodaj drukarke)

Klikng¢, aby dodac nowa drukarke etykiet do
szkietek — nalezy jg skonfigurowac po prawej
stronie ekranu.

Posta¢ 10-12: Karta Slide labelers (drukarki etykiet do szkietek) na ekranie Hardware configuration
(konfiguracja urzadzenia)

Aby nowo podfaczona drukarka etykiet do szkietek mogta zosta¢ wigczona do grupy, nalezy klikngé¢ Add
printer (dodaj drukarke), a nastepnie wprowadzi¢ szczegdty drukarki po prawej stronie ekranu.
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0 Nie wszystkie instalacje majg grupy. Jesli nie ma grup, drukarkg domysIng jest pierwsza drukarka na liscie.

0 W przypadku wymiany drukarki etykiet do szkietek nie trzeba dodawac¢ nowej drukarki — mozna wpisac dane
nowej drukarki w miejsce danych poprzedniej drukarki.

Aby usung¢ drukarke z listy, nalezy klikng¢ jg prawym przyciskiem myszy i wybra¢ opcje Delete (usun).

10.6.3.1  Szczegdty drukarki etykiet do szkietek

System BOND wymaga nastepujacych danych dla kazdej drukarki etykiet do szkietek:

. Display name (nazwa wyswietlana): nazwa drukarki etykiet, ktora bedzie wyswietlana
w oprogramowaniu BOND
« Printer name (nazwa drukarki): nazwa drukarki uzywana przez Windows

Nazwa drukarki w instalacjach BOND-ADVANCE to w rzeczywisto$ci Share name (nazwa udostepniona)
wys$wietlana w systemie Windows w oknie dialogowym Printers and Faxes (drukarki i faksy).

« Host name (nazwa hosta): pozostawic puste, chyba Ze jest to drukarka Zebra (na przyktad
ZDesigner TLP 3842) w instalacji BOND-ADVANCE; wowczas nalezy wprowadzi¢ Computer
name (nazwa komputera) dla terminala, do ktdrego podtgczona jest drukarka etykiet do szkietek.

6 Nazwe komputera Computer name mozna znalez¢ w systemie Windows w oknie dialogowym System
(zob. Posta¢ 10-13).

Posta¢ 10-13: Nazwa komputera w oknie dialogowym System w systemie Windows
« Printer type (typ drukarki): model drukarki (na przyktad ZDesigner TLP 3842)
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10.6.3.2 Drukowanie etykiet testowych

Aby sprawdzi¢ wyréwnanie wydruku: Labels
1. Przej$¢ do ekranu Labels (etykiety) w kliencie administracyjnym. ‘6;%
2. Wybrac etykiete w panelu po lewej stronie i klikng¢ Print (drukuj).

Label templates
Slida typa e o - Shde labed dasigren
T
G| SO0 e s 0 R
By Eoemnaxt :- T
: | 12345678 .
[ |
: 12/12/2016 |
[ | (]
] - 1
1 1
. *mARK(1)
r. J. Citizen :
*IHC A -+ )
Dr. Jones :
(]
Ex . =
3 E3ER =R

Figure 10-14: Drukowanie etykiety testowej

3. W okien dialogowym Select a Printer (wybierz drukarke) wybrac¢ odpowiednig drukarke i klikng¢
Print (drukuj).

4. Powtdrzyc¢ krok 3 od trzech do pieciu razy. Upewnic sie, ze wszystkie znaki sg wyraznie i doktadnie
wydrukowane na etykiecie.

5. Jesli potozenie obrazu na etykiecie jest nieprawidtowe, zob. Dostosowanie parametréw drukarki
Zebra on page 235 lub Dostosowanie parametréw drukarki Cognitive on page 239.

Dostosowanie parametréow drukarki Zebra

ﬁ Ponizsza procedura dotyczy obu typow drukarki Zebra: TLP 3842 lub GX430t. Istniejg pewne réznice, ktore
opisano w odpowiednich ustawieniach.

ﬁ W przypadku instalacji BOND-ADVANCE nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci na terminalu BOND-ADVANCE.
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1. Na pasku zadan systemu Windows klikng¢ przycisk Start i wybra¢ Devices and Printers
(urzadzenia i drukarki).

2. Klikng¢ prawym przyciskiem myszy ikone drukarki (na przyktad ZDesigner TLP 3842) i wybrac
Printer Properties (wasciwosci drukarki).

System wyswietli okno dialogowe Printer Properties (wtasciwosci drukarki), jak pokazano na Figure
10-15.

Ity Thesigner TLF 3842 Propertics x|
g Farcoce Fanis

Mgd: IDeesigner TLP 3842

| Features

Codor: Mo Faper available:

Double-sided: Mo Uzer dafinad =]

Stapile: Unkncwn Band Shde Label

Speed: Unknown

Meximusm reschution: 30 dpi FH
Preferences | Print Test Page |

oK | cweww | s | E |

Figure 10-15: Wiasciwosci drukarki

3. Wybra¢ karte Advanced (zaawansowane).
=

Prirter Settrge | Socks | Langusge | Baroods Forts | Command Forts | About |
Geraral | Shamg | Pots Advanced | Color Managemert | Secusy

= Blways available

R Ty [ Ty
Priority: 1 EI:

Driyer |ZDesigner TLP 3542 =] Moy Driver...

i+ Spool prind documents o progrem finishes printing Taster

™ Start primtimg after last page is sponled
I+ Start prirting imimnediabely

" Print garecthy to the printer

[~ Hold mismetched docurments

" Print spooded documents First

[T Eeep printed documents
[+ Enable advanced printing features

Primting Defeults... Pript Processor... I Separstgr Page.. |

I P

Figure 10-16: Wiasciwosci drukarki — karta Advanced (zaawansowane)
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4. Klikng¢ przycisk Printing Defaults... (domys$Ine ustawienia drukowania).
System wyswietli okno dialogowe Printing Defaults (domysine ustawienia drukowania), jak pokazano

na Figure 10-17.

al
Beroode Foris 1 Commard Forts
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Figure 10-17: Domyslne ustawienia drukowania

o W niniejszym dokumencie ustawienia drukarki podawane sg w milimetrach.
Dlatego tez nalezy ustawic format papieru (opcja Paper Format) na mm.
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10. Klient administracyjny (w kontrolerze BOND )

5. Wybrac ,BOND Slide Label” z listy rozwijanej Stocks (zasoby).
6. Wybrac karte Stocks (zasoby).

it FDesigner TLF 2843 Printing Defaults x|
Bewoode: Forts | Command Fonts

Cumom Commands | mpot/Expod setings | Tool |

|
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[k ] cmed | tov | w0 |

Figure 10-18: Domyslne ustawienia drukowania — karta Stocks (zasoby)
7. Klikng¢ przycisk Change... (zmien).
System wyswietli okno Define Stock (zdefiniuj zasoby), jak pokazano na Postac 10-19.

Przed zmiang ustawien zaleca sie przywrdcenie ustawien domyslnych drukarki, jak pokazano
w ponizszej tabeli, a nastepnie wydrukowanie kilku etykiet testowych.

TLP 3842 GX430t
Szeroko$c¢ etykiety 24.00 mm 40.00 mm
Wysokos¢ etykiety 15.50 mm 15.00 mm
Obszar bez druku — strona 0.00 mm 4.50 mm
lewa
Obszar bez druku — strona 1.50 mm 0.00 mm
prawa
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10. Klient administracyjny (w kontrolerze BOND )

Define stock NN 2 x|

Posta¢ 10-19: Okno dialogowe Define Stock (zdefiniuj zasoby)

« Jesli lewa krawed?z jest obcieta, nieznacznie zmniejszy¢ wartos¢ Right (strona prawa) w czesci
Unprintable Area (obszar bez druku), na przyktad z 1.50 mm do 1.00 mm.

« Jesli prawa krawedz jest obcieta, nieznacznie zwiekszy¢ wartos¢ Right (strona prawa) w czesci
Unprintable Area (obszar bez druku), na przyktad z 1.50 mm do 2.00 mm.

8. Klikng¢ OK.

9. Nalezy powtarzac procedure drukowania i dostosowania parametrow etykiety az do momentu, gdy
etykieta bedzie akceptowalna (brak obcietego tekstu).

ﬁ Moze pojawic sie komunikat o btedzie Stock name already used by system form database (nazwa
zasobow jest juz uzywana przez systemowg baze danych) po kliknieciu OK. W tym przypadku nalezy
zmodyfikowac dane w polu Name (nazwa) w oknie dialogowym Define Stock (zdefiniuj zasoby), jak
pokazano na Posta¢ 10-20, a nastepnie klikng¢ OK.

Ocfine stock 2|
{Bond Shde Labai 1]
Options
Darkress | -
Speed 50 »| mmia

Postac 10-20: Zmiana nazwy zasobdw etykiet

Dostosowanie parametrow drukarki Cognitive

0 W przypadku instalacji BOND-ADVANCE nalezy zalogowac sie do kontrolera BOND-ADVANCE jako
BONDDashboard. Jesli aktualnie wyswietlany jest pulpit Dashboard, nacisngé Alt+F4, aby go zamknac.
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10. Klient administracyjny (w kontrolerze BOND )

1. Na pasku zadan systemu Windows klikng¢ przycisk Start i wybra¢ Devices and Printers
(urzadzenia i drukarki).

2. Klikng¢ prawym przyciskiem myszy ikone drukarki (na przyktad Cognitive Terminal 1) i wybrac
Printer Properties (wasciwosci drukarki).

See what's printing
Sat as default printer

Figure 10-21: Wybieranie wiasciwosci drukarki

Nie wybierac opcji Printing Preferences (preferencje drukowania), okna dialogowe sg podobne, ale
ustawienia nie aktualizuja sie prawidtowo.

System wyswietli okno dialogowe Cognitive Printer Properties (whasciwosci drukarki Cognitive),
jak pokazano na Figure 10-22.

1™ Cognitiee Cxi 2 imch 300 P TT Properties

Location I
Comment:
higdiek Cognitive Ca 2 inch 300 DPITT
| Features
Codor Mo Faper available:
Double-sided: No User defined =]
Stapile: Unkncwn Band Shde Labell
Speed: Unknown
Maximurn resohution: 300 dps ;I
Prgferences... I Print Test Page J
ok ] _cocs | | e

Figure 10-22: Wiasciwosci drukarki Cognitive

240 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5



10. Klient administracyjny (w kontrolerze BOND )

3. Wybra¢ karte Advanced (zaawansowane).
System wyswietli karte Advanced (zaawansowane), jak pokazano na Figure 10-23.

= Cognitive Cxi 2 imch 300 DPT TT Properties x|
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i+ Spotl prirt docurnents o program Finishes printing faster

™ Start prinding after last page is spooled
I+ Start prirting jmmediately

" Print grecthy to the printer

[~ Hold mismetched documants

[+ Print spooled documents first

[~ Eeep printed documents
[ Enabile advanced printing features

Primting Defeults... Pript Processor... I Separstgr Page... |

Tl

Figure 10-23: Karta Advanced (zaawansowane)

4. Klikng¢ przycisk Printing Defaults... (domys$Ine ustawienia drukowania).
System wyswietli okno dialogowe Printing Defaults (domysine ustawienia drukowania), jak
pokazano na Figure 10-24.
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Figure 10-24: Okno dialogowe Printing Defaults (domysine ustawienia drukowania)
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10. Klient administracyjny (w kontrolerze BOND )

O W niniejszym dokumencie ustawienia drukarki podawane sg w milimetrach.
Dlatego tez nalezy ustawic format papieru (opcja Paper Format) na mm.

5. Wybra¢ ,BOND Slide Label” z listy rozwijanej Stocks (zasoby).
6. Wybrac karte Stocks (zasoby).

= Cognitise Cxi 3 inech 300 DL TT Printing ©
Disfireed slocks

Siock desceplion
Bond Skde Label

[lesmonpbion

Define your cown Isbel stock: Feere and save i for futune wse. Each
slock ones label dimensions and some prinber sslings

Figure 10-25: DomysIne ustawienia drukowania — karta Stocks (zasoby)
7. Klikng¢ przycisk Change... (zmien).
System wyswietli okno Define Stock (zdefiniuj zasoby), jak pokazano na Posta¢ 10-19.

20

MName

|Bard Side Label

Figure 10-26: Okno dialogowe Define Stock (zdefiniuj zasoby)
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10. Klient administracyjny (w kontrolerze BOND )

« Jesli lewa krawedz jest obcieta, nieznacznie zmniejszy¢ wartos¢ Right (strona prawa) w czesci
Unprintable Area (obszar bez druku), na przyktad z 0.50 mm do 0.30 mm.

« Jesli prawa krawedz jest obcieta, nieznacznie zwiekszy¢ wartos¢ Right (strona prawa) w czesci
Unprintable Area (obszar bez druku), na przyktad z 0.50 mm do 0.70 mm.

« Jesli gérna lub dolna krawedz jest obcieta, zob. Dostosowanie pozycji etykiety w pionie na drukarce
Cognitive Cxi on page 243.

8. Klikng¢ OK.

Moze pojawic sie komunikat o btedzie Stock name already used by system form database (nazwa
zasobow jest juz uzywana przez systemowg baze danych) po kliknieciu OK. W tym przypadku nalezy
zmodyfikowac dane w polu Name (nazwa) w oknie dialogowym Define Stock (zdefiniuj zasoby), jak
pokazano na Figure 10-27, a nastepnie klikng¢ OK.

i

Options .
o gl g chas oot R A g el e

Figure 10-27: Zmiana nazwy zasobow etykiet

9. Wydrukowac etykiete, aby sprawdzi¢ rezultat. Nalezy powtarzac¢ procedure az do momentu, gdy
etykieta bedzie akceptowalna (brak obcietego tekstu).

Dostosowanie pozycji etykiety w pionie na drukarce Cognitive Cxi

Jesli etykieta jest zbyt wysoko lub byt nisko, nalezy wybra¢ karte Advanced Setup (konfiguracja

zaawansowana) w oknie dialogowym Printing Defaults (domysine ustawienia drukowania), jak pokazano
na Postac 10-28.

- I
g Cognitive Cxi 2 inch 300 DPLTT Pristing Defasl |

Commend Forts | Custom Commands | import/Expost settngs | About |
Opfions  Advanced Sehp | Dihedng | Socks | Barcode Forta

Pari Made

" Comct Theemal & [Thwmal Traraler
Seraor Type

* Gap " Hack B i Mona
Presert Labal

[T [isabie Sefings Sent 1o the Prinber

Frint Reschion me =| DA
Graphac Options
% Dirmct Pt ™ Storing Graphic
Espiost Lashel Format to Printer
" RAM & FLASH
Dwimiter Hore =
More Setings

[ ] o |_tw | o |

Postac¢ 10-28: Karta Advanced Setup (konfiguracja zaawansowana)
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10. Klient administracyjny (w kontrolerze BOND )

« Jesli gérna krawedz jest obcieta, nieznacznie zwiekszy¢ wartos¢ Distance Advance (odlegtos¢
z przodu) w czesci Present Label (obecna etykieta), na przyktad z 0.00 mm do 1.00 mm.

« Jesli dolna krawed?z jest obcieta, nieznacznie zwiekszy¢ wartos¢ Distance Reverse (odlegtosé
z tytu) w czesci Present Label (obecna etykieta), na przyktad z 0.00 mm do 1.00 mm.

6 Zmiany nalezy wprowadzi¢ tylko w jednym ustawieniu. Jesli w polu Distance Advance (odlegto$¢
z przodu) ustawiono juz pewng wartosc, a dolna krawedz jest obcieta, nalezy zmniejszy¢ wartos¢ Distance
Advance (odlegtosc z przodu) zamiast zwiekszania wartosci Distance Reverse (odlegtosc z tytu).
W jednym ustawieniu musi pozosta¢ wartosc¢ zero, a wartos¢ w drugim ustawieniu kontroluje pozycje.

10.Klikng¢ OK.

11. Wydrukowac etykiete, aby sprawdzi¢ rezultat. Nalezy powtarzac¢ procedure az do momentu, gdy
etykieta bedzie akceptowalna (brak obcietego tekstu).
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11. Pakietintegracji LIS
(kontroler BOND )

Opcjonalnie pakiet integracji LIS BOND (LIS-ip) umozliwia pofaczenie systemu BOND z dowolnym zgodnym
systemem informatycznym laboratorium (Laboratory Information System, LIS). LIS-ip przekazuje
informacje dotyczace przypadkow i szkietek z LIS do systemu BOND, a system BOND zwraca informacje

0 przetwarzaniu przez LIS-ip do LIS.

LIS-ip jest wysoce konfigurowalny i moze wspdtpracowac z wieloma réznymi typami LIS i przebiegami pracy
laboratorium. LIS-ip mozna skonfigurowac tak, aby zapewni¢ bezproblemowa integracje pomiedzy LIS a
systemem BOND, umozliwiajgc automatyczne rozpoznawanie szkietek LIS, co eliminuje koniecznos¢
ponownego etykietowania szkietek. Ogolny przeglad dostepnych przebiegdw pracy znajduje sie w czesci
Przebieg pracy (Section 11.8 on page 255).

Leica Biosystems organizuje kompleksowe szkolenia dotyczace poszczegdinych instalacji w danej placéwce.

Informacje dotyczace BOND LIS-ip znajduja sie w nastepujacych rozdziatach:

« Terminy zwigzane z dziataniem LIS-ip
Zob. 11.1 - Terminologia LIS

« Szczegoty dotyczace dodatkowych funkcji oprogramowania
Zob. 11.2 - Dodatkowe funkcje oprogramowania

« Informacje dotyczace podtaczania i konfiguracji LIS
Zob. 11.3 - Podfaczanie i inicjalizacja LIS

« Opis wskazan btedéw LIS i sposobu postepowania
Zob. 11.4 - Powiadomienia LIS

« Lista referencyjna danych przypadkéw i szkietek
Zob. 11.5 - Wymagania dotyczace danych przypadkdw i szkietek

« Opis danych dotyczacych statusu szkietek, ktére BOND LIS-ip moze zaraportowac do LIS
Zob. 11.6 - Przesyfanie danych dotyczacych szkietek z powrotem do LIS

« Wymagania dotyczace etykiet szkietek
Zob. 11.7 - Etykiety szkietek

« Przeglad typowych wdrozen LIS
Zob. 11.8 - Przebieg pracy.
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11. Pakiet integracji LIS (kontroler BOND )

11.1  Terminologia LIS

W celu opisania funkcjonalno$ci systemu LIS i rozréznienia pomiedzy zwyklymi elementami systemu BOND
a elementami LIS wymagane jest uzycie kilku nowych terminéw. Terminy te opisano na ponizszej liscie.

LIS — Laboratory Information System; oprogramowanie, ktore zarzadza informacjami zwigzanymi

Z praca laboratorium.

LIS-ip — pakiet integracji LIS BOND, opcjonalny dodatek umozliwiajgcy wspotprace systemu BOND

z LIS.

Szkietko LIS — szkietko utworzone przez LIS i przestane do systemu BOND w celu przetwarzania.
Przypadek LIS — przypadek utworzony przez LIS i przestany do systemu BOND.

Etykieta szkietka z automatycznym ID — etykieta szkietka, ktéra moze zosta¢ automatycznie
rozpoznana przez system BOND. Tego rodzaju etykiety mogg by¢ drukowane przez system BOND lub
LIS, o ile uzywany jest rozpoznawalny format kodu kreskowego. Zob. 11.3 - Podtgczanie i inicjalizacja

LIS.

Etykieta szkietka z recznym ID — etykieta szkietka, ktdra nie moze zostac¢ automatycznie rozpoznana
przez system BOND.

Etykieta szkietka LIS — etykieta szkietka z drukarki podtgczonej do LIS. Etykieta szkietka LIS zawiera
kod kreskowy LIS i wszelkie inne informacje skonfigurowane dla tej etykiety w systemie LIS.
Etykieta szkietka BOND-LIS — etykieta szkietka utworzonego w LIS, ale wydrukowana na drukarce
podtaczonej do systemu BOND. Etykieta BOND-LIS wykorzystuje konfiguracje etykiety szkietka
BOND LIS, ktérg mozna edytowac przy uzyciu oprogramowania BOND.

Numer dostepu — powszechnie uzywany termin LIS dla numeru lub innego ID identyfikujgcego
konkretny przypadek. Numer dostepu jest rdwnowazny z ,ID przypadku” w systemie BOND.

Dane pacjenta — dane pacjenta, ktdre tworzg ,,przypadek” w systemie BOND.

Dane demograficzne — powszechnie uzywany termin LIS dla danych pacjenta lub danych przypadku.
Kod kreskowy LIS — kod kreskowy przypisany przez LIS, ktdry jednoznacznie identyfikuje kazde
szkietko LIS.

246

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. A0S



11. Pakiet integraciji LIS (kontroler BOND )

11.2 Dodatkowe funkcje oprogramowania

Systemy BOND wykorzystujgce systemu LIS majg dodatkowe funkcje oprogramowania, ktdrych nie ma
w standardowej wersji. BOND Systemy LIS-ip zachowujg wszystkie funkcje i wtasciwosci standardowego
oprogramowania BOND.

Zob.

o 11.2.1 -Tkona statusu LIS

e 11.2.2 - Przypadki LIS

o 11.2.3 - Szkietka LIS

« 11.2.4 - Nazwy publiczne markeréw
o 11.2.5 - Szkietka priorytetowe

« 11.2.6 - Pola danych szkietek LIS

« 11.7 - Etykiety szkietek

11.2.1 Ikona statusu LIS

Posta¢ 11-1: Ikona statusu LIS w prawym gérnym rogu ekranu oprogramowania BOND

Oprogramowanie BOND z LIS-ip zawiera ikone statusu LIS z prawej strony standardowego paska funkdji.
Pokazuje nastepujgce elementy:

« Status potaczenia LIS (zob. 11.3 - Podfaczanie i inicjalizacja LIS)
« Wskazanie bteddw LIS (zob. 11.4 - Powiadomienia LIS)

11.2.2  Przypadki LIS

Przypadki LIS to przypadki utworzone w LIS, a nastepnie przestane do systemu BOND. Przypadki BOND to
przypadki tworzone w systemie BOND.

« Przypadki LIS zawierajg te same pola wiasciwosci co przypadki BOND, ale po wystaniu przypadku do
systemu BOND nie mozna edytowa¢ zadnych informacji.

« System BOND automatycznie przydziela unikalny numer przypadku do kazdego przypadku LIS.

« Numer dostepu lub ID przypadku LIS staje sie ID przypadku w systemie BOND.

« Jesli ID przypadku jest taki sam, jak ID istniejgcego przypadku BOND, nowy przypadek LIS zostanie
odrzucony. Nalezy zmienic ID przypadku w systemie LIS.

« Jesli ID przypadku i imie i nazwisko pacjenta nowego przypadku LIS sg takie same, jak dane
aktywnego przypadku LIS znajdujgce sie juz na ekranie Slide setup (konfiguracja szkietek),
automatycznie uzywany jest istniejgcy przypadek. Szkietka w ,,nowym” przypadku sg dodawane do
szkietek istniejgcego przypadku. Jesli ID przypadku s3 takie same, ale imiona i nazwiska pacjentéw sg
rézne, nowy przypadek zostanie odrzucony.

« Jesli ID przypadku i imie i nazwisko pacjenta dla przypadku LIS s3 takie same, jak dane wygastego lub
usunietego przypadku LIS w systemie BOND, istniejacy przypadek jest przywracany lub nowy
przypadek jest odrzucany, w zaleznosci od wybranych ustawien na ekranie LIS klienta
administracyjnego (zob. Duplicate Case ID (zduplikowane ID przypadku) on page 211).

« Szkietka dodane do przypadku LIS za pomoca oprogramowania BOND sg tworzone jako szkietka
BOND.
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11. Pakiet integracji LIS (kontroler BOND )

« Przypadki LIS majg ten sam domysIny protokoét przygotowania i objeto$¢ dozowania co przypadki
BOND, zgodnie z ustawieniami w kliencie administracyjnym (zob. 10.5.2 - Ustawienia przypadkéw
i szkietek).

11.2.3  Szkietka LIS

Szkietka LIS to szkietka utworzone w LIS, a nastepnie przestane do systemu BOND. Szkietka BOND to
szkietka utworzone w systemie BOND w przypadku BOND lub w przypadku LIS.

Szkietka LIS mozna zidentyfikowac na liscie szkietek wedtug koloru etykiety: Szkietka LIS majg szarg
etykiete.

Posta¢ 11-2: Szkietko LIS (po lewej) i szkietko BOND do pojedynczego barwienia (po prawej)
Nastepujace punkty dotycza szkietek LIS:

« Etykiety wydrukowane z systemu LIS zazwyczaj zawierajg kod kreskowy. Jesli kod kreskowy jest
w jednym z szesciu formatdw obstugiwanych przez system BOND i system BOND zostat
skonfigurowany do odczytu tego formatu, wéwczas system BOND moze zidentyfikowac szkietko po
zatadowaniu. Zob. 11.3 - Podtaczanie i inicjalizacja LIS.

« Etykiety wydrukowane z systemu BOND dla szkietek LIS uzywajg konfiguracji etykiety szkietka BOND
LIS. Zob. 10.3 - Labels (etykiety).

« Szkietka LIS moga zawiera¢ dodatkowe pola dotyczace systemu LIS. Zob. 11.2.6 - Pola danych
szkietek LIS.

« Wiasciwosci szkietek pochodzacych z systemu LIS nie mogg by¢ edytowane za pomoca
oprogramowania BOND.

« Gdy do kopiowania szkietka LIS wykorzystywane jest oprogramowanie BOND, kopia jest tworzona
jako szkietka BOND z konfiguracjg etykiety szkietka BOND. Wszystkie pola dotyczace systemu LIS sg
usuwane i od tej pory mozna edytowac wszystkie pola.

11.2.4  Nazwy publiczne markerow

Nazwy publiczne markeréw (przeciwciat pierwszorzedowych i sond) zapewniajg powigzanie pomiedzy
markerami okre$lonymi przez LIS a tymi zarejestrowanymi w systemie BOND. Gdy system LIS okresla
marker do testu, system BOND wykorzystuje odczynnik z identyczng nazwg publiczng markera dla tego
testu. System BOND odrzuci test okreslony w systemie LIS w przypadku braku nazwy publicznej
odpowiadajacej nazwie markera LIS.

Nazwy publiczne markeréw sg okreslane w polu Public name (nazwa publiczna) w oknie dialogowym Edit
reagent properties (edytuj wtasciwosci odczynnika) (zob. 8.2 - Ekran konfiguracji odczynnikéw). To pole
staje sie widoczne dopiero po zainstalowaniu LIS-ip.

Kazda nazwa publiczna musi by¢ unikatowa. Nazwy publiczne mozna zamienia¢ pomiedzy odczynnikami
BOND w dowolnym momencie. Taka zmiana nie ma wptywu na szkietka, ktore zostaty juz utworzone.
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11. Pakiet integraciji LIS (kontroler BOND )

11.2.5 Szkietka priorytetowe

W systemie LIS mozna okresli¢ szkietka priorytetowe wymagajace pilnego przetworzenia. Kazdy przypadek
zawierajacy szkietko priorytetowe jest oznaczony czerwonym paskiem na ekranie Slide setup (konfiguracja

szkietek).
G | Pt | owew | S ]
I L0012 « 25216 Shady, Albart Joseph
201304 18-ISHRefine Benjamin Hightowar Kavin Pannell
201 30416-IHC Fannie Huray Arthur Josey

Postac 11-3: Przypadek ze szkietkami priorytetowymi zaznaczony na czerwono na ekranie Slide setup

(konfiguracja szkietek)

ﬁ Obecnie priorytetowy przypadek LIS jest dodawany na dole listy. Taki przypadek jest wyswietlany u gory

listy dopiero w kolejnych sesjach klienta klinicznego.

Szkietka priorytetowe oznaczone sg czerwona literg ,,P".

P

Posta¢ 11-4: Priorytetowe szkietko LIS wy$wietlajgce sie na ekranie Slide setup (konfiguracja szkietek)

11.2.6  Pola danych szkietek LIS

Oprécz standardowych wiasciwosci szkietek BOND LIS-ip ma siedem konfigurowalnych pdl danych,
w ktdrych moga wyswietlac sie wybrane informacje z systemu LIS. Podstawowa tgczno$¢ jest

konfigurowana przez serwisanta Leica Biosystems podczas instalacji, jednak gdy zostanie to juz wykonane,
uzytkownicy mogq zdecydowac, czy wyswietlac pola, czy nie, a takze mogg ustawi¢ nazwe dla kazdego pola

— zob. Pola danych szkietek LIS on page 211.

Pola sg wyswietlane na specjalnej karcie LIS w oknie dialogowym Slide properties (wtasciwosci szkietka)
i mozna je réwniez wydrukowac na etykietach szkietek (zob. 10.3 - Labels (etykiety)). Wykorzystywane sg

wylacznie w celach raportowania i nie majg wptywu na dziatanie urzadzenia.
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11.3 Podtgczanieiinicjalizacja LIS

Kazdy modut BOND LIS-ip musi by¢ zainstalowany przez autoryzowanego przedstawiciela Leica Biosystems,
ktory skonfiguruje prace zgodnie z indywidualnymi wymaganiami laboratorium.

System BOND mozna skonfigurowac tak, aby odczytywat kody kreskowe w nastepujgcych formatach:

Kody kreskowe 1D Kody kreskowe 2D
Kod 128 QR
Aztec
DataMatrix

Po zainstalowaniu modutu LIS w prawym gérnym rogu ekranu oprogramowania BOND pojawi sie ikona LIS
wskazujgca status potgczenia (Postac 11-5)

Ay

< Q S

Postac 11-5: LIS niepodtgczony (po lewej) i podtgczony (po prawej)
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11.4 Powiadomienia LIS

Oprogramowanie BOND wskazuje btedy potaczenia z LIS lub btedy dotyczace danych poprzez wyswietlenie
ikony statusu LIS w prawym gornym rogu ekranu oprogramowania BOND (zob. 11.2.1 - Tkona statusu LIS).
Jesli istniejq jakies oczekujgce powiadomienia LIS, wyswietlany jest licznik oczekujgcych powiadomien. Gdy
pojawi sie nowe powiadomienie, licznik bedzie migac przez krétki czas.

Posta¢ 11-6: Ikona statusu LIS

Aby wyswietli¢ szczegdty powiadomienia, nalezy klikng¢ prawym przyciskiem myszy ikone statusu i wybra¢
Show LIS report (pokaz raport LIS), aby otworzy¢ okno dialogowe LIS service events (zdarzenia
serwisowe LIS). W oknie dialogowym wys$wietlane sg btedy i informacje o szkietkach, ktére nie zostaty
pomyslinie przeniesione. Podana jest rowniez przyczyna btedu. Typowe btedy LIS obejmujg brakujace dane,
konflikty danych (np. ten sam numer dostepu uzyty dla réznych przypadkdéw) lub sytuacje, w ktérych nazwa
publiczna markera nie jest zarejestrowana w systemie BOND (zob. 11.2.4 - Nazwy publiczne markerdw).

LIS service events

I S S = S

Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones
g Marker ID GFAP Unable to add LIS slide -
1. 24-Jan-17 2:33... 7012 Marker2 1D Barcode already used Acknowledge

Tissue type test
Message ID 002.1

Barcode 88820
Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones
1. 24Jan172:34.. 7007 Marker ID GFAP Cannot map tissue type Acknowledge
Marker2 ID
Tissue type tesst
Message ID 0021
Barcode 88820
Case ID LS0012-45210
1. 24-Jan-172:35.. 7006 PatientiD PID120 Marker does not exist Acknowledge
Doctor ID Dr Jones
Marker ID GFAP
Close

Postac¢ 11-7: Okno dialogowe LIS service events (zdarzenia serwisowe LIS)

W zaleznosci od konfiguracji LIS mozliwe jest skorygowanie btedéw i ponowne przestanie przypadku lub
szkietka. Jesli LIS nie jest w stanie ponownie wysta¢ danych, mozna utworzy¢ przypadek lub szkietka
bezposrednio za pomoca oprogramowania BOND.

Po przeczytaniu kazdego komunikatu o btedzie nalezy klikng¢ odpowiedni przycisk Acknowledge
(potwierdz), aby usung¢ powiadomienie z okna dialogowego.

Gdy wszystkie komunikaty o btedach zostang usuniete z okna dialogowego, licznik powiadomien zniknie
z ekranu.
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W razie potrzeby nadal mozna przeglada¢ komunikaty w dzienniku serwisowym LIS, klikajgc najpierw logo
Leica Biosystems w prawym gérnym rogu ekranu klienta administracyjnego, aby wyswietli¢ okno dialogowe
About BOND (o systemie BOND). Nastepnie klikng¢ Service log (dziennik serwisowy) i wybra¢ *LIS*

z listy rozwijanej Serial NO. (nr seryjny). Opcjonalnie mozna ustawi¢ przedziat czasowy i klikng¢ Generate
(generuj), aby wygenerowac raport dziennika serwisowego LIS.

11.5 Wymagania dotyczace danych przypadkow
i szkietek

Dane, ktdrych system BOND wymaga od LIS w celu zaimportowania przypadkow i szkietek przedstawiono
w ponizszych punktach (zob. 11.5.1 - Dane przypadku oraz 11.5.2 - Dane szkietka).

Dane dotyczace przypadkoéw i szkietek LIS nie mogg zostac zmienione w systemie BOND, z wyjatkiem
komentarzy dotyczacych szkietek.

11.5.1 Dane przypadku

11.5.1.1 Pola obowigzkowe

Nazwa pola BOND | Opis Wspdlne terminy LIS
CaseID (ID Numer lub nazwa identyfikujgca Numer dostepu

dk dek i
przypadku) przypace Numer zamowienia

11.5.1.2 Pola opcjonalne

Nazwa pola BOND | Opis Wspdine terminy LIS
Patient name Imie i nazwisko pacjenta Patient name (imie i nazwisko
(imie i nazwisko pacjenta)
acjenta
pad ) ID przypisane przez laboratorium
(labAssId)
Doctor (lekarz) Lekarz kierujacy Imie i nazwisko i/lub ID lekarza

Lekarz prowadzacy

Lekarz zamawiajacy
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11.5.2

11.5.2.1

Dane szkietka

Pola obowigzkowe

Nazwa pola
BOND

Opis

Wspdine terminy LIS

Komentarze

« Marker

« Przeciwciato

pierwszorzedowe
(IHC) lub sonda
(ISH)

o Przeciwciato
pierwszorzedowe
(IHC)

« Sonda (ISH)

« Marker (albo)

« Barwnik

« Nazwa publiczna
zapewnia
powigzanie
pomiedzy
markerami
okreslonymi przez
LIS a tymi
zarejestrowanymi
w systemie BOND.
Nalezy poda¢
nazwe publiczng
dla kazdego
markera, ktory
zostanie okreslony
w LIS. Zob.

11.2.4 - Nazwy
publiczne
markerow.

« Kazdy marker ma
domyslne protokoty
barwienia i obrébki
wstepnej, ktdre
mozna zmienic przy
uzyciu
oprogramowania
BOND, jesli jest to
konieczne.

11.5.2.2

Pola opcjonalne

Nazwa pola BOND

Opis

Wspdlne terminy
LIS

Komentarze

[Kod kreskowy LIS]

Uwaga: Kod
kreskowy nie jest
widoczny dla
uzytkownika
w systemie BOND

Unikalne ID w postaci
kodu kreskowego dla
kazdego szkietka LIS
(nie mozna ponownie
uzywac ID usunietych
szkietek)

Kod kreskowy

Petny kod kreskowy musi by¢
dostarczony do systemu
BOND, aby mozna byto
rozpoznac szkietko. Jest to
wymagane podczas
korzystania z przebiegu pracy

LIS 1 (zob. 11.8 - Przebieg
pracy).
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Nazwa pola BOND Opis Wspdlne terminy Komentarze
LIS

Tissue type (typ Tkanka testowa lub Typ testu Jesli te informacje nie sg

tkanki) kontrolna (dodatnia dostarczane przez LIS,
lub ujemna) domyslna nazwa to , Test”.

Zob. 6.2.1 - Tkanka
kontrolna.

Komentarze Wszelkie komentarze | Komentarz Jesli aktualizacja szkietka LIS
lub instrukcje zostanie wystana przez LIS,
dotyczace szkietka wszelkie nowe komentarze

dotyczace szkietek zostang
dodane do istniejgcych
komentarzy.

11.6  Przesytanie danych dotyczacych szkietek
z powrotem do LIS

BOND LIS-ip moze zaraportowac dane dotyczace statusu szkietek do LIS. BOND LIS-ip moze zaraportowac
nastepujace informacje:

« Slide created (szkietko utworzone) — okreslone szkietko zostato utworzone w oprogramowaniu BOND

« Slide printed (szkietko wydrukowane) — dla okreslonego szkietka zostata wydrukowana etykieta

« Slide in progress (szkietko w toku) — okre$lone szkietko jest przetwarzane

« Slide processed (szkietko przetworzone) — dla okreslonego szkietka zakonczyt sie proces
przetwarzania (z btedami lub bez)

« Slide deleted (szkietko usuniete) — okreslone szkietko zostato usuniete z systemu BOND.

11.7  Etykiety szkietek

Dla kazdego fizycznego szkietka wymagana jest etykieta identyfikacyjna, aby mozna byto dopasowac
szkietko do odpowiedniego przypadku i testu. Najbardziej wygodny przebieg pracy jest wéwczas, gdy
szkietka LIS majq etykiety wydrukowane przez system LIS (,etykiety szkietek LIS") i te etykiety sg
rozpoznawane przez system BOND. Jednak jest to mozliwe tylko wtedy, gdy:

1. LIS zapewnia unikalny kod kreskowy dla kazdego szkietka w systemie. Dla kazdego fizycznego
szkietka wymagana jest etykieta identyfikacyjna, aby mozna byto dopasowac szkietko do
odpowiedniego przypadku i testu.

2. Drukarka LIS wykorzystuje jeden z formatow kodow kreskowych obstugiwanych przez system BOND.

Jesli LIS nie spetnia tych wymagan, wowczas system BOND moze utworzy¢ wiasne etykiety dla szkietek LIS
— ,etykiety szkietek BOND-LIS”. W tym przypadku mozna opcjonalnie skonfigurowac system BOND, tak aby
przetwarzat szkietka LIS tylko wtedy, gdy posiadajg one etykiety wydrukowane przez system BOND. Opcje
te mozna ustawic na ekranie LIS klienta administracyjnego — zob. 10.2 - LIS.

Mozna rowniez uzywac etykiet wydrukowanych na drukarce innej firmy lub wykonanych recznie. Etykiety te
nalezy wowczas zidentyfikowac recznie w systemie BOND przed przetworzeniem (zob. 5.1.5.2 - Reczna
identyfikacja szkietek w urzadzeniu).
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11.8

Przebieg pracy

Kazda instalacja LIS-ip jest w duzym stopniu dostosowana do potrzeb uzytkownika, jednak nadal warto
przedstawic ogdlne opisy przebiegéw pracy BOND LIS-ip w oparciu o gtéwne opcje LIS-ip. W ponizszej tabeli
przedstawiono cztery przebiegi pracy. Mozliwe sg rowniez inne przebiegi pracy. Organizowane sg

kompleksowe szkolenia dotyczace poszczegdinych instalacji w danej placowce.

Przebieg Danez LIS Dane Etykiety Identyfikacja
pracy wprowadzone | wydrukowane
w systemie przez
BOND
1 Dane przypadkow i szkietek | Brak LIS Automatyczna
(z kodem kreskowym LIS)
2 Dane przypadkdw i szkietek | Brak System BOND Automatyczna
3 Dodatkowe System BOND Automatyczna
szkietko
4 Brak Urzadzenie Reczna
zewngtrzne

Przebieg pracy 1 jest najwygodniejszy, poniewaz zapewnia bezproblemowg integracje pomiedzy systemem
LIS i systemem BOND. System BOND automatycznie rozpoznaje szkietka LIS i moze natychmiast rozpoczgé
przetwarzanie bez koniecznosci ponownego etykietowania szkietek lub wprowadzania dodatkowych

informacji.
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Strona celowo pozostawiona pusta.
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12. Czyszczenie i konserwacja

(BOND-III i BOND-MAX)

A

Zawsze nalezy wytgcza¢ modut przetwarzania przed przystgpieniem do czyszczenia lub
konserwacji (oprdcz sytuacji, w ktérych uruchamiany jest przebieg czyszczenia sondy
aspiracyjnej lub czyszczenia robota odczynnikdw zbiorczych).

Niektore odczynniki stosowane w immunohistochemii i hybrydyzaciji in situ sa
niebezpieczne. Przed wykonaniem dalszych czynnosci nalezy odby¢ odpowiednie szkolenie
dotyczace bezpieczenstwa podczas tej procedury.

a. Podczas pracy z odczynnikami lub czyszczenia urzadzenia nalezy nosi¢ rekawiczki
lateksowe lub nitrylowe, okulary ochronne i inne odpowiednie $rodki ochronne.

b. Odczynniki i kondensat nalezy transportowac i utylizowac zgodnie ze wszystkimi
procedurami i przepisami krajowymi obowigzujgcymi w laboratorium.

/A\

Moduty przetwarzania wyposazone sg w podgrzewacze i gorgce powierzchnie, ktére moga
tworzyc¢ ryzyko zaptonu, jesli materiaty tatwopalne zostang umieszczone w bliskiej
odlegtosci:

Nie umieszczac tatwopalnych materiatéw na podgrzewaczach ani w ich poblizu.

Nie umieszcza¢ materiatow tatwopalnych na jakichkolwiek gorgcych powierzchniach
modutu przetwarzania.

Po ponownym napetnieniu lub opréznieniu upewnic sie, ze wszystkie pokrywy pojemnika
zbiorczego sg prawidtowo zamkniete.

Unika¢ kontaktu z zespotami barwienia szkietek i podzespotami znajdujgcymi sie w ich
poblizu. Mogg one by¢ bardzo gorgce i powodowac powazne oparzenia. Po wytgczeniu
odczekac dwadziescia minut, az zespoty barwienia szkietek i ich otoczenie ostygna.

A\
A

Wszystkie wyjmowane elementy nalezy czysci¢ wytgcznie recznie. Aby unikngc
uszkodzenia, nie nalezy my¢ zadnego elementu w zmywarce. Nie czysci¢ zadnych czesci
przy uzyciu rozpuszczalnikow, srodkdw czyszczacych zawierajgcych substancje Scierne ani
szorstkich Sciereczek.
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W niniejszym rozdziale podano procedury czyszczenia i konserwacji. W kliencie klinicznym dostepny jest
ekran konserwacji dla kazdego modutu przetwarzania w systemie. Klikng¢ karte modutu przetwarzania po
lewej stronie gtdwnego okna, aby wyswietli¢ ekran System status (stan systemu), a nastepnie klikng¢
karte Maintenance (konserwacja). Wiecej informacji mozna znalez¢ w rozdziale 5.3 - Ekran konserwacji.
Przy kazdym uzyciu systemu BOND nalezy sprawdzi¢ go pod katem wyciekdw i zuzytych lub uszkodzonych
czesci. Postepowac zgodnie z podanymi w niniejszym rozdziale instrukcjami dotyczgcymi naprawy lub
wymiany zuzytej lub uszkodzonej czesci, jesli sa dostepne. W przeciwnym razie skontaktowac sie z dziatem
obstugi klienta.

Konserwacja zapobiegawcza

Oprdcz regularnych czynnosci konserwacyjnych wymienionych w niniejszym rozdziale (przeprowadzanych
przez uzytkownikéw), moduty przetwarzaniaBOND-III oraz BOND-MAX muszg by¢ regularnie serwisowane
przez serwisanta Leica Biosystems.

Oprogramowanie BOND powiadamia o koniecznosci przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej
dla kazdego modutu przetwarzania raz w roku lub po przetworzeniu 15 600 szkietek (w zaleznosci
od tego, co nastgpi wczesniej).

Licznik zostanie zresetowany po nacisnieciu przycisku Maintenance complete (konserwacja zakonczona)
na karcie Processing modules (moduly przetwarzania) klienta administracyjnego (10.6.1 - Processing
Modules (moduly przetwarzania)).

Ten rozdziat zawiera nastepujgce czesci:

« 12.1 - Harmonogram czyszczenia i konserwacji

o 12.2 - Pojemniki zbiorcze

« 12.3 - Szkietka nakrywkowe Covertile

o 12.4 - Zespot barwienia szkietek

« 12.5 - Ponowne uruchamianie modutu przetwarzania
« 12.6 - Sonda aspiracyjna

« 12.7 - Blok myjacy i stacja mieszania

o 12.8 - Ostony, drzwi i pokrywy

e 12.9-Czytnik ID

« 12.10 - Tace ociekowe

« 12.11 - Tace na szkietka

« 12.12 - Sondy robota odczynnikéw zbiorczych (tylko BOND-III)
e 12.13 - Strzykawki

o 12.14 - Bezpieczniki zasilania
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12.1 Harmonogram czyszczenia i konserwacji

6 Wykonac czynnosci podane w ponizszym harmonogramie w przypadku barwienia okoto 300 szkietek
tygodniowo przez jedno urzadzenie. W przypadku przetwarzania wiekszej liczby szkietek skontaktowac sie
z dziatem obstugi klienta w celu dostosowania harmonogramu.

Czynnos¢ Czesc
Codziennie — na poczatku dnia
Sprawdzi¢, czy zbiorcze pojemniki na odpady sg napetnione maksymalnie 12.2
w potowie*
Sprawdzi¢, czy zbiorcze pojemniki na odczynniki sg przynajmniej w potowie 12.2
petne oraz czy zawierajg odpowiedni odczynnik*
Codziennie — na koncu dnia
Wyczyscic szkietka nakrywkowe Covertile 12.3
Co tydzien
Wyczysci¢ zespoty barwienia szkietek* 12.4
Skontrolowac zaciski szkietek nakrywkowych Covertile 124
Uruchomi¢ ponownie moduty przetwarzania 12.5
Przetrzec¢ sonde aspiracyjng gtdwnego robota 12.6
Sprawdzi¢ bloki myjace i stacje mieszania — w razie potrzeby wyczyscic lub 12.7
wymienic
Wyczysci¢ ostony, drzwi (jesli s zamontowane) i pokrywe 12.8
Wyczysci¢ czytnik ID 12.9
Wyczysci¢ reczny skaner koddw kreskowych 13.1
Co miesiac
Wyczysci¢ wszystkie tace ociekowe* 12.10
Wymienic stacje mieszania 12.7
Wyczysci¢ zbiorcze pojemniki na odczynniki 12.2
Wyczysci¢ zbiorcze pojemniki na odpady 12.2
Wyczyscic¢ tace na szkietka 12.11
Wyczysci¢ sondy robota odczynnikéw zbiorczych (BOND) 12.12
Wyczysci¢ drukarke etykiet do szkietek 13.2
Sprawdzic¢ strzykawki 12.13
Po wyswietleniu monitu
Wyczysci¢ sonde aspiracyjng gtdwnego robota 12.6.1
Wymienic sonde aspiracyjng gtéwnego robota 12.6.2
Wymienic strzykawki 12.13

* W razie potrzeby czynnosci te nalezy wykonywac czesciej niz okreslono w harmonogramie.
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12.1.1  Listy kontrolne czyszczenia i konserwacji

Na nastepnej stronie podano harmonogram konserwacji w postaci tabeli, ktérg mozna wydrukowac i uzywac
w formie listy kontrolnej. Uwzgledniono miejsce na zapisywanie numerow partii roztworéw BOND Wash,
ER1, ER2 i Dewax. Zaznaczy¢ lub wstawi¢ parafke w odpowiednich komdrkach w miare wykonywania

poszczegdlnych czynnosci.
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Harmonogram czyszczenia i konserwacji

szkietek

Pon. Wt. Sr. | Czw. | Pt. | Sob. | Nd.

CODZIENNIE
Sprawdzi¢ zbiorcze pojemniki na O O O O O O O
odczynniki

Numer partii BOND Wash

Numer partii ER1

Numer partii ER2

Numer partii Dewax Solution
Sprawdzi¢ pojemniki na odpady O O O O O O O
Wyczyscic szkietka nakrywkowe O O O O O O O
Covertile
CO TYDZIEN Dla BOND-MAX:
Wyczysci¢ zespoty barwienia O « Jesli na zewnetrznym pojemniku na odpady
szkietek* znajduje sie tylko jedna nakretka, przed jej
Skontrolowaé zaciski szkietek O o;:il;rscenlem nalezy odtaczyc kabel i przewody
nakrywkowych Covertile P y o o ]

« Jesli pojemniki zbiorcze sg nieprzezroczyste,

Uruchomic ponownie moduty O nalezy unie$¢ korice pojemnikéw w celu
przetwarzania oszacowania objetosci — nie ma potrzeby
Przetrze¢ sonde aspiracyjna O wyjmowania pojemnikéw z urzadzenia.
Sprawdzi¢ blok myjacy i stacje O
mieszania * W razie potrzeby czysci¢ czgsciej niz okreslono
Wyczyscic ostony, drzwi (jesli sa O w harmonogramie
zamontowane) i pokrywe
Wyczysci¢ czytnik ID O
Wyczyscic reczny skaner O
CO MIESIAC
Wyczyscic tace ociekowe* O
Wymieni¢ stacje mieszania O
Wyczyscic zbiorcze pojemniki na O
odczynniki
Wyczyscic zbiorcze pojemniki na O
odpady
Wyczyscic tace na szkietka O
Wyczysci¢ sondy robota odczynnikéw O
zbiorczych (tylko BOND)
Wyczysci¢ drukarke etykiet do O
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Pon. Wt. | Sr. | Czw. | Pt. | Sob. | Nd.
Sprawdzic¢ strzykawki O
PO WYSWIETLENIU MONITU Na tydzien od
Wyczyscic¢ sonde aspiracyjng O do
Wymieni¢ sonde aspiracyjng O )
Wymieni¢ strzykawki | Na miesiac
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12.2  Pojemniki zbiorcze

Niektdre odczynniki stosowane w immunohistochemii i hybrydyzacji in situ sg
niebezpieczne. Przed wykonaniem dalszych czynnosci nalezy odby¢ odpowiednie

szkolenie dotyczace bezpieczenstwa podczas tej procedury.

a. Podczas pracy z odczynnikami lub czyszczenia urzadzenia nalezy nosi¢
rekawiczki lateksowe lub nitrylowe, okulary ochronne i inne odpowiednie
$rodki ochronne.

b. Odczynnikii kondensat nalezy transportowac i utylizowac zgodnie ze
wszystkimi procedurami i przepisami krajowymi obowigzujgcymi
w laboratorium.

Niektore z odczynnikéw uzywanych w modutach przetwarzania BOND sg
& tatwopalne:
Nie umieszczac ptomienia ani zroédfa zaptonu w poblizu modutéw przetwarzania.

Po ponownym napetnieniu lub oproznieniu upewnic sie, ze wszystkie pokrywy
pojemnika zbiorczego sg prawidtowo zamkniete.

Codziennie (nie rzadziej) sprawdza¢ poziomy pojemnikdw zbiorczych i raz miesigcu wyczysci¢ pojemniki
zbiorcze. Wiecej szczegotow:

« 12.2.1 - Sprawdzanie poziomow w pojemnikach

o 12.2.2 - Uzupetnianie lub opréznianie pojemnikdw zbiorczych

« 12.2.3 - Czyszczenie pojemnikdw zbiorczych

o 12.2.4 - Zewnetrzny pojemnik na odpady (tylko BOND-MAX)

12.2.1  Sprawdzanie poziomdéw w pojemnikach

Sprawdzac poziomy w pojemnikach zbiorczych na poczatku kazdego dnia. Nalezy je sprawdzac réwniez
przed rozpoczeciem nocnego lub wydtuzonego przebiegu. W przypadku laboratoriéw o duzym obrocie moze
by¢ konieczne zaplanowanie dwdch kontroli pojemnikéw zbiorczych dziennie.

W modutach przetwarzania BOND-III i najnowszym modelu BOND-MAX (oraz w przypadku wszystkich
zewnetrznych pojemnikéw na odpady BOND-MAX), poziomy cieczy sg widoczne przez Scianki pojemnikow.
W przypadku modeli BOND-MAX z nieprzezroczystymi pojemnikami nalezy unie$¢ korice pojemnikéw w celu
oszacowania objetosci — nie nalezy wyjmowac pojemnikdw z urzadzenia, poniewaz spowoduje to aktywacje
zalewania przewoddw ptyndw po ponownym umieszczeniu pojemnikdw w urzadzeniu.

Ikony na ekranie System status (stan systemu) wskazujg poziomy w pojemnikach zbiorczych w systemie
BOND i stuzg do powiadamiania o wysokim poziomie odpaddw lub niskim poziomie odczynnikéw w systemie
BOND-MAX. Ikony stuzg jedynie do potwierdzania poziomdw i/lub wyswietlania powiadomien — nie
zastepujg codziennej kontroli.

Moduty przetwarzania BOND sg wyposazone w system oSwietlenia pojemnika zbiorczego (zob. System
o$wietlenia pojemnika zbiorczego (BOND-III) on page 34.
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Napetni¢ lub oprézni¢ pojemniki, gdy spetnione sg nastepujgce warunki:

« Oprozni¢ pojemniki na odpady, ktdre sg napetnione przynajmniej w potowie
« Napetni¢ pojemniki na odczynniki, ktdre sg napetnione mniej niz w potowie.

Zob. 12.2.2 - Uzupetnianie lub opréznianie pojemnikow zbiorczych.

od potrzeb, na poczatku kazdego dnia (czesciej, jesli jest to konieczne — zob.
powyzsze instrukcje). Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze doprowadzi¢ do
koniecznosci wstrzymania przebiegu, co moze negatywnie wptynac na barwienie.

f Sprawdzi¢ poziomy pojemnikow zbiorczych i opréznic lub napetnic je, w zaleznosci

12.2.2  Uzupetnianie lub oprdznianie pojemnikdw zbiorczych

Podczas kontroli poziomu pojemnikéw zbiorczych nalezy oprézni¢ pojemniki na odpady, ktdre sg zapetnione
powyzej potowy objetosci i napetni¢ pojemniki na odczynniki, ktdrych poziom wynosi mniej niz potowe
objetosci. Podczas napetniania lub oprdzniania pojemnikéw zbiorczych nalezy zawsze wycierac wszelkie
wycieki. Wyczys$ci¢ zewnetrzne powierzchnie pojemnikow i nakretek przed ponownym umieszczeniem

w urzadzeniu.

Zob. instrukcje oprdzniania i napetniania ponizej. W czesci 12.2.2.5 - Podczas przebiegdw znajdujg sie
instrukcje dotyczgce oprdzniania lub napetnienia pojemnika podczas przebiegu.

« 12.2.2.1 - Napetnianie zbiorczego pojemnika na odczynniki — BOND-III

o 12.2.2.2 - Oproznianie pojemnika na odpady niebezpieczne — BOND-III

o 12.2.2.3 - Oprdznianie standardowego pojemnika na odpady — BOND-III

« 12.2.2.4 - Oproznianie pojemnika na odpady niebezpieczne lub napetnianie zbiorczego pojemnika na
odczynniki — BOND-MAX

o 12.2.2.5 - Podczas przebiegdw

Instrukcje dotyczace oprdzniania zewnetrznego pojemnika BOND znajduja sie w czesci 12.2.4 - Zewnetrzny
pojemnik na odpady (tylko BOND-MAX).

Zawsze wktada¢ napetnione lub opréznione pojemniki do tych samych miejsc
w module przetwarzania. W przeciwnym razie moze dojs$¢ do zanieczyszczenia
odczynnikdéw i pogorszenia jakosci barwienia.

Nie zmieniaé typu odczynnika w zbiorczych pojemnikach na odczynniki.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do zanieczyszczenia i pogorszenia jakosci
barwienia.

> B>

Nie uzywac sity podczas ponownego montazu pojemnikdw zbiorczych
w odpowiedniej pozycji, poniewaz moze doj$¢ do uszkodzenia pojemnika i czujnika
cieczy.

12.2.2.1 Napetnianie zbiorczego pojemnika na odczynniki — BOND-III

Zbiorcze pojemniki na odczynniki BOND-III mozna napetnia¢ bez konieczno$ci wyjmowania z urzadzenia.
Nie ma potrzeby wyjmowania ich z przedziatu na pojemniki zbiorcze.
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1. Odkreci¢ nakretke zbiorczego pojemnika na odczynniki i napetni¢ pojemnik.
2. Gdy pojemnik jest petny, zatozy¢ nakretke i dokrecic.

w urzadzeniu BOND-III nalezy upewnic sie, Ze lejek jest czysty. W przeciwnym razie

f W przypadku stosowania lejka podczas wlewania odczynnika do pojemnikéw

moze dojs¢ do zanieczyszczenia odczynnikdw i pogorszenia jakosci barwienia.

12.2.2.2  Oprdznianie pojemnika na odpady niebezpieczne — BOND-III

1.

i AW

Upewni¢ sie, ze modut przetwarzania nie dziata. (Jesli podczas przebiegu wyswietla sie
powiadomienie, ze pojemnik na odpady jest petny, nalezy go opréznic zgodnie z ponizszymi
instrukcjami — zob. réwniez 12.2.2.5 - Podczas przebiegdw)

Wyciggnac¢ pojemnik z przedziatu na pojemniki zbiorcze.

Odkreci¢ nakretke i usung¢ odpady zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w placowce.

Zatozyc¢ nakretke i dokrecic.

Umiesci¢ pojemnik ponownie w urzadzeniu. Delikatnie wcisngé pojemnik do momentu, gdy ztacze
pojemnika wyréwna sie ze ztgczem z tytu obudowy. Nastepnie mocno popchna¢ pojemnik do
momentu catkowitego zaczepienia ztgcza, aby zapewnic szczelnos¢ potaczenia.

12.2.2.3 Oproznianie standardowego pojemnika na odpady — BOND-III

Urzadzenie posiada dwa standardowe pojemniki na odpady, dlatego mozna wyja¢ petny pojemnik (na
ekranie System status (stan systemu) przy ikonie tego pojemnika widnieje informacja o jego zapetnieniu)
w dowolnym momencie, nawet w trakcie przetwarzania (zob. 5.1.3.6 - Status pojemnika zbiorczego). Nie
wolno jednak wyjmowac obu zbiorczych pojemnikdw na odpady podczas pracy urzadzenia. Jesli pojemnik
nie jest oznaczony jako petny na ekranie System status (stan systemu) zaleca sie, aby poczekac na
zakonczenie przetwarzania przed wyjeciem pojemnika. Gdy juz mozna bezpiecznie wyjac zbiorczy pojemnik
na odpady, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami dotyczgcymi usuwania odpaddw niebezpiecznych
podanymi w punkcie (2) powyzej.

Posta¢ 12-1: Umieszczanie pojemnika na odpady w odpowiedniej pozycji
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12.2.2.4 Oprdznianie pojemnika na odpady niebezpieczne lub napetnianie zbiorczego
pojemnika na odczynniki — BOND-MAX

1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania nie dziata. (Jesli podczas przebiegu wyswietla sie
powiadomienie, ze pojemnik na odpady jest petny, nalezy go oprozni¢ zgodnie z ponizszymi
instrukcjami — zob. réwniez 12.2.2.5 - Podczas przebiegdw)

2. Wyciggna¢ pojemnik z przedziatu na pojemniki zbiorcze.

Posta¢ 12-2: Pojemnik na odpady niebezpieczne BOND-MAX (po lewej) i zbiorczy pojemnik na
odczynniki (po prawej)

Nr Nazwa

1 Nakretka do napetniania/oprozniania

2 Nakretka czujnika poziomu cieczy

3 Ztacze

3. Napetnianie lub oprdznianie pojemnika:
« Pojemnik na odpady: odkreci¢ nakretke do napetniania/oprdzniania (element 1 na Postac
12-2) i usung¢ odpady zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w placéwce.
« Zbiorczy pojemnik na odczynniki: umiesci¢ pojemnik na rownej powierzchni, odkrecic¢ nakretke
do napetniania/oprdzniania (element 1 na Postac 12-2) i napetnic¢ do poziomu dolnej czesci
szyjki, na ktorg wkreca sie nakretke.

moze ona ulec uszkodzeniu. Pojemniki zbiorcze nalezy oprézniac i napetniac

2 Nie zdejmowac nakretki czujnika poziomu cieczy z pojemnika zbiorczego, poniewaz
wytgcznie przez otwdr do napetniania/oprdzniania.

4. Zatozyc¢ nakretke i dokrecic.

5. Umiesci¢ pojemnik ponownie w urzadzeniu. Delikatnie wcisng¢ pojemnik do momentu, gdy zigcze
pojemnika wyréwna sie ze ztgczem z tytu obudowy. Nastepnie mocno popchna¢ pojemnik do
momentu catkowitego zaczepienia ztacza, aby zapewnic szczelno$¢ potaczenia.
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12.2.2.5 Podczas przebiegow

Jesli przeprowadzane sg codzienne kontrole pojemnikdéw zbiorczych (tgcznie z dodatkowg kontrolg przed
nocnym i wydtuzonym przebiegiem, a takze regularnymi dodatkowymi kontrolami w przypadku laboratoriow
o duzym obrocie), pojemniki na odpady nigdy nie powinny sie zapetni¢, a pojemniki na odczynniki nigdy nie
powinny sie catkowicie oprézni¢ podczas przetwarzania. Jesli jednak wystgpi ktérakolwiek z tych sytuaciji
podczas przebiegu, nalezy opréznic lub napetni¢ odpowiednie pojemniki. Nalezy przeczytac ponizsze
instrukcje, aby upewnic sie, ze procedura jest prawidtowa.

Pojemnik na odpady peiny — BOND-MAX

Jesli pojemnik na odpady bedzie prawie petny podczas przebiegu, na ekranie System status (stan
systemu) na ikonie odpowiedniego pojemnika zostanie wyswietlony symbol powiadomienia t" .

Nalezy natychmiast opréznic¢ pojemnik. Nalezy stosowac wszystkie standardowe $rodki ostroznosci

i przestrzegac procedur usuwania odpadéw obowigzujgce w placdwce. Poprzez szybkie dziatanie mozna
unikng¢ wstrzymania przebiegu pracy lub skréci¢ czas wstrzymania. Wstrzymanie przebiegu moze
skutkowac pogorszeniem jakosci barwienia.

Jesli w trakcie oprozniania pojemnika zostanie przerwany przebieg pracy lub praca bedzie kontynuowana do
momentu automatycznego zatrzymania modutu przetwarzania, na ikonie pojemnika pojawi sie symbol

alarmu £ (migajacy) lub symbol ostrzezenia . Oprézniony pojemnik nalezy jak najszybciej umiescic
ponownie w urzadzeniu, zwracajgc uwage na instrukcje i $rodki ostroznosci wymienione powyzej.

Wygenerowac raport dot. zdarzen podczas przebiegu, aby zobaczy¢ wptyw wstrzymania na przebieg.
Pojemnik na odczynniki pusty — BOND-MAX

Jesli pojemnik na odczynniki bedzie bliski oprdznienia, na ekranie System status (stan systemu) na ikonie

odpowiedniego pojemnika zostanie wys$wietlony symbol powiadomienia U .

1. Przej$¢ do ekranu Protocol status (status protokotu), aby wyswietli¢ biezace i kolejne etapy dla
kazdego przebiegu w module przetwarzania.

2. Jesli podczas jakiegokolwiek przebiegu uzywany jest zbiorczy pojemnik o niskim lub prawie zerowym
poziomie odczynnika, nalezy poczekac na zakonczenie etapow, w ktdrych wykorzystywany jest dany
odczynnik.

3. Po zakoriczeniu etapow, w ktdrych wykorzystywany jest dany odczynnik, nalezy wyja¢ pojemnik,
napeni¢ go i jak najszybciej umiesci¢ ponownie (przy zachowaniu wszystkich standardowych
$rodkéw ostroznosci).

Aby zaoszczedzi¢ czas, nie trzeba napetniac pojemnika do maksymalnego poziomu.

nalezy zawsze sprawdzac ekran Protocol status (status protokotu) i upewnic sie,
ze pojemnik nie jest uzywany ani nie bedzie wkroétce uzywany. Niezastosowanie sie
do tego wymogu moze skutkowac pogorszeniem jakosci przetwarzania szkietek.
Pojemnik nalezy umiesci¢ ponownie natychmiast po napetnieniu.

f Jesli pojemnik zbiorczy BOND-MAX wymaga napetnienia podczas przetwarzania,

Aby unikng¢ takiej sytuacji, nalezy codziennie sprawdzac poziomy cieczy
w pojemnikach zbiorczych (lub czesciej, jesli jest to wymagane — zob.
12.2.1 - Sprawdzanie pozioméw w pojemnikach).
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12.2.3  Czyszczenie pojemnikOw zbiorczych

Ponizsze procedury czyszczenia nalezy wykonywac co miesigc.

12.2.3.1 Pojemniki na ER1, ER2, BOND Wash i wode dejonizowang

1. Opréznic zbiorcze pojemniki na odczynniki ER1, ER2, BOND Wash i wode dejonizowana.

2. Umy¢ pojemniki, uzywajac detergentu przemystowego o silnym dziataniu, a nastepnie doktadnie
sptuka¢ wodg dejonizowana.

3. Pozostawi¢ pojemniki do wyschniecia, a nastepnie napetni¢ Swiezym odczynnikiem i umiesci¢
ponownie w urzadzeniu.

12.2.3.2  Pojemniki na srodek do odparafinowania i alkohol

1. Oproznic zbiorcze pojemniki na odczynniki ze Srodkiem do odparafinowania i alkoholem. Zutylizowac
$rodek do odparafinowania i alkohol w zbiorczych pojemnikach na odczynniki zgodnie z procedurami
obowigzujgcymi w placéwce.

2. WIac niewielkg ilos¢ $wiezego odczynnika do kazdego pojemnika i obraca¢ pojemnikiem tak, aby
sptukac wszelkie zanieczyszczenia ze Scian pojemnika. Po zakoriczeniu oprézni¢ pojemnik. Usung¢
odpady zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w placéwece.

Uwaga: Nigdy nie nalezy wlewa¢ wody ani detergentow do pojemnikéw z alkoholem lub $rodkiem
do odparafinowania.

3. Napetni¢ pojemnik zbiorczy $wiezym odczynnikiem i umiesci¢ ponownie w urzadzeniu.

12.2.3.3  Zbiorcze pojemniki na odpady

1. Usunac¢ wszystkie odpady z pojemnikdw. Usung¢ odpady zgodnie z procedurami obowigzujgcymi
w placéwce.

2. Wyczy$¢ pojemniki na odpady za pomoca roztworu wybielacza 0.5% (w/v) lub detergentu
przemystowego o silnym dziataniu i doktadnie sptuka¢ wodg dejonizowana.

3. Umiesci¢ pojemniki na odpady ponownie w urzadzeniu.
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12.2.4  Zewnetrzny pojemnik na odpady (tylko BOND-MAX)

Oprozniac 9-litrowy zewnetrzny pojemnik na odpady standardowe BOND-MAX na poczatku kazdego dnia
i sprawdzac poziom napetnienia przed rozpoczeciem nocnego lub wydtuzonego przebiegu. Oprdznic
pojemnik po osiggnieciu lub przekroczeniu potowy objetosci; biata linia pozioma na etykiecie pojemnika
oznacza potowe objetosci pojemnika — zob. Postac 12-3.

Nr Nazwa

1 Nakretka do napetniania/oprdzniania

2 Pojemnik wypetniony do potowy

Postac 12-3: 9-litrowy zewnetrzny pojemnik na odpady standardowe BOND-MAX
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Pojemnik nalezy czysci¢ co miesigc, podobnie jak w przypadku innych pojemnikéw zbiorczych (zob.
12.2.3 - Czyszczenie pojemnikow zbiorczych).

1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania nie dziata. (Jesli podczas przebiegu wyswietla sie
powiadomienie, ze pojemnik na odpady jest petny, nalezy go oprozni¢ zgodnie z ponizszymi
instrukcjami — zob. réwniez 12.2.2.5 - Podczas przebiegdw)

2. Pojemnik ma ztgcza podobne do tych pokazanych na Figure 12-4 (uwaga: niektdre ztgcza czujnika sa
czarne, a nie srebrne):

Figure 12-4: Zlgcza zewnetrznego pojemnika na odpady

Nr Nazwa

1 Ztgcze czujnika poziomu cieczy

2 Zlkgcze cieczy

i. Za pomoca kciuka podnies¢ czerwony zatrzask na ztgczu czujnika (1) i wyciggnaé ztacze z nasadki.
ii. Nacisng¢ metalowy przycisk na ztgczu cieczy (2) i wyciagnac ztacze z nasadki.

3. Aby oprdzni¢ pojemnik, nalezy odkreci¢ nakretke do napetniania/oprézniania. Nie zdejmowac nasadki
ze ztgczami. Usunac¢ odpady zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w placowce.

4. Umiesci¢ ponownie nakretke do napetniania/oprézniania i mocno dokrecié, a nastepnie umiescic

ponownie w module przetwarzania.

Wcisng¢ ztgcze cieczy z powrotem do nasadki do ustyszenia klikniecia.

. Ponownie podtaczy¢ ztgcze czujnika. Wepchnac ztgcze w dét do podstawy nasadki.

o v

Przed oprdznieniem pojemnika nalezy odtgczy¢ ztgcza czujnika i cieczy, aby unikngé

Petny zewnetrzny pojemnik na odpady jest ciezki.
Podczas oprdzniania zewnetrznego pojemnika na odpady nalezy stosowac
odpowiednie techniki podnoszenia.
A uszkodzenia.
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12.3  Szkietka nakrywkowe Covertile

Wyczyscic¢ szkietka nakrywkowe Covertile po kazdym uzyciu (do tego celu mozna uzyc statywu Leica
Biosystems Covertile Cleaning Rack). Szkietka nakrywkowe Covertile mogg by¢ uzywane wielokrotnie, do
25 razy, pod warunkiem, ze nie sg uszkodzone lub mocno odbarwione, a takze pod warunkiem, ze sg
prawidtowo czyszczone. W razie uszkodzenia lub pogorszenia jakosci barwienia nalezy wyrzucic szkietka
nakrywkowe Covertile.

12.3.1  Usuwanie pozostatosci DAB (opcjonalne)

1. Moczy¢ przez co najmniej 30 minut w $wiezym roztworze podchlorynu sodu w wodzie dejonizowanej
o stezeniu 0.5% m/V.

2. Wyijaci zanurzy¢ ponownie w Swiezej wodzie dejonizowanej; czynnos$¢ powtorzy¢ 10 razy.

3. Wykona¢ standardowg procedure czyszczenia (patrz ponizej).

12.3.2  Standardowe czyszczenie (obowigzkowe)

1. Namaczac przez co najmniej 10 minut w 100% roztworze IMS (przemystowy spirytus metylowy),
etanolu lub innego alkoholu odczynnikowego.

2. Mieszac przez 30 sekund i wyjac z roztworu.

3. Suszenie:
« wytrzec¢ do sucha $ciereczkg niepozostawiajgcg wtokien lub
« pozostawi¢ do wyschniecia.

4. Dokladnie sprawdzi¢ szkietka nakrywkowe Covertile pod katem peknie¢ lub odksztatcen. W razie
jakiegokolwiek uszkodzenia wyrzucic.

Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 271



12. Czyszczenie i konserwacja (BOND-III i BOND-MAX)

12.4  Zespot barwienia szkietek

>

Moduty przetwarzania wyposazone sg w podgrzewacze i gorgce powierzchnie, ktdre
moga tworzyc ryzyko zaptonu, jesli materiaty tatwopalne zostang umieszczone w
bliskiej odlegtosci:
« Nie umieszczac fatwopalnych materiatéw na podgrzewaczach ani w ich
poblizu.
« Nie umieszcza¢ materiatow tatwopalnych na jakichkolwiek goracych
powierzchniach modutu przetwarzania.
« Po ponownym napetnieniu lub oprdznieniu upewnic sie, ze wszystkie
pokrywy pojemnika zbiorczego sg prawidtowo zamkniete.

Unikac kontaktu z zespotami barwienia szkietek i podzespotami znajdujgcymi sie
w ich poblizu. Mogg one by¢ bardzo gorace i powodowac powazne oparzenia. Po
wytgczeniu odczekac dwadziescia minut, az zespoty barwienia szkietek i ich
otoczenie ostygna.

Nalezy czyscic okreslone elementy wylgcznie recznie. Aby unikng¢ uszkodzenia, nie
nalezy my¢ zadnego elementu w zmywarce. Nie czysci¢ zadnych czesci przy uzyciu
rozpuszczalnikow, srodkéw czyszczacych zawierajgcych substancje Scierne ani
szorstkich Sciereczek.

Przed czyszczeniem lub demontazem ptyty gérnej nalezy upewnic sie, ze roboty
odczynnikdéw zbiorczych (BOND-III) znajduja sie w pozycji wyjsciowej w tylnej
czesci urzadzenia i nie sg umieszczone wzdtuz zespotdw barwienia szkietek.

> B B|| B

Nie uzywac patyczkdw do uszu ani innych aplikatoréw z bawetniang korncdwka do
czyszczenia otwordw w bloku myjgcym lub stupkdw do odprowadzania wilgoci

w zespole barwienia szkietek, poniewaz koricdwka bawetniana moze sie oderwac
i zablokowac otwor.

Standardowe czyszczenie

Zespoty barwienia szkietek nalezy czyscic raz w tygodniu lub czesciej w przypadku widocznego
nagromadzenia brudu.

Uzywac niepozostawiajgcej widkien Sciereczki zwilzonej alkoholem o stezeniu 70% (jak najmniej wilgotnej).
W przypadku trudnosci z usunieciem osadu nalezy uzy¢ roztworu BOND Wash Solution (jak najmniejszej
iloéci), a nastepnie sptukac¢ wodg dejonizowana.

W przypadku BOND-III nalezy wytrze¢ szyne prowadzgcg robota odczynnikéw zbiorczych (element 3 na

Figure 12-6).

Otworzyc¢ ptyte gorng (zob. Zdejmowanie ptyty gérnej on page 274 na stronie 1) i wyczyscic:

« Podkiadki grzewcze

« Otwory drenazowe i stupki do odprowadzania wilgoci
« Obszary miedzy podktadkami grzewczymi

« Tace ociekowg wokot podkiadek
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Nalezy zawsze sprawdzac, czy w otworach drenazowych (oraz matych stupkach do odprowadzania wilgoci
na brzegach otwordw) nie ma ciat obcych oraz czy nie sg zarysowane ani uszkodzone. W przypadku
uszkodzenia tych lub innych elementéw zespotéw barwienia szkietek nalezy skontaktowac sie z dziatem
obstugi klienta.

l. i

ii”l

Nr Nazwa

Zaciski szkietek nakrywkowych Covertile

Otwor drenazowy i stupki do odprowadzania wilgoci

1
2
3 Podkfadki grzewcze
4

Taca ociekowa

Postac 12-5: Zespdt barwienia szkietek z otwartg ptytg gérna

Gdy ptyta gorna jest otwarta, nalezy sprawdzic zaciski szkietek nakrywkowych Covertile znajdujgce sie na
spodzie ptyty i upewnic sie, ze sprezyny poruszajg sie swobodnie. Jesli sprezyny zaciskowe nie odskakujg po
nacisnieciu, nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta w celu wymiany.
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Zdejmowanie plyty gornej

1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania jest w stanie bezczynnoéci i wytgczyc zasilanie.

2. Otworzy¢ ptyte gorna, naciskajac ja i przekrecajac niebieskie pokretta mocujgce na obu koncach ptyty
(element 1 na Figure 12-6 oraz Figure 12-7) o ¢wier¢ obrotu w lewo. Odchyli¢ ptyte goérng,
korzystajgc z zawiasow (patrzac w strone urzgdzenia, prawa strona gornej ptyty podniesie sie).

Nr Nazwa

1 Pokretta mocujace

2 Zawiasy przegubowe

3 Szyna prowadzaca robota odczynnikéw zbiorczych

Figure 12-6: Plyta gérna BOND-III

Nr Nazwa

1 Pokretta mocujgce

2 Zawiasy przegubowe

Figure 12-7: Ptyta gérna BOND-MAX
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3. Aby catkowicie zdjg¢ ptyte gorng (nie wymaga rutynowego czyszczenia), nalezy pociggnac za
sprezynowe taczniki przegubowe na kazdym koncu ptyty (element 2 na Figure 12-6 oraz Figure 12-7),
a nastepnie podniesc ptyte i zdjac jg z zespotu barwienia szkietek.

Figure 12-8: Zwalnianie facznika przegubowego ptyty gornej

12.4.0.1 Wymiana ptyty gornej

Uwaga: W przypadku urzadzenia BOND-III ptyty gorne zespotu barwienia szkietek s3 ponumerowane;
nalezy zawsze umieszcza¢ whasciwg ptyte gérng na odpowiednim zespole barwienia szkietek (patrzac
w strone urzadzenia zespdt barwienia szkietek po lewej stronie ma numer pierwszy).

1. Zlokalizowa¢ punkty przegubowe w zespole barwienia szkietek. Przytrzymac ptyte gorng w potozeniu
otwartym i umiesci¢ jeden z tgcznikéw przegubowych w punkcie przegubowym zespotu barwienia
szkietek.

2. Pociggnac¢ drugi tacznik obrotowy i umiescic¢ koniec ptytki w odpowiedniej pozycji, a nastepnie zwolni¢
facznik.

3. Zamkna¢ ptyte gorna, sprawdzajac, czy otwory na kazdym koncu ptyty prawidtowo zaczepiajg o kotki
ustalajgce.

4. Przytrzymac plyte gérng i przekreci¢ pokretta mocujgce w prawo. Powinny one mocno zacisngc sie po
przekreceniu o ¢wier¢ obrotu w prawo.
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12.4.1 Reczne odblokowanie zespotow barwienia szkietek

Kazdy zespdt barwienia szkietek moze by¢ odblokowany recznie, na przyktad w celu usuniecia szkietek
w przypadku awarii zasilania.

Zespoty barwienia szkietek zawierajg ruchome czesci, ktére mogg spowodowac
A powazne obrazenia. Przed przystgpieniem do recznego odblokowania zespotow
barwienia szkietek: wytgczy¢ modut przetwarzania za pomocg wytacznika zasilania,

wytgczyc zasilanie sieciowe i wyjg¢ wtyczke zasilania sieciowego z gniazda
$ciennego.

» 12.4.1.1 - BOND-III
» 12.4.1.2 - BOND-MAX

12.4.1.1 BOND-III

Modut pompy strzykawki (BOND-III) jest ciezki i moze przewrdcic sie w przdd po
zwolnieniu. Procedura ta powinna by¢ wykonywana wylgcznie przez operatorow,

ktorzy zostali ostrzezeni o potencjalnych zagrozeniach i odbyli odpowiednie
szkolenie.

Aby recznie odblokowac zespot barwienia szkietek w systemie BOND:

1. Wylaczyc¢ zasilanie sieciowe i wyjac przewod zasilajacy.

2. Odkreci¢ cztery $ruby z gniazdem szesciokatnym mocujgce pokrywe modutu strzykawki, uzywajac
dotaczonego klucza imbusowego 3 mm. Zdjgc pokrywe, aby uzyskac lepszy dostep do kotkow
zwalniajacych i uchwytu modutu.

3. Zlokalizowac dwa kotki zwalniajgce obok pierwszej i czwartej pompy strzykawki.

= G = e

Figure 12-9: Potozenie kotkdéw zwalniajgcych przy otwartej jednostce
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4. Pociggnac za dwa kotki w swojg strone, az do momentu ustyszenia klikniecia sygnalizujgcego
opuszczenie modutu. Nalezy uwazac, aby nie pociggnac ani nie $cisng¢ zadnych przewoddw ptynéw
na gtowicach strzykawek podczas przesuwania modutu do przodu.

5. Modut pompy strzykawki otworzy sie wystarczajgco, aby umozliwi¢ dostep do zespotéw barwienia

szkietek.

6. Zlokalizowac reczne pokretto zwalniajgce pod zespotem barwienia szkietek.

Figure 12-10: Reczne pokretto zwalniajgce

7. Obrdci¢ pokretto w kierunku pokazanym na Figure 12-10. Podczas obracania pokretta szkietka
nakrywkowe Covertile przesung sie nad szkietka, a caty zesp6t i taca przesung sie w gore.

8. Kontynuowac obracanie pokretta zwalniajgcego az do oporu. W tym momencie powinno by¢ mozliwe
wyjecie tacy na szkietka z zespotu.

9. Szkietka nalezy przechowywac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w placowce.

10. Delikatnie wepchng¢ modut pompy strzykawki na swoje miejsce, uwazajgc, aby nie pociggnac ani nie
$cisng¢ zadnych przewodow ptyndw na gtowicach strzykawek.

11.Upewnic sie, ze dwa kotki po obu stronach modutu powrdca na swoje miejsce (klikniecie oznacza
zablokowanie w odpowiednim miejscu).

A

Upewni¢ sie, ze modut strzykawki (BOND-III) jest catkowicie zamkniety przed
rozpoczeciem przebiegu lub inicjalizacjg modutu przetwarzania. W przeciwnym razie
moze doj$¢ do uszkodzenia strzykawek podczas pracy.

12.Zamocowac ostone modutu strzykawki i zabezpieczy¢ za pomoca czterech Srub z gniazdem
szesciokatnym.

Przed wtgczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ Protocol status (status protokotu) (zob. 5.2 - Ekran
statusu protokotu).

Po wigczeniu modutu przetwarzania przeprowadzana jest inicjalizacja, a nastepnie modut sprawdza stan
zespotdw i podejmuje wszelkie dziatania niezbedne do rozpoczecia pracy.

Po inicjalizacji stan zespotu barwienia szkietek zostanie odblokowany i na ekranie statusu protokotu nie beda
wyswietlane zadne kroki. Mozliwe jest zakonczenie przetwarzania w systemie BOND-III lub reczne
ukonczenie pozostatych krokow.
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12.4.1.2 BOND-MAX

Aby recznie odblokowac zespdt barwienia szkietek w systemie BOND-MAX, nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci:
1. Wylgczyc¢ zasilanie sieciowe i wyjgc przewod zasilajacy.
Otworzy¢ drzwi pojemnikow zbiorczych i wyja¢ pojemniki zbiorcze.
Wysungc¢ tace znajdujaca sie w gornej czesci przedziatu na pojemniki zbiorcze.
Zlokalizowac reczne pokretto zwalniajgce (zob. Figure 12-10) pod zespotem barwienia szkietek.

Obrdci¢ pokretto w kierunku pokazanym na Figure 12-10. Podczas obracania pokretta szkietka
nakrywkowe Covertile powinny przesungc¢ sie nad szkietka, a caty zespot i taca przesung sie w gore.

6. Kontynuowac obracanie pokretta zwalniajgcego az do oporu. W tym momencie powinno by¢ mozliwe
wyjecie tacy na szkietka z zespotu.

7. Szkietka nalezy przechowywac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w placéwce.

8. W razie potrzeby wyczysci¢ dolne i gorne tace ociekowe, a nastepnie ponownie wiozy¢ gorng tace do
przedziatu na pojemniki zbiorcze — koniec tacy zakrzywiony pod katem 45 stopni umieszczany jest
z przodu; zakrzywiona czes$¢ skierowana jest w gore.

9. Ponownie wiozy¢ pojemniki zbiorcze.

10. Zamkna¢ drzwi przedziatu na pojemniki zbiorcze.

v kW

Przed wtgczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ Protocol status (status protokotu) (zob. 5.2 - Ekran
statusu protokotu).

Po wigczeniu modutu przetwarzania przeprowadzana jest inicjalizacja, a nastepnie modut sprawdza stan
zespotow i podejmuje wszelkie dziatania niezbedne do rozpoczecia pracy.

Po inicjalizacji stan zespotu barwienia szkietek zostanie odblokowany i na ekranie statusu protokotu nie beda
wys$wietlane zadne kroki. Mozliwe jest zakonczenie przetwarzania w systemie BOND-MAX lub reczne
ukonczenie pozostatych krokdw.

12.5 Ponowne uruchamianie modutu przetwarzania

Kazdy modut przetwarzania powinien by¢ wytgczany i uruchamiany ponownie raz w tygodniu. Dzieki temu
modut przetwarzania moze przeprowadzi¢ samodzielng diagnostyke systemu.

Jednostanowiskowy kontroler BOND nie musi by¢ wytaczany i uruchamiany regularnie. Jednak w przypadku
zauwazalnego spowolnienia dziatania oprogramowania BOND moze by¢ konieczne ponowne uruchomienie
kontrolera z poziomu menu Start systemu Windows.

W przypadku posiadania systemu BOND-ADVANCE nalezy zapoznac sie z czescig 16.1 - Ponowne
uruchamianie systemu BOND-ADVANCE.

Modut przetwarzania

W przypadku modutéw przetwarzania nalezy upewnic sie, ze nie ma zatadowanych, zaplanowanych ani
trwajacych przebiegdw, a nastepnie wylgczy¢ go za pomocg wytgcznika zasilania po prawej stronie
urzadzenia. Odczekac 30 sekund, a nastepnie ponownie wigczy¢. Podczas uruchamiania system BOND
zalewa uktad ptyndw i przeprowadza szereg testéw systemowych (zob. 2.2.2 - Inicjalizacja modutu

przetwarzania).

Uwaga: mozna wykonac czeSciowe zalewanie uktadu ptyndw bez wylgczania modutu przetwarzania (zob.
- Czyszczenie uktadu ptyndw).
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Czyszczenie ukiadu plynéw

Nacisniecie przycisku Clean fluidics (wyczys¢ uktad ptyndw) na ekranie Maintenance (konserwacja)
powoduje zalewanie przewoddw w uktadzie ptynéw z pojemnikdw zbiorczych (czes¢ inicjalizacji modutu
roboczego przy uruchamianiu). Te procedure nalezy uruchomi¢ w przypadku podejrzenia niedroznosci lub
obecnosci powietrza w uktadzie podawania ptynéw.

1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania jest w stanie bezczynnosci i nie ma zatadowanych,
zaplanowanych ani trwajacych przebiegow.

2. W przypadku klienta klinicznego nalezy wybrac karte modutu przetwarzania, aby wyswietli¢ ekran
System status (stan systemu).

3. Klikng¢ karte Maintenance (konserwacja), a nastepnie przycisk Clean fluidics (wyczy$¢ uktad
ptynéw).

4. Kliknac Yes (tak) w oknie z potwierdzeniem.

5. Uklad ptyndw jest zalewany, co moze zajgc kilka minut.
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12.6 Sonda aspiracyjna

Sonda aspiracyjna jest automatycznie czyszczona w bloku myjacym przed i po kontakcie z kazdym
odczynnikiem w ramach normalnego przebiegu pracy. Jednakze nalezy wykonywac dodatkowe
cotygodniowe wycieranie i czyszczenie przy uzyciu systemu czyszczenia BOND Aspirating Probe Cleaning
System. Odczynniki systemu czyszczenia sg zoptymalizowane pod katem pracy z systemem BOND,

a oprogramowanie BOND wykorzystuje protokdt czyszczenia opracowany w celu uzyskania maksymalnej
wydajnosci mycia. Oprogramowanie BOND ostrzega uzytkownikdw o zblizajgcej sie koniecznosci
czyszczenia i wymiany sondy.

Moze dojs¢ do zmiany ustawienia robota, co doprowadzi do nieprawidtowego

f Nie przesuwac ramienia gtdwnego robota, gdy modut przetwarzania jest wigczony.
barwienia.

Jesli ustawienie robota ulegto zmianie: wytaczy¢ urzadzenie, odczekac 30 sekund,
a nastepnie ponownie je uruchomic.

Zob.

e 12.6.1 - Czyszczenie sondy aspiracyjnej
« 12.6.2 - Wymiana sondy aspiracyjnej

12.6.1  Czyszczenie sondy aspiracyjnej

Zawsze wytgcza¢ modut przetwarzania przed czyszczeniem i uwazaé, aby nie zgina¢ sondy. Raz w tygodniu
przetrze¢ zewnetrzng powierzchnie sondy aspiracyjnej roztworem alkoholu o stezeniu 70% za pomocg
Sciereczki niepozostawiajacej wtdkien lub gazika nasgczonego alkoholem. Sprawdzi¢, czy przewody
podtgczone do sondy aspiracyjnej nie sg pozginane oraz upewnic sie, ze wewnatrz przewodow nie ma
zadnych przedmiotéw. Przewody powinny by¢ czyste.

Oprogramowanie BOND informuje o koniecznosci wyczyszczenia sondy za pomocg systemu

czyszczenia BOND Aspirating Probe Cleaning System po przetworzeniu 300 szkietek (zob. -
12.6.1.1 - Uruchamianie procesu czyszczenia sondy aspiracyjnej). Licznik zostanie automatycznie —-—
zresetowany po zakonczeniu czyszczenia lub wymianie sondy.

Systemy czyszczenia BOND Aspirating Probe Cleaning System nalezy zarejestrowac w systemie BOND w taki
sam sposodb, jak systemy detekcji (zob. 8.3.3 - Rejestrowanie odczynnikdw i systemoéw odczynnikdw).
Oprogramowanie przechowuje dane dotyczace korzystania z systemu czyszczenia, umozliwiajac
przeprowadzenie 15 procesdw czyszczenia dla kazdego systemu.

Aby utrzymac skuteczno$¢ odczynnikow w systemach czyszczacych, nalezy je umieszcza¢ w modutach
przetwarzania tylko wtedy, gdy majg by¢ uzywane. Nie mozna wyczysci¢ sondy aspiracyjnej, gdy
jakiekolwiek inne odczynniki lub systemy odczynnikdw sg zatadowane do urzgdzenia. Nie mozna rowniez
rozpoczac przetwarzania szkietek, gdy system czyszczenia jest zatadowany do urzadzenia.

12.6.1.1 Uruchamianie procesu czyszczenia sondy aspiracyjnej

Aby wyczyscic¢ sonde aspiracyjng za pomocg systemu czyszczenia BOND Aspirating Probe Cleaning System,
nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi instrukcjami.

Procedura czyszczenia trwa okoto 20 minut.
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1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania jest w stanie bezczynnosci i nie ma zatadowanych,
zaplanowanych ani trwajacych przebiegdéw.
2. Wyjac wszystkie tace na odczynniki lub system odczynnikéw z modutu przetwarzania.

3. Wiozyc system czyszczenia BOND Aspirating Probe Cleaning System do tacy na odczynniki w module
przetwarzania.

4. W przypadku klienta klinicznego nalezy wybrac karte modutu przetwarzania, aby wyswietli¢ ekran
System status (stan systemu).

5. Kliknac¢ karte Maintenance (konserwacja), a nastepnie klikng¢ przycisk Clean aspirating probe
(wyczys¢ sonde aspiracyjng).

6. Klikna¢ Yes (tak), aby rozpoczac¢ czyszczenie.
Rozpoczyna sie procedura czyszczenia, co symbolizuje ikona czyszczenia na karcie modutu
przetwarzania.

7. Poczekaé na wyswietlenie powiadomienia o zakonczeniu czyszczenia.

8. Wyjac system czyszczenia BOND Aspirating Probe Cleaning System z tacy na odczynniki.

9. Klikng¢ OK w oknie dialogowym Cleaning complete (czyszczenie zakonczone), aby kontynuowaé

normalng prace.
12.6.2 Wymiana sondy aspiracyjnej

Oprogramowanie BOND informuje o koniecznosci wymiany sondy aspiracyjnej po kazdym
przetworzeniu 7800 szkietek. Zob. 5.1.2 - Status urzadzenia.

Jesli preferowana jest wymiana sondy aspiracyjnej przez inzyniera serwisu Leica Biosystems,
nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta. Mozna réwniez wymienic¢ sonde aspiracyjng

samodzielnie, zgodnie z opisem ponizej.

Do wymiany sondy aspiracyjnej nie sg potrzebne narzedzia.

12.6.2.1 Demontaz sondy aspiracyjnej

Posta¢ 12-11: Zespét sondy aspiracyjnej:

Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 281



12. Czyszczenie i konserwacja (BOND-III i BOND-MAX)

Nr Nazwa

1 Przewdd sondy aspiracyjnej

2 Zkgcze

3 Statyw sondy aspiracyjnej

4 Blok izolatora ze $rubg radetkowang w czesci tylnej
5 Sonda aspiracyjna

Zdemontowac zesp6t sondy aspiracyjnej w nastepujacy sposob:

1.

Upewnic sie, ze modut przetwarzania jest w stanie bezczynnosci i nie ma zatadowanych,
zaplanowanych ani trwajgcych przebiegéw.
W przypadku klienta klinicznego nalezy wybrac karte modutu przetwarzania, aby wyswietli¢ ekran
System status (stan systemu).
Klikng¢ karte Maintenance (konserwacja), a nastepnie klikng¢ przycisk Replace aspirating
probe (wymien sonde aspiracyjng).
Uwaznie przeczytac instrukcje w oknie dialogowym Replace aspirating probe, a nastepnie klikngé
Yes (tak), aby kontynuowac.
Modut przetwarzania przygotowuje teraz uktad ptynéow do wymiany sondy aspiracyjnej.
Po zakonczeniu przygotowania uktadu ptyndw (moze to potrwaé dtuzszg chwile) modut

A/
przetwarzania odtgczy sie od oprogramowania, co symbolizuje ikona L w karcie Status
screen (ekran statusu).

Wylaczy¢ modut roboczy i otworzy¢ pokrywe.
Przetrze¢ koncdwke sondy chusteczka, aby usuna¢ wilgoc lub krople.

Catkowicie poluzowac $rube radetkowang w tylnej czesci bloku izolatora (nie mozna wyjmowac
sruby). Zob. zdjecie na nastepnej stronie.

Jesli Sruba radetkowana nie zostanie catkowicie poluzowana, moze doj$¢ do uszkodzenia powtoki
teflonowej na sondzie aspiracyjnej.

Trzymac odstonietg koncoéwke ponizej bloku izolatora i delikatnie popchnac w gére, aby upewnié sie,
ze jest poluzowana.

Nie wolno gwattownie wyciggac przewodu z gérnej czesci statywu sondy aspiracyjnej (element 3 na
Postac 12-11), poniewaz moze to skutkowac odtgczeniem przewodu od koncowki.

10.Gdy sonda jest poluzowana, delikatnie przeciggna¢ przewdd ku gorze przez zacisk sondy aspiracyjnej

i wyjac.

11. Odkreci¢ ztgcze przewodu sondy aspiracyjnej (poz. 2 na Postac 12-11) od ,fancucha” po lewej stronie

ramienia robota.
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12.6.2.2 Montaz nowej sondy aspiracyjnej

Montaz sondy aspiracyjnej jest kluczowym zadaniem. Jesli sonda nie zostanie prawidtowo zamontowana,
moze to skutkowac nieprawidtowym barwieniem. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych
wykonywania tej czynnosci nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.

Legenda

1 2mm

2 sruba radetkowana

Postac 12-12: Regulacja sondy aspiracyjnej

Zamontowac nowy zespot sondy aspiracyjnej w nastepujgcy sposob, uwazajac, aby nie uszkodzi¢ koncowki
teflonowej:
1. Upewnic sie, ze statyw sondy aspiracyjnej jest catkowicie podniesiony.
2. Ostroznie wyjg¢ nowg sonde aspiracyjng z opakowania ochronnego.
3. Wkiadac sonde aspiracyjng przez gorng czes¢ statywu sondy aspiracyjnej, az koncéwka sondy
aspiracyjnej wysunie sie z bloku izolatora, a nastepnie zatrzymac.
W przypadku trudnosci podczas umieszczania sondy nalezy sprawdzié, czy Sruba radetkowana jest
poluzowana i zmienic potozenie sondy, az wsunie sie prawidtowo. Uzycie sity nie powinno by¢
konieczne.
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4. Przytrzymac statyw sondy aspiracyjnej jedng reka, a drugg reka chwyci¢ koncéwke sondy
aspiracyjnej.
Powoli, ale stanowczo ciggna¢ sonde w dét az do zatrzymania.

W gornej czesci sondy powinien by¢ widoczny odcinek ze stali nierdzewnej o dtugosci okoto 2 mm
(po prawej), pomiedzy powtoka teflonowa na sondzie a przewodem u podstawy bloku izolatora.

5. Wcigz przytrzymujac sonde aspiracyjng, dokrecic¢ Srube radetkowang z tytu bloku izolatora (element 4
na Postac 12-11). Dokreci¢ palcami.

Nie dokrecac zbyt mocno, poniewaz moze to uszkodzi¢ sonde aspiracyjna.

Ostroznie sprawdzi¢, czy sonde aspiracyjng mozna obrdci¢ lub przesung¢ w gore lub w dét. Nie
powinna sie poruszac.

Spojrze¢ na sonde z przodu i z boku, aby upewnic sie, ze jest ona umieszczona pionowo we
wszystkich pfaszczyznach. Jesli sonda nie jest w pozycji pionowej, poluzowac Srube radetkowang
i sprawdzi¢ ponownie, czy sonda jest prawidtowo osadzona. Jesli sonda nadal nie jest utozona
pionowo, tzn. jest zgieta, wymienic jg na nowa.

6. Wkrecic ztgcze przewodu sondy aspiracyjnej (element 2 na Posta¢ 12-11) do bloku ,faricuchowego”
i dokreci¢ palcami. Nie dokrecac zbyt mocno.

7. Upewnic sie, ze statyw sondy aspiracyjnej jest catkowicie podniesiony, a nastepnie wtgczy¢ modut
przetwarzania. Modut przetwarzania zalewa system podczas uruchamiania — sprawdzi¢ potgczenia
i koncowke sondy, aby upewnic sie, ze podczas zalewania ptyn nie wycieka z systemu.

8. Po wymianie sondy aspiracyjnej klikng¢ Yes (tak) w oknie dialogowym w celu potwierdzenia.
W przypadku braku pewnosci, czy nowa sonda aspiracyjna jest prawidtowo zamontowana, klikngc
No (nie) i skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.

9. Aby sprawdzi¢, czy nowa sonda aspiracyjna zostata prawidtowo zamontowana, nalezy uruchomic
przebieg z udziatem tkanek testowych lub tkanek kontrolnych, aby sprawdzi¢, czy uzyskano
odpowiednie wybarwienie.
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12.7 Blok myjacy i stacja mieszania

Stacja mieszania zawiera sze$¢ wnek do mieszania odczynnikéw. Pasuje jako wkiad do bloku myjacego.

=4
— | DOOOCH—
) ]l
Postac 12-13: Blok myjgcy z obszarem mycia (1) i stacjg mieszania (2), widok z géry

Niektdre odczynniki stosowane w immunohistochemii i hybrydyzacji in situ sg
niebezpieczne. Przed wykonaniem dalszych czynnosci nalezy odby¢ odpowiednie

szkolenie dotyczace bezpieczenstwa.

Regularnie sprawdzac¢ stacje mieszania pod katem odbarwien i kontrolowac jej ogdlny stan, a w razie
potrzeby wymieni¢. Wymieniac stacje co miesigc w ramach normalnej konserwacji. Przed wyjeciem stacji
nalezy upewnic sie, ze wszystkie przebiegi zostaty zakonczone.

Aby wyjgc stacje mieszania, chwyci¢ zaktadke znajdujgcy sie z tytu stacji mieszania i uniesc.
Czyszczenie stacji mieszania

Stacji mieszania mozna uzywac wielokrotnie do czasu comiesiecznej wymiany, pod warunkiem, ze nie jest
ona uszkodzona lub mocno odbarwiona i ze jest ona odpowiednio czyszczona.

1. Jedli stacja wymaga czyszczenia, moczy¢ przez co najmniej 30 minut w $wiezym roztworze
podchlorynu sodu w wodzie dejonizowanej o stezeniu 0.5% m/V.

Wyjac i zanurzy¢ ponownie w $wiezej wodzie dejonizowanej; czynno$¢ powtdrzy¢ 10 razy.
Namaczaé przez co najmniej 10 minut w alkoholu odczynnikowym.

Mieszac przez 30 sekund i wyjac.

Pozostawi¢ do wyschniecia.

v AW

Czyszczenie bloku myjacego

Raz w tygodniu czysci¢ blok myjacy za pomoca Sciereczki niepozostawiajgcej widkien.

czyszczenia otworow w bloku myjgcym — koncoéwka bawetniana moze sie oderwac

C Nie uzywac patyczkow do uszu ani innych aplikatorow z bawetniang koncowka do
i zablokowac otwor.

12.8 Ostony, drzwi i pokrywy

Ostony, drzwi (jesli s3 zamontowane) i pokrywe modutu przetwarzania nalezy czyscic co tydzien za pomoca
odkurzacza lub Sciereczki.

Nie uzywac srodkdw czyszczacych; mozna uzyc¢ Sciereczki nasgczonej wodg do przetarcia oston, drzwi
i pokrywy, aby zapobiec nagromadzeniu sie brudu.

Jesli jakiekolwiek ostony, drzwi lub pokrywa ulegng znieksztatceniu lub uszkodzeniu, nalezy skontaktowac
sie z dziatem obstugi klienta w celu wymiany.
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12.9 Czytnik ID

Okno czytnika ID na ramieniu gtéwnego robota musi by¢ utrzymywane w czystosci, aby zapewnic¢
prawidtowg identyfikacje szkietek. Co tydzien lub jesli rejestrator czesto nie wykonuje prawidtowego
obrazowania, wyczyscic¢ okno Sciereczkg niepozostawiajacg widkien nasgczong roztworem alkoholu

o stezeniu 70%.

Postac 12-14: Czytnik ID
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12.10 Tace ociekowe

Tace ociekowe nalezy czysci¢ co miesigc lub czesciej, jesli doszto do rozlania odczynnika lub odpaddw.
W przypadku stwierdzenia nadmiernego rozlania lub nagromadzenia sie soli na tacach nalezy skontaktowac
sie z dziatem obstugi klienta.

o 12.10.1 - Tace ociekowe do pojemnikdw zbiorczych BOND-III

o 12.10.2 - Taca ociekowa urzadzenia BOND-III
« 12.10.3 - Taca ociekowa do pojemnikdw zbiorczych BOND-MAX

12.10.1 Tace ociekowe do pojemnikéw zbiorczych BOND-III

BOND-III wyposazony jest w dwie tace ociekowe do pojemnikéw zbiorczych znajdujace sie pod
pojemnikami zbiorczymi na gérnym i dolnym poziomie urzadzenia.
Aby wyczyscic tace ociekowe do pojemnikéw zbiorczych BOND-III, nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania nie dziata.
2. Wyjac wszystkie pojemniki zbiorcze.
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3. Zdjac czarne ostony chronigce czujniki masy kazdego pojemnika zbiorczego (zob. Figure 12-15).
Przetrzec¢ kazdg ostone Sciereczkg lub gazg nasgczong roztworem alkoholu o stezeniu 70%.

goo0nunn

Figure 12-15: Tace ociekowe do pojemnikéw zbiorczych BOND-III z widocznymi
ostonami czujnikdw masy

4. Przetrzec tace ociekowe roztworem alkoholu o stezeniu 70%. Unikac¢ kontaktu z odstonietymi
metalowymi czujnikami masy.

5. Osuszyc tace ociekowe recznikiem papierowym.

6. Przetrze¢ wszystkie pojemniki zbiorcze i umiesci¢ je ponownie w odpowiednich pozycjach.
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12.10.2 Taca ociekowa urzgdzenia BOND-III

BOND-III posiada trzecig tace ociekowg znajdujaca sie pod urzadzeniem, widoczng na Postaé 12-16 ponize;j.

Posta¢ 12-16: Taca ociekowa urzadzenia BOND-III

Aby uzyskac dostep do tacy ociekowej urzadzenia, nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
1. Zlokalizowa¢ tace ociekowa pod urzagdzeniem (zob. Posta¢ 12-16) i wyciggnac tace. Przytrzymac tace
dwiema rekami, aby zapobiec rozlaniu ptynu.
2. Wyla¢ zawartos¢ tacy i usung¢ odpady zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w placowce.

Uwaga: Taca posiada korytko w tylnym narozniku, ktére utatwia wylewanie ptynu i zapobiega
rozlaniu.

3. Przetrzec tace roztworem alkoholu o stezeniu 70%, a nastepnie wiozy¢ z powrotem w odpowiednie
miejsce.

12.10.3 Taca ociekowa do pojemnikéw zbiorczych BOND-MAX

BOND-MAX posiada jedng tace ociekowg znajdujaca sie pod pojemnikami zbiorczymi w przedziale na
pojemniki zbiorcze.

Aby wyczyscic tace ociekowg do pojemnikdw zbiorczych, nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania nie dziata i wyjac wszystkie pojemniki zbiorcze.

2. Wyciagnac tace ociekowa i przetrze¢ Sciereczka lub gazag nasgczong roztworem alkoholu o stezeniu
70%.

3. Osuszy¢ tace ociekowg papierowym recznikiem i wtozy¢ z powrotem w odpowiednie miejsce
(zakrzywiona krawedz musi znajdowac sie z przodu urzadzenia).

4. Przetrze¢ wszystkie pojemniki zbiorcze i umiescic je ponownie w odpowiednich pozycjach.
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12.11 Tace na szkietka

Tace na szkietka nalezy raz w miesigcu umyc¢ ciepta woda z mydtem i sptukac biezacg woda. Przed uzyciem
nalezy zawsze upewnic sie, Ze tace na szkietka sg suche. Wymieni¢ zdeformowane lub uszkodzone tace.

12.12 Sondy robota odczynnikow zbiorczych (tylko
BOND-III)

Sonda na kazdym robocie odczynnikdw zbiorczych wymaga comiesiecznego czyszczenia roztworem alkoholu
o stezeniu 70% za pomocg Sciereczki niepozostawiajgcej widkien lub gazika nasgczonego alkoholem.

Podczas czyszczenia nalezy skontrolowac sondy pod katem nieprawidtowosci i w razie potrzeby wymienic.

o 12.12.1 - Czyszczenie sond robota odczynnikdw zbiorczych
« 12.12.2 - Wymiana sond robota odczynnikdw zbiorczych

12.12.1 Czyszczenie sond robota odczynnikdw zbiorczych

Co miesigc nalezy czysci¢ sondy dozujgce robota odczynnikdw zbiorczych, uwazajac, aby nie zginac sond.

szkietek, zapewniajgc dostep do czyszczenia. Procedura ta powinna by¢
wykonywana wytgcznie przez operatorow, ktorzy zostali ostrzezeni o potencjalnych
zagrozeniach i odbyli odpowiednie szkolenie.

f Roboty odczynnikéw zbiorczych przemieszczajg sie wzdtuz zespotéw barwienia

1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania jest w stanie bezczynnosci i nie ma zatadowanych,
zaplanowanych ani trwajacych przebiegdéw.

2. W przypadku klienta klinicznego nalezy wybra¢ karte modutu przetwarzania, aby wyswietli¢ ekran
System status (stan systemu).

3. Klikng¢ karte Maintenance (konserwacja), a nastepnie przycisk Clean bulk fluid robot probes
(wyczys¢ sondy robota odczynnikéw zbiorczych).
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4. Uwaznie przeczytac instrukcje w oknie dialogowym Clean bulk fluid robot probes (wyczys¢ sondy
robota odczynnikdw zbiorczych), zablokowac wszystkie tace na szkietka i klikng¢ Yes (tak), aby
kontynuowac.

Nr Nazwa

1 Ztacze sondy
2 Sonda

Figure 12-17: Przetrze¢ wszystkie trzy sondy robota odczynnikéw zbiorczych roztworem alkoholu
o stezeniu 70% (sonda jest wskazana strzatka)

5. Gdy wszystkie trzy roboty odczynnikéw zbiorczych przesung sie na przdd urzadzenia, nalezy je
wytaczyc.

6. Delikatnie wyczysci¢ sondy roztworem alkoholu o stezeniu 70% za pomocg miekkiej Sciereczki lub
gazika nasgczonego alkoholem.
Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby nie zaburzy¢ prawidtowego utozenia sond.

7. W oknie dialogowym wybrac¢ roboty odczynnikdw zbiorczych, ktore zostaty pomysinie wyczyszczone,
a nastepnie klikng¢ Done (gotowe). Jesli zaden z robotéw nie byt czyszczony, klikng¢ przycisk None
were cleaned (zaden nie byt czyszczony).

8. Uruchomi¢ ponownie modut przetwarzania. Podczas inicjalizacji roboty odczynnikdéw zbiorczych
wrocg do pozycji wyjsciowej z tytu urzadzenia.
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12.12.2 Wymiana sond robota odczynnikow zbiorczych

Jesli preferowana jest wymiana sond robota odczynnikow zbiorczych przez inzyniera serwisu Leica
Biosystems, nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta. Mozna réwniez wymieni¢ sondy robota
odczynnikéw zbiorczych samodzielnie, zgodnie z opisem ponizej.

1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania jest w stanie bezczynnosci i nie ma zatadowanych,
zaplanowanych ani trwajacych przebiegdéw.

2. W przypadku klienta klinicznego nalezy wybrac karte modutu przetwarzania, aby wyswietli¢ ekran
System status (stan systemu).

3. Klikng¢ karte Maintenance (konserwacja), a nastepnie przycisk Replace bulk fluid robot
probes (wymien sondy robota odczynnikéw zbiorczych).

4. Uwaznie przeczytac instrukcje w oknie dialogowym Replace bulk fluid robot probes (wymien
sondy robota odczynnikdw zbiorczych), zablokowac wszystkie tace na szkietka i klikng¢ Yes (tak),
aby kontynuowac.

Wszystkie trzy roboty odczynnikdw zbiorczych przesung sie do pozycji 10 z przodu urzadzenia.

5. Wytgczy¢ modut przetwarzania.

6. Odkreci¢ ztgcze przewodu sondy, ktorg nalezy wymienic i pociggnac sonde w gére, wyciggajac ja
z robota odczynnikdw zbiorczych (zob. Figure 12-17).

7. Wiozy¢ nowg sonde do obudowy i dokreci¢ palcami ztgcze przewodu sondy.

W razie potrzeby powtdrzy¢ czynnosci dla innych sond.

9. Wigczy¢ modut przetwarzania. Podczas inicjalizacji roboty odczynnikéw zbiorczych wrécg do pozycji
wyijsciowej z tytu urzadzenia.

10. Po zakonczeniu inicjalizacji pojawi sie okno dialogowe. Wybra¢ sondy robota odczynnikéw zbiorczych,
ktdére zostaty pomysinie wymienione, a nastepnie klikng¢ Done (gotowe). Jesli nie wymieniono
zadnej strzykawki, klikng¢ przycisk None were replaced (nie wymieniono zadnej).

11. Aby sprawdzi¢, czy nowe sondy robota odczynnikéw zbiorczych zostaty prawidtowo zamontowane,
nalezy uruchomic przebieg z udziatem tkanek testowych lub tkanek kontrolnych, aby sprawdzi¢, czy
uzyskano odpowiednie wybarwienie.

©
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12.13 Strzykawki

Oprogramowanie BOND informuje o koniecznosci wymiany strzykawki (BOND-MAX) lub
strzykawek (BOND-III) co sze$¢ miesiecy lub po przetworzeniu 7800 szkietek, zaleznie od tego, co &
nastgpi wczesniej (zob. 5.1.2 - Status urzadzenia). —

Strzykawki, zwtaszcza w gornej czesci i pod trzpieniem, nalezy sprawdzac pod katem wyciekéw raz

w tygodniu podczas inicjalizacji lub podczas procedury czyszczenia uktadu ptyndw (zob. 12.5 - Ponowne
uruchamianie modutu przetwarzania). Dodatkowo sprawdzi¢ podtgczone przewody i ztgcza. Wymienié¢
w razie jakichkolwiek wyciekéw.

Jesli preferowana jest wymiana strzykawek przez inzyniera serwisu Leica Biosystems, nalezy skontaktowac
sie z dziatem obstugi klienta. Mozna rowniez wymienic strzykawki samodzielnie, zgodnie z opisem ponizej.

Zawsze nosic¢ odziez ochronng i rekawice ochronne.
=
=

-”

- -

« 12.13.1 - Wymiana BOND-III strzykawek
o 12.13.2 - Wymiana strzykawki 9-portowej BOND-MAX

12.13.1 Wymiana BOND-III strzykawek

Wszystkie strzykawki nalezy wymienia¢ w tym samym czasie, chyba ze wymiana dotyczy pojedynczej
uszkodzonej strzykawki, ktora byta niedawno wymieniana.

1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania jest w stanie bezczynnosci (nie ma zatadowanych ani
zaplanowanych przebiegow).

2. W przypadku klienta klinicznego nalezy wybrac karte modutu przetwarzania, aby wys$wietli¢ ekran
System status (stan systemu).

3. Klikna¢ karte Maintenance (konserwacja), a nastepnie klikna¢ przycisk Replace syringe (wymien
strzykawke).

4. Przeczytac instrukcje i klikngé Yes (tak).
Modut przetwarzania usuwa ptyn ze wszystkich strzykawek i umieszcza je w odpowiedniej pozycji
umozliwiajgcej wymiane (moze to potrwac do 10 minut). Poczekac na odtgczenie modutu

\ls

przetwarzania T , a nastepnie wylgczy¢ modut. Nie wylgczac kontrolera (lub terminala
w przypadku BOND-ADVANCE).

Przed wykonaniem dalszych czynnosci upewnic sie, ze modut przetwarzania jest
wytgczony.

5. Odkreci¢ cztery Sruby z gniazdem szesSciokatnym mocujgce pokrywe modutu strzykawki, uzywajac
dofaczonego klucza imbusowego 3mm. Zdjac¢ ostone.
6. Dla kazdej strzykawki oddzielnie poluzowac Srube radetkowang zacisku strzykawki i obnizy¢ zacisk.
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12. Czyszczenie i konserwacja (BOND-III i BOND-MAX)

7. Wyijac $rube blokujgca u dotu trzpienia za pomocg dotgczonego klucza imbusowego 2.5 mm.

Figure 12-18: Odkrecanie $ruby blokujgcej trzpien za pomoca klucza imbusowego

Niektére modele majg $rube radetkowang zamiast Sruby z gniazdem szeSciokgtnym.

8. Odkrecit tuleje strzykawki od zaworu. Wyjaé strzykawke i zacisk z urzadzenia.

9. Wiozy¢ nowg strzykawke przez zacisk.

10. Umiesci¢ strzykawke i zacisk na urzadzeniu — przykrecic strzykawke do zaworu.

11. Zatozy¢ ponownie Srube blokujaca trzpien i dokrecic.

12. Podnies¢ zacisk do gornej czesci strzykawki i dokrecic Srube radetkowana.

13.Zamocowac ostone modutu strzykawki i zabezpieczy¢ za pomoca czterech $rub z gniazdem
szesciokatnym.

14.W oknie dialogowym wybrac strzykawki, ktore zostaty pomyslnie wymienione, a nastepnie klikngé
Done (gotowe). Jesli nie wymieniono zadnej strzykawki, klikngé przycisk None were replaced (nie
wymieniono zadnej).

15. Uruchomi¢ ponownie modut przetwarzania.

16.Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekdw podczas inicjalizacji modutu przetwarzania, zwtaszcza w gérnych
czesciach strzykawek i pod trzpieniami. Wszelkie wycieki nalezy zgtaszac do dziatu obstugi klienta.

17. Aby sprawdzi¢, czy nowe strzykawki zostaty prawidlowo zamontowane, nalezy uruchomic¢ przebieg
z udziatem tkanek testowych lub tkanek kontrolnych, aby sprawdzi¢, czy uzyskano odpowiednie
wybarwienie.

12.13.2 Wymiana strzykawki 9-portowej BOND-MAX

1. Upewnic sie, ze modut przetwarzania jest w stanie bezczynnoéci (nie ma zatadowanych ani
zaplanowanych przebiegéw).

2. W przypadku klienta klinicznego nalezy wybrac¢ karte modutu przetwarzania, aby wyswietli¢ ekran
System status (stan systemu).

3. Klikng¢ karte Maintenance (konserwacja), a nastepnie klikng¢ przycisk Replace syringe (wymien
strzykawke).

4. Przeczytacinstrukcje i klikng¢ Yes (tak).
Modut przetwarzania usuwa ptyn ze strzykawki i umieszcza jg w odpowiedniej pozycji umozliwiajgcej

s\,

wymiane. Poczekac na odtgczenie modutu przetwarzania L , a hastepnie wylgczy¢ modut. Nie
wytgczac kontrolera (lub terminala w przypadku BOND-ADVANCE).

Przed wykonaniem dalszych czynnosci upewnic sie, ze modut przetwarzania jest
wytaczony.
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12. Czyszczenie i konserwacja (BOND-III i BOND-MAX)

5. Poluzowac $rube radetkowang zacisku strzykawki i obnizy¢ zacisk.
6. Wyijac srube blokujacg u dotu trzpienia za pomoca klucza imbusowego.

e
|

¥

Figure 12-19: Odkrecanie $ruby blokujgcej trzpien za pomoca klucza imbusowego
Niektore modele majg $rube radetkowang zamiast Sruby z gniazdem szeSciokatnym.

7. Odkrecic tuleje strzykawki od zaworu. Wyjac strzykawke i zacisk z urzadzenia.

8. Wiozy¢ nowa strzykawke przez zacisk.

9. Umiescic strzykawke i zacisk na urzadzeniu — przykrecic strzykawke do zaworu.

10. Zatozy¢ ponownie Srube blokujgca trzpien i dokrecic.

11. Podnies¢ zacisk do gornej czesci strzykawki i dokrecic Srube radetkowana.

12. W oknie dialogowym klikna¢ Yes (tak), aby potwierdzi¢, ze strzykawka zostata pomysinie
wymieniona.

13. Uruchomi¢ ponownie modut przetwarzania.

14. Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekdw podczas inicjalizacji modutu przetwarzania, zwtaszcza w gornej
czesci strzykawki i pod trzpieniem. Wszelkie wycieki nalezy zgtaszac¢ do dziatu obstugi klienta.

15. Aby sprawdzi¢, czy nowa strzykawka zostata prawidtowo zamontowana, nalezy uruchomi¢ przebieg
z udziatem tkanek testowych lub tkanek kontrolnych, aby sprawdzi¢, czy uzyskano odpowiednie
wybarwienie.
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12.14 Bezpieczniki zasilania

Wszystkie urzadzenia BOND-III i BOND-MAX sg wyposazone w dwa bezpieczniki sieciowe i dwa bezpieczniki
zasilania podgrzewacza; wartosci obcigzalnosci rdznig sie w zaleznosci od zasilania sieciowego. Bezpieczniki
umieszczone sg na ostonie tylnej (zob. 2.2.13 - Ostona tylna).

BOND-III wykorzystuje nastepujgce bezpieczniki:

Bezpiecznik Opis Zasilanie 100—-240 V
AC

F1 Zasilanie 3AGT8A 250V UL
podgrzewacza

F2 Zasilanie systemu 3AG T8A 250V UL

F3 Zasilanie sieciowe AC | 3AG T15A 250V UL
(neutralny)

F4 Zasilanie sieciowe AC | 3AG T15A 250 V UL
(czynny)

Moduty przetwarzania BOND-MAX wykorzystujg jeden z dwdch réznych zasilaczy. Mozna je zidentyfikowac
na podstawie liczby wentylatoréw w ostonie tylnej — zasilacze nowego modelu majg dwa wentylatory,
natomiast urzadzenia ze starszymi zasilaczami majg jeden wentylator. Na ostonie tylnej podano réwniez
specyfikacje dotyczace bezpiecznikdw zastepczych.

Moduty przetwarzania BOND-MAX z nowymi zasilaczami (dwa wentylatory w ostonie tylnej):

Bezpiecznik Opis Zasilanie 100-240 V
AC

F1 Zasilanie sieciowe AC | 3AG T15A 250 V UL
(czynny)

F2 Zasilanie sieciowe AC | 3AG T15A 250 V UL
(neutralny)

F3 Zasilanie 3AGT8A 250 V UL
podgrzewacza 24 V

F4 Zasilanie 24V DC 3AG T8A 250 V UL

Moduty przetwarzania BOND-MAX ze starymi zasilaczami (jeden wentylator w ostonie tylnej):

Bezpiecznik Opis Zasilanie 100—120 V AC| Zasilanie 200—-240 V AC

F1 Zasilanie sieciowe AC 3AG T15A 250 V UL 3AG T8A 250 V UL
(czynny)

F2 Zasilanie sieciowe AC 3AG T15A 250 V UL 3AG T8A 250 V UL
(neutralny)

F3 Zasilanie podgrzewacza | 3AG T8A 250V UL 3AG T5A 250V UL
24V DC

F4 Zasilanie 24V DC 3AG T8A 250 V UL 3AG T5A 250 V UL
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Nie omijac ani nie zwiera¢ bezpiecznikow.
Przed wymiang bezpiecznikéw wytaczy¢ urzadzenie i odtgczy¢ przewdd zasilajacy.

Bezpieczniki nalezy wymieniac wylacznie na standardowe czesci. Jesli bezpieczniki
wielokrotnie sie przepalaja, nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.

Aby wymieni¢ bezpieczniki, nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

Wytgczy¢ modut przetwarzania.

Wytaczy¢ zasilanie sieciowe i wyjac wtyczke zasilania sieciowego z gniazda $ciennego.

Odkreci¢ ostone bezpiecznika.

Wyciagnac ostone bezpiecznika i wymienic¢ bezpiecznik. Upewnic sie, ze nowy bezpiecznik posiada
odpowiednie specyfikacje.

5. Wcisngc¢ ostone bezpiecznika i przekreci¢ w prawo, aby zablokowa¢ bezpiecznik w odpowiednim
miejscu. Nie dokrecac zbyt mocno.

LN
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Strona celowo pozostawiona pusta.
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13. Czyszczenie i konserwacja
(rézne urzadzenia)

13.1  Reczne skanery koddw kreskowych

13.1.1  Skaner kodow kreskowych Symbol

0 Instrukcje te dotyczg wytgcznie nowszego skanera koddw kreskowych Symbol. W przypadku korzystania
z poprzedniego skanera kodow kreskowych Honeywell nalezy zapoznac sie z informacjami w czesci
13.1.2 - Skaner koddw kreskowych Honeywell.

Skaner reczny nalezy czyscic raz w tygodniu:

« Nie dopuszczac do zarysowania okna przez jakiekolwiek materiaty $cierne
« Nie rozpyla¢ wody ani innych ptyndw czyszczacych bezposrednio na okno
« Nie zdejmowac¢ gumowej ostony skanera.

Wyczyscic skaner, wykonujgc nastepujgce czynnosci:

1. Najpierw odtgczy¢ skaner od kontrolera lub terminala.
2. Usungc¢ czastki brudu wilgotng $ciereczkg niepozostawiajgcg wtokien.
3. Przetrzec¢ okno $ciereczka niepozostawiajgca wiokien nasgczong roztworem alkoholu o stezeniu 70%.

Niebezpieczenstwo zwigzane z laserem.
Reczny skaner koddw kreskowych zawiera urzgdzenie emitujgce promienie

laserowe, ktdre mogg spowodowac powazne uszkodzenie oczu.

Nie patrze¢ w okno skanera, gdy jest on wtgczony.
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13. Czyszczenie i konserwacja (rézne urzadzenia)

13.1.1.1 Konfigurowanie skanera kodéw kreskowych Symbol

Aby przeprowadzi¢ ponowng inicjalizacje skanera kodow kreskowych Symbol (USB), nalezy wydrukowac te
strone w wysokiej jakosci i zeskanowac kolejno ponizsze kody kreskowe.

Skan 1: Ustawienie wszystkich wartosci domysinych

Skan 2: Aktywacja kodu 128

Skan 3: Opcje skanowania

Skan 4: <DATA><SUFFIX>

Skan 5: Potwierdzenie

Posta¢ 13-1: Sekwencja skanowania koddw kreskowych w celu konfiguracji skanera Symbol
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13. Czyszczenie i konserwacja (rézne urzadzenia)

13.1.1.2 Ustawianie gto$nosci sygnatu dzwiekowego

Aby ustawi¢ gtosnos¢ sygnatu dzwiekowego skanera kodow kreskowych Symbol, nalezy wydrukowac te
strone w wysokiej jakosci i zeskanowac ponizszy kod kreskowy, ktory odpowiada zadanej gtosnosci.

Niski poziom gto$nosci

Sredni poziom gto$nosci

Wysoki poziom gto$nosci

Postac 13-2: Kody kreskowe do ustawiania gtosnosci sygnatu dzwiekowego dla skanera Symbol
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13. Czyszczenie i konserwacja (rézne urzadzenia)

13.1.2  Skaner kodow kreskowych Honeywell

Instrukcje te dotycza wytgcznie nowszego skanera kodéw kreskowych Honeywell. W przypadku korzystania
z poprzedniego skanera kodéw kreskowych Symbol nalezy zapoznac sie z informacjami w czesci
13.1.1 - Skaner kodow kreskowych Symbol.

Skaner reczny nalezy czyscic¢ raz w tygodniu:
« Nie dopuszczac do zarysowania okna przez jakiekolwiek materiaty Scierne
« Nie rozpyla¢ wody ani innych ptyndw czyszczacych bezposrednio na okno
Wyczysci¢ skaner, wykonujgc nastepujgce czynnosci:

« Najpierw odtgczy¢ skaner od kontrolera lub terminala.

« Usunac czastki brudu zwilzong wodg Sciereczka niepozostawiajaca wiokien.

« Wyczysci¢ okno Sciereczka niepozostawiajgcg widkien nasgczong roztworem alkoholu o stezeniu
70%.

Jesli reczny skaner koddw kreskowych nie dziata prawidtowo, dziat serwisu moze poprosi¢ o ponowng
inicjalizacje czytnika. Mozna réwniez dostosowac gtosnosc sygnatu dzwiekowego na skanerze.

13.1.2.1 Konfigurowanie skanera kodéw kreskowych Honeywell

Aby przeprowadzi¢ ponowng inicjalizacje skanera kodow kreskowych Honeywell (USB), nalezy wydrukowac
te strone w wysokiej jakosci i zeskanowac kody kreskowe w nastepujgcej kolejnosci:

Skan 1: Kasowanie niestandardowych ustawien domysinych

Skan 2:Aktywacja ustawien domysinych

1.1

Skan 3:Konfiguracja skanera Honeywell

Postac 13-3: Kody kreskowe do konfiguracji skanera
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13.1.2.2 Ustawianie gto$nosci sygnatu dzwiekowego

Aby ustawic¢ gtosnos¢ sygnatu dzwiekowego skanera kodow kreskowych Honeywell, nalezy wydrukowac te

strone w wysokiej jakosci i zeskanowac ponizszy kod kreskowy, ktory odpowiada zadanej gtosnosci.

Niski poziom gto$nosci

Sredni poziom gto$nosci

Wysoki poziom gtosnosci

Sygnat dzwiekowy wyt.

Postac 13-4: Kody kreskowe do ustawiania gtosnosci sygnatu dzwiekowego dla skanera Honeywell
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13. Czyszczenie i konserwacja (rézne urzadzenia)

13.1.2.3 Konfigurowanie pracy automatycznej

Gdy skaner jest umieszczony w uchwycie, dziata automatycznie i nie trzeba naciskac przycisku w celu
odczytania kodu kreskowego.

Aby wigczy¢ lub wytaczy¢ prace automatyczng skanera koddw kreskowych Honeywell, nalezy wydrukowac
te strone w wysokiej jakosci i zeskanowac ponizszy kod kreskowy, ktory odpowiada zgdanej funkcjonalnosci.

Praca automatyczna WLACZONA

Praca automatyczna WYLACZONA

Postac 13-5: Kody kreskowe do ustawiania pracy automatycznej skanera Honeywell
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13. Czyszczenie i konserwacja (rézne urzadzenia)

13.1.3  Reczny skaner koddw kreskowych Zebra DS2208

Te instrukcje dotycza tylko pdzniejszego skanera koddw kreskowych Zebra. Jesli masz wczesniejszy skaner
koddw kreskowych Symbol, zapoznaj sie z 13.1.1 - Skaner kodéw kreskowych Symbol. Jesli masz skaner
kodow kreskowych Honeywell, zapoznaj sie z 13.1.2 - Skaner kodoéw kreskowych Honeywell.

Skaner reczny nalezy czysci¢ raz w tygodniu:
« Nie dopuszczac do zarysowania okna przez jakiekolwiek materiaty Scierne
« Nie rozpylac¢ wody ani innych ptyndw czyszczacych bezposrednio na okno
Wyczysci¢ skaner, wykonujgc nastepujgce czynnosci:

« Najpierw odtgczy¢ skaner od kontrolera lub terminala.
« Usunac czastki brudu zwilzong wodg $ciereczkg niepozostawiajgcg wtokien.

« Wyczysci¢ okno Sciereczka niepozostawiajgcg wiokien nasgczong roztworem alkoholu o stezeniu
70%.

Jesli reczny skaner koddw kreskowych nie dziata prawidtowo, dziat serwisu moze poprosi¢ o ponowng
inicjalizacje czytnika. Mozna réwniez dostosowac gtosnos¢ sygnatu dzwiekowego na skanerze.
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13. Czyszczenie i konserwacja (rézne urzadzenia)

13.1.3.1 Konfigurowanie skanera kodéw kreskowych Zebra

Aby przeprowadzi¢ ponowng inicjalizacje skanera kodéw kreskowych Zebra (USB), nalezy wydrukowac te
strone w wysokiej jakosci i zeskanowac kolejno ponizsze kody kreskowe.

Posta¢ 13-6: Sekwencja skanowania koddw kreskowych do konfiguracji skanera Zebra

Skan 1:Ustawienie wszystkich wartosci domysinych

Skan 2: Aktywacja kodu 128

Skan 3: Opcje skanowania

Skan 4: <DATA><SUFFIX>

Skan 5: Potwierdzenie

TR

Skan 6: Skonfiguruj kodu 128
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13. Czyszczenie i konserwacja (rézne urzadzenia)

13.1.3.2 Ustawianie gto$nosci sygnatu dzwiekowego

Aby ustawi¢ gtosnos¢ sygnatu dzwiekowego skanera koddw kreskowych Zebra, nalezy wydrukowac te
strone w wysokiej jakosci i zeskanowac ponizszy kod kreskowy, ktory odpowiada zadanej gtosnosci.

Posta¢ 13-7: Kody kreskowe gto$nosci brzeczyka dla skanera Zebra

Niski

Sredni poziom gto$nosci

Wysoki poziom gtosnosci

pozi

gto$nosci
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13. Czyszczenie i konserwacja (rézne urzadzenia)

13.1.3.3 Konfigurowanie pracy automatycznej

Gdy skaner jest umieszczony w uchwycie, dziata automatycznie i nie trzeba naciskac przycisku w celu
odczytania kodu kreskowego.

Aby wigczy¢ lub wytaczy¢ prace automatyczng skanera kodéw kreskowych Zebra, nalezy wydrukowac te
strone w wysokiej jakosci i zeskanowac ponizszy kod kreskowy, ktory odpowiada zadanej funkcjonalnosci.

Postac 13-8: Kody kreskowe do skanera Zebra bez uzycia rak

MW

Praca automatyczna WLACZONA

Praca automatyczna WYLACZONA

13.2 Drukarka etykiet do szkietek

Instrukcje sg dostarczane wraz z drukarka etykiet do szkietek. Informacje dotyczace czyszczenia
i umieszczania etykiet i taSm do druku znajduja sie w niniejszej instrukcji. Czysci¢ co miesiac.
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14. Korzystanie z odczynnikow
BOND

W tym rozdziale omdéwiono ogdine zagadnienia naukowe i kliniczne dotyczace barwienia tkanek w systemie
BOND.

« 14.1 - Zasady stosowania procedury
o 14.2 - Przygotowanie probek

« 14.3 - Kontrola jakoéci

« 14.4 - Interpretacja barwienia

« 14.5 - Ogdlne ograniczenia

« 1.1 -Legenda symboli na etykietach
« 14.6 - Bibliografia

14.1  Zasady stosowania procedury

Ta cze$¢ zawiera ogdlne informacje na temat IHC i ISH. Znajduja sie w niej réwniez opisy systemdéw detekcji
i systemow teranostycznych BOND.

« 14.1.1 - Systemy detekcji BOND
« 14.1.2 - Systemy teranostyczne

Immunohistochemia (IHC)

Techniki immunohistochemiczne sg wykorzystywane do wykrywania okreslonych antygenéw w komérkach
lub tkankach od co najmniej 50 lat. Po raz pierwszy zgtoszono wykorzystanie znacznikéw fluorescencyjnych
w 1941 roku 1. Nastepnie wprowadzono enzymy, takie jak peroksydaza 2. Obecnie immunohistochemie
wykorzystuje sie w celu utatwienia rozpoznania komdrek podczas rutynowego barwienia hematoksyling i
eozyng (H+E). IHC stanowi pomoc w rozpoznawaniu prawidtowych i nieprawidtowych komérek. Metody
immunohistochemiczne staty sie ,standardem opieki” w patologii chirurgicznej, gdy same klasyczne metody
leczenia nie przynosza jednoznacznej diagnozy 3. Jednakze istniejg pewne zastrzezenia dotyczace
odtwarzalnosci > pomimo powszechnego przyjecia tych metod.

Odczynniki w zautomatyzowanym systemie BOND uwidaczniajg antygeny w skrawkach tkanek dzieki
technikom immunohistochemicznym. Podsumowujac, swoiste przeciwciato pierwszorzedowe wigze sie ze
skrawkiem, a nastepnie odczynniki systemu detekcji BOND wizualizujg kompleks.

Diagnostyczny ,marker” to odczynnik wykorzystywany do wykrywania okreslonego antygenu lub miejsca
wigzania DNA/RNA w probce tkanki. Marker jest przeciwciatem pierwszorzedowym w IHC lub sondg w ISH
(patrz ponizej).
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Hybrydyzacja in situ (ISH)

Techniki biologii molekularnej w duzym stopniu pogtebiajg nasza wiedze na temat choroby. Hybrydyzacja in
situ tgczy w sobie zaréwno biologie molekularng, jak i histologie, umozliwiajgc wizualizacje DNA lub RNA

w kontekécie komérkowym. Od momentu pierwszego wprowadzenia kwasu nukleinowego w 1969 roku ,
udoskonalenia protokotdow hybrydyzacji in situ sprawity, ze jest to coraz bardziej cenne narzedzie
wykorzystywane w patologii klinicznej i badaniach.

Hybrydyzacja in situ wykorzystuje komplementarnos$¢ wigzan nukleotydéw w DNA lub RNA. Oznakowana
sonda kwasu nukleinowego wigze sie ze swojg sekwencjg komplementarng w utrwalonej tkance lub prébce
komorki. Sonda jest wizualizowana przez zastosowanie przeciwciata przeciwko znacznikowi, a nastepnie
wprowadzenie polimerowych odczynnikéw wykrywajgcych BOND. Zautomatyzowany system i odczynniki
BOND to niezawodna i skuteczna alternatywa dla niewygodnej metody recznej.

14.1.1  Systemy detekcji BOND

Leica Biosystems oferuje szereg systemoéw detekcji opracowanych specjalnie dla systemu BOND.
Najwazniejszym sposrdd nich jest system BOND Polymer Refine Detection™, ktory zapewnia intensywne
barwienie w potaczeniu z precyzyjnym obrazem bez stosowania streptawidyny i biotyny.

Ponizej podano dostepne systemy detekcji BOND.
« 14.1.1.1 - BOND Polymer Refine Detection

« 14.1.1.2 - BOND Polymer Refine Red Detection
« 14.1.1.3 - BOND Streptavidin-Biotin Detection (DAB)

14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection

Bazujacy na polimerze DAB system BOND, BOND Polymer Refine Detection, zapewnia intensywne barwienie
w potgczeniu z precyzyjnym obrazem wigzania przeciwciata z docelowym antygenem lub wigzania sondy

z kwasem nukleinowym. System nie stosuje streptawidyny i biotyny, w zwigzku z tym zostaje
wyeliminowane nieswoiste barwienie wynikajgce z endogennej aktywnosci biotyny. Endogenna biotyna
wystepuje w niektorych tkankach znajdujgcych sie m.in. w przewodzie pokarmowym, nerkach, watrobie

i guzach piersi. Polimerowe systemy detekcji BOND charakteryzujg sie wiekszg czutoscig niz systemy
wykrywania wykorzystujgce kompleks streptawidyna-biotyna, co przektada sie na nizsze stezenie
przeciwciat i krétszy czas cyklu.

Czynnosci wykonywane w tych systemach detekcji:

1. Inkubacja z wykorzystaniem nadtlenku wodoru.

2. Wprowadzenie okreslonego przeciwciata pierwszorzedowego (w IHC) lub sondy i tgczgcego
przeciwciata pierwszorzedowego (ISH).

3. Inkubacja z wykorzystaniem tgczacego przeciwciata drugorzedowego (po pierwszorzedowym).

4. Inkubacja z wykorzystaniem odczynnika polimerowego zawierajgcego polimer znakowany
peroksydazg chrzanowg (HRP) skoniugowany z przeciwciatami trzeciorzedowymi.

5. Wizualizacja kompleksu z DAB.
6. Barwienie kontrastowe hematoksyling umozliwia wykrywanie jader komorkowych.

Inkubacje, mycie i interpretacje wynikow przeprowadza sie zgodnie z instrukcjami dla systemow detekcji
wykorzystujgcych znakowang streptawidyne-biotyne BOND Labeled Streptavidin-Biotin Detection.
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W przypadku gdy pozadane jest uzyskanie wiekszej intensywnosci, dostepne sg nastepujgce opcje dla
wszystkich polimerowych systemoéw detekcji BOND:

i. Wydluzyc czas inkubacji dla przeciwciata pierwszorzedowego lub sondy i/lub elementow systemu
detekdji.
ii. Uzy¢ roztworu BOND DAB Enhancer. Uwaga: sam roztwdr (wzmacniacz) nie zwiekszy intensywnosci
barwienia do takiego samego poziomu barwienia, jaki oferuje system detekcji Intense R.
iii. Tylko w przypadku IHC: zwiekszy¢ stezenie przeciwciat pierwszorzedowych.

14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection

Dostepny jest jeden system detekcji wykorzystujacy chromogen Red: BOND Polymer Refine Red
Detection™. Ma takie same zalety jak polimerowe systemy detekcji wykorzystujgce DAB, ale do wizualizacji
zamiast DAB wykorzystywany jest chromogen Fast Red. System jest przeznaczony do stosowania na
tkankach, takich jak skdra, w przypadku ktérych pigmenty tkankowe moga by¢ mylone z DAB.

System BOND Polymer Refine Red Detection to bardzo czuty system wykorzystujgcy Compact Polymer™
skoniugowany z fosfatazg alkaliczng, ktéra zapewnia rozowoczerwong barwe podczas immunobarwienia,
a takze barwienie kontrastowe hematoksyling (w tym barwienie na niebiesko).

Chromogen Fast Red jest chemicznie niestabilny w normalnych warunkach laboratoryjnych. Nalezy Scisle
przestrzegac instrukcji uzytkownika systemu BOND Polymer Refine Red Detection w celu utrzymania
skutecznosci chromogenu. Nalezy zawsze umieszczac tkanke kontrolng na tym samym szkietku, co tkanka
pacjenta, aby umozliwi¢ szybkie wykrycie wszelkich nieprawidtowosci w systemie.

Zaleca sie stosowanie mediéw do zaklejania Leica CV Ultra Mounting Media z systemem BOND Polymer
Refine Red Detection. Inne media do zaklejania moga nie zachowywac intensywnosci barwienia uzyskanej
na poczatku.

Czynnosci wykonywane w systemie BOND Polymer Refine Red Detection:

1. Wprowadzenie okresSlonego przeciwciata pierwszorzedowego.

2. Inkubacja z uzyciem odczynnika drugorzedowego.

3. Inkubacja z wykorzystaniem odczynnika polimerowego zawierajgcego polimer znakowany fosfataza
alkaliczng (AP) skoniugowany z przeciwciatami trzeciorzedowymi.

4. Wizualizacja kompleksu substrat-chromogen, Fast Red, za pomocg czerwonego osadu.

5. Barwienie kontrastowe hematoksyling umozliwia wykrywanie jader komdrkowych.

Inkubacje, mycie i interpretacje wynikdw przeprowadza sie zgodnie z instrukcjami dla systemu detekcji
wykorzystujgcego znakowang streptawidyne-biotyne BOND Labeled Streptavidin-Biotin Detection.

14.1.1.3 BOND Streptavidin-Biotin Detection (DAB)

W tej kategorii dostepny jest jeden system detekcji: BOND Intense R Detection.

Ten system detekcji wykorzystujacy DAB dziata w nastepujgcy sposdb:

1. Inkubacja z wykorzystaniem nadtlenku wodoru w celu sttumienia aktywnosci endogennej
peroksydazy.
2. Wprowadzenie okreslonego przeciwciata pierwszorzedowego.

3. Przeciwciato jest lokalizowane przez dostarczony przez uzytkownika roztwor zawierajgcy
biotynylowane przeciwciata drugorzedowe, ktdry rozpoznaje przeciwciato pierwszorzedowe.
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4. Dodanie streptawidyny skoniugowanej z enzymem, ktora wigze sie z biotyng wystepujaca
w przeciwciele drugorzedowym.

5. Wizualizacja kompleksu substrat-chromogen (3,3'-diaminobenzidyna lub DAB), ktdrego produktem
enzymatycznym jest bragzowy osad.

6. Barwienie kontrastowe hematoksyling umozliwia wykrywanie jgder komorkowych.

Na kazdym etapie system BOND inkubuje skrawki przez doktadnie okreslony czas, a nastepnie przeptukuje
skrawki w celu usuniecia niezwigzanego materiatu. Wyniki sg interpretowane przy uzyciu mikroskopu
optycznego i pomagajg w diagnostyce réznicowej procesow patologicznych, ktére moga, ale nie muszg by¢
powigzane z okreslonym antygenem.

14.1.2  Systemy teranostyczne

Ze wzgledu na heterogeniczny charakter nowotworu i niestabilno$¢ genomiczng wystepujacg w komorkach
nowotworowych reakcja pacjenta na szerokie spektrum srodkéw przeciwnowotworowych jest czesto
nieoptymalna. Srodki te czesto wywotuja powazne skutki uboczne pogarszajace jakoé¢ zycia pacjenta

i moga réwniez narazi¢ pacjenta na ryzyko powaznych niepozadanych reakcji na lek (ADR).

W przeciwienstwie do tego powstaje wiele nowych terapii przeciwnowotworowych ukierunkowanych na
okreslone biomarkery. Pojawienie sie tych celowanych terapii miato znaczacy wptyw na badania
diagnostyczne oparte na patologii. Ta specjalna klasa badan diagnostycznych okreslana jest jako
Jteranostyka”, a testy te pomagajg w identyfikacji pacjentow, ktdrzy najprawdopodobniej odniosg korzysci
z konkretnych terapii:

Teranostyka = terapia + diagnostyka

Kazde urzadzenie jest kompletnym systemem stuzgcym do okreslania obecnosci docelowego biatka lub
genu, a tym samym okreslenia przydatnosci danej metody leczenia w terapii celowanej. Testy teranostyczne
Leica to kompletne, zoptymalizowane systemy z gotowymi do uzycia przeciwciatami lub sondami,
odczynnikami wykrywajacymi, odczynnikami kontrolnymi i w niektdrych przypadkach szkietkami
kontrolnymi zapewniajgcymi petng kontrole jakosci wyniku diagnostycznego. Urzadzenia sg oparte na
metodologii IHC lub ISH i s zatwierdzone przez odpowiednie regionalne organy regulacyjne do stosowania
w identyfikacji pacjentéw, dla ktérych dana metoda leczenia moze by¢ odpowiednia.

Do kazdego systemu teranostycznego dotgczona jest kompletna instrukcja uzycia. Nalezy postepowac
zgodnie z tg instrukcjg w celu skonfigurowania przebiegdw teranostycznych. Ze wzgledu na charakter badan
teranostycznych niezwykle wazne jest przestrzeganie instrukcji, aby unikna¢ nieprawidtowego wyniku testu.

14.2  Przygotowanie probek

W tej czesci omdwiono przygotowanie tkanki do barwienia.

« 14.2.1 - Wymagane materiaty

« 14.2.2 - Przygotowanie tkanki

« 14.2.3 - Odparafinowanie i podgrzewanie
« 14.2.4 - Odstoniecie epitopu

14.2.1  Wymagane materiaty

Do barwienia w immunohistochemii i hybrydyzacji in situ przy uzyciu systemu BOND wymagane sg
nastepujgce materiaty.
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14.2.1.1 Czesto stosowane materiaty

« Utrwalacz - zalecana formalina buforowana obojetna 10%

« Wosk parafinowy

« Procesor tkankowy i stacja do zatapiania

« Tkanki do dodatniej i ujemnej préby kontrolnej (zob. 14.3 - Kontrola jakosci)
« Mikrotom

« Szkietka mikroskopowe z natadowang powierzchnig (np. Leica BOND Plus)

« Piec suszarniczy

« Alkohol (odczynnikowy*)

« BOND Dewax Solution

« Woda dejonizowana

« BOND Enzyme Pretreatment Kit

« BOND Slide Labels and Printer Ribbon

« BOND Universal Covertiles

« Roztwdr myjacy (przygotowany z koncentratu BOND Wash Solution 10X Concentrate)
« Odpowiedni system odczynnikdw BOND

« Medium do zaklejania na bazie zywicy lub na bazie wody

« Szkietka nakrywkowe

* Alkohol odczynnikowy zawiera: etanol, w ilosci wiekszej lub rownej 90% (wag.); izopropanol, nie wiecej
niz 5% (wag.), metanol, nie wiecej niz 5% (wag.).

14.2.1.2 Materiaty do IHC

Oprocz materiatdow wymienionych powyzej, do badan IHC wymagane sg rowniez nastepujgce materiaty:

« Ujemne odczynniki kontrolne specyficzne dla przeciwciat pierwszorzedowych (zob. 14.3 - Kontrola
jakosci)

« BOND Epitope Retrieval Solution 1

« BOND Epitope Retrieval Solution 2

« Gotowe do uzycia przeciwciata pierwszorzedowe BOND lub przeciwciata pierwszorzedowe
rozcienczone w BOND Primary Antibody Diluent w pojemnikach BOND Open Containers, 7 ml lub
30 ml

« Medium do zaklejania na bazie zywicy lub na bazie wody

« Zestaw do miareczkowania, opcjonalny (zob. 14.2.1.4 - Zestaw do miareczkowania )

14.2.1.3 Materiaty do ISH

Oprdcz materiatéw wymienionych powyzej do badan ISH wymagane sg rowniez nastepujgce materiaty:

« Sondy ISH
« Przeciwciata antyfluoresceinowe
« Dodatnie i ujemne sondy kontrolne specyficzne dla ISH (zob. 14.3 - Kontrola jakosci)

14.2.1.4 Zestaw do miareczkowania

Zestaw do miareczkowania BOND sktada sie z 10 pustych pojemnikéw i 50 wktaddw (6 ml). Wykorzystywany
jest podczas optymalizacji stezenia przeciwciat pierwszorzedowych w systemie BOND. Mozna przygotowaé
niewielkie ilosci przeciwciat pierwszorzedowych w réznych stezeniach i umiescic je we wkiadach. Kazdy
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pojemnik moze pomiescic tgcznie 40 ml odczynnika.

Miareczkowanie stezonych przeciwciat mozna osiggng¢ poprzez serie dwukrotnych rozcienczen. Ponizsza
metoda opisuje sposdb przygotowania serii rozcienczen dla pojedynczego dozowania 150 pl. W kazdym
wktadzie do pojemnika do miareczkowania pozostanie pewna ilo$¢ rozcieficzonego przeciwciata. System
BOND zmierzy te objetos¢ i moze ona zosta¢ wykorzystana w dalszych protokotach optymalizaciji, jesli jest to
wymagane.

1. Oznaczy¢ trzy wktady z odpowiednimi rozcienczeniami dla kazdego przeciwciata.

Wykonac rozcienczenie poczatkowe w pierwszym wktadzie 1 ml.

Dozowac 500 pl rozcienczalnika BOND Primary Antibody Diluent do wktadu 2 i 3.

Przenie$¢ 500 pl z wktadu z rozcienczeniem poczatkowym do wkiadu 2 i delikatnie wymieszaé.
Przeniesc¢ 500 pl z wktadu 2 do wktadu 3 i delikatnie wymieszac.

i AN

14.2.2  Przygotowanie tkanki

Zalecamy przygotowanie 10-procentowego roztworu formaliny buforowanej obojetnej w ilosci
odpowiadajgcej 15-20-krotnosci objetosci tkanki w celu utrwalenia i przygotowania tkanki do barwienia
immunohistochemicznego i hybrydyzacji in situ przy uzyciu systemu BOND. Utrwalenie mozna
przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej (15-25°C).

W przypadku testu HER2 nalezy zapoznac sie z zaleceniami dotyczacymi przygotowania tkanek American
Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists 19 lub z lokalnymi wytycznymi i przepisami.

Aby utatwi€ cigcie tkanki i zapobiec uszkodzeniu ostrzy mikrotomu, nalezy odwapnic¢ tkanki kostne przed
przystapieniem do przetwarzania 11/12,

Amerykanska ustawa o zmianach w zasadach postepowania w laboratoriach klinicznych (US Clinical
Laboratory Improvement Act, CLIA) z 1988 r. w czesci 42 CFR 493.1259(b) okresla nastepujace wymagania:
»Laboratorium musi przechowywac barwione szkietka co najmniej dziesie¢ lat od daty badania

i przechowywac bloki probek przez co najmniej dwa lata od daty badania”. 13 Nalezy zapozna¢ sie

z lokalnymi przepisami odnos$nie do wymagan obowigzujgcych w placéwce.

Wycig¢ skrawki o grubosci 3-5 pm i umiescic je na szkietkach z natadowang powierzchnig (w przypadku
niektdrych typow tkanek moze by¢ wymagana inna grubo$¢ skrawkdéw). W celu wysuszenia tkanki umiesci¢
pozbawione wody szkietka w piecu suszarniczym w temperaturze 60°C (£5°C) na 10-30 minut lub na noc
w temperaturze 37°C. Szkietka mozna réwniez podgrza¢ w modutach przetwarzania BOND-III i BOND-MAX.
Przed podgrzaniem szkietka muszg by¢ pozostawione do wyschniecia na powietrzu. Wiecej szczegétdéw na
temat przygotowania prébek mozna znalez¢ w punktach 13, 14 15.

Przymocowac etykiety do szkietek z prébkami i probkami kontrolnymi zgodnie z opisem w czesci 4 - Szybkie
uruchamianie. Procesy odparafinowania, rehydratacji i odstoniecia epitopu sg w petni zautomatyzowane
w systemie BOND.

14.2.3  Odparafinowanie i podgrzewanie

W celu przeprowadzenia badania immunohistochemicznego nalezy najpierw usung¢ wosk parafinowy ze
skrawkow tkanek zatopionych w parafinie i przeprowadzi¢ rehydratacje skrawkow. Wosk jest usuwany za
pomocg BOND Dewax Solution i skrawki sg poddawane rehydratacji. System BOND zawiera protokoty
odparafinowania, ktore automatyzujg ten proces.

Przed odparafinowaniem system BOND moze réwniez podgrzac tkanke, aby lepiej przylegata do szkietka.
Protokoty podgrzewania i odparafinowania systemu BOND automatyzujg oba procesy.
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6 Uwaga: tkanke nalezy pozostawic¢ do wyschniecia w celu odparowania wody przed wtozeniem do modutu
przetwarzania BOND-III lub BOND-MAX i rozpoczeciem procesu podgrzewania i odparafinowania.

14.2.4  Odstoniecie epitopu

Utrwalanie tkanek w formalinie powoduje tworzenie wigzan pomiedzy grupami aldehydowymi

i aminokwasowymi w tkance, ktére moze spowodowac zmienng utrate antygenowosci ze wzgledu na efekt
maskowania. Formalina tworzy mostki metylenowe, ktére mogg zmienic¢ ogdiny tréjwymiarowy ksztatt
epitopu. Niektore epitopy sg wrazliwe na formaline i wykazujg obnizong immunoreaktywno$¢ po utrwaleniu
w formalinie, natomiast inne sg odporne na jej dziatanie.

Kwasy nukleinowe sg otoczone biatkami, dlatego tez konieczna jest przepuszczalnosc¢ tkanki w celu
umozliwienia dostepu sondy do sekwencji docelowych.

Odstoniecie epitopu 78 mozna uzyskac, stosujac metode HIER (odstoniecie epitopu w podwyzszonej
temperaturze), wstepng obrdbke enzymatyczng lub potgczenie obu metod. HIER jest najczesciej uzywang
metodg odstoniecia epitopu w przypadku IHC. Mechanizm HIER nie jest catkowicie zrozumiaty.

Hipoteza polega na tym, ze ogrzewanie skrawka do wysokiej temperatury w roztworze do odstaniania
epitopu powoduje hydrolizacje wigzan utworzonych podczas utrwalania w formalinie. Powoduje to ponowng
modyfikacje epitopu, dzieki ktdrej mozna go poddac¢ barwieniu immunohistochemicznemu. Waznymi
czynnikami w metodzie HIER sg temperatura, czas i pH roztworu do odsfaniania epitopu. Dostepne sg dwa
rozne roztwory do odstaniania epitopu do uzytku w systemie BOND: bufor na bazie cytrynianu i bufor na
bazie EDTA.

We wstepnej obrébce enzymatycznej wykorzystywane sg enzymy proteolityczne, ktére niszczg wigzania
peptydowe w celu odstoniecia epitopu/docelowej sekwencji kwasu nukleinowego. Stezenie enzymu i czas
inkubaciji s proporcjonalne do czasu utrwalania probki i powinny by¢ odpowiednio zoptymalizowane.
Wstepna obrdbka enzymatyczna jest odpowiednia tylko dla niektdrych epitopdw, ale jest czesto stosowana
w protokofach ISH.

14.3  Kontrola jakoSci

Réznice w przetwarzaniu tkanek i procedurach technicznych w laboratorium uzytkownika mogg znaczaco
wptywac na zmiennos¢ wynikdw, dlatego konieczne jest regularne przeprowadzanie kontroli wewnetrznych
opraocz procedur opisanych ponizej. Nalezy zapoznac sie z lokalnymi wytycznymi i regulacjami. Przydatne
moda byc¢ réwniez publikacje ,,CLIA Compliance Handbook: Essential Guide for the Clinical Laboratory
Second Edition” 22 oraz wytyczne NCCLS dotyczace IHC 14,

6 Prébki kontrolne powinny by¢ $wiezymi prébkami uzyskanymi w wyniku autopsji/biopsji/zabiegu
chirurgicznego, utrwalonymi, przetworzonymi i zatopionymi tak szybko, jak to mozliwe i w ten sam sposéb,
co prébki pacjenta. Taka procedura kontrolna pozwala na monitorowanie wszystkich etapéw analizy: od
przygotowania tkanki do barwienia.

6 Zalecamy umieszczenie odpowiedniej tkanki kontrolnej na tych samych szkietkach, na ktérych umieszczona
jest tkanka pacjenta. Wiecej informacji znajduje sie w czesci 6.2 - Praca z probkami kontrolnymi.

Zob.

« 14.3.1 - Weryfikacja oznaczenia
« 14.3.2 - Tkanki kontrolne
« 14.3.3 - Ujemne odczynniki kontrolne do IHC
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« 14.3.4 - Odczynniki kontrolne do ISH
« 14.3.5 - Zalety kontroli jakosci

14.3.1  Weryfikacja oznaczenia

Przed pierwszym uzyciem przeciwciata, sondy lub systemu barwienia w procedurze diagnostycznej nalezy
zweryfikowac swoistos¢ przeciwciata/sondy poprzez testy na szeregu tkanek wtasnych wykazujgcych znana
ekspresje dodatnig i ujemna. Dalsze informacje mozna znalez¢ w procedurach opisanych powyzej oraz
zaleceniach dotyczacych kontroli jakosci okreslonych w programie certyfikacji dla immunohistochemii CAP
Certification Program 14 i/lub wytycznych NCCLS dotyczacych IHC 14 3 takze w lokalnych przepisach

i zaleceniach. Powtorzy¢ te procedury kontroli jakosci dla kazdej nowej partii przeciwciat lub w przypadku
zmiany parametréw testu. Kontrola jakosci nie moze by¢ wykonywana na pojedynczym, odizolowanym
odczynniku, poniewaz dopasowane odczynniki, zgodnie z okreslonym protokotem testu, muszg zosta¢
przetestowane razem przed uzyciem systemu detekcji do celdéw diagnostycznych. Informacje na temat
tkanek odpowiednich do weryfikacji oznaczenia mozna znalez¢ w ulotce dotagczonej do opakowania

Z przeciwciatami pierwszorzedowymi.

Oprocz wyzej wymienionych procedur weryfikacji oznaczenia zaleca sie comiesieczne barwienie probek
kontrolnych tkanek dodatnich i poréwnywanie ich z probkami kontrolnymi tych samych tkanek barwionych
w poprzednim miesigcu. Poréwnywanie barwionych probek kontrolnych w odstepach miesiecznych ma na
celu monitorowanie stabilnosci, czutosci, swoistosci i odtwarzalnosci testu.

Systemy teranostyczne BOND zawierajg wszystkie odpowiednie odczynniki kontrolne i mogg zawierac
szkietka kontrolne systemu niezbedne do przeprowadzania testéw. Wazne jest, aby uzywac dostarczonych
prébek kontrolnych doktadnie w taki sposdb, jaki okreslono w instrukcji uzycia. Wtasne probki kontrolne
tkanek (niedostarczone) powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjg uzycia. Procedury wtasne nie zostaty
zweryfikowane i nie nalezy ich stosowac — w przeciwnym razie wynik diagnostyki bedzie nieprawidtowy.

Wszystkie wymogi kontroli jakosci powinny byc realizowane zgodnie z przepisami krajowymi lub
wymaganiami akredytacyjnymi.

14.3.2  Tkanki kontrolne

14.3.2.1 Tkanka do dodatniej proby kontrolnej

« Wskazuje prawidtowo przygotowane tkanki i odpowiednie techniki barwienia.

« W kazdym przebiegu barwienia nalezy uwzgledni¢ jedng tkanke do dodatniej préby kontrolnej dla
kazdego zestawu warunkdw testu.

« Do zapewnienia optymalnej kontroli jakosci i wykrywania niewielkich pozioméw degradacji
odczynnikdw bardziej odpowiednia jest tkanka o stabej intensywnosci barwienia niz tkanka o silnym
potencjale barwienia 4.

« Zastosowanie szkietek z wieloma tkankami wykazujgcymi silng, Srednig i stabg ekspresje
antygenu/kwasu nukleinowego zapewnia szeroki zasieg kontroli.

« Jedli tkanka do dodatniej proby kontrolnej nie wykaze wyniku dodatniego (barwienia), wyniki
testowanych prébek nalezy uznac za nieprawidtowe.

« Zalecamy, aby zawsze uzywac systemu BOND z tkankg kontrolng na tym samym szkietku co probka
tkanki, aby zapewni¢ optymalng kontrole jakosci.

316 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5



14. Korzystanie z odczynnikéw BOND

14.3.2.2 Tkanka do ujemnej proby kontrolnej

« Zbada¢ po dodatniej prébie kontrolnej z tkankg dodatnig w celu weryfikacji swoistosci znakowania
docelowego antygenu przez przeciwciato pierwszorzedowe w IHC lub docelowego kwasu
nukleinowego przez sonde w ISH, a takze w celu wskazania swoistego barwienia tta (fatszywie
dodatniego barwienia).

« RoOzne rodzaje komorek wystepujgce w wiekszosci skrawkdw tkanek czesto oferujg miejsca kontroli
ujemnej, ale uzytkownik powinien to zweryfikowac.

« Jesli swoiste barwienie wystepuje w ujemnej tkance kontrolnej, wyniki prébek pacjenta nalezy uznac
za nieprawidtowe.

14.3.3  Ujemne odczynniki kontrolne do IHC

W celu oceny nieswoistego barwienia oraz lepszej interpretacji swoistego barwienia nalezy uzy¢ ujemnego
odczynnika kontrolnego do IHC zamiast przeciwciata pierwszorzedowego na skrawku probki kazdego
pacjenta.

« Zalecany idealny odczynnik kontrolny:

i. W przypadku przeciwciat monoklonalnych nalezy uzy¢ przeciwciata o takim samym izotypie,
jak ten wytwarzany przez supernatant z hodowli tkankowej, i produkowanego w ten sam
sposdb, co przeciwciato pierwszorzedowe, ale niereagujgcego w sposdb swoisty z tkankami
ludzkimi.

Rozcienczy¢ do tego samego stezenia immunoglobuliny lub biatka, jak w przypadku
przeciwciata pierwszorzedowego przy uzyciu identycznego rozcienczalnika (BOND Primary
Antibody Diluent).

Jesli serum ptodowe z cielat jest przechowywane w czystym przeciwciele po przetworzeniu,
mozna réwniez uzy¢ serum ptodowego z cielagt o takim samym stezeniu biatka, co

w przeciwciele pierwszorzedowym rozcienczonym w tym samym rozcienczalniku.

ii. W przypadku przeciwciat poliklonalnych nalezy uzy¢ frakcji immunoglobuliny (lub catej
surowicy, jesli jest to wiasciwe) normalnej lub nieimmunizacyjnej surowicy z tego samego
zrodta zwierzecego i o0 tym samym stezeniu biatka, co przeciwciato pierwszorzedowe, przy
uzyciu identycznego rozcienczalnika (BOND Primary Antibody Diluent).

« Sam roztwor BOND Primary Antibody Diluent moze by¢ stosowany jako mniej pozadana alternatywa
dla wczesniej opisanego ujemnego odczynnika kontrolnego.

« Okres inkubacji dla ujemnego odczynnika kontrolnego powinien odpowiadac okresowi inkubacji
przeciwciata pierwszorzedowego.

« Nalezy uzy¢ osobnego szkietka z ujemnym odczynnikiem kontrolnym dla kazdej zastosowanej
metody odstoniecia (réwniez w przypadku braku odstoniecia) dla danego przeciwciata
pierwszorzedowego.

« W przypadku stosowania paneli kilku przeciwciat w skrawkach seryjnych, obszary ujemnego wyniku
barwienia dla jednego szkietka moga stuzy¢ jako prdobki kontrolne wykazujgce ujemne/nieswoiste
wigzanie dla innych przeciwciat.

« Aby odrdznic aktywno$¢ endogenng enzymdw lub nieswoiste wigzanie enzymow od
immunoreaktywnosci swoistej, nalezy podda¢ barwieniu dodatkowe tkanki pacjenta odpowiednio
wytgcznie z udziatem kompleksu substrat-chromogen lub enzymu i kompleksu substrat-chromogen.

« System BOND zawiera domyslny ujemny odczynnik kontrolny IHC o nazwie ,*Negative”, ktéry mozna
wybrac jako marker dla dowolnego protokotu IHC. Dozuje BOND Wash (zob. 10.5.2 - Ustawienia
przypadkdw i szkietek).
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14.3.4  Odczynniki kontrolne do ISH

14.3.4.1 Dodatnie odczynniki kontrolne

Do hybrydyzacji in situ uzy¢ dodatniej sondy kontrolne;.
« Uzy¢ zamiast sondy ze skrawkiem probki pacjenta, aby uzyskac informacje na temat zachowania
kwasow nukleinowych w tkance oraz na temat dostepnosci kwasdw nukleinowych dla sondy.
« Protokét dotyczacy dodatniej sondy kontrolnej musi odpowiadac protokotowi dotyczgcemu sondy
testowej.
« Jesli sonda do dodatniej proby kontrolnej nie wykazuje wyniku dodatniego (barwienia), wyniki
testowanych prébek nalezy uznac za nieprawidtowe.

14.3.4.2 Ujemne odczynniki kontrolne

Do hybrydyzacji in situ uzy¢ ujemnej sondy kontrolnej.

« Protokét dotyczacy ujemnej sondy kontrolnej musi odpowiadac protokotowi dotyczgcemu sondy
testowej.

« Uzy¢ zamiast sondy ze skrawkiem prébki pacjenta w celu oceny nieswoistego barwienia oraz lepszej
interpretacji swoistego barwienia.

« Okres inkubacji dla ujemnego odczynnika kontrolnego powinien odpowiadac okresowi inkubacji
sondy.

« Nalezy uzy¢ osobnego szkietka z ujemnym odczynnikiem kontrolnym dla kazdej zastosowanej
metody odstoniecia (réwniez w przypadku braku odstoniecia) dla danej sondy.

« Aby odrdznic¢ aktywno$¢ endogenng enzymdw lub nieswoiste wigzanie enzymoéw od
immunoreaktywnosci swoistej, nalezy poddac barwieniu dodatkowe tkanki pacjenta odpowiednio
wylacznie z udziatem kompleksu substrat-chromogen lub enzymu i kompleksu substrat-chromogen.
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14.3.5  Zalety kontroli jakosci

Zalety kontroli jakosci przedstawiono w tabeli ponizej.

Tkanka: Swoiste Dodatni odczynnik Ujemny
przeciwciato/sonda | kontrolny orazte same | odczynnik

Utrwalona . . .

. z odczynnikami odczynniki systemu kontrolny [ISH]

i przetworzona, tak . o . .

) X ! systemu detekdji detekdcji, jak w przypadku | lub nieswoiste

jak probka pacjenta . L
swoistego przeciwciato lub
przeciwciata/sondy bufor [IHC] oraz

te same odczynniki
systemu detekgji,

jak w przypadku

swoistego

przeciwciata/sondy
Tkanka do Kontrolowanie Wykrywanie
dodatniej proby wszystkich etapéw nieswoistego
kontrolnej: analizy. barwienia tta

Weryfikacja
odczynnika i procedur
uzywanych do
barwienia.

Tkanka lub komorki
zawierajgce
docelowa
sekwencje
antygenu/kwasu
nukleinowego,
ktéra ma byc¢
wykryta (moze
znajdowac sie

w tkance pacjenta).
Idealna probka
kontrolna to tkanka
o stabej
intensywnosci
barwienia, ktdra
jest najbardziej
wrazliwa na
degradacje
przeciwciata/kwasu
nukleinowego.
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Tkanka:

Utrwalona
i przetworzona, tak
jak prébka pacjenta

Swoiste
przeciwcialo/sonda
z odczynnikami
systemu detekcji

Dodatni odczynnik
kontrolny oraz te same
odczynniki systemu
detekgji, jak w przypadku
swoistego
przeciwciata/sondy

Ujemny
odczynnik
kontrolny [ISH]
lub nieswoiste
przeciwciato lub
bufor [IHC] oraz
te same odczynniki
systemu detekdji,

jak w przypadku

swoistego

przeciwciata/sondy
Tkanka do Wykrywanie Wykrywanie
ujemnej proby niezamierzonej nieswoistego
kontrolnej: reaktywnosci barwienia tta

Tkanki lub komérki,
ktére powinny dac¢
wynik ujemny
(moga znajdowac
sie w tkance
pacjenta lub tkance
dodatniej)

krzyzowej przeciwciat
wobec
komorek/sktadnikow
komorek [IHC]

Wykrywanie
niezamierzonej
hybrydyzadiji
krzyzowej sondy
wobec innych
sekwencji kwasu
nukleinowego lub
komorek/sktadnikow
komorek [ISH]

Tkanka pacjenta

Wykrywanie swoistego
barwienia

Ocena zachowania
kwasu
nukleinowego/utrwaleni
a tkanki i/lub odstoniecia
[ISH]

Wykrywanie
nieswoistego
barwienia tta
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14.4 Interpretacja barwienia

Wykwalifikowany patolog, ktéry ma do$wiadczenie w procedurach immunohistochemicznych i/lub
hybrydyzacji in situ, musi oceni¢ probki kontrolne i przeprowadzi¢ kwalifikacje zabarwionego produktu przed
dokonaniem interpretacji wynikéw.

Swoistos¢ i czuto$¢ wykrywania antygenow zalezg od wykorzystywanego przeciwciata pierwszorzedowego.
Aby zapewnic pozadane barwienie, nalezy zoptymalizowac¢ poszczegdlne przeciwciata w systemie BOND,
okreslajgc odpowiedni czas inkubagji i/lub okreslone stezenie przeciwciat. Niezoptymalizowanie danego
przeciwciata moze skutkowac nieoptymalng detekcjg antygenu.

Zob.

« 14.4.1 - Tkanka do dodatniej proby kontrolnej
o 14.4.2 - Tkanka do ujemnej proby kontrolnej
« 14.4.3 - Tkanka pacjenta

14.4.1 Tkanka do dodatniej proby kontrolnej

Zbadac tkanke do dodatniej proby kontrolnej na poczatku, aby upewnic sie, ze wszystkie odczynniki dziatajg
prawidtowo.

W przypadku stosowania systemdw opartych na DAB obecnos$¢ bragzowego produktu reakcji z komérkami
docelowymi (tetrachlorku 3,3-diaminobenzydyny, DAB) oznacza reaktywnos$¢ (wynik dodatni). W przypadku
korzystania z systeméw BOND Polymer Red Detection obecno$¢ czerwonego produktu reakcji z komdrkami
docelowymi oznacza reaktywnos$¢ (wynik dodatni). Jesli tkanki do dodatniej proby kontrolnej nie wykazujg
wyniku dodatniego (barwienia), wyniki testowanych prébek nalezy uznac za nieprawidtowe.

14.4.2 Tkanka do ujemnej préby kontrolnej

Przeprowadzi¢ ujemng probe kontrolng z tkankg ujemng po dodatniej prdbie kontrolnej z tkankg dodatnig
w celu weryfikacji swoistosci znakowania docelowego antygenu/kwasu nukleinowego przez przeciwciato
pierwszorzedowe/sonde.

Brak swoistego barwienia w ujemnej tkance kontrolnej potwierdza brak reakcji krzyzowej
przeciwciata/sondy z komorkami/sktadnikami komérek.

Jesli swoiste barwienie (barwienie fatszywie dodatnie) wystepuje w ujemnej zewnetrznej tkance kontrolnej,
wyniki nalezy uznac za nieprawidtowe. Barwienie nieswoiste, jesli wystepuje, zazwyczaj jest widoczne jako

rozproszone. W skrawkach tkanek utrwalonych w zbyt duzej ilosci formaliny mozna réwniez zaobserwowac

sporadyczne zabarwienie tkanki facznej. Do interpretacji wynikow barwienia nalezy uzywac nienaruszonych
komdrek. Komorki martwicze lub zdegenerowane czesto barwig sie w sposéb nieswoisty.

14.4.3 Tkanka pacjenta

Zbadac prébki pobrane od pacjenta, ktdre zostaty zabarwione przy uzyciu przeciwciata
pierwszorzedowego/sondy jako ostatnie.

Intensywno$¢ barwienia przy wyniku dodatnim powinna by¢ oceniana w kontekscie dowolnego barwienia
nieswoistego tta ujemnego odczynnika kontrolnego. Podobnie jak w przypadku kazdego testu
immunohistochemicznego lub hybrydyzacji in situ, ujemny wynik oznacza, ze antygen/kwas nukleinowy nie
zostat wykryty, a nie Zze antygen/kwas nukleinowy nie byt obecny w badanych komérkach lub tkankach.

W razie potrzeby nalezy uzy¢ panelu przeciwciat w celu identyfikacji fatszywie ujemnych reakgji.
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14.5 0Ogolne ograniczenia

IHC

Immunohistochemia i hybrydyzacja in situ to wieloetapowe procesy diagnostyczne wymagajace
specjalistycznych szkolen w zakresie doboru odpowiednich odczynnikdw, doboru tkanek, utrwalania
i przetwarzania, przygotowania szkietek oraz interpretacji wynikow barwienia.

Barwienie tkanek zalezy od sposobu postepowania z tkankga i jej przetwarzania przed procesem
barwienia. Nieprawidtowe utrwalenie, zamrazanie, rozmrazanie, mycie, suszenie, ogrzewanie,
wycinanie skrawka lub zanieczyszczenie innymi tkankami lub ptynami moze skutkowac produkcja
artefaktéw, wychwytywaniem przeciwciat lub fatszywie ujemnymi wynikami. Niespojne wyniki moga
wynikac z roznic w metodach utrwalania i zatapiania lub z wewnetrznych nieprawidtowosci

w tkance 18,

Nadmierne lub niepetne barwienie kontrastowe moze negatywnie wptyna¢ na interpretacje wynikow.
Interpretacja kliniczna wszelkich zabarwien lub ich braku powinna by¢ uzupetniana badaniami
morfologicznymi przy uzyciu odpowiednich prébek kontrolnych. Przy ocenie, ktéra musi by¢
przeprowadzona przez wykwalifikowanego patologa, nalezy wzig¢ pod uwage historie kliniczng
pacjenta i inne testy diagnostyczne.

Tkanki od 0sdb zakazonych wirusem zapalenia watroby typu B i zawierajgce antygen powierzchniowy
tego wirusa (HbsAg) moga wykazywac niespecyficzne barwienie z udziatem peroksydazy
chrzanowej 1°.

Nieoczekiwane negatywne reakcje w stabo zréznicowanych nowotworach mogg by¢ spowodowane
utratg lub znaczgcym zmniejszeniem ekspresji antygenu, lub utratg badz mutacjg w kodowaniu
genetycznym dla tego antygenu. Nieoczekiwane barwienie pozytywne w guzach moze by¢
spowodowane ekspresjg antygenu nietypowego w morfologicznie podobnych komdrkach, lub ciggta
obecnoscig lub pozyskaniem antygenu w nowotworze, ktdry rozwija cechy morfologiczne

i immunohistochemiczne zwigzane z inng linig komdrkowg (rozbiezne zréznicowanie). Klasyfikacja
histopatologiczna guzéw nie jest nauka Scistg, a niektdre raporty dotyczace nieoczekiwanego
barwienia moga by¢ kontrowersyijne.

Odczynniki mogg wykazywac nieoczekiwane reakcje w uprzednio nieprzetestowanych tkankach. Nie
mozna catkowicie wyeliminowac¢ niespodziewanych reakcji nawet w testowanych grupach tkanek ze
wzgledu na zmienno$¢ biologiczng ekspresji antygenu/kwasu nukleinowego w nowotworach lub
innych tkankach patologicznych. W celu zgtoszenia nieoczekiwanej reakcji nalezy skontaktowac sie
z lokalnym dystrybutorem lub regionalnym biurem Leica Biosystems.

Normalne lub nieimmunizacyjne surowice z tego samego zrodta zwierzecego, co drugorzedowe
antysurowice stosowane w procedurach blokowania, mogg powodowac fatszywie ujemne lub
falszywie dodatnie wyniki ze wzgledu na autoprzeciwciata lub przeciwciata naturalne.

Fatszywie dodatnie wyniki w IHC mogg by¢ spowodowane nieimmunologicznym wigzaniem biatek lub
produktow reakgcji z substratem. Mogg one réwniez by¢ spowodowane aktywnoscig
pseudoperoksydazy (erytrocyty), endogennym dziataniem peroksydazy (cytochrom C) lub
endogenng biotyng (na przyktad watrobe, sutka, mdzg, nerki), w zaleznosci od rodzaju
immunobarwienia 1.

Fatszywie ujemne wyniki w IHC mogg by¢ spowodowane réznymi czynnikami, w tym rzeczywistym
spadkiem poziomu, utratg lub zmiang strukturalng antygenu podczas ,,dedyferencjacji” komorek
nowotworowych lub zmianami artefaktycznymi podczas utrwalania lub przetwarzania. Podobnie jak
w przypadku kazdego testu immunohistochemicznego, wynik ujemny oznacza, ze antygen nie zostat
wykryty, a nie ze antygen byt nieobecny w badanych tkankach.
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ISH

« Wyniki fatszywie dodatnie w ISH mogg by¢ spowodowane reaktywnoscig krzyzowg sondy wobec
innych sekwencji kwasdw nukleinowych, a takze niespecyficznym wigzaniem sondy lub odczynnikéw
wykrywajacych do tkanek lub sktadnikdw tkanek 18. W testach nalezy uwzgledni¢ ujemne probki
kontrolne tkanek i odczynnikéw, aby utatwic identyfikacje fatszywie dodatniego barwienia.

« DNAi RNA sg podatne na degradacje spowodowang aktywnoscig nukleazy 819, Dlatego wazne jest,
aby przeprowad?zi¢ test dodatniej sondy kontrolnej z tkankg pacjenta rownolegle z konkretng sonda
i tkankg pacjenta, aby wykry¢ degradacje kwasu nukleinowego. Wybor utrwalacza wptywa na
konserwacje kwasow nukleinowych; w tym przypadku zaleca sie utrwalanie tkanek w formalinie
buforowanej obojetnej 10% 1°. Podobnie jak w przypadku kazdego testu hybrydyzacji in situ, ujemny
wynik oznacza, ze kwas nukleinowy nie zostat wykryty, a nie ze kwas nukleinowy nie byt obecny
w tkankach.
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Strona celowo pozostawiona pusta.
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15. Zarzagdzanie systemem
(kontroler BOND )

15.1 BOND System Manager

15.1.1 Informacje ogdlne

BOND System Manager to narzedzie, ktore umozliwia tatwe przegladanie aktualnego statusu podstawowych
ustug oprogramowania uzywanych przez system BOND. Umozliwia zatrzymywanie i uruchamianie
poszczegdblnych ustug, takich jak Print Spooler lub zatrzymywanie i uruchamianie wszystkich ustug.

Nie nalezy zatrzymywac zadnych ustug, poniewaz system BOND nie bedzie juz
woéwczas dziatac prawidtowo.

Jednakze dziat obstugi klienta moze poprosic¢ o zatrzymanie, a nastepnie ponowne
uruchomienie jednej lub kilku ustug w ramach procesu rozwigzywania probleméw
systemowych.

Aby otworzy¢ narzedzie BOND System Manager, nalezy zlokalizowa¢ ikone BOND System Manager Lo
w obszarze powiadomien systemu Windows, a nastepnie klikng¢ ikone.

| P A O 03: 45
N & F ORI IR
6 Ikona moze by¢ ukryta; jesli tak jest, nalezy klikng¢ matg strzatke w gore, aby jg wyswietlic.

W przypadku pojawienia sie btedu systemu BOND, wyswietlony zostanie komunikat z powiadomieniem. Aby
ukry¢ komunikat, nalezy na niego klikng¢.

Aby ukry¢ okno BOND System Manager, ponownie klikngc¢ ikone w obszarze powiadomien systemu
Windows.
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15.1.2  Okno BOND System Manager

+ BOND System Manager

Leica BOMD Instrument Conbrod

Lenca BOMD Eatch Management g 3
Lesca DHCP Sarver 1 "y
Lesca BOMD Print Management Trest o
Lesca BOND Heartheat Service o

Leia BOMD Password Management t "
Lesca BOMD LIS Serace t 4
Print Spodler "
PostgreSQL - PostpreSQL Server Irest o

PostgreS0L Agent - BOMD "

World Wide Web Pubkshing Senede | o

B statan [ Stop AN

.y BrAlam
EN||& 1 [ | i &

Posta¢ 15-1: Okno BOND System Manager

0 W przypadku btedu systemu BOND ikona BOND System Manager £ wskazuje typ btedu:

« £ zatrzymanie jednej lub wiecej ustug (" pojawia sie réwniez w lewym gérnym rogu ekranu
BOND System Manager)

« 45 nie mozna potaczy¢ sie z systemem BOND (9 pojawia sie réwniez w lewym gérnym rogu
ekranu BOND System Manager)

W przypadku instalacji BOND-ADVANCE oznacza to najprawdopodobniej, ze:

i. Kontroler zostat wytaczony lub
ii. Siecterminala zostata odtgczona; lub
iii. Wylgcznik sieciowy terminala zostat wytgczony.

« £ BOND System Manager jest niedostepny ( 9 pojawia sie réwniez w lewym gérnym rogu
ekranu BOND System Manager)
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15.1.3  Zatrzymywanie ustug

Aby zatrzymaé dang ustuge, klikng¢ czerwony przycisk zatrzymywania z prawej strony nazwy ustugi. Mozna
rowniez zatrzymac wszystkie ustugi, klikajgc przycisk Stop All (zatrzymaj wszystkie) ponizej listy ustug.

Pojawi sie okno dialogowe z prosbg o potwierdzenie checi zatrzymania ustug. Klikng¢ Yes (tak), aby
kontynuowac lub No (nie), aby anulowac.

x4

Stepping serdoes sl prevest BOND from sperating correcthy
[ wisu wah S0 conbriue?

Postac 15-2: Okno dialogowe z prosbg o potwierdzenie

Niektore ustugi nie mogg zostac zatrzymane (PostgresSQL — PostgresSQL Server i World Wide Web
Publishing Service), poniewaz BOND System Manager potrzebuje ich do prawidtowego dziatania. Przyciski
zatrzymywania przy tych ustugach sg nieaktywne.

15.1.4  Uruchamianie ustug

W wiekszosci przypadkéw, gdy ustuga zostanie zatrzymana, oprogramowanie BOND automatycznie
uruchomi te ustuge ponownie w ciggu kilku minut.

Jesli system BOND nie dziata zgodnie z oczekiwaniami i okaze sie, Zze nastapito zatrzymanie jednej lub kilku
ustug, mozna uzyc¢ narzedzia BOND System Manager, aby uruchomic zatrzymane ustugi.

Aby uruchomi¢ dang ustuge, klikngc zielony przycisk uruchamiania z prawej strony nazwy ustugi. Mozna
rowniez uruchomic wszystkie ustugi, klikajac przycisk Start All (uruchom wszystkie) ponizej listy ustug.

BOND System Manager

Leica BOMD Instrumient Conbro

Leaca BOMD Batch Management t o
Lesca DHCP Server

Leica BOND Print Management Irest o
Lesca BOMD Heartheat Service o

Lesca BOND Password Management
Lesca BOMD LIS Serace t W
Print Spcslér n-

PostgreS0L - PostQreS0L Server

PostgreSQL Agent - BOMD o

World Wide Web Pubkshing Senice | o

B statan [ Stop an

: o BiZ1AM
EN||l=® Lk |
L0 g ™

Posta¢ 15-3: BOND System Manager z tréjkatem ostrzegawczym (zatrzymanie ustugi Print Spooler)
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15.2 Redundancja dysku twardego

Wszystkie kontrolery i terminale BOND zapewniajg redundancje dysku twardego w celu ochrony systemu
BOND w przypadku awarii dysku twardego. Ten system zabezpieczen stale monitoruje dyski twarde
systemu, a ikona w obszarze powiadomien systemu Windows pokazuje ich aktualny status.

Ikona Znaczenie

M Normalna — dyski twarde dziatajg prawidtowo.

Ostrzezenie — wystapit problem z dyskami twardymi systemu. Skontaktowac
sie z dziatem obstugi klienta.

\)
x Btad — wystgpita awaria dysku twardego. Skontaktowac sie z dziatem obstugi
klienta.

H Zajety — taka ikona moze pojawic sie w przypadku trwajgcej weryfikacji
;E dyskow twardych, na przyktad po nieoczekiwanym wytgczeniu. Kontroler lub
terminal mogg dziata¢ powoli podczas weryfikacji; zazwyczaj trwa to od 2 do
3 godzin. W tym czasie system BOND moze by¢ nieuzyteczny.

Po weryfikacji ikona powinna powrdci¢ do stanu normalnego i normalne
dziatanie dyskow twardych zostanie wznowione. Jesli jednak ikona wskazuje
status ostrzezenia lub btedu, nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.

N Ustuga nie jest uruchomiona — ustuga oprogramowania stuzaca do
monitorowania zabezpieczenia dysku twardego nie jest uruchomiona. Ikona ta
pokazuje ten status na poczatku po uruchomieniu kontrolera lub terminala.
Jesli ikona nie wskaze stanu normalnego po uptywie kilku minut, skontaktowac
sie z dziatem obstugi klienta.
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16. Dziatanie BOND-ADVANCE

16.1 Ponowne uruchamianie systemu BOND-ADVANCE

6 Procedure te nalezy wykonac tylko wtedy, gdy:

« Leica Biosystemsdziat obstugi klienta zalecit takie dziatanie lub
« trwaja przygotowania do planowanej przerwy w dostawie pradu.

Aby ponownie uruchomic caty system BOND, nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1.

w

5.

Upewnic sie, ze wszystkie urzgdzenia sg w stanie bezczynnosci (tj. nie sg zablokowane zadne tace na
szkietka).

Whytgczy¢ zasilanie wszystkich modutéw przetwarzania.

Wytaczy¢ zasilanie wszystkich terminali (klikng¢ Start > Shut down (zamknij)).

Wytgczy¢ dodatkowy kontroler (jesli jest dostepny), naciskajac krétko przycisk zasilania (zob.
przyktad ponizej).

Wylgczy¢ gtdwny kontroler, naciskajgc krotko przycisk zasilania (zob. Postac 16-1).

Przycisk zasilania moze znajdowac sie za zdejmowang ostong przednig kontrolera, ktéra moze byc
zablokowana. W takim przypadku nalezy najpierw uzyskac klucz od upowaznionej osoby.

Podczas zamykania nalezy obserwowac pulpit, poniewaz moze by¢ konieczne ponowne nacisniecie
przycisku zasilania, jesli proces zamykania zatrzyma sie na ekranie logowania do systemu Windows.
Jesli tak sie stanie, odczekac co najmniej 90 sekund, a nastepnie krétko nacisngé ponownie przycisk
zasilania.

Po ponownym nacisnieciu przycisku zasilania kontroler zacznie proces zamykania. Nie nalezy
przytrzymywac przycisku przez dtuzej niz 2 sekundy, poniewaz moze to spowodowac ,,twardy” reset

i natychmiastowe wytgczenie kontrolera. Wytgczenie kontrolera moze potrwac do 45 sekund (kontrolka
zasilania wytacza sie).

6.

7.
8.
9.

Odczekac 2 minuty, a nastepnie wigczy¢ gtéwny kontroler.
Jesli pojawi sie okno ,,Shutdown event tracker” (Sledzenie zdarzen zamkniecia systemu), zamknac je,
naciskajgc Cancel (anuluj) lub przycisk <Esc>.

Odczeka¢ 30 sekund, a nastepnie wtgczy¢ dodatkowy kontroler (jesli jest dostepny).
Po catkowitym ponownym uruchomieniu kontroleréw nalezy wiaczy¢ wszystkie terminale.
Wiaczy¢ wszystkie moduty przetwarzania.

10.Zalogowac sie do kazdego terminala.
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Postac¢ 16-1: Potozenie przycisku zasilania na panelu przednim kontrolera (przy zdjetej ostonie)

Nr Nazwa

1 Przycisk zasilania

16.2  Przetaczanie na kontroler dodatkowy

ﬁ Instrukcje te dotycza wytgcznie systemow BOND-ADVANCE wyposazonych w kontroler dodatkowy
(zapasowy). Procedure te nalezy wykona¢ tylko wtedy, gdy:

« Leica Biosystemsdziat obstugi klienta zalecit takie dziatanie lub
« gtéwny kontroler nie dziata.

Dodatkowy kontroler bedzie dziata¢ w trybie autonomicznym, a system nie bedzie juz posiadat mozliwosci
wykonywania kopii zapasowej. Jednakze po zakoriczeniu tej procedury system BOND bedzie kontynuowac
przetwarzanie w normalnym trybie.

6 Podczas procesu przetgczania dane z ostatnich 5 minut przetwarzania moga zostac utracone. Wszystkie
komunikaty LIS wystane podczas procesu przetgczania mogq rowniez zostac utracone. Dlatego tez po
pomysinym zakonczeniu przetgczania nalezy sprawdzic, czy nie brakuje szkietek. Jesli brakuje, nalezy
ponownie przesta¢ dane szkietek za pomocg systemu LIS lub recznie utworzy¢ brakujgce szkietka w BOND.

332 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5



16. Dziatanie BOND-ADVANCE

1. Zamkna¢ wszystkie instancje klientéw klinicznych i administracyjnych na wszystkich terminalach
BOND-ADVANCE.

2. Odlaczy¢ kabel sieciowy terminala od portu oznaczonego T1 lub T2 na gtéwnym kontrolerze,
a nastepnie ponownie podiaczy¢ kabel do tego samego portu na kontrolerze dodatkowym.

Zob. Figure 16-2.

Figure 16-2: Porty terminala na kontrolerze

3. Odtaczy¢ kabel sieciowy urzadzenia od portu oznaczonego I1 lub I2 na gtéwnym kontrolerze,
a nastepnie ponownie podigczy¢ kabel do tego samego portu na kontrolerze dodatkowym.

Zob. Figure 16-3.
|

Figure 16-3: Porty urzadzenia na kontrolerze
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4. QOdtaczyc kabel sieciowy mostka (bridge) od portu B1 lub B2 na gtéwnym kontrolerze.
Zob. Figure 16-4.

Figure 16-4: Porty mostka na kontrolerze

System BOND-ADVANCE wykrywa podtaczenie kabli sieciowych do dodatkowego kontrolera
i wySwietla okno dialogowe z prosba o potwierdzenie na wszystkich terminalach. Zob. Figure 16-5.

Secondary (backup) contraller is connected

The system has detected that the BOND- A0YANCE Termmals are
nowy conmected to the secondary [hadeup] contraler.

If thiere s @ problems with the primary contrader and you would ke
to conbevwe oparation usng your secandary conkroller 35 a
standslong contraller, than enter your usemame and password and
didk 0K to continue. This operation s mot rewersibie wikhout onste
support fromm 2 Leica representative,

If you do conbinue, comtact oUstomer SUPDOTT to amsnge sendce of
vour dsconnected controdler. Tt is necessary for a Leica serice
respresenfabie o repain or replace the deoonnected canlroller,

Usermame: |testusar

Passwiard: | SR ERAREREAE

-
Figure 16-5: Okno dialogowe — podfaczono kontroler dodatkowy (zapasowy)
0 Przetgczenia nie mozna cofngé bez pomocy przedstawiciela Leica Biosystems na miejscu.

5. Aby potwierdzi¢ che¢ kontynuowania pracy po przetaczeniu:

i. Wprowadzi¢ swojg nazwe uzytkownika i hasto w podanych polach.
ii. Klikng¢ OK, aby potwierdzic.

0 Jesli wezesniej inny uzytkownik zdecyduje sie kontynuowac prace po przetgczeniu, powyzsze okno
dialogowe zniknie.
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6. Po potwierdzeniu przetgczenia nalezy wytgczy¢ gtéwny kontroler.

7. Poczekaé, az system poinformuje, ze przetaczenie na tryb autonomiczny powiodto sie (zob. Figure

16-6), a nastepnie ponownie uruchomic klienta klinicznego i zalogowac sie do systemu w zwykty
Sposob.

Conversion to standalone succeeded

If vou have not aiready done 50, conmect the instrement network cable to port 11 or 12 on the
secondary (now standalong) controller.

ou should immediately perform a manual database backup,

Figure 16-6: Okno dialogowe — przefaczanie na tryb autonomiczny powiodto sie

8. Natychmiast otworzy¢ klienta administracyjnego i wykonaé reczng kopie zapasowg bazy danych. Zob.
10.5.1 - Ustawienia laboratorium.
Po zakonczeniu przetgczania na kontroler dodatkowy status wszystkich szkietek i urzadzen powinien
zosta¢ automatycznie zaktualizowany, aby odzwierciedlat ostatni stan systemu. Jesli jednak
jakiekolwiek przebiegi zakonczyty sie w czasie, gdy urzadzenia byty odtgczone od kontrolera, status
przebiegdw bedzie nadal wyswietlany jako In Progress (w toku). W takim przypadku nalezy
odblokowac odpowiednig tace na szkietka, aby zaktualizowac status zespotu barwienia szkietek.

0 Skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta, aby zleci¢ serwis odtgczonego kontrolera. Konieczna jest
naprawa lub wymiana odfgczonego kontrolera przez serwisanta Leica Biosystems.

Instrukcja obstugi BOND 6.0 (NIE w USA i Chinach) wer. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 335



16. Dziatanie BOND-ADVANCE

Strona celowo pozostawiona pusta.
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17. Wymiana drukarki etykiet

do szkietek

17.1  Wymiana drukarki Cognitive Cxi w systemie

jednostanowiskowym

Aby wymieni¢ drukarke Cognitive na nowg drukarke Cognitive, nalezy wykonac ponizsze czynnosci.

H N

9.

Ustawic¢ wytgcznik zasilania z boku starej drukarki w pozycji wytaczenia.

Odfaczyc¢ kabel USB i kabel zasilajgcy od tylnej czesci starej drukarki.

Podtaczy¢ kabel USB i kabel zasilajacy do nowej drukarki.

Ustawi¢ wytgcznik zasilania z boku nowej drukarki w pozycji wigczenia.

Na ekranie kontrolera BOND wyswietli sie komunikat w obszarze powiadomien (po prawej stronie na
dole) na pulpicie, na ktérym znaleziono drukarke.

Przejs¢ do: Przycisk Start systemu Windows > Devices and Printers (urzadzenia i drukarki)

i znalez¢ nowo dodang drukarke.

Klikng¢ prawym przyciskiem myszy te drukarke i wybra¢ Properties (wiasciwosci), a nastepnie
skopiowac nazwe drukarki.

Otworzy¢ klienta administracyjnego, ekran Hardware configuration (konfiguracja urzadzenia),
karta Slide labelers (drukarki etykiet do szkietek) w sposob opisany w czesci 10.6.3 - Slide Labelers
(drukarki etykiet do szkietek). Wybra¢ starg drukarke, ktdra zostata wymieniona.

Wklei¢ (nadpisujac istniejgcg nazwe) do pola Printer name (nazwa drukarki) w celu uzyskania
nazwy, na przyktad , Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT (Copy 1)".

Klikng¢ Save (zapisz).

10. Wydrukowac etykiete testowa, aby potwierdzi¢ dziatanie drukarki.
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17.2  Wymiana drukarki Cognitive Cxi w systemie
BOND-ADVANCE

Przed podtgczeniem nowej drukarki do systemu BOND-ADVANCE nalezy ustawic statyczny adres IP nowej
drukarki na te sama wartos¢ co w przypadku poprzedniej drukarki.

Adresy IP drukarek rozpoczynajg sie od 192.168.5.101. Tylko ostatnia cyfra jest inna dla kazdej drukarki. Na
przyktad adres IP drukarki 2 to 192.168.5.102.

Ponizszej podano instrukcje wyjasniajace, jak znalez¢ statyczny adres IP poprzedniej drukarki i jak ustawic
te wartos¢ w nowej drukarce.

Panel przedni drukarki Cognitive

Posta¢ 17-1 przedstawia klawiature i wy$wietlacz LCD drukarki Cognitive Cxi.

[ EGG-NITIVE%

0 i
1]

Postac 17-1: Wyswietlacz LCD i klawiatura drukarki Cognitive

Odczytywanie adresu IP poprzedniej drukarki

Aby odczytac adres IP, ktory ma by¢ ustawiony na nowej drukarce, nalezy wykonac ponizsze czynnosci:

Jesli z jakiegos powodu nie mozna uzy¢ wyswietlacza na starej drukarce, nalezy postepowac zgodnie
z instrukcjami podanymi w czesci - Znajdowanie adresu IP drukarki, aby znalez¢ adres IP na kontrolerze.

1. Nacisng¢ .
Wyswietlony zostanie ekran Main Menu: (menu giéwne) Language Menu (menu jezykowe).

2. Nacisnac -, aby wyswietli¢ opcje Printer Setup (konfiguracja drukarki).

3. Nacisnac , aby wyswietli¢ Printer Setup (konfiguracja drukarki) Comm. Menu (menu
kom.).

2. Nacisnac , aby wyswietlic Comm. Menu: (menu kom.) Timeout (przekroczenie czasu).
4. Nacisng¢ dwukrotnie -, aby wyswietli¢ Ethernet.

5. Nacisngc .
Na ekranie wyswietli sie Ethernet - DHCP
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6. Nacisngc .
Na ekranie wyswietli sie DHCP Off (DHCP wyt.). (Jesli wyswietla sie DHCP On (DHCP wt.), nacisng¢
, aby zmieni¢ wartosc¢.)

7. Nacisng¢ .
Na ekranie pojawi sie komunikat: Value has been set (warto$¢ zostata ustawiona).
8. Nacisngc -, aby wyswietli¢ Set Static IP (ustaw statyczny IP).

9. Nacisngc , aby wyswietli¢ biezgce ustawienie.
10. Zanotowac statyczny adres IP.
11. Wytaczy¢ drukarke i odtgczyc jg od zasilania i sieci.

Ustawianie adresu IP drukarki

Aby ustawi¢ prawidtowy statyczny adres IP nowej drukarki, nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci.

Nie podfaczac nowej drukarki do sieci BOND do czasu wykonania ponizszej
procedury.

1. Podfaczyé nowg drukarke do zasilania i ustawi¢ wytacznik zasilania z boku drukarki w pozycji
wigczenia.

2. Nacisngc .
Wyswietlony zostanie ekran Main Menu: (menu giéwne) Language Menu (menu jezykowe).
3. Nacisnag¢ -, aby wyswietli¢ opcje Printer Setup (konfiguracja drukarki).

4. Nacisnac , aby wyswietli¢ Printer Setup (konfiguracja drukarki) Comm. Menu (menu
kom.).
5. Nacisnac , aby wyswietlic Comm. Menu: (menu kom.) Timeout (przekroczenie czasu).
6. Nacisng¢ dwukrotnie -, aby wyswietli¢ Ethernet.
7. Nacisngc .
Na ekranie wyswietli sie Ethernet - DHCP

8. Nacisnac .
Na ekranie wyswietli sie DHCP Off (DHCP wyt.). (Jesli wyswietla sie DHCP On (DHCP wt.), nacisngé
, aby zmieni¢ wartos¢.)

9. Nacisngc .
Na ekranie pojawi sie komunikat: Value has been set (wartos¢ zostata ustawiona).
10. Nacisng¢ -, aby wyswietli¢ Set Static IP (ustaw statyczny IP).

11. Nacisng¢ , aby wyswietli¢ biezace ustawienie.
12. Wprowadzi¢ zanotowany adres IP poprzedniej drukarki. Za pomoca przyciskow w lewo i w prawo
przesuwac kursor i zmieni¢ warto$¢, uzywajac przyciskow w gore i w dot.
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13. Nacisng¢ .
Na ekranie pojawi sie komunikat: Value has been set (wartos¢ zostata ustawiona).

14.Nacisng¢ . kilka razy, aby wrdci¢ do gtéwnego ekranu -- COGNITIVE--.

15. Ustawi¢ wytacznik zasilania z boku drukarki w pozycji OFF (wyt.). Nastepnie przetaczy¢ go
z powrotem do pozycji ON (wt.).
16. Podfaczy¢ kabel Ethernet do nowej drukarki, aby podtaczy¢ jg do sieci BOND.

=
i\ | f‘

Figure 17-2: Ziacze Ethernet
17.Otworzy¢ klienta administracyjnego i wydrukowac etykiete testowa.
Znajdowanie adresu IP drukarki
Jesli nie jest mozliwe odczytanie adresu IP na poprzedniej drukarce, wykonac ponizsze czynnosci, aby
okresli¢ adres IP dla nowej drukarki.
1. Zalogowac sie do kontrolera BOND-ADVANCE jako BONDDashboard.

2. Nacisngc przycisk z logo Windows :'. + M, aby zminimalizowac ekran pulpitu.

3. Na pasku zadan systemu Windows klikna¢ przycisk Start i wybra¢ Devices and Printers
(urzadzenia i drukarki).

4. Klikng¢ prawym przyciskiem myszy odpowiednig ikone drukarki Cognitive i wybrac Printer
Properties (wtasciwosci drukarki) w menu podrecznym, jak pokazano na Figure 17-3.

= Printers and Fawes (2]

See what's printing
W Set as default printer
Prnting preferences

Prinler properties

Create shortout

Remove device

Properties

Figure 17-3: Wybieranie wiasciwosci drukarki

System wyswietli okno dialogowe Properties (wasciwosci).
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17. Wymiana drukarki etykiet do szkietek

17.3  Wymiana drukarki Zebra Printer na drukarke
Cognitive Cxi w systemie jednostanowiskowym

Aby wymieni¢ drukarke Zebra TLP 3842 lub GX430t na drukarke Cognitive Cxi, nalezy wykonac ponizsze
czynnosci.

Jesli drukarka Zebra zostata podtgczona przez kabel ,rownolegty”, mozna jg odtaczy¢ od kontrolera BOND.
Aby podtgczy¢ drukarke Cognitive do kontrolera BOND, potrzebny jest kabel USB.

Ustawic wytacznik zasilania z tytu drukarki Zebra w pozycji wytgczenia.

Odtaczy¢ kabel rownolegty lub kabel USB i kabel zasilajacy od tylnej czesci drukarki.

Odtaczy¢ zasilacz drukarki Zebra od zasilania sieciowego.

Podtaczy¢ zasilacz drukarki Cognitive do zasilania sieciowego.

Podtgczy¢ kabel USB i kabel zasilajgcy do drukarki Cognitive.

Ustawi¢ wytacznik zasilania z boku drukarki w pozycji wigczenia.

Na ekranie kontrolera BOND wyswietli sie komunikat w obszarze powiadomien (po prawej stronie na
dole) na pulpicie, na ktérym znaleziono drukarke.

ok wWNE

7. Na pasku zadan systemu Windows klikng¢ przycisk Start i wybra¢ Devices and Printers
(urzadzenia i drukarki).

8. Sprawdzi¢, czy drukarka jest wyswietlana jako ,,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT".

9. Zalogowac sie do klienta administracyjnego BOND.

10. Przej$¢ do ekranu Hardware (urzadzenie), karta Slide labelers (drukarki etykiet do szkietek).

11.Klikng¢ Add printer (dodaj drukarke) (dolny lewy rég ekranu).

12.W panelu po prawej stronie ekranu wprowadzic:

. Display name (nazwa wyswietlana): wpisa¢ nazwe drukarki: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
« Printer name (nazwa drukarki): wpisa¢ ponownie te sama nazwe

« Host name (nazwa hosta): pozostawic to pole puste.

« Printer type (typ drukarki): wybra¢ model drukarki: Cognitive Cxi

13.Klikng¢ Save (zapisz).

14.Klikng¢ prawym przyciskiem myszy drukarke Zebra na liscie.

15.Wybra¢ Delete (usun) z opcji w menu podrecznym.

16. System wyswietli komunikat: ,,Are you sure you want to delete the printer? (czy na pewno chcesz
usuna¢ drukarke?)”

17.Kliknac Yes (tak).
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Strona celowo pozostawiona pusta.
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18. Specyfikacje

« 18.1 - System
« 18.2 - Dane fizyczne

« 18.3 - Wymagania dotyczace zasilania elektrycznego i UPS
« 18.4 - Dane Srodowiskowe

« 18.5 - Dane dotyczace pracy

« 18.6 - Szkietka mikroskopowe

« 18.7 - Transport i przechowywanie

18.1 System

Wymagania dotyczace potgczenia Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T
sieciowego

Kable sieciowe Kable ekranowane CAT5e lub CAT6 ze ztgczami RJ-45
Wymagania dotyczace przetgcznika Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Ethernet:

8-portowy przetacznik Ethernet
Konfiguracja jednostanowiskowa (obstuguje do 5 modutéw przetwarzania)

8- lub 16-portowe przetaczniki Ethernet (mogg zostaé
BOND-ADVANCE pofaczone ze sobg w celu obstugi do 30 modutow
przetwarzania)

Specyfikacje urzadzenia KKontrolery i terminale BOND muszg by¢ dostarczone przez
Leica Biosystems.

18.2 Dane fizyczne

BOND-III BOND-MAX
Wymiary Szer.—790 mm Szer.—760 mm

Wys. — 1378 mm Wys. =703 mm

Gt. —806 mm Gt =775 mm
Masa (na sucho) 238 kg 120 kg
Wymagania dotyczace odstepdw 600 mm nad urzadzeniem

0 mm z lewej strony

150 mm z prawej strony

0 mm z tytu urzadzenia, jednakze nalezy zapewni¢ mozliwos¢
odtagczenia przewodu zasilajgcego bez przemieszczania
modutu przetwarzania.

Maksymalna odlegtos¢ do zewnetrznego | ~ 1 metr
zbiorczego pojemnika na odpady (tylko
BOND-MAX)
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18.3

Wymagania dotyczgce zasilania elektrycznego i UPS

BOND-III

BOND-MAX

Napiecie robocze

(dla urzadzen wyposazonych w zasilacze
starszego typu, z jednym wentylatorem
w ostonie tylnej)

103.4 V do 127.2 V (dla napiecia znamionowego 110 V do

120 V)
lub

206.8 V do 254 V (dla napiecia znamionowego 220 V do

240 V)

Napiecie robocze
(dla urzadzen wyposazonych w zasilacze
nowszego typu, z dwoma wentylatorami
w ostonie tylnej)

90 V do 264 V (dla napiecia znamionowego 100 V do 240 V)

Czestotliwosc sieci przesytowej 50/60 Hz 50/60 Hz
Pobor mocy 1200 VA 1000 VA
18.4 Dane srodowiskowe

BOND-III BOND-MAX
Maksymalna temperatura robocza 35°C 35°C
Minimalna temperatura robocza 5°C 5°C
Temperatura konieczna do spetnienia 18-26°C 18-26°C
wymagan dotyczgcych barwienia
Wilgotnosc¢ robocza (niekondensujaca) 30 do 80% RH 30 do 80% RH

Maksymalna wysoko$¢ robocza

0 do 1600 m nad poziomem
morza

0 do 1600 m nad poziomem
morza

Wyjéciowy poziom ci$nienia akustycznego
(przy 1 m)

< 85 Dba — maksymalnie
< 65 dBA — normalna praca

< 85 Dba — maksymalnie
< 65 dBA — normalna praca

Maksymalna moc wyj$ciowa ogrzewania

1200 VA

1000 VA
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18.5 Dane dotyczace pracy

BOND-III BOND-MAX

Wydajnos$¢ przetwarzania szkietek 30 jednoczesnie.

Gotowe tace (10 szkietek) mozna wymieniac ciggle.

Pojemnos$¢ pojemnika na odczynniki 7 mli30ml 7 mli30ml

Objetos¢ martwa pojemnika na odczynniki | 555 pl (7 ml) i 1618 pl (30 ml)

Obijetos¢ rezerwowa pojemnika na 280 pl (7 ml) i 280 pl (30 ml)
odczynniki

Pojemnos$¢ pojemnika do miareczkowania | 6 ml 6ml
Objeto$¢ martwa pojemnika do 300 300 pl
miareczkowania

Objetos¢ rezerwowa pojemnika do 280 280
miareczkowania

Liczba pojemnikdw na odczynniki 36 36
Pojemnosc zbiorczego pojemnika na 21lub51 1llub2l
odczynniki

Pojemnos$¢ pojemnika na odpady 51 21
niebezpieczne

Pojemnos¢ pojemnika na odpady 2x51 ~
standardowe

Pojemno$c¢ zewnetrznego zbiorczego ~ 9|

pojemnika na odpady

Zgodnos¢ chemiczna Wszystkie odczynniki BOND
Roztwér alkoholu o stezeniu 70% (do czyszczenia)

Wskaznik temperatury Wartosci domysine (mogg zosta¢ zmienione przez
serwisantow):
Ciepto: 35°C, Gorgco: 80°C

Maksymalne dopuszczalne ciénienie dla 1.0 bar 2.5 bar
przylaczy gazu i cieczy
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18.6  Szkietka mikroskopowe

Wymiary Szerokos¢: 24.64-26.0 mm
Dtugosc: 74.9-76.0 mm
Grubos¢: 0.8-1.3 mm

Miejsce na etykiete Szeroko$é: 24.64-26.0 mm
Dtugos$¢: 16.9-21.0 mm
Materiat Szkto, ISO 8037/1
Obszar uzyteczny Zob. nastepujgce schematy. Objetos$¢ dozowania odnosi sie

do ustawien, ktére mozna wybra¢ podczas konfiguracji
szkietek przy uzyciu oprogramowania BOND (zob. 6.3 - Praca

z przypadkami).

100 pl 150 pl

BOND-III .

BOND-MAX . .

Postac 18-1: Obszary uzyteczne szkietek dla modutdéw przetwarzania BOND
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18.7 Transporti przechowywanie

Temperatura podczas przechowywania -20 do +55°C

Wilgotno$c¢ podczas przechowywania < 80% RH
(niekondensujaca)

Metody wysytki Mozliwos¢ transportu drogg lagdowa, powietrzng i morska.

Uwaga: powyzsze informacje dotyczg wytgcznie zapakowanych urzadzen.

Informacje dotyczace niezapakowanych urzadzen — zob. 18.4 - Dane Srodowiskowe.
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Strona celowo pozostawiona pusta.
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